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SUSS MICROTEC WELTWEIT

m Singapur, SG

m Coventry, UK m Shanghai,CN

® Lyon, FR m Hsin Chu, TW

¥ Garching, DE
W Sunnyvale, US = Sternenfels, DE
 Neuchatel, CH

= Hwaseong City, KR

m Yokohama, JP

m Hauptsitz

= Produktion

m Vertrieb
NORDAMERIKA EUROPA JAPAN SONSTIGES ASIEN
Mitarbeiter 81 Mitarbeiter 423 Mitarbeiter 24 Mitarbeiter 96

Umsatz 29,5 Mio.€ Umsatz 40,2 Mio.€ Umsatz 13,0 Mio.€ Umsatz 92,8 Mio.€



KENNZAHLEN

Veranderung
in Mio. € 20M 2010 2009 2011/2010
FORTGEFUHRTE AKTIVITATEN
Auftragseingang 143,1 189,3 96,3 -24,4%
Auftragsbestand zum 31.12. LEN 16,1 57,0 -27.9%
Umsatz gesamt 175,4 1391 103,9 26,1%
Umsatzrendite 79% 93% 0,5% -1,4 %-Punkte
Rohertrag 66,4 51,1 38,8 29,9%
Rohertragsmarge 379% 36,7% 374% +1,2%-Punkte
Herstellungskosten 109,1 88,0 65,1 239%
Forschungs- und Entwicklungskosten 12,9 (%] 4,9 89,7%
FORTGEFUHRTE AKTIVITATEN
EBITDA 24,9 20,5 76 PARYS
EBITDA-Marge 14,2% 14,7% 73% -0,5%-Punkte
EBIT 18,6 14,3 2,8 30,1%
EBIT-Marge 10,6 % 10,3% 2,7% +0,3 %-Punkte
Ergebnis nach Steuern 13,8 13,0 0,5 6,2%
Ergebnis je Aktie, unverwassert (in €) 0,72 0,71 0,03 1,4%
FORTGEFUHRTE UND NICHT
FORTGEFUHRTE AKTIVITATEN
Ergebnis nach Steuern (EX] 13,4 -4,9 EXA
Ergebnis je Aktie, unverwassert (in €) 0,72 0,73 -0,28 -1,4%
Bilanz und Cashflow
Eigenkapital 120,4 106,4 86,1 13,2%
Eigenkapitalquote 64,1% 58,6 % 63,1% +5,5%-Punkte
Eigenkapitalrentabilitat 1,5% 12,2% 0,6 % -0,7%-Punkte
Bilanzsumme 187,7 181,6 136,4 3,4%
Net Cash 42,0 34,6 18,4 21,4%
Free Cashflow® 3,5 14,1 8,9 -752%
Weitere Kennzahlen
Investitionen @ 3,4 3,0 3,1 13,3%
Investitionsquote 1,9% 2,2% 3,0% -0,3 %-Punkte
Abschreibungen 6,4 6,2 4,8 3,2%
Mitarbeiter zum 31.12.¢ 624 616 498 1,3%
Mitarbeiter zum 31.12.4 (2] 616 614 1,3%

O vor Beriicksichtigung von Wertpapiererwerben, Wertpapierverkaufen und Sondereffekten
aus Erwerb und Verkauf von Tochtergesellschaften

@ ohne Beriicksichtigung des Erwerbs HamaTech und des Grundstiicks Sternenfels
@ fortgefiihrte Aktivititen
@ fortgefiihrte und nicht fortgefiihrte Aktivitaten
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Advanced Packaging (C4NP)



2

> SUSS MICROTEC AG

Brief
an unsere Aktionare

B
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lassen Sie uns heute gemeinsam auf eines der erfolgreichs-
ten Geschiftsjahre fur SUSS MicroTec zurtickblicken. Wir
haben ein Umsatzniveau von mehr als 175 Mio. Euro und
ein EBIT von 18,6 Mio. Euro erreicht, dariiber hinaus konn-
ten wir unseren Bestand an liquiden Mitteln weiter aus-
bauen. Dies ist insbesondere bemerkenswert, da das Jahr
2011 von 6konomischen und finanzpolitischen Turbulenzen
gepragt war.

Nachdem sich die Weltwirtschaft 2010 rasant von der
Finanzkrise in 2009 erholt hatte und die Wirtschaft auch
im ersten Quartal 2011 ein starkes Wachstum erfahren hat,
verschlechterten sich die konjunkturellen Aussichten fir
die Weltwirtschaft seit dem Sommer 2011 zunehmend. Zur
Jahresmitte blickten viele Unternehmen und Haushalte
verstarkt pessimistisch in die Zukunft, was auf eine Ein-
tribung der Konjunktur hindeutete. Dieser Trend spiegelte
sich auch an den Finanzmarkten wider, die seither von gro-
Rer Kursvolatilitat gepragt sind. Viele Unternehmen muss-
ten in der zweiten Jahreshalfte deutliche Kursriickgange
hinnehmen. Dazu kommt die anhaltende Unsicherheit
tber den Ausgang der Staatsschuldenkrise in Europa. Die
Ansichten hierzu gehen auch bei den Experten weit aus-
einander, sie reichen von der Erwartung des Auseinander-
brechens der Wahrungsunion bis hin zur Erwartung einer
schnellen Losung der Probleme und einer raschen Riickkehr
auf den Wachstumspfad spatestens ab Mitte 2012. Sofern
sich der europaische Finanzsektor stabilisiert, die MalRnah-
men zur Krisenbewdltigung erste Ergebnisse zeigen und es

FRANK AVERDUNG

Vorstandsvorsitzender

DER UMSATZ DES
GESCHAFTSJAHRES
KONNTE GEGEN-
UBER DEM VORJAHR
UM RUND

26 PROZENT
GESTEIGERT
WERDEN.



gelingt, die derzeit vorherrschende Verunsicherung zu mil-
dern, erwarten deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute
eine schwache Expansion der europdischen Wirtschaft ab
dem Friihjahr 2012, wie in der Gemeinschaftsprognose vom
Herbst 2011 zu lesen ist.

Fur SUSS MicroTec war das abgelaufene Geschaftsjahr
operativ in weiten Teilen von der Umsetzung und Etablie-
rung der in den vorangegangenen zwei Jahren in Angriff
genommenen Malknahmen gepragt. Wir haben das
Konzernportfolio nicht nur optimiert, sondern es ist uns
darlber hinaus gelungen, die Komplexitat der Unterneh-
mensstruktur deutlich zu verringern. Erste Erfolge dieser
Verschlankung sind bereits im abgelaufenen Geschaftsjahr
realisiert worden. Bereiche wie Forschung und Entwicklung
sowie Einkauf und Logistik arbeiten produktiibergreifend.
Die Zusammenfiuhrung der drei Produktlinien Coater/
Developer, Wafer Bonder und Fotomasken Equipment am
Standort Sternenfels generiert bereits Effizienzen. Auch
das Thema Synergien in der Bauweise der verschiedenen
Maschinen — Stichwort Plattformstrategie — wurde weiter
vorangetrieben. Da es sich hier um teilweise weitreichende
Veranderungen in der Organisationsstruktur handelt, wird
die finale Umsetzung der verschiedenen Projekte noch bis
ins Jahr 2012 hineinreichen.

Wir haben den im Vorjahr eingeschlagenen Weg der Port-
foliobereinigung und der strategischen Weiterentwicklung
des Unternehmens durch den Verkauf der Suss MicroTec
Precision Photomask Inc. fortgefiihrt. Im ersten Quartal
2012 konnte der Bereich Lithografie durch die Akquisition
der Tamarack Scientific Co., Inc. gestarkt werden.

BRIEF AN UNSERE AKTION >> GESCHAFTSBERICHT 201

DAS GESCHAFTSJAHR IN ZAHLEN

Zum Jahresbeginn 201 hatten wir an dieser Stelle vor-
sichtig optimistisch in die Zukunft geblickt und haben in
der ersten Jahreshalfte 2011 sogar eine deutlich bessere
Geschaftssituation vorgefunden,als noch amJahresanfang
erwartet. Diese positive Grundstimmung konnte sich trotz
Natur- und Atomkatastrophe in Japan bis zum Sommer
2011 halten. Das spiegelte sich auch in den positiven Ergeb-
nissen wider, die SUSS MicroTec unterjahrig berichten
konnte. Betrachtet man nur das erste Halbjahr, so lag der
Auftragseingang fast auf dem Niveau des sehr starken Vor-
jahres. Der Umsatz des ersten Halbjahres konnte gegen-
uber dem Vorjahr um rund 42 Prozent gesteigert werden.
Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag zum
30.Juni 2011 deutlich Uber dem Wert des Vorjahres.

MICHAEL KNOPP

Finanzvorstand

3



4

> SUSS MICROTEC AG

Betrachtet man nun das gesamte Jahr 201, so muss man
feststellen,dass zumJahresende eine erhebliche Eintribung
der Konjunkturaussichten stattgefunden hat, welche sich
auch in den Auftragsbiichern von SUSS MicroTec spiegelt.
So belduft sich der Auftragseingang im Gesamtjahr 201
auf 143,17 Mio. Euro, was einen Riickgang von 24 Prozent
gegeniiber dem Vorjahr bedeutet (Vorjahr:189,3 Mio. Euro).
Der Umsatz konnte im Jahresvergleich deutlich gesteigert
werden und lag mit 175,4 Mio. Euro um rund 26 Prozent
Uber dem Wert des Vorjahres (Vorjahr: 139,1 Mio. Euro). Die-
ser starke Umsatzanstieg beruht zu einem grofRen Teil auf
den sehr hohen Auftragseingangen und dem entsprechend
hohen Auftragsbestand aus dem Jahr 2010 sowie dem star-
ken Auftragseingang des ersten Quartals 2011.

Die Rohertragsmarge konnte im abgelaufenen Gesamtjahr
gesteigert werden und lag fur die SUSS MicroTec-Gruppe
bei 37,9 Prozent (Vorjahr: 36,7 Prozent). Das EBIT lag mit
18,6 Mio. Euro erneut tiber dem Wert des Vorjahres in Hohe
von 14,3 Mio. Euro.

Das bereinigte EBIT betragt 20,0 Mio. Euro (bereinigtes EBIT
Vorjahr: 14,0 Mio. Euro) und war im Wesentlichen von fina-
len Restrukturierungskosten fir die Verlagerung der Wafer
Bonder von USA nach Deutschland in Hohe von 1,4 Mio. Euro
beeinflusst. Das Ergebnis nach Steuern (EAT) belief sich auf
13,8 Mio. Euro nach 13,0 Mio. Euro im Vorjahr. Das unverwas-
serte Ergebnis je Aktie (EPS) konnte gesteigert werden und
betrug 0,72 Euro (Vorjahr: 0,71 Euro).

Der Free Cashflow belief sich vor Berlcksichtigung von
Wertpapieren und Sondereffekten aus den getatigten
M&A-Aktivitaten zum Ende des Geschaftsjahres auf
3,5 Mio. Euro nach 14,1 Mio. Euro im Vorjahr. Damit ver-
fugte die SUSS MicroTec-Gruppe zum 31. Dezember 20m
uber liquide Mittel und verzinsliche Wertpapiere in Hohe
von 56,4 Mio. Euro. Die Net Cash-Position erhohte sich im
Vergleich zum 31. Dezember 2010 von 34,6 Mio. Euro auf
42,0 Mio. Euro zum Jahresende.

MEILENSTEINE 2011

Neben den operativen Verlagerungsaktivitditen und der
strategischen
haben wir die Grundlage unseres Wachstums und Erfolgs,
namlich die Innovationen und Produktentwicklungen,
gestarkt. So gab es im abgelaufenen Geschaftsjahr wich-
tige Produkteinfiihrungen, die unsere Position als einer der

Weiterentwicklung des Unternehmens

technologisch fiihrenden Equipment-Anbieter in den von
uns bedienten Markten bekraftigt. Zu diesen Produktinno-
vationen gehort beispielsweise das MaskTrackPro InSync,
ein neuentwickeltes System zur reibungslosen Synchro-
nisierung der Prozessschritte, von der Reinigung uber den
Transport bis hin zur Inspektion und Lagerung der Maske.

Im Dezember 2011 haben wir mit dem Bond Cluster XBS300
die neueste Generation temporarer Bonder fir die Volu-
menfertigung in den Markt eingefiihrt. Der Bond Cluster
wurde bereits an einen strategisch wichtigen Kunden aus
Asien ausgeliefert.

Auch im Jahr 201 sind wir verschiedene Kooperationen,
beispielsweise mit Forschungsinstituten bzw. Universita-
ten, zur Weiterentwicklung unseres Produkt- und Dienst-
leistungsspektrums eingegangen. An dieser Stelle sei
die Zusammenarbeit mit der Cornell University, USA, im
Bereich Nanoforschung sowie die Kooperation mit dem
Centre for NanoHealth der Universitat Swansea, Grof3bri-
tanien, genannt. Auf der Prozessseite sind wir mit Brewer
Science, USA, eine wichtige Kooperation im Hinblick auf
Wafer Bonding und Thin Wafer Handling eingegangen.

Auf der Kapitalmarktseite gibt es aus dem abgelaufenen
Geschaftsjahr Erfreuliches zu berichten. Nach fiinf Jahren
ist SUSS MicroTec im Méarz 2011 wieder in den TecDAX —den
Technologieindex der Deutschen Borse —zurlickgekehrt.



Im Nachgang zur vollstandigen Auflosung der Aktienposi-
tion von Sterling Strategic Value Investment im Dezember
2010, hat Sebastian Reppegather sein Aufsichtsratsmandat
niedergelegt. Wir freuen uns, dass mit Gerhard Pegam,
ehemals Vorstandsvorsitzender der EPCOS AG in Miinchen,
ein Kenner der Technologiebranche als Nachfolger fur Rep-
pegather in den Aufsichtsrat eingetreten ist.

AUSBLICK

Die Weltwirtschaft zeichnet derzeit ein sehr uneinheit-
liches Bild. Wahrend das Wachstum in den sogenannten
Schwellenlandern weiterhin robust ist und somit auch das
Geschaftsvolumen in Nordamerika und Westeuropa befeu-
ert, sind die Konjunkturaussichten, insbesondere fuir West-
europa und Nordamerika, eher moderat. Belastet von der
Unsicherheit, die die anhaltende Staatsschuldenkrise und
die nicht enden wollende politische Diskussion mit sich
bringt, sind die Endverbraucher eher vorsichtig in ihrem
Konsumverhalten. Diese Kaufzuriickhaltung bekam zum
Jahresende 2011 auch das produzierende Gewerbe zu spu-
ren,und es gab etliche Unternehmen, die ihre Ziele im Hin-
blick auf Auftragseingang nach unten korrigieren mussten.
Fir uns heifSt dies konkret, dass einige unserer Kunden die
Platzierung von Auftragen hinausgezogert haben, da die
Unsicherheit Uber die konjunkturelle Entwicklung 2012
weiterhin sehr hoch ist. In den ersten Monaten des Jahres
2012 hat sich die Stimmung zwar wieder etwas aufgehellt
und Unternehmen, Konsumenten und auch die Borsen
blicken wieder mit groRerer Zuversicht in die Zukunft, aber
viele Probleme, welche die Wirtschaft 2011 beschaftigt
haben, bleiben weiterhin ungelost.

BRIEF AN UNSERE AKT! >> GESCHAFTSBERICHT 201

Insgesamt rechnen wir fir das Geschaftsjahr 2012 mit
einem Umsatz von mehr als 145 Mio. Euro und einer EBIT-
Marge zwischen funf Prozent und zehn Prozent. Der freie
Cashflow kann aus heutiger Sicht einen mittleren einstelli-
gen Millionenbetrag erreichen. Entwickeln sich die von uns
adressierten Mdrkte wie erwartet und stabilisieren sich die
makrodkonomischen und politischen Rahmenbedingun-
gen, gehen wir flir 2013 von erneut steigenden Auftrags-
eingangen und Umsatzen aus.

Alles in allem blicken wir zufrieden auf ein wiederum
bewegtes Geschaftsjahr zurlick und mochten hiermit allen
Mitarbeitern fir ihre tatkraftige Unterstitzung bei der
Umsetzung der verschiedenen Projekte danken.

Garching, im Marz 2012

7
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Frank Averdung
Vorstandsvorsitzender

Michael Knopp
Finanzvorstand
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Bericht
des Aufsichtsrats

[

DER AUFSICHTSRAT MOCHTE SIE, SEHR GEEHRTE
AKTIONARINNEN UND AKTIONARE, IM NACH-
FOLGENDEN BERICHT UBER SEINE TATIGKEIT IM
GESCHAFTSJAHR 2011 INFORMIEREN.

SEHR GEEHRTE AKTIONARINNEN UND AKTIONARE,

wir haben den Vorstand im abgelaufenen Geschaftsjahr
beider Leitung des Unternehmens beraten und seine Tatig-
keit Uberwacht. Damit ist der Aufsichtsrat seinen gesetz-
lichen Verpflichtungen sowie den in Geschaftsordnung
und Satzung verankerten Aufgaben nachgekommen. In
allen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung fir
das Unternehmen war der Aufsichtsrat eingebunden. Die
strategische Ausrichtung des Unternehmens stimmte
der Vorstand mit uns ab. Der Vorstand unterrichtete uns
regelmalig schriftlich und auch mundlich, zeitnah und
umfassend Uber die Unternehmensplanung, den Gang
der Geschafte sowie die aktuelle Lage des Konzerns.
Abweichungen des Geschaftsverlaufs von der Planung
wurden uns im Einzelnen erldutert und von uns anhand
der erhaltenen Unterlagen und Informationen Uberpruft.
Bedeutende Geschaftsvorgange haben wir auf Basis der
Berichte des Vorstands ausfiihrlich erortert, und zu zustim-
mungspflichtigen Geschaften haben wir unsere Zustim-
mung erteilt. Im Geschaftsjahr 2011 fanden insgesamt
sieben ordentliche Sitzungen sowie eine auferordentliche
Sitzung des Aufsichtsrats statt. An diesen Sitzungen haben

stets alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen.

Soweit es erforderlich war, hat der Aufsichtsrat Beschliisse
im schriftlichen Verfahren gefasst.

DR. STEFAN REINECK

Aufsichtsratsvorsitzender

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand lber die Aufsichtsrats-
sitzungen hinaus mit dem Vorstand in engem Kontakt und
hat sich Uber die aktuelle Entwicklung der Geschaftslage
und die wesentlichen Geschaftsvorfalle informiert. Es gab
keine Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsrats-
mitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegentber unverziglich
offenzulegen waren und uber die die Hauptversammlung
zu informieren ware.



SITZUNGEN UND BERATUNGSSCHWERPUNKTE

Die Finanzlage, die Investitions- bzw. Desinvestionsprojekte
sowie die Geschaftsentwicklung der SUSS MicroTec AG,
ihrer Tochtergesellschaften und des Konzerns wurden
im Aufsichtsrat regelmalig erortert. Der Vorstand unter-
richtete umfassend uber die Unternehmensplanung, die
strategische Weichenstellung und die Entwicklung von
Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis. Der Aufsichts-
rat hat sich dariiber hinaus mit der Uberwachung des
Rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des
internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems
und der Unabhangigkeit des Abschlussprifers befasst. Im
Folgenden wird auf die Schwerpunkte der Aufsichtsrats-
Sitzungen eingegangen.

Die erste ordentliche Aufsichtsratssitzung fand am 9. Feb-
ruar 2011 statt. Hierbei befassten wir uns intensiv mit dem
Bericht des Vorstands zum vierten Quartal 2010 und zu den
vorlaufigen Zahlen flr das Geschaftsjahr 2010. Der vom
Vorstand vorgelegten Planung flir das Geschaftsjahr 201
wurde nach ausfihrlicher Erérterung zugestimmt. Zudem
wurden die Ziele fur die erfolgsabhangige Vergltung des
Vorstands erortert. Der Aufsichtsrat diskutierte in dieser
Sitzung auch die Vor- und Nachteile einer Umstellung auf
Namensaktien. AufRerdem legte der Aufsichtsrat Ziele hin-
sichtlich seiner Zusammensetzung fest.

An der zweiten Sitzung am 29. Marz 2011 haben Vertreter
unseres Abschlusspriifers teilgenommen. Sie informierten
den Aufsichtsrat Uber die wesentlichen Ergebnisse der
Prifung des Jahres- und des Konzernabschlusses fir das
Geschaftsjahr 2010. Wir diskutierten mit den Vertretern des
Abschlusspriifers Fragender Bilanzierung sowie die wesent-
lichen Sachverhalte des abgelaufenen Geschaftsjahres
und deren Auswirkungen auf die Vermogens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns. Des Weite-
ren erlduterte uns der Abschlusspriifer die Schwerpunkte
der Einzel- und Konzernabschlussprifung. Den Bericht
des Vorstands zum Geschaftsjahr 2010 und zur aktuellen
Geschaftslage haben wir zur Kenntnis genommen. Der
Aufsichtsrat billigte nach eingehender Priifung den vom
Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss der

BERICHT DES AUFSICH? >> GESCHAFTSBERICHT 201

SUSS MicroTec AG fur das Geschaftsjahr 2010. AuRerdem
wurde Beschluss Uber den Bericht des Aufsichtsrats fur
das abgelaufene Geschaftsjahr gefasst. Weiterhin setzte
der Aufsichtsrat die Ziele fiir die variable Vergutung des
Vorstands fest. Daruiber hinaus wurden die Tagesordnung
und die Beschlussvorschlage fir die Hauptversammlung
am 21. Juni 201 beschlossen. Der Aufsichtsrat setzte sich
in dieser Sitzung eingehend mit dem Thema TecDAX Zuge-
horigkeit auseinander und wurde zudem Uber den Status
des Umzugs der Bonder-Aktivitaten von Waterbury, USA,
nach Deutschland informiert. In dieser Sitzung haben wir
des Weiteren Uber die Verlangerung der Bestellung des
Vorstandsvorsitzenden Frank Averdung und dessen Anstel-
lungsvertrag diskutiert.

In der dritten ordentlichen Sitzung am 2. Mai 2011 hat
sich der Aufsichtsrat mit den aktuellen Zahlen zum ers-
ten Quartal 2011 und der Prognose fiir das Gesamtjahr
befasst. Ferner wurde der Aufsichtsrat tiber den aktuellen
Status des Umzugs des Bereichs Bonder informiert. Der
Aufsichtsrat hat beschlossen, die Bestellung von Frank
Averdung, dessen Amtszeit am 31.Januar 2012 ausgelaufen
ware, bis zum 31. Januar 2017 zu verlangern. Im Rahmen
dieser Aufsichtsratssitzung hat der Aufsichtsrat darlber
hinaus eine Umgestaltung von Teilaspekten des variablen
Vergitungssystems der Vorstande. Des Weiteren wurde
uber die zukiinftige Besetzung des Aufsichtsrats beraten,
nachdem Herr Reppegather sein Amt mit Wirkung zum
Ablauf der Hauptversammlung am 21. Juni 2011 niederge-
legt hatte. Der Beschluss tber den Wahlvorschlag an die
Hauptversammlung wurde am 5. Mai 2011 im Umlauf-
verfahren gefasst. Im Anschluss an diese Sitzung hat der
Aufsichtsrat seine Effizienzprifung gemaR Ziffer 5.6 des
Deutschen Corporate Governance Kodex durchgefiihrt und
dokumentiert. Dabei konnten keine Defizite festgestellt
werden. Die Uberprifung der Effizienz der Aufsichtsratsta-
tigkeit findet in regelmafRigen Abstanden durch samtliche
Mitglieder des Aufsichtsrats einzeln und im Plenum unter
Zuhilfenahme von unternehmensspezifischen Frage- und
Checklisten statt.

7



8

> SUSS MICROTEC AG

In der Sitzung am 21. Juni 201, unmittelbar vor der ordent-
lichen Hauptversammlung, hat uns der Vorstand vornehm-
lich Uber die aktuelle Geschaftslage informiert. Wir haben
auRerdem vom Vorstand ein Update zu den laufenden stra-
tegischen Projekten erhalten. Gerhard Pegam hat bereits als
Gast an dieser Aufsichtsratssitzung teilgenommen.

Am 28. Juli 2011 fand die flinfte ordentliche Aufsichtsrats-
sitzung statt. In dieser Sitzung wurde dem Aufsichtsrat ein
erneutes Update der laufenden strategischen Projekte pra-
sentiert. Insbesondere erorterten Vorstand und Aufsichts-
rat die jlingste Geschaftsentwicklung des Geschaftes mit
Fotomasken sowie strategische Optionen fir die Weiter-
entwicklung der SUSS MicroTec Precision Photomask Inc.,
vormals ITI Inc. Der Aufsichtsrat autorisierte den Vorstand,
Verhandlungen mit moglichen Kaufinteressenten fir die
SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. aufzunehmen.

Der Vorstand erlauterte uns Uberdies die aktuellen Zahlen
fur das zweite Quartal. Der Aufsichtsrat fasste Uber die
Entsprechenserklarung zum Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex Beschluss.

In einer auBerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats am
26. September 2011 hat der Vorstand den Aufsichtsrat tber
eines der laufenden strategischen Projekte informiert und
vorgeschlagen, das Projekt im definierten Rahmen weiter
zu verfolgen. Der Aufsichtsrat hat dem zugestimmt.

Am 12. Oktober 2011 stimmte der Aufsichtsrat dem Verkauf
des Geschaftsbetriebs der SUSS MicroTec Precision Photo-
mask Inc.im Wege eines Asset Deals zu.

In der ordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats vom
7.November 2011 berichtete der Vorstand Uber die aktuelle
Geschaftslage im dritten Quartal sowie den Ausblick auf
das Gesamtjahr. Dariiber hinaus berichtete der Vorstand
Uber den Status der laufenden strategischen Projekte.
Weiterhin stellte der Vorstand den neuen Risikomanage-
mentprozess und das dazugehorige Risikoreporting vor,
nachdem zu Beginn des Jahres konzernweit eine Soft-
ware zur Prozessunterstitzung eingefihrt worden war.
Vorstand und Aufsichtsrat diskutierten im Anschluss den
erstmals im neuen Berichtsformat erstellten Risikobericht
zum 30.Juni 2011.

Gegenstand der letzten Sitzung des Geschaftsjahres 2011,
die am 15. Dezember 2011 stattfand, waren im Wesentlichen
die aktuelle Geschaftslage sowie die vorlaufige Planung
fir das Geschaftsjahr 2012. Der Aufsichtsrat befasste sich
ferner mit der Verlegung des Firmensitzes der SUSS Micro-
Optics S.A. innerhalb von Neuchatel und genehmigte das
damit verbundene Budget. Dartiber hinaus prasentierte
der Vorstand dem Aufsichtsrat ein weiteres Update zum
Stand der strategischen Projekte.

CORPORATE GOVERNANCE

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschaftsjahr 2011 erneut mit
den Inhalten und der Umsetzung des Deutschen Corporate
Governance Kodex befasst. Informationen zur Corporate
Governance im Unternehmen sowie der ausflhrliche
Bericht zu Hohe und Struktur der Verglitung von Vorstand
und Aufsichtsrat sind im separaten Corporate Gover-
nance-Bericht auf den Seiten 28 ff. des Geschaftsberichts
widergegeben. Vorstand und Aufsichtsrat haben in ihren
Sitzungen am 28.Juli 2011 die Entsprechenserklarung nach
§ 161 AktG beschlossen und diese den Aktionaren auf der
Website der Gesellschaft dauerhaft zuganglich gemacht.



JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSSPRUFUNG

Die KPMG AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft, Minchen,
hat den nach HGB-Grundsatzen aufgestellten Jahres-
abschluss und den Lagebericht der SUSS MicroTec AG
zum 31. Dezember 2011 sowie den Konzernabschluss und
Konzernlagebericht zum 31. Dezember 201 geprift und
jeweils mit dem uneingeschrankten Bestatigungsvermerk
versehen. Der Konzernabschluss und der Konzernlage-
bericht wurden gemal} § 315a HGB auf der Grundlage der
internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS, wie sie
in der Europaische Union anzuwenden sind, aufgestellt.
Der Abschlussprifer hat die Prifung unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsatze ordnungsmalliger Abschlusspri-
fung sowie unter ergdnzender Beachtung der International
Standards on Auditing (ISA) vorgenommen.

Die Prufungsberichte der KPMG AG Wirtschaftsprifungs-
gesellschaft lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor
und wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am
27. Mdrz 2012 in Gegenwart des Abschlusspriifers umfas-
send behandelt. Der Abschlusspriifer berichtete tber die
wesentlichen Ergebnisse seiner Prifung sowie daruber,
dass keine wesentlichen Schwachen des internen Kontroll-
systems und des Risikomanagementsystems vorlagen.
Insbesondere hat er Erlauterungen zur Vermogens-, Finanz-
und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns abge-
geben und uns flr erganzende Auskiinfte zur Verfligung
gestanden. Der Abschlussprufer ging ferner auf Umfang,
Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprifung ein.
Schwerpunkte der diesjahrigen Abschlussprifung waren
der Verkauf des Geschaftsbetriebes der SUSS MicroTec Pre-
cision Photomask Inc., die Werthaltigkeit der Finanzanlagen
sowie die Umsatzrealisierung sowie die Plausibilitat der
prognostischen Angaben.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft und des Konzerns
sowie der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasste
Lagebericht wurden von uns gepriift. Es bestanden keine
Einwande. Die Berichte des Abschlussprifers haben wir
nach eingehender Prifung zustimmend zur Kenntnis
genommen.

BERICHT DES AUFSICH? >> GESCHAFTSBERICHT 201

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. Der Auf-
sichtsrat hat auch den Konzernabschluss gebilligt. Dem
gemeinsamen Lagebericht fir die AG und den Konzern und
insbesondere der Beurteilung der weiteren Entwicklung
des Unternehmens haben wir zugestimmt.

VERANDERUNGEN IN AUFSICHTSRAT UND VORSTAI

Zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am
21. Juni 201 hat Sebastian Reppegather sein Amt als
Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt. Als sein Nach-
folger wurde Gerhard Pegam von der Hauptversammlung
gewahlt.

Im Geschéftsjahr 2011 gab es keine personellen Anderun-
gen im Vorstand.

In einem wirtschaftlich von groBer Unsicherheit gepragten
Marktumfeld ist die engagierte Mitarbeit jedes einzel-
nen Beschaftigten von auBerordentlicher Bedeutung. Fir
die erfolgreiche und tatkraftige Arbeit im abgelaufenen
Geschaftsjahr spricht der Aufsichtsrat den Vorstanden
sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern grofien
Dank und Anerkennung aus.

Garching, 27. Marz 2012

Fir den Aufsichtsrat

£

Dr. Stefan Reineck
Aufsichtsratsvorsitzender

9
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| DER MARKT FUR SMARTPHONE UND TABLET-PCS HAT SICH IM LETZTEN JAHR RASANT
ENTWICKELT. WURDEN 2010 WELTWEIT RUND 305 MILLIONEN SMARTPHONES
VERKAUFT, WAREN ES 2011 BEREITS MEHR ALS 490 MILLIONEN STUCK UND BIS 20715
SOLLEN ES LAUT EINER SCHATZUNG DES MARKTFORSCHUNGSINSTITUTS IDC

MEHR ALS 900 MILLIONEN STUCK SEIN.
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XBS300 ,,

SUSS MicroTecs XBS300 Bonder-Plattform reprasentiert die
neueste Gerategeneration flr die Massenfertigung beim
tempordren Bonden von Wafern fiir 3D-Applikationen.

7 SCHNELLER

Hoher Durchsatz beim Aufbringen der
Haft- und Release-Schichten

” SCHLANKER

Offene Plattform fiir das temporare Bonden
von 200mm und 300mm Wafern

> LEISTUNGSFAHIGER

GYSET-Beschichtungsverfahren und
hervorragende Dickenvariation der gebondeten
Wafer, Unterstitzung aller derzeit gangigen
temporaren Bondverfahren

> KOSTENGUNSTIGER

Geringe Betriebskosten bei allen
verfligbaren Klebstoffen
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»STATUS QUO IN DER HALBLEITERINDUSTRI

Derzeit konnen in der Halbleiterindustrie Struktur-
groen von bis zu 22 Nanometern, dies entspricht
0,000022 Millimetern, in der Produktion dargestellt
werden. Dazu kommen im Frontend der Halb-
leiterproduktion Lithografiegerate zum Einsatz,
die die sogenannte 193nm Immersionslithografie

SUSS MICROTEC UNTERSTUTZT
DIE FORTSCHREITENDE
MINIATURISIERUNG

einsetzen. Hierbei handelt es sich um ein Verfah-
ren, bei dem das Licht mit einer Wellenlange von
193 Nanometern ein System von Linsen und einen
diunnen Flussigkeitsfilm durchquert, bevor es den
Fotolack auf der Oberseite des Wafers erreicht. Um
diese besonders kleinen Strukturen darstellen zu
kénnen, musste bereits ab der Strukturgrofe von

Ly ]
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32 Nanometern die sogenannte Doppelstrukturie-
rung (Double Patterning) eingesetzt werden. Dies
bedeutet, dass die Belichtung des Wafers mit zwei
verschiedenen Masken in zwei Schritten vollzogen
wird, um die erwiinschten Strukturen darzustellen.

In der Halbleiterindustrie wurde bisher etwa alle
zwei Jahre eine neue Generation von kleineren und
leistungsfahigeren Mikrochips entwickelt. Damit
war es moglich, auf einer gegebenen Flache, bei
unterproportionalem Kostenanstieg, mehr Mikro-
chips zu installieren. Diese Entwicklung nennt man
in der Halbleiterindustrie ,Moore‘s Law", benannt
nach dem Intel Mitgriinder Gordon Moore, der diese
GesetzmaRigkeit bereits im Jahr 1965 hergeleitet hat.

Nach heutigem Erkenntnisstand wird sich diese
Entwicklung auch in den kommenden Jahren wei-
ter fortsetzen, jedoch mit dem Unterschied, dass
die Herstellung der einzelnen Mikrochips auf einer
gegebenen Flache nicht billiger, sondern teurer wird.
Ein wesentlicher Grund dafur ist, dass die neueste
Maschinengeneration fur die Herstellung noch klei-
nerer Strukturen deutlich teurer wird. Ein Beispiel
hierfir sind Lithografiegerate, welche die soge-
nannte EUV-Lithografie unterstiitzen. Hierbei han-
delt es sich um ein Fotolithografie-Verfahren, das
extrem ultraviolette Strahlung (EUV) zur Belichtung
nutzt. Dies soll es ermoglichen, auch zukiinftig die
Strukturverkleinerungen in der Halbleiterindustrie
fortzusetzen, um kleinere, effizientere und schnel-
lere integrierte Schaltkreise herstellen zu konnen.
Diese deutlich teurere Technologie werden sich
allerdings nur noch wenige groBe Halbleiterherstel-
ler leisten konnen.

SCHNELLER. SCHLANKER. LEISTUNGSF/ >> GESCHAFTSBERICHT 201

Neben der Verteuerung der einzelnen Mikrochips
wird in absehbarer Zukunft eine ,minimale GrofRe*
der Strukturen erreicht sein, ab welcher die phy-
sikalischen Eigenschaften der Mikrochips nicht
mehr wie gewiinscht funktionieren. SUSS MicroTec
unterstitzt mit seiner Produktpalette die Kunden
bei der weiteren Verkleinerung der Strukturgrofen
der Mikrochips, beteiligt sich aber auch aktiv an
der Entwicklung von alternativen Technologien,
wie beispielsweise dem 3D Packaging und der 3D
Integration. Der folgende Uberblick zeigt die von
SUSS MicroTec bedienten Markte und Technologien,
welche die eben beschriebenen Entwicklungen im
Halbleitersegment unterstutzen.

FOTOMASKEN EQUIPMENT -
UNTERSTUTZUNG DER FORTSCHREITENE
MINIATURISIERUNG

Wie eingangs beschrieben, ist die Halbleiterindustrie
im Frontend seit Jahren bestrebt, die Leistungsfahig-
keit der einzelnen Mikrochips durch fortschreitende
Reduzierung der StrukturgrofRen zu steigern und
gleichzeitig deren Kosten zu verringern. Dieser Trend
zur standigen Miniaturisierung wird auch in Zukunft
mit unverminderter Kraft die Innovationen und die
technologische Weiterentwicklung im Frontend
der Halbleiterfertigung treiben. Die gew(inschten
Strukturen werden im Frontend mittels lithogra-
fischer Verfahren und einer sogenannten Fotomaske
auf den Wafer Ubertragen. Die Masken, die bei den
Frontendprozessen in der Lithografie zum Einsatz
kommen, sind sehr teuer und extrem empfindlich.
Je kleiner die Strukturen, desto empfindlicher die
Maske. Daher ist der Einsatz der adaquaten Tech-
nologien fur die Entwicklung und die Reinigung
aullerst wichtig. Ein Defekt auf der Maske bedeutet
viele defekte Mikrochips. Mit unseren Reinigungs-
geraten, die bereits bei der Herstellung und spater
im Einsatz dieser hochempfindlichen Fotomasken
bendtigt werden, unterstitzt SUSS MicroTec die
weitere Entwicklung immer kleinerer Strukturen.
In Fachkreisen wird dies haufig als 2D Skalierung
bezeichnet, was nichts anderes bedeutet, als dass
die einzelnen Mikrochips immer kleiner und kleiner
werden und somit auf einer gegebenen Flache mehr

13
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Mikrochips untergebracht werden kénnen. Trei-
bende Kraft in dieser Hinsicht sind vor allem mobile
Kommunikationsgerdate wie Smartphones, Tablet-
PCs und Laptops, deren Leistungsfahigkeit von Jahr
zu Jahr erhéht wird.

Auf der einen Seite fiihrt die Ausweitung der 193nm
Immersionslithografie zur doppelten oder mehrfa-
chen Strukturierung, was die Empfindlichkeit der
Strukturen exponentiell erhoht. Auf der anderen
Seite entstehen gleichzeitig — mit der Verbreitung
der EUV-Lithografie im Frontend — neue technologi-
sche Herausforderungen, welche nicht nur die Litho-
grafiegerate, sondern auch die Fotomaske selbst
betreffen.

Die EUV-Strahlung, die eine sehr kurze Wellenlange
besitzt, wird bereits von einem atmospharischen
Umfeld vollstandig absorbiert. Somit ist es notwen-
dig, den Belichtungsprozess im Vakuum zu vollzie-
hen. Weiterhin kénnen keine refraktiven Optiken
verwendet werden, sondern es mussen Spiegelopti-
ken eingesetzt werden. Die EUV-Maske ist aus mehr
als 8o einzelnen Schichten aufgebaut — manche nur
wenige Nanometer dick — und sie muss ebenfalls
eine stark spiegelnde Oberflache besitzen. Damit
werden erneut andere und viel hohere Anspri-
che an die Reinigung dieser Fotomasken gestellt.
SUSS MicroTecs Gerate und Prozessldsungen zur Rei-
nigung von konventionellen Fotomasken, aber auch
von Fotomasken, die in der EUV-Lithografie einge-
setzt werden, sind weltweit fihrend und unterstit-
zen die fortschreitende Strukturverkleinerung in der
Halbleiterindustrie.

ADVANCED PACKAGING

Hierbei handelt es sich um eine alternative Verpa-
ckungstechnologie zum klassischen Wire Bonding.
Mit dem Wire Bonding wird heute der groite Teil der
Mikrochips verdrahtet, denn bisher kommt es nicht
bei allen Anwendungen auf die GroRe der einzelnen
Bauteile an. In einem Fernsehgerat ist beispiels-
weise genug Platz, um vergleichsweise grof3ziigig
verpackte Mikrochips zu verbauen. Mit der zuneh-
menden Verbreitung von ultraflachen Laptops,
Tablet-PCs und Smartphones wird die Packungs-
dichte weiter an Bedeutung gewinnen. In diesen
Endgeraten kommen bereits heute ausschlieRlich
Advanced Packaging-Technologien zum Einsatz.
Mit unseren Coatern werden Fotolacke mittels Spin-
oder Spraycoatingverfahren auf den Wafer aufge-
bracht und ausgehdrtet. Nach dem Belichten in
einem Mask Aligner wird die belichtete Fotoschicht
in unserem Developer entwickelt. Damit decken
die Gerate von SUSS MicroTec wesentliche Prozess-
schritte im Advanced Packaging ab und helfen den
Kunden, immer leistungsfahigere Komponenten
zu moglichst giinstigen Preisen und auf kleinstem
Raum herzustellen.



3D INTEGRATION —,, MORE THAN MOORE*

Die Verkleinerung der StrukturgrofRen — entspre-
chend Moore's Law - war in der Vergangenheit
technologisch moglich und 6konomisch sinnvoll,
denn trotz Leistungssteigerung reduzierten sich die
Kosten pro Transistorfunktion. Heute gerat jedoch
die herkémmliche Lithografie an ihre Grenzen. Es
gibt alternative Technologien, wie beispielsweise die

GYRSET COATING TECHNOLOGIE
SUSS MICROTEC

SCHNELLER. SCHLANKER. LEISTUNGSFAHIGER >3 GESCHAFTSBERICHT 2011

bereits beschriebene EUV-Lithografie, die aber die
Entwicklung und Herstellung verteuern. Aus diesem
Grund werden nur diejenigen Chiphersteller den
Weg der weiteren Strukturverkleinerung beschrei-
ten, die weiterhin auf eine hohere Leistungsfahigkeit
angewiesen sind. Hersteller, deren Ziel es ist, eine
hohere Komplexitat auf engem Raum darzustellen,
kénnen alternativden Weg der 3D Integration gehen.

Um die Leistungsfahigkeit eines Computers, Tablet-
PC’s oder Smartphones zu erhohen, sind nicht
notwendigerweise kleinere Strukturen notwendig,
alternativ kann man mehrere Mikrochips mit ver-
schiedenen Funktionen Ubereinander stapeln und
so die Komplexitat erhchen. Besonders bei einem
Smartphone oder Tablet-PC ist jedoch der Raum,
der einem einzelnen Baustein zur Verfligung steht,
aulerst begrenzt. Es muss somit sichergestellt sein,
dass der Stapel, bestehend aus mehreren Baustei-
nen, nicht groRer ist als der urspriinglich vorgese-
hene Platzbedarf eines einzelnen Mikrochips. Das
erreicht man, indem man die einzelnen Mikrochips
dinnt und elektrisch miteinander verbindet. Dies
erfolgt durch sogenannte Through Silicon Vias
(TSV). Da die gediinnten Wafer duf3erst instabil und
zerbrechlich sind, missen sie vor dem Dinnen auf
einen Trager aufgebracht werden. Diesen Vorgang
nennt man tempordres Bonden. Das endgliltige
Zusammenfugen und Stapeln der einzelnen Wafer
passiert beim permanenten Bonden.

Wir unterstiitzen diese Entwicklung mit Geraten
und Prozesslésungen, die rund um das Thema Thin
Wafer Handling angesiedelt sind. Unser Produkt-
portfolio umfasst komplette Anlagenlosungen
fir das Aufbringen und Wiederablosen sowie das
anschlieBende Reinigen der Wafer beim tempora-
ren Waferbonden. AnschlieBend werden die vielen
metallischen Anschlusspunkte auf den einzelnen
Mikrochips, die sich noch immer auf dem Wafer
befinden, unter hohem Druck und hoher Tempera-
tur permanent miteinander verbunden. Auch dies
geschieht auf unseren Maschinen, den Wafer Bon-
dern. Schlussendlich erfolgt dann das Vereinzeln der
gestapelten Mikrochips.

15
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GAMMA -
COATER/
DEVELOPER

Die Gamma Plattform, mit ihren Modulen wie Spin- und
Sprithbelacker oder Nassentwickler, dient zur vollautomatischen
Bearbeitung von Fotolacken und erfillt alle Anforderungen

der Industrie an saubere, zuverlassige und durchsatzstarke
sowie kostengtlinstige Fotolithografie-Prozesse.

” SCHNELLER

Unterschiedliche WafergroRen kénnen
gleichzeitig ohne mechanischen Umbau
prozessiert werden.

> SCHLANKER

Hohe Wartungsfreundlichkeit durch leichten
Zugang zu allen wichtigen Komponenten

> LEISTUNGSFAHIGER

Geeignet flr Substrate aus Silizium,
I11/V-Halbleitermaterialien, Saphir, Glas
oder flexiblem Kunststoff

> KOSTENGUNSTIGER

Konfigurierbar fir Kleinserien und
fir die Massenproduktion
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FERTIGUNG DER KLEINEN HELFER

Bei der Herstellung von MEMS-Bausteinen werden
die gleichen bekannten Technologien und Prozesse
eingesetzt, wie in der Halbleiterfertigung. Aus der
SUSS MicroTec Produktpalette kommen hierfur
sowohl die Coater/ Developer als auch Wafer Bonder
und Mask Aligner zum Einsatz. Die Lithografiegerate
werden hier beispielsweise zur Strukturierung von
Atzmasken und elektrischen Kontakten oder zur
Herstellung von kleinsten mechanischen Struktu-
ren wie Mikrozahnradern verwendet. Unsere Wafer
Bonder werden in der Fertigung zum hermetischen
Kapseln der MEMS-Bauelemente eingesetzt.

VORSPRUNG DURCH ERFAHRUNG

Die Spin- und Spriihbelacker von SUSS MicroTec
stehen seit vielen Jahren fir erstklassige Leistung,
einfache Bedienung und grofe Flexibilitat. Es ist uns
gelungen, diese jahrzehntelange Erfahrung im Bela-
cken und Entwickeln auf den vergleichsweise jun-
gen Markt der MEMS-Fertigung zu Ubertragen. Mit
unserem Prozessequipment zur MEMS-Herstellung
haben wir uns als Marktfiihrer insbesondere fur
hochwertige MEMS-Produkte auf Wafer-Ebene posi-
tioniert und sind somit zu einem der wichtigsten
Lieferanten innovativer Lésungen im MEMS-Markt
geworden. Mit unserer umfassenden Produktpa-
lette aus kompakten und benutzerfreundlichen
Spin- und Sprihbelackern, die vom preiswerten
Laborgerat bis hin zur hochleistungsfahigen Pro-
duktionsanlage reicht, beispielsweise
Fotolackschichten von unter einem Mikrometer bis
uber einige 100 Mikrometer in der gleichen Prozess-
kammer erzielt werden. Damit schaffen wir Prozess-
flexibilitat, verkliirzen die Umristzeiten flr unsere
Kunden und erhohen somit die Menge an Wafern,
die auf unseren Maschinen pro Stunde bearbeitet

konnen

werden konnen. Mit all diesen Mallnahmen unter-
stUtzen wir unsere Kunden, die vom Endverbraucher
nachgefragten Produkte zu einem wettbewerbsfa-
higen Preis herzustellen.

EIN MEMS-BAUSTEIN MIT POTENZIAL:

DER ELEKTRONISCHE KOMPASS

Die zunehmende Leistungsfahigkeit der Smart-
phones und anderen mobilen Geraten hat zu einer
fast serienmaRigen Ausstattung dieser Gerdte
mit Sensoren geflhrt, die deren Bewegungen und
Standort erfassen. Diese elektronischen Kompasse,
Drehratensensoren und Beschleunigungsmesser
unterstitzen nicht nur ortsbasierte Dienste, sondern
auch die Steuerung der Gerate mittels Kippen oder
Drehen. Elektronische Kompasse beispielsweise
werden heute wie integrierte Schaltkreise mittels
Lithografieverfahren  aus  Halbleitermaterialien
hergestellt.
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In modernen Mobiltelefonen sind heute standard-
maRkig Navigationssoftware und die notige Hard-
ware enthalten. Allein der Markt fiir MEMS-basierte
elektronische Kompasse ist nach Einschatzung der
Experten von IHS iSuppli 2011 um mehr als 70 Pro-
zent gewachsen. Damit durfte dieses Marktseg-
ment im abgelaufenen Geschaftsjahr eine GroRe
von rund 420 Millionen US-Dollar erreicht haben.
Weiterhin wird erwartet, dass sich dieser Markt bis
2015 noch einmal verdoppeln wird. In naher Zukunft
wird es selbstverstandlich sein, z.B. die Kamera in
einem Smartphone auf ein bestimmtes Objekt zu
richten und unmittelbar Informationen zu diesem

|
BLICK IN DAS
INNENLEBEN EINES
COATER / DEVELOPER

Objekt und zu Sehenswirdigkeiten oder Restau-
rants und Geschaften in der Nahe zu bekommen.
Diese zunehmende Funktionalitat in den mobilen
Endgeraten wird auch in Zukunft dazu fihren, dass
die Komplexitat und Leistungsfahigkeit der einzel-
nen Bauelemente weiter gesteigert werden muss.
Hierzu leistet SUSS MicroTec mit den Maschinen
und Prozesslésungen einen wertvollen Beitrag.

Die Einsatzmoglichkeiten von MEMS
sind sehr vielfaltig und die Wachstums-
perspektiven sind nach wie vor enorm.

Findet man heute beispielsweise in
einem modernen Mobiltelefon etwa neun
MEMS-Funktionen, so soll sich dieser
Anteil laut Expertenschatzungen in den
nachsten Jahren mehr als verdoppeln.

WEITREICHENDE EINSATZMOGLICHKEITEN
VON MEMS
Im abgelaufenen Geschaftsjahr wurde der
MEMS-Markt sehr stark durch die wach-
sende Anzahl von Smartphones und Tab-
let-PCs getrieben. Es gibt darliber hinaus
noch vielfdltige Anwendungsbereiche
flir MEMS-Bausteine im Automotive-
Bereich, der Konsumelektronik und in
medizinischen Anwendungen. Dazu
gehoren im Einzelnen Sensoren fir
Druck-, Beschleunigungs- und Drehra-
tenmessung sowie Bausteine im Optik-
bereich und der Mikrofluidik.

die einzelnen MEMS-Bausteine stetig zu

unterstiitzen die Kunden dabei, diese Vorgabe
erfolgreich umsetzen zu kénnen, z.B. durch inno-
vative, kosteneffiziente und leistungsstarke Gera-
teplattformen mit intelligenter Ablaufsteuerung.

Der Preisdruck sowie die Notwendigkeit,

verkleinern, sind nach wie vor enorm hoch.
Die Anlagen und Lésungen von SUSS MicroTec

19



20 > SUSS MICROTEC AG

GANZ
SCHON
HELLE

LEDS SIND WEITERHIN AUF DEM BESTEN WEGE,
GLUHBIRNEN ALS WICHTIGSTE KUNSTLICHE
LICHTQUELLE ABZULOSEN. DER LED-MARKT TEILT
SICH GENERELL IN MASSENARTIKEL, HIGH
BRIGHTNESS-LEDS UND ULTRA HIGH BRIGHTNESS-
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MA10OE
GEN2 - MASK
ALIGNER

Die zweite Generation dieses Mask Aligners ist eine
von SUSS MicroTec speziell fur die Herstellung von
LEDs entwickelte Lithografie-Losung.

7 SCHNELLER

Die gleichzeitige Verarbeitung von drei Wafern
ermdglicht einen hohen Durchsatz von bis
zu 145 Wafern pro Stunde.

> SCHLANKER

Hohe Auflésung von bis zu 2,5 um L/ S bei
einer Abstandsbelichtung von 20 um

> LEISTUNGSFAHIGER

Die beugungsreduzierte Optik von SUSS MicroTec

> KOSTENGUNSTIGER

anspruchsvollen Auflésungsanforderungen.
Senkung der Kosten per Lumen fur unsere
Kunden durch einen hohen Durchsatz bei
gleichzeitig hoher Ausbeute
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DER LED-MARKT

Dieser Beleuchtungsmarkt I3sst sich im Wesent-
lichen in drei Hauptsegmente einteilen. Es gibt
einen Markt fir Massenartikel, die beispielsweise
als Statusanzeige in elektronischen Geraten zum

SUSS MICROTEC
BIETET VIELSEITIGE
LOSUNGEN

Einsatz kommen und die zu Preisen von etwa zehn
Dollarcent zu haben sind. Im Massen-LED-Markt
ist der Stuckpreis ausschlaggebend und dieser ist
abhangig von den Gesamtkosten fur die Herstellung
der einzelnen Bauteile. Das mittlere Marktsegment
wird von den sogenannten High
Brightness-LEDs abgedeckt. Hier-
bei handelt es sich um LEDs, die
gegenwartig verstarkt in der
Automobilbranche, z.B. fur
die Ruckbeleuchtung, ein-
gesetzt werden. Der Markt
fir Ultra High Brightness-
Komponenten, die einen
Stlickpreis von ein bis drei
US-Dollar haben, deckt
beispielsweise den

Bereich Gebdude- und
StraBenbeleuchtung
ab. Dieser Markt
wird zukiinftig
mehr an Bedeu-
tung gewinnen,

da Lander wie
China, die heute
noch am Beginn der
grof¥flachigen Elekt-
rifizierung stehen, auf-

grund der steigenden
Rohstoff- und Energie-
preise umweltfreundliche,
kostenglinstige und ener-
gieeffiziente Technologien
einsetzen mussen.



TRENDWENDE IN DER
BELEUCHTUNGSINDUSTRIE

Betrachtet man den speziellen Bereich Gebaude-
und StraBenbeleuchtung, so haben die steigenden
Energiepreise und das wachsende Umweltbewusst-
sein der Menschen — nicht nur in China - eine Trend-
wende eingeleitet. War noch vor einigen Jahren die
Glihbirne das Leuchtmittel der Wahl, so haben sich
heute wegen der steigenden Energiepreise viele
Konsumenten fur den Kauf von Energiesparlampen
entschieden, auch wenn diese deutlich teurer als
herkdommliche Glihbirnen sind. Mittlerweile haben
auch die Gesetzgeber diesen Trend bzw. die Notwen-
digkeit zur effizienten Nutzung der Energie erkannt
und die Glihbirne mittelfristig aus dem Handel ver-
bannt.Doch auch der Einsatz von Energiesparlampen
ist keine dauerhafte Losung, denn deren Entsorgung
bereitet aufgrund des Quecksilbergehalts im Sockel
der Lampe neue umwelttechnische Probleme und
Belastungen. Eine aus heutiger Sicht praktikable
Losung ist der Einsatz von den sogenannten Ultra
High Brightness-LEDs. Diese Form der Beleuchtung
ist derzeit noch vergleichsweise teuer, wird aber
langfristig die Gluhbirne und auch die Energiespar-
lampe, insbesondere in Wohn- und Geschaftsrau-
men sowie der StraBenbeleuchtung, ersetzen.

UNSERE GERATE UND PROZESSLOSUNGI
UNTERSTUTZEN LED-HERSTELLER

Die verschiedenen Verbindungshalbleiter (hier LEDs)
stellen besondere Anforderungen an die Maschinen,
mit denen sie verarbeitet werden, und zwar sowohl
im Hinblick auf die WafergroRe als auch auf die Bru-
chigkeit oder Porositat des Materials. Die Anlagen
von SUSS MicroTec sind eigens auf diese Herausfor-
derungen zugeschnitten und optimiert. Unsere kom-
plette Produktpalette fiir die LED-Herstellung wurde
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fir eine grolktmogliche Flexibilitat und hochsten
Durchsatz in der Produktion optimiert. Dazu geho-
ren Lampenhauser mit extrem hohen Intensitaten
oder besonders schnelle roboterunterstitzte Hand-
lingsysteme. Viele unserer Gerate sind vollstandig
modular aufgebaut, sodass deren Leistungsfahigkeit
und Durchsatz durch Nachriistung im Feld den Kun-
denbedirfnissen entsprechend erweiterbar ist.

Die Verfahren zur Herstellung von LEDs unterlie-
gen einem standigen Prozess der technologischen
Weiterentwicklung, welchen wir in unserem
Marktsegment mit unseren Losungen und Anla-
gen bestmoglich unterstiitzen. Ein Beispiel, neben
der klassischen Lithografie, ist die Abformung von
Mikro- und Nanostrukturen mittels sogenannter
Nano-Imprint-Verfahren, die eine Strukturgrofe von
weniger als 5o Nanometern erlauben. Hierbei wer-
den die gewiinschten Strukturen mittels eines Stem-
pels auf das Substrat tbertragen. Philips Research
hat in Zusammenarbeit mit SUSS MicroTec das SCIL-
Substrate Conformal Imprint Lithography-Verfahren
speziell fir den LED-Markt entwickelt. Es adressiert
insbesondere Applikationen, bei denen eine groffla-
chige Pragung von Nanostrukturen stattfindet.

SUSS MICROTECS PRODUKTPALETTE

FUR DIE LED-HERSTELLUNG

Im Marktsegment LED kommen nicht nur unsere
Mask Aligner zum Einsatz. Um z.B. alle in der LED
erzeugten Photonen optimal nutzbar zu machen,
fuhren SUSS MicroTec-Bonder das finale Packaging
durch und steigern somit das Output der LEDs. Dies
passiert, indem das Licht, das ansonsten als Warme
verloren gehen wirde, gezielt in die gewlnschte
Richtung gelenkt wird. Darliber hinaus kommen bei
der Herstellung von LEDs auch unsere Coater / Deve-
loper zum Einsatz. Zu den typischen Prozessschrit-
ten gehoren hier unter anderem die lithografische
Strukturierung von Kontaktflachen, Elektroden
und Atzmasken sowie die Mikrostrukturierung von
Saphir-Substraten. Auch hier ist ein hoher Durchsatz
bei gleichzeitig hoher Qualitat im Produktionspro-
zess von entscheidender Bedeutung fir unsere
Kunden.
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DAS POLITISCHE RINGEN UM EINE LOSUNG DER
SCHULDENPROBLEMATIK IN EUROPA HAT DAS
BORSENGESCHEHEN DES GESCHAFTSJAHRES

2011 MASSGEBLICH BESTIMMT. DIE SITUATION IN
GRIECHENLAND IST NACH WIE VOR ANGESPANNT
UND MITTLERWEILE STEHEN DARUBER HINAUS
NICHT NUR LANDER WIE SPANIEN UND

ITALIEN UNTER GENAUER BEOBACHTUNG DER
RATINGAGENTUREN, SONDERN AUCH LANDER WIE
BEISPIELSWEISE PORTUGAL UND FRANKREICH.

ES WURDE DEUTLICH, DASS DIE SCHULDENKRISE
AUCH REALWIRTSCHAFTLICHE FOLGEN IN EUROPA
UND MOGLICHERWEISE AUCH WELTWEIT HABEN
KANN. DIESE BEFURCHTUNGEN WURDEN
INSBESONDERE IN DER ZWEITEN JAHRESHALFTE
2011 IN VIELEN AKTIENKURSEN EINGEPREIST.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR KURSENTWICK-
LUNG, DER AKTIONARSSTRUKTUR SOWIE DER
INVESTOR RELATIONS-ARBEIT BEI SUSS MICROTEC
ERHALTEN SIE IN DIESEM KAPITEL.

ANHALTENDE SCHULDENSITUATION VERUNSICHERTE

DIE KAPITALMARKTE

Die positive Stimmung an den Finanz- und Kapitalmark-
ten, die Ende 2009 und im Jahr 2010 vorgeherrscht hat, ist
im abgelaufenen Geschaftsjahr einer grofRen Unsicherheit
uber die Konjunkturaussichten fir die kommenden Jahre
und insbesondere tber die Zukunft der Eurozone gewi-
chen. So begann der DAX das Borsenjahr 2011 bei 6.990
Punkten und schloss im Dezember 2011 bei 5.898 Punkten.
Dies entspricht einem Riickgang von 16 Prozent. Auch der
MDAX und der SDAX haben sich auf Jahressicht deutlich,
um 13 Prozent bzw. 20 Prozent, verschlechtert. Der TecDAX
hat sich im gleichen Betrachtungszeitraum von 860
Punkten im Januar 2011 auf 685 Punkte im Dezember 2011
verschlechtert, dies entspricht einem Rickgang um rund
20 Prozent.

Unsere Aktie hat das Geschaftsjahr 2010 mit einem Kurs
von 9,14 Euro am 30.12.2010 beendet und ist im Januar 2011
mit einem Kurs von 9,44 Euro in das Geschaftsjahr 201
gestartet. Die bereits im Herbst 2010 begonnene Kursrallye
hat sich in den ersten beiden Monaten des Geschaftsjahres
2011 — unter anderem befllgelt durch positive vorlaufige
Unternehmenszahlen — mit unverminderter Geschwin-
digkeit fortgesetzt. Die SUSS MicroTec-Aktie hat teilweise
Kursgewinne von bis zu 48 Prozent gegenliber dem Jahres-
beginn verzeichnen konnen. Im Marz ist die positive Stim-
mung an den nationalen und internationalen Borsen einer
grollen allgemeinen Verunsicherung gewichen. Die Natur-
und Atomkatastrophe in Japan sowie der Beginn eines
NATO-Militareinsatzes in Libyen haben damals zur weite-
ren Verunsicherung der Anleger beigetragen. Leider konn-
ten auch die positiven Zahlen zum ersten Quartal, welche
Anfang Mai veroffentlicht wurden, diesen Abwartstrend



nicht aufhalten. Die SUSS MircoTec-Aktie musste deutliche
Kursverluste hinnehmen und ihr Wert lag zeitweise wieder
unter dem Jahresanfangskurs.

Zum Ende des Monats Juni war jedoch eine deutliche
Aufwartsbewegung der Markte zu verzeichnen. Ein Grund
hierfiir konnte die Genehmigung der umfassenden Spar-
pakete in Griechenland und Italien sowie die damit ein-
hergehende allgemeine Beruhigung der Kapitalmarkte
sein. Darliber hinaus hatte der Vorstand der SUSS Micro-
Tec AG auf der Hauptversammlung am 21. Juni 2011 den
Ausblick fur das erste Halbjahr und das Gesamtjahr 201
bestatigt. Anfang des dritten Quartals hatte sich unsere
Aktie von den Tiefststanden des ersten Halbjahres sehr
gut erholt und lag zeitweise wieder deutlich lber der
10-Euro-Marke. Diese Verschnaufpause hielt leider nicht
lange an.Von August bis Mitte September war die Kursent-
wicklung von starken Schwankungen begleitet, wobei in
dieser Zeit die Kursbewegungen fast eins zu eins mit dem

DIE KURSENTWICKLUNG DER SUSS MICROTEC-AKTIE 2011
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Vergleichsindex TecDAX und dem Prime |G Semiconductor
verliefen. Ende September erlebten die Borsen und somit
auch die SUSS MicroTec-Aktie einen erneuten Einbruch
und so stand der Kurs am 30. September bei 6,40 Euro. Ins-
gesamt lasst sich feststellen, dass der Borsensommer 2011
mehr von den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen
und weniger von den tatsachlichen Unternehmensleistun-
gen gepragt war.

Nach einem sehr bewegten vierten Quartal hat unsere
Aktie das Geschaftsjahr 2011 mit einem Kurs von 5,63 Euro
abgeschlossen, was einem Minus von rund 40 Prozent
gegenuber Jahresende 2010 entspricht. Die Anzahl der
im Tagesdurchschnitt an allen deutschen Borsenplatzen
gehandelten SUSS MicroTec-Aktien erhdhte sich 2011
erneut deutlich und lag fur das Gesamtjahr bei 261.090
Stiick (2010: durchschnittlich 117.654 Aktien pro Tag).

Einen Uberblick tiber den Kursverlaufim Jahr 2011 bietet die
folgende grafische Darstellung.
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VERGLEICH DER KURSENTWICKLUNG VON
SUSS MICROTEC, TECDAX UND PRIME IG SEMICONDUCTOR
IM GESCHAFTSJAHR 2011

30.12.2010 30.12.2011 VERANDERUNGEN
TecDAX 860 685 -20%
Prime IG Semiconductor 163 15 -29%
SUSS MicroTec 9,44 5,63 -40%
AKTIONARSSTRUKTUR ZUM 31. DEZEMBER 2011 in%

84,89% Sonstige unter 3%

3,08%  Universal Investment |
3,35%  Credit Suisse
8,68% DWS

DIE SUSS MICROTEC-AKTIE IM UBERBLICK

RUCKKEHR IN DEN TECDAX

Seit dem 21. Marz 2011 sind die Aktien der SUSS MicroTec AG
wieder im flihrenden Technologiewerteindex der Deut-
schen Borse — dem TecDAX — vertreten. Wir versprechen
uns von der Wiederaufnahme in den Index eine verstarkte
Wahrnehmung am Kapitalmarkt, insbesondere bei inter-
nationalen Investoren.

UMSTELLUNG AUF NAMENSAKTIEN

Die Hauptversammlung der SUSS MicroTec AG hat am 21.Juni
2011 die Umwandlung der nennwertlosen Inhaberaktien auf
Namensaktien beschlossen, welche schlieflich zum 12. Sep-
tember 2011 erfolgte. Im Rahmen dieser Umstellung hat
sich die WKN/ISIN der Aktie geandert. Die neue WKN lautet
A1Ko23, die entsprechende ISIN lautet DEoooA1K0235.

Die Umstellung auf Namensaktien bietet nicht nur mehr
Transparenz bei der Analyse der Aktionarsstruktur, sondern
erleichtert dartiber hinaus die direkte Kontaktaufnahme zu
unseren Aktionaren. Insbesondere im Vorfeld der Haupt-
versammlung versprechen wir uns eine deutliche Verein-
fachung des Einladungs- und Anmeldeprozesses. Weitere
Informationen zum Thema Namensaktie finden Sie auf
unserer Internetseite unter www.suss.com/ir.

Wertpapierkennnummer A1K023
ISIN-Nummer DEOOOA1K0235
Reuters-Kiirzel SMHN
Bloomberg-Kiirzel SMHN:GR

Borsensegment

Prime Standard

Anzahl der ausgegebenen Aktien (Stand 31. Dezember 201)

19.101.028

Wertpapiergattung

Namensaktien

Designated Sponsor

equinet Bank AG
Close Brothers Seydler Bank AG

Beginn der Boérsennotierung 18.05.1999
Jahresanfangs-/-schlusskurs in € 9,44 /5,63
Jahreshoch-/tief in €* 13,57/5,57

*XETRA Schlusskurs




WEITERER AUSBAU UND INTERNATIONALISIERUNG

DER INVESTOR RELATIONS-AKTIVITATEN

Die Investor Relations-Arbeit umfasst alle MaRnahmen, die
der Pflege der Beziehungen eines borsennotierten Unter-
nehmens zu den (potenziellen) Investoren dienen. Mit
anderen Worten geht es bei der IR-Arbeit unter anderem
darum, den Kapitalmarkt zeitnah mit aktuellen Informati-
onen lber das Unternehmen zu versorgen und somit eine
angemessene Bewertung der Aktie an der Borse zu gewahr-
leisten. Zu den Kapitalmarktteilnehmern und damit zu den
direkten Ansprechpartnern gehoren beispielsweise Privat-
aktionare, Fondsmanager, Finanzanalysten in Bankhausern
und naturlich auch die Finanzpresse.

Dieser Aufgabe fiihlt sich auch der Vorstand der SUSS Micro-
Tec AG verpflichtet. So besuchten Vorstand und Investor
Relations 2011 insgesamt 14 Kapitalmarktkonferenzen,
darunter acht internationale Konferenzen, und absolvier-
ten elf Roadshows. Dies ist eine deutliche Steigerung im
Vergleich zum Vorjahr, dort waren wir auf funf Kapital-
marktkonferenzen und haben insgesamt acht Roadshows
durchgefihrt.

Die Kapitalmarktkonferenzen fanden beispielsweise in
Frankfurt, Zurich, Genf, Paris, London, San Francisco und
New York statt. Zusatzlich wurde in vielen Einzelgespra-
chen die Gelegenheit zum personlichen Austausch mit
institutionellen Investoren und Analysten genutzt. Anldss-
lich der Veroffentlichung von Quartalsergebnissen fanden
auch im abgelaufenen Geschaftsjahr Telefonkonferenzen
flr Investoren und Analysten statt.

ANALYSTEN-RESEARCH

Mit der DZ Bank AG, der Warburg Research GmbH (vormals
SES Research GmbH), der equinet Bank AG und der GBC
AG Investment Research haben vier Research-Hauser ihre
Berichterstattung des Vorjahres fortgesetzt. Close Brothers
Seydler Research AG hat dann zusatzlich im Januar 20m
eine Coverage der SUSS-Aktie aufgenommen. Im Marz 20m
kam eine weitere Coverage durch die Hauck & Aufhauser
Institutional Research AG in Hamburg hinzu. Im Dezember
2011 haben fuinf von sechs Analysten eine Kaufempfehlung
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fur die SUSS MicroTec-Aktie ausgesprochen. Lediglich ein
Analyst empfiehlt, die Aktie zu halten. Eine Ubersicht tiber
aktuelle Researchstudien zur SUSS MicroTec-Aktie finden
Sie im Internet unter www.suss.com/ir.

AUSGEZEICHNETER GESCHAFTSBERICHT

Im abgelaufenen Geschaftsjahr wurde der Geschaftsbe-
richt der SUSS MicroTec AG bereits zum siebten Mal von der
LACP (League of American Communications Professionals)
ausgezeichnet. In der Wettbewerbskategorie , Technology
— Semiconductors & Equipment” erhielt der Geschafts-
bericht 2010 den ,Silver“-Award und lag damit an dritter
Stelle aller eingereichten Finanzberichte in seiner Branche.

HAUPTVERSAMMLUNG

Am 21. Juni 201 fand die ordentliche Hauptversammlung
der SUSS MicroTec AG im Haus der Bayerischen Wirtschaft
in Minchen statt.Insgesamt waren mehralsi1oo Aktionare,
Aktionars- und Bankenvertreter sowie Gaste der Einladung
des Unternehmens nach Miinchen gefolgt, damit lag die
Besucherzahl uber der des vorangegangenen Jahres. Es
waren somit rund 23 Prozent des Grundkapitals der Gesell-
schaft anwesend. Die Aktionare haben ihre Zustimmung
zu allen Beschlussvorlagen gegeben, die Vorstand und Auf-
sichtsrat auf der Hauptversammlung prasentierten.

Neben der EntlastungvonVorstand und Aufsichtsrat fiirdas
Geschaftsjahr 2010 und der Bestellung des Abschluss- und
Konzernabschlusspriifers stand eine Satzungsanpassung
im Rahmen der geplanten Umstellung auf Namensaktien
zur Abstimmung. Darlber hinaus wurde Beschluss gefasst
uber die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
in Hohe von 6.500.000,00 Euro mit Ermachtigung zu
teilweisem Bezugsrechtsausschluss und entsprechen-
der Satzungsanderung. Ein weiterer Beschluss zu einem
Gewinnabfiihrungsvertrag zwischen der SUSS MicroTec AG
als herrschender Gesellschaft und der SUSS MicroTec Litho-
graphy GmbH als beherrschter Gesellschaft wurde gefasst.
Schlussendlich gab es eine Nachwahl zum Aufsichtsrat.
Gerhard Pegam, ehemals CEO der EPCOS AG, wurde zum
Nachfolger von Sebastian Reppegather gewahlt.
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Corporate Governance

bei SUSS MicroTec

[

DER BEGRIFF CORPORATE GOVERNANCE STEHT
FUR EINE VERANTWORTUNGSBEWUSSTE UND AUF
LANGFRISTIGE WERTSCHOPFUNG AUSGERICHTETE
FUHRUNG UND KONTROLLE DER UNTERNEHMEN.
BEI SUSS MICROTEC ORIENTIEREN WIR UNS

AM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE
KODEX, DER SICH ALS MASSSTAB GUTER
UNTERNEHMENSFUHRUNG IN DEUTSCHLAND
BEWAHRT HAT. EINZELHEITEN HIERZU FINDEN SIE
IN DEM NACHFOLGENDEN BERICHT.

CORPORATE GOVERNANCE-BERICHT

Vorstand und Aufsichtsrat der SUSS MicroTec AG haben
sich auch im abgeschlossenen Geschaftsjahr intensiv mit
dem Thema Corporate Governance auseinander gesetzt.
Das klar definierte Ziel, durch eine verantwortungsbe-
wusste und langfristig ausgerichtete Unternehmens-
flhrung nicht nur den Fortbestand des Unternehmens,
sondern auch eine nachhaltige Steigerung des Unterneh-
menswerts zu erreichen, hat weiterhin einen enorm hohen
Stellenwert im Unternehmen. SUSS MicroTec strebt in sei-
nem unternehmerischen Handeln danach, das Vertrauen,
das uns Anleger, Finanzmarkte, Geschaftspartner, Mitarbei-
ter und die Offentlichkeit entgegenbringen, zu bestatigen
und die Corporate Governance im Konzern fortlaufend
weiterzuentwickeln. Umfangreiche
diesem Thema finden Sie auch auf unserer Website unter
WWW.SUSS.com.

Informationen zu

ENTSPRECHENSERKLARUNG ZUM DEUTSCHEN
CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Vorstand und Aufsichtsrat der SUSS MicroTec AG erkliren
gemald § 161 Abs. 1 AktG:

Die SUSS MicroTec AG hat den Empfehlungen des ,Deut-
sche Corporate-Governance-Kodex“ in der Fassung vom
26.Mai 2010 seit Abgabe der letzten Entsprechenserklarun-
gen vom 2. November 2010 und 28.Juli 2011 mit den folgen-
den funf Ausnahmen - Einladung zur Hauptversammlung,
Briefwahl, Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, Bildung
von Ausschissen und erfolgsorientierte Vergiutung von
Aufsichtsratsmitgliedern — entsprochen und wird ihnen
mit diesen flinf Ausnahmen entsprechen.



Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in
Ziffer 2.3.2 allenin-und auslandischen Finanzdienstleistern,
Aktiondren und Aktionarsvereinigungen, die Einberufung
der Hauptversammlung mitsamt den Einberufungsun-
terlagen auf elektronischem Wege zu ubermitteln, sofern
die Zustimmungserfordernisse erfillt sind. SUSS Micro-
Tec ubermittelt die Einberufung nebst Einberufungs-
unterlagen auf elektronischem Wege nur den Aktionaren,
Aktionarsvereinigungen und Finanzdienstleistern, die dies
verlangen. Eine automatische elektronische Ubermittlung
an alle in Ziffer 2.3.2 Genannten kann nicht erfolgen, da die
SUSS MicroTec AG Inhaberaktien ausgegeben hat und ihr
die Aktionadre und deren Adressen nicht bekannt sind. Nach
Abschluss der von der Hauptversammlung vom 21.Juni 20m
beschlossenen Umstellung von Inhaber- auf Namens-
aktien wird die Gesellschaft priifen, ob dieser Empfehlung
in Zukunft entsprochen werden kann.

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in
Ziffer 2.3.3 Satz 2, dass die Gesellschaft die Aktionare bei
der Briefwahl unterstiitzen soll. Die durch das ARUG eroff-
nete Moglichkeit der Briefwahl ist noch mit zahlreichen
rechtlichen und praktischen Problemen behaftet. Vor die-
sem Hintergrund und in Ansehung des mit der Briefwahl
verbundenen administrativen Aufwands sowie der Mog-
lichkeit, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter auf elektronischem Weg zu bevollmachtigen,
verzichtet SUSS MicroTec einstweilen auf die Anwendung
dieser Empfehlung.

CORPORATE GOVE >> GESCHAFTSBERICHT 201

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt
in Ziffer 3.8 bei Abschluss einer Directors’ and Officers’
Liability Insurance (D&O-Vermogensschadenshaftpflicht-
versicherung) einen der gesetzlichen Regelung fiir Vor-
stande entsprechenden Selbstbehalt fur den Aufsichtsrat
der Gesellschaft zu vereinbaren. Die SUSS MicroTec AG
verfligt bereits seit mehreren Jahren Uber eine D&O-
Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt fir
den Aufsichtsrat. Das verantwortungsvolle Handeln des
Aufsichtsrats wird nach Ansicht von SUSS MicroTec durch
Vereinbarung eines entsprechenden Selbstbehalts nicht
zusatzlich gefordert.

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in
Ziffer 5.3 in Abhangigkeit von den spezifischen Gegeben-
heiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Auf-
sichtsratsmitglieder die Bildung von fachlich qualifizierten
Ausschissen. Da der Aufsichtsrat vond der SUSS Micro-
Tec AG nur aus drei Aufsichtsratsmitgliedern besteht, ist
die Bildung von Ausschiissen, die im Regelfall aus min-
destens drei Mitgliedern bestehen missen, nicht moglich
undim Ubrigen auch nicht erforderlich, da im Plenum eine
intensive und qualifizierte Diskussion stattfinden kann.

In Ziffer 5.4.6 Absatz 2 empfiehlt der Deutsche Corporate
Governance Kodex eine erfolgsorientierte Vergitung von
Aufsichtsratsmitgliedern. Die Verglitung der Aufsichtsrats-
mitglieder ist in § 19 der Satzung festgelegt. Die Satzung
der SUSS MicroTec AG sieht aktuell keine erfolgsorien-
tierte Vergutung des Aufsichtsrats vor. Nach Ansicht der
Gesellschaft wird das verantwortungsvolle Handeln des
Aufsichtsrats durch Vereinbarung einer erfolgsorientierten
Vergiitung von Aufsichtsratsmitgliedern nicht zusatzlich
gefordert.

Der Wortlaut der aktuellen Entsprechenserklarung sowie
alle vorhergehenden Erklarungen zum Kodex sind auf
der Website des Unternehmens unter www.suss.com/ir
veroffentlicht.
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Des Weiteren erfullt die SUSS MicroTec AG freiwillig auch
die nicht obligatorischen Anregungen des Kodex mit den
folgenden Einschrankungen:

>> Abweichend von Ziffer 2.3.3 des Deutschen Corporate
Governance Kodex ist der Stimmrechtsvertreter wahrend
der Hauptversammlung nicht erreichbar, da sich dies mit
vertretbarem finanziellen Aufwand nicht mit der rechtlich
erforderlichen Sicherheit gewahrleisten lasst.

>> |In Ziffer 2.3.4 regt der Kodex an, den Aktionaren der
Gesellschaft die Verfolgung der Hauptversammlung Uber
moderne Kommunikationsmedien (z.B. Internet) zu ermog-
lichen. Im Hinblick auf die zusatzlichen Kosten, die durch
die Nutzung dieser Technologie entstehen konnen, wird
derzeit von der Umsetzung dieser Anregung abgesehen.

>> Da der Aufsichtsrat der SUSS MicroTec AG nicht mit-
bestimmt ist, findet abweichend von Ziffer 3.6 Abs. 1 des
Deutschen Corporate Governance Kodex keine getrennte
Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen statt.

>> AuBerdem werden die sich auf Ausschisse des
Aufsichtsrats und die erfolgsabhangige Vergiitung des
Aufsichtsrats beziehenden Anregungen des Kodex nicht
befolgt, da den diesbezliglichen Empfehlungen nicht ent-
sprochen wird.

HAUPTVERSAMMLUNG

Auf der jahrlich stattfindenden ordentlichen Haupt-
versammlung der SUSS MicroTec AG kdnnen sich unsere
Aktionare mit ihren Fragen zum Unternehmen und zum
Geschaftsverlauf direkt an Vorstand und Aufsichtsrat
wenden. SUSS MicroTec bereitet die Hauptversammlung
stets mit dem Ziel vor, den Aktionaren alle fir sie relevan-
ten Informationen zur Verfligung zu stellen. Die Haupt-
versammlung beschlieft dariiber hinaus unter anderem
uber die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats
sowie uber die Gewinnverwendung.

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den anste-
henden Tagesordnungspunkten sowie die Erlauterung der
Teilnahmebedingungen werden in der Regel fiinf bis sechs
Wochen vor dem Hauptversammlungstermin bekannt
gemacht. Alle Dokumente und Informationen zur Haupt-
versammlung stehen auf der Website der Gesellschaft
zum Download zur Verfligung und kénnen ebenfalls in
Kopie bei der IR-Abteilung angefordert werden. Zudem sind
wir bemiht, den Aktionaren die Ausiibung ihrer Rechte
zu erleichtern. Aktiondre kénnen ihr Stimmrecht in der
Hauptversammlung entweder selbst austiben oder durch
einen Bevollmachtigten ihrer Wahl oder durch einen wei-
sungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
auslben lassen. Die Weisungen zur Stimmrechtsausibung
kénnen vor oder wahrend der Hauptversammlung direkt
vor Ort erteilt werden. Die Prasenz und die Abstimmungs-
ergebnisse zur Hauptversammlung veroffentlichen wir
direkt im Anschluss an die Veranstaltung im Internet.



KOMMUNIKATION UND TRANSPARENZ

Um groBtmogliche Transparenz und Chancengleichheit
fir alle Kapitalmarktteilnehmer zu gewahrleisten, folgt
die Unternehmenskommunikation bei SUSS MicroTec dem
Anspruch, alle Zielgruppen gleichberechtigt und zeitnah zu
informieren. Dazu nutzt das Unternehmen verschiedene
Medien. Neben Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichten
sowie Telefongesprachen, Konferenzen und Roadshows nut-
zen wir insbesondere die Website des Unternehmens, um
Aktionare, institutionelle Investoren, Analysten und sonstige
Interessierte Uber Entwicklungen im Konzern zu informie-
ren. SUSS MicroTec unterrichtet seine Aktiondre im Wesent-
lichen vier Malim Jahr tber die Geschaftsentwicklung sowie
uber die aktuelle Vermégens-, Finanz- und Ertragslage. Sie
kénnen unter www.suss.com/ir neben allen Pflichtpublika-
tionen, die dort in deutscher und englischer Sprache zum
Download bereitgestellt sind, Prasentationen wesentlicher
Veranstaltungen sowie Vorstandsinterviews im Video- oder
Audioformat frei einsehen bzw. abrufen. Uber die wieder-
kehrenden Termine wie den Termin der Hauptversammlung
oder die Veroffentlichungszeitpunkte der Zwischenberichte
unterrichten wir unsere Aktiondre, Analysten und Medien
sowie die interessierte Offentlichkeit zeitnah und regelma-
RBig in einem Finanzkalender, der im Geschaftsbericht, in den
Zwischenberichten sowie auf der Website unserer Gesell-
schaft veroffentlicht ist.

CORPORATE GOVERN >> GESCHAFTSBERICHT 201

ZUSAMMENARBEIT VON VORSTAND UND AUFSICH

Als Aktiengesellschaft (AG) unterliegt SUSS MicroTec
dem deutschen Aktienrecht und verfuigt daher lber eine
zweigeteilte Fihrungs- und Kontrollstruktur, die von den
Mitgliedern des Vorstands und den Mitgliedern des Auf-
sichtsrats wahrgenommen wird. Vorstand und Aufsichtsrat
arbeiten zielgerichtet und effizient zusammen, um — unter
Einhaltung der Interessen unserer Mitarbeiter und unserer
Aktionare — eine nachhaltige Wertsteigerung des Unter-
nehmens voranzutreiben. Die Mitglieder des Vorstands
tragen gemeinsam die Verantwortung fur die gesamte
Geschaftsfuhrung. Ihnen obliegt die Entwicklung der stra-
tegischen Ausrichtung des Unternehmens, sie stimmen
diese mit dem Aufsichtsrat ab und sorgen fiir deren verant-
wortungsvolle Umsetzung.

Der Aufsichtsrat iiberwacht und berat den Vorstand bei der
Flhrung der Geschafte und bestellt die Vorstandsmitglie-
der.Wesentliche Vorstandsentscheidungen — zum Beispiel
Akquisitionen, Desinvestitionen und FinanzmafRnahmen —
sind an die Zustimmung des Aufsichtsrats gebunden. Der
Aufsichtsrat der SUSS MicroTec AG ist nicht mitbestimmt,
und es wurden keine Ausschisse gebildet, daher ist Uber
die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Ausschiisse
nicht zu berichten.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten im Interesse des
Unternehmens und mit dem gemeinsamen Ziel, den
Unternehmenswert nachhaltig zu steigern, stets sehr
eng zusammen. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat
regelmaliig, zeitnah und umfassend uber die Geschafts-
politik sowie alle fur das Unternehmen relevanten Fragen
der Planung, der Geschaftsentwicklung, der Risikolage und
des Risikomanagements. Abweichungen des Geschafts-
verlaufs von den aufgestellten Planen und Zielen werden
dabei erldutert und begrindet.
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Wie es der Deutsche Corporate Governance Kodex vorsieht,
gehort dem Aufsichtsrat der SUSS MicroTec AG mit Dr.
Stefan Reineck nicht mehr als ein ehemaliges Vorstands-
mitglied an, womit eine unabhingige Beratung und Uber-
wachung des Vorstands gewahrleistet ist. Berater- oder
sonstige Dienstleistungs- und Werkvertrage zwischen
Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft bestan-
den auch im Berichtsjahr 2011 nicht. Interessenkonflikte
von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem
Aufsichtsrat unverziglich offenzulegen sind, traten im
Geschaftsjahr 2011 nicht auf.

ZIELE DES AUFSICHTSRATS HINSICHTLICH SEINER
ZUSAMMENSETZUNG

Durch die Kompetenzvielfalt der Mitglieder des Aufsichts-
rats sollen ein breites Erfahrungsspektrum und unter-
schiedliche Sichtweisen zum Nutzen von SUSS MicroTec
eingebracht werden.

Die SUSS MicroTec AG ist ein auf den Weltmarkt ausge-
richtetes, technologieorientiertes Unternehmen, das sich
in einem sehr dynamischen und technologisch anspruchs-
vollen Umfeld behaupten und entwickeln muss. Daher sind
im Aufsichtsrat technologisches Beurteilungsvermégen
und einschlagige Marktkenntnisse im internationalen
MafRstab erforderlich.

Folglich ist es das Ziel des Aufsichtsrats, neben dem Finanz-
experten erfahrene Personlichkeiten zu gewinnen, die
diese Bereiche abdecken. Fur die technologische Exper-
tise sind relevante Kenntnisse der Halbleiter- und halb-
leiternahen Industrie und deren Equipment-Industrie von
besonderer Bedeutung. Um Trends und Entwicklungen in
unseren sehr dynamischen Markten vorausschauend und
zuverldssig beurteilen zu kénnen, sollten im Aufsichtsrat
internationale Erfahrung und moglichst aktive Verbin-
dungen vertreten sein. Mit der Wahl von Gerhard Pegam
ist dem Aufsichtsrat weitere Kompetenz, insbesondere
aus der internationalen Technologiebranche, hinzugeflgt
worden.

Zusatzlich zu diesen genannten wichtigen Kompetenzen
erwartet das Unternehmen von erfolgreichen Aufsichts-
ratsmitgliedern und -kandidaten eine breite Erfahrung
in anderen Bereichen, die moglichst erganzend zu einer
optimalen Besetzung des Aufsichtsrats beitragen. Dazu
gehoren Kenntnisse und Erfahrungen bezuglich strate-
gischer Unternehmensentwicklung inklusive Mergers &
Acquisitions, des Kapitalmarktes und der Kapitalmarkt-
kommunikation, der Rekrutierung von Fihrungskraften
und moderner Vergltungsmodelle flr alle Ebenen sowie
eine erhohte Sensibilitat fur o6konomisch-ckologische
Grundsatzfragen.

Abhangig von der aktuellen Unternehmenssituation kann
es sinnvoll sein, die Gewichte der einzelnen Kriterien neu
zu bewerten und der Hauptversammlung entsprechende
Veranderungen
beobachtet der Aufsichtsrat die Unternehmenssituation,
bewertet die Aufsichtsratsbesetzung einmal jahrlich im
Vorfeld der Hauptversammlung und gibt der Hauptver-
sammlung eine Einschatzung zur kompetenten Besetzung
des Aufsichtsrats.

im Aufsichtsrat vorzuschlagen. Dazu

Beider Besetzung des Aufsichtsrats sollen zukiinftig Frauen
mit groerer Aufmerksamkeit berlcksichtigt werden, um
eine angemessene Frauenbeteiligung zu erreichen, ohne
dass Aufsichtsrat und Vorstand die Festschreibung einer
Quote derzeit fir sinnvoll halten.

Die Altersgrenze fur Aufsichtsratsmitglieder liegt bei
71Jahren.Interessenkonflikte werden bei der Besetzung des
Aufsichtsrats vermieden, indem die Kandidaten bereits im
Vorfeld einer Wah! Negativerklarungen abgeben. Sollte es
wahrend einer Wahlperiode zu potenziellen oder tatsach-
lichen Konflikten kommen, dann fiihren entsprechende
Regelungen zu deren Offenlegung und zu einer angemes-
senen Behandlung im Plenum des Aufsichtsrats.



VERANDERUNGEN IM VORSTAND UND AUFSICHTSRAT
Im abgelaufenen Geschaftsjahr hat es keine Veranderung
im Vorstand der SUSS MicroTec AG gegeben.

Der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschafts-
jahr in seiner Zusammensetzung verandert. Sebastian
Reppegather hat sein Amt als Aufsichtsrat mit Wirkung
zum Ablauf der Hauptversammlung vom 21. Juni 20m
niedergelegt. Bis zum Ende der regularen Amtszeit von
Herrn Reppegather wurde Gerhard Pegam, ehemals Vor-
standsvorsitzender der EPCOS AG, in den Aufsichtsrat der
SUSS MicroTec AG gewahlt.

DIRECTORS DEALINGS 2011
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AKTIENGESCHAFTE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach
§15a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) gesetzlich ver-
pflichtet, den Erwerb oder die Verduf3erung von Aktien der
SUSS MicroTec AG oder sich darauf beziehenden Finanz-
instrumenten offenzulegen, soweit der Wert der von dem
Mitglied und ihm nahestehenden Personen innerhalb
eines Kalenderjahres getatigten Geschafte die Summe von
5.000 Euro erreicht oder Ubersteigt.

Der SUSS MicroTec AG wurden im abgelaufenen Geschafts-
jahr folgende Geschafte gemeldet:

Datum der Kaufer/ Art und Ort Kurs / Preis Gesamtvolumen
Transaktion Verkaufer der Transaktion Anzahl in Stiick in€ in€
31.03.20M Michael Knopp Verkauf Giber XETRA 5.000 11,95 59.750,00
31.03.2011 Michael Knopp Verkauf tiber XETRA 5.000 1,75 58.726,30
31.03.20M Michael Knopp Verkauf Giber XETRA 7500 11,83 88.720,36
31.03.20M Michael Knopp Verkauf tiber XETRA 5.000 11,90 59.500,00
31.03.20M Michael Knopp Verkauf Giber XETRA 5.000 1,76 58.795,90
22.06.20M1 Michael Knopp Erwerb durch Optionsausiibung, 56.100 1,30 72.930,00
aufRerborslich
22.06.20M Michael Knopp Verkauf, auBerborslich 35.000 8,90 311.500,00
22.06.20M Frank Averdung Erwerb durch Optionsausiibung, 67.500 1,30 87.750,00
auferborslich
22.06.2011 Frank Averdung Verkauf, aulRerborslich 32,500 8,90 289.250,00
28.06.20M Michael Knopp Kauf, XETRA* 2.500 8,89 22.233,62
29.06.20M Michael Knopp Kauf, XETRA* 1.400 9,92 13.888,66
04.07.20M Frank Averdung Kauf, XETRA* 347 10,27 3.563,69
04.07.20M Frank Averdung Kauf, XETRA* 2.715 10,27 27.883,05
04.07.20M Frank Averdung Kauf, XETRA* 1.438 10,27 14.768,26
05.08.201 Michael Knopp Kauf, Borse Frankfurt 3.000 6,30 18.900,00
05.08.201 Michael Knopp Kauf, Borse Frankfurt 5.000 6,40 32.000,00
05.08.201 Michael Knopp Kauf, Borse Stuttgart 2.000 6,30 12.600,00
15.08.20M Michael Knopp Verkauf, XETRA 10.000 8,06 80.570,00

* Aktienerwerb wegen Verpflichtung im Rahmen variabler Vorstandsvergiitung
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Samtliche Geschaftewurdenauch aufderWebsite des Unter-
nehmens unter www.suss.com/de/investor-relations/cor-
porate-governance/ directors_dealings verdffentlicht.

AKTIENOPTIONSPROGRAMME

Die SUSS MicroTec AG sieht in der Aufstellung von Aktien-
optionsplanen ein wichtiges Element in der Mitarbei-
terbeteiligung an dem Erfolg des Unternehmens sowie
die Moglichkeit, Fihrungskrafte langfristig an das Unter-
nehmen zu binden. Die Gesellschaft verfligt derzeit tUber
zwei Aktienoptionsprogramme. Die Optionen kénnen an
Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschaftsfiihrung
von nachgeordneten verbundenen Unternehmen i.S. der
§§15 ff. AktG sowie an Fuhrungskrafte der SUSS Micro-
Tec AG und mit ihr verbundener nachgeordneter Unterneh-
men i.S. der §§ 15 ff. AktG ausgegeben werden.

Zu Beginn des Geschaftsjahres 2011 standen unter dem
von der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 beschlos-
senen Aktienoptionsprogramm 2005 insgesamt 294.800
Optionen aus, wobei eine Ausgabe von Optionen unter
diesem Programm nur bis zum 31. Dezember 2009 mog-
lich war. Insgesamt sind 108.000 Optionen des Aktien-
optionsprogramms 2005 im Geschaftsjahr 2011 verfallen.
Optionen aus diesem Programm wurden im Geschaftsjahr
2011 nicht ausgelibt. Die Anzahl der noch ausstehenden
Optionen betrug zum Ende des Geschaftsjahres 186.800
Stlick, davon wurden insgesamt 70.000 an Mitgliedern des
Vorstands ausgegeben. Die ausgegeben Optionen konnen
nach Ablauf der zweijahrigen Wartezeit ausgetibt werden,
sofern eines der nachfolgend beschriebenen Erfolgsziele
erreicht wird: (i) der Bérsenkurs der SUSS MicroTec-Aktie
ist im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausubung der
Optionen um durchschnittlich 7,5 Prozent p. a. gestiegen
und der Borsenkurs der Gesellschaft hat sich in diesem
Zeitraum gleich oder besser entwickelt als der TecDax
oder (ii) der Borsenkurs der SUSS MicroTec-Aktie ist im
Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausibung der Optionen
um durchschnittlich zehn Prozent p. a. gestiegen. Die Aus-
ubungs- bzw. Bezugspreise betragen 8,39 Euro fiir 156.800
am 23. Mai 2007 und 8,42 Euro flir 30.000 am 22. August

2007 ausgegebene Optionen. Die Auslbungsfrist endet
flinf Jahre nach der Ausgabe der Optionen.

Zu Beginn des Geschaftsjahres 2011 standen unter dem
von der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 beschlos-
senen Aktienoptionsprogramm 2008 insgesamt 402.000
Optionen aus. Im Berichtsjahr 2011 wurden o Optionen
an Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Insgesamt sind
7.500 Optionen des Aktienoptionsprogramms 2008 im
Geschaftsjahr 2011 verfallen und 379.990 Optionen sind
ausgeiibt worden. Am Ende des Geschaftsjahres 20m
standen noch 14.510 Optionen aus dem Aktienoptions-
programm 2008 aus. Davon wurden insgesamt 11.400
Optionen an Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Die
ausgegebenen Optionen kdnnen nach Ablauf der zweijah-
rigen Wartezeit ausgetibt werden, sofern folgende Erfolgs-
ziele erfiillt sind: (i) der Bérsenkurs der SUSS MicroTec-Aktie
im Zeitraum zwischen Ausgabetag und dem ersten Tag des
Ausubungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgelibt
wird, um mindestens 0,625 Prozent pro vollem Kalender-
monat gestiegen und der Bérsenkurs der SUSS MicroTec-
Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDax
entwickelt hat oder (ii) der Bérsenkurs der SUSS MicroTec-
Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und dem ersten
Tag des Ausubungszeitraums, in dem die Aktienoption
ausgelbt wird, um mindestens 0,833 Prozent pro vollem
Kalendermonat gestiegen ist. Zusatzlich zu den Erfolgs-
zielen (i) und (i) muss der Borsenkurs der SUSS MicroTec-
Aktie fur die Auslbungszeitraume, die innerhalb der
ersten 36 Monate der Laufzeit der Aktienoptionen liegen,
wahrend der Laufzeit bis zum ersten Tag des Ausiibungs-
zeitraumes, mindestens einmal bei 5,00 Euro, fir die Aus-
tbungszeitraume, die zwischen dem 37. Monat bis zum 48.
Monat liegen, mindestens einmal wahrend der Laufzeit
bei 5,75 Euro und fir Austibungszeitraume, die zwischen
dem 49. Monat und dem 60. Monat liegen, mindestens
einmal wahrend der Laufzeit bei 6,60 Euro gelegen haben.
Die Ausiibungs- bzw. Bezugspreise betragen 1,30 Euro fir
14.510 am 14. April 2009 ausgegebene Optionen.



RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRUFUNG

SUSS  MicroTec erstellt den Konzernabschluss sowie
die Zwischenberichte nach den International Financial
Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europaischen
Union flr borsennotierte Gesellschaften anzuwenden
sind. Der Einzelabschluss der SUSS MicroTec AG wird nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Am 21. Juni 201 bestellte die Hauptversammlung fiir das
Geschaftsjahr 2011 die KPMG AG Wirtschaftsprifungs-
gesellschaft, Miinchen, zum Abschlusspriifer und Konzern-
abschlussprifer der SUSS MicroTec AG. Als Nachweis seiner
Unabhangigkeit hat der Abschlussprifer gegenliber dem
Aufsichtsrat eine Unabhangigkeitserklarung abgegeben.
Des Weiteren wurde mit dem Abschlussprifer vereinbart,
dass dieser den Aufsichtsrat Uber alle wesentlichen Fest-
stellungen und Vorkommnisse informiert, die sich bei der
Durchfuhrung der Abschlussprifung ergeben.

Die im Geschaftsjahr 2011 amtierenden Mitglieder des
Vorstands und des Aufsichtsrats der SUSS MicroTec AG
besitzen zum Geschaftsjahresende am 31. Dezember 201
folgende Anzahl an Aktien und Bezugsrechten:

BESITZ VON AKTIEN UND BEZUGSRECHTEN
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VERGUTUNGSBERICHT

SUSS MicroTec legt die Vorstandsvergiitung bereits seit
mehreren Jahren individualisiert offen. Ziel des Sys-
tems der Vorstandsvergiitung bei SUSS MicroTec ist es,
einen Anreiz fur die langfristige und auf Nachhaltigkeit
angelegte Unternehmensfiuhrung zu setzen. Besondere
Leistungen sollen besonders vergltet werden, aber auch
Zielverfehlungen mussen zu einer splrbaren Verringerung
der Vergltung flhren, dariber hinaus muss sich die Ver-
gutung an der GrofRe und der wirtschaftlichen Lage des
Unternehmens orientieren.

Fir die Festlegung der Vorstandsvergitung ist der Auf-
sichtsrat zustandig. Das Aufsichtsratsplenum beschlief3t
und Uberprift auf regelmaRiger Basis das Vergi-
tungssystem fir den Vorstand und beschlieft lber die
Vorstandsvertrage.

Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit der Ausrichtung
der Vorstandsvergutung an einer nachhaltigen Unterneh-
mensfiuhrung befasst. Hierzu wurde auch ein externer
Vergitungsberater hinzugezogen.

Anzahl der Aktien zum

Veranderung gegeniiber

Anzahl der Aktienoptionen zum  Veranderung gegeniiber

31.12.20M 31.12.2010 31.12.201 31.12.2010
Aufsichtsrat
Dr. Stefan Reineck 9.600 40.000
Jan Teichert 0 0
Sebastian Reppegather 0 0
Gerhard Pegam 0 0
Vorstand
Frank Averdung 82.000 +39.500 -67.500
Michael Knopp 35.000 -2.500 41.400 -56.100
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Die Gesamtvergutung der Vorstandsmitglieder besteht
auserfolgsunabhangigen underfolgsbezogenenVergiitungs-
bestandteilen.

Feste Vergiitung

Die Hohe der Festbeziige wird in erster Linie von der tber-
tragenen Funktion bzw. der Verantwortung bestimmt. Die
erfolgsunabhangigen Teile der Verglitung bestehen aus
dem Grundgehalt sowie Nebenleistungen in Form eines
Dienstwagens und Zuschissen zur Krankenversicherung
sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Darliber hinaus
sind den Mitgliedern des Vorstands Versorgungszusagen
(Alters-, Berufsunfahigkeits- und Witwenrente) in Form
von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherungen)
gemacht worden.

Erfolgsbezogene Vergiitung
Die erfolgsbezogene Vergutung besteht aus einer variab-
len Vergitung und einer aktienbasierten Vergiitung.

Variable Vergiitung

Fir das Geschdftsjahr 2011 ist die variable Vergltung
auf maximal 100 Prozent der Festverglitung zu Beginn
dieses Geschaftsjahrs begrenzt. Mit Wirkung ab dem
1. Januar 2012 kann die variable Vergitung hochstens
150 Prozent der Festverglitung zu Beginn des betreffenden
Geschaftsjahres betragen. 70 Prozent der variablen Vergi-
tung bestimmen sich nach quantitativen und 30 Prozent
nach qualitativen Kriterien.

An quantitativen Zielen orientierte variable Vergiitung
(variable Vergiitung A)

Die quantitativen Kriterien (Auftragseingang, Umsatz,
EBITDA und Free Cashflow) werden fir jeweils ein
Geschaftsjahr vom Aufsichtsrat festgelegt. Werden diese
Ziele zu 70 Prozent oder weniger erreicht, entfallt diese
Vergltungskomponente. Bei einer Zielerreichung von
130 Prozent ist der Maximalbetrag erreicht. Betragt der
Zielerreichungsgrad fir ein bestimmtes Ziel zwischen
70 Prozent und 130 Prozent, ist der entsprechende antei-
lige Betrag an der variablen Verglitung im Verhaltnis zum
Zielerreichungsgrad zu ermitteln.

Die an quantitativen Kriterien orientierte Vergltung wird
jahrlich ermittelt. Im Interesse einer Forderung der lang-
fristigen Unternehmensentwicklung steht den Vorstands-
mitgliedern aber nur die Halfte der variablen Vergilitung
A endgiltig zu. In Bezug auf die andere Halfte des Aus-
zahlungsbetrags (,Vorbehaltshalfte”) ist das Vorstands-
mitglied verpflichtet, in dem ersten Handelsfenster nach
Auszahlung des Auszahlungsbetrags Aktien der Gesell-
schaft zu erwerben und fir eine Sperrfrist von drei Jahren,
gerechnet ab dem letzten Tag des Handelsfensters, in dem
die Aktien erworben wurden, in einem auf seinen Namen
lautenden Depot zu halten. Fir das Bezugsjahr 2010 ist
der Erwerb der Aktien der Gesellschaft wahrend des Han-
delsfensters nach der ordentlichen Hauptversammlung im
Juni/Juli 20m erfolgt.



An qualitativen Zielen orientierte variable Vergiitung
(variable Vergiitung B)

30 Prozent der variablen Vergiitung entfallen auf mehr-
jahrige, nachhaltige und qualitative Ziele, die fir einen
Zeitraum von regelmaRig drei Geschaftsjahren festgelegt
werden. Dabei sind fur die jeweiligen Geschaftsjahre
Zwischenziele (,Milestones*) zu definieren, die in den ein-
zelnen Geschaftsjahren erreicht werden sollen. Erstmalig
erfolgt eine Festlegung der Milestones fiir die Geschafts-
jahre 2010 bis 2012. Der Aufsichtsrat legt nach Abschluss
eines Geschaftsjahres und nach Anhorung des Vorstandes
durch Beschluss den Zielerreichungsgrad in Bezug auf die
flir die Ziele vereinbarten jeweiligen Milestones zwischen
70 und 130 Prozent vorlaufig fest. Abhangig vom festgeleg-
ten Zielerreichungsgrad fur die jeweiligen Milestones wird
der Anteil an der variablen Vergiitung fiir das jeweilige
Geschaftsjahr festgelegt. Dieser Anteil wird zu 50 Prozent
als Vorschuss ausgezahlt und zu 50 Prozent auf das Ver-
rechnungskonto fur die variable Vergltung als vorlaufiges
Guthaben vorgetragen. Nach Ablauf der Gesamtlaufzeit
der mehrjahrigen Ziele wird der Aufsichtsrat fur diese Ziele
insgesamt in einer Bandbreite von 70 bis 130 Prozent den
Grad der Zielerreichung fiir die jeweiligen Ziele abschlie-
Rend feststellen. Fir die endgliltige Berechnung der vari-
ablen Vergltungsanteile flr die in die Gesamtlaufzeit

VORSTANDSVERGUTUNG 2011
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fallenden Geschaftsjahre sind nur diese abschliefend
festgestellten Zielerreichungsgrade malgeblich, bezogen
auf den Mittelwert der Maximalbetrdge der betreffenden
Geschaftsjahre. Die zuvor festgestellten Zielerreichungs-
grade hinsichtlich der Milestones dienen nur der Bemes-
sung der entsprechenden Vorschusszahlung.

Aktienbasierte Vergiitung

Zweites Element der erfolgsabhangigen Vergitung ist eine
am langfristigen Erfolg des Unternehmens ausgerichtete
aktienbasierte Vergltung bestehend aus Aktienoptionen.
Die Aktienoptionsprogramme sind auf den Seiten 34 dieses
Geschaftsberichts beschrieben.

Abfindungen

In Vorstandsvertragen ist fiir den Fall, dass die Vorstands-
tatigkeit ohne wichtigen Grund vorzeitig endet, eine
Ausgleichszahlung vorgesehen. Diese ist auf maximal
zwei Jahresvergutungen einschlief3lich Nebenleistungen
begrenzt (Abfindungs-Cap) und vergltet nicht mehr als
die Restlaufzeit des jeweiligen Anstellungsvertrags. Eine
Zusage flr Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendi-
gung des Vorstandstatigkeit infolge eines Kontrollwech-
sels (,Change of control“-Regelung) ist in den bestehenden
Vorstandsvertragen nicht enthalten.

Im Geschéftsjahr 2011 hat die SUSS MicroTec AG folgende
Vergitungen an die Vorstandsmitglieder gezahlt:

Variable Vergiitung

Aufwand fiir

Grundgehalt fiir 2010 Aktienoptionen Sonstige Leistungen Altersversorgung
Vorstand in €* in€ in Stlick in€* in€
Frank Averdung 265.601,52 189.550,51 6.567,00 2.148,00
Michael Knopp 227.470,24 151.640,41 6.567,00 2148,00

* Im Grundgehalt enthalten sind jeweils Zuschiisse zur Krankenversicherung sowie ein Firmenwagen mit privater Nutzungsmaglichkeit

** Zuschuss zur freiwilligen Rentenversicherung

Ergdnzend verweisen wir auf die Angaben im Anhang.
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Vergiitung des Aufsichtsrats

Die Vergutung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der
SUSS MicroTec AG geregelt. Neben der Erstattung ihrer Aus-
lagen und einem Sitzungsgeld von 1.500,00 Euro pro Sitzung
erhalt jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergiitung, die
sich an der Verantwortung und dem Tatigkeitsumfang der
Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhalt der Vor-
sitzende des Aufsichtsrats 45.000,00 Euro, sein Stellvertreter
40.000,00 Euro und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats
35.000,00 Euro pro Geschaftsjahr als feste Verglitung. Die
Mitglieder des Aufsichtsrats haben der Gesellschaft den
rechnerischen Pro-Kopf-Anteil der von der Gesellschaft
gezahlten D&O-Versicherungspramie erstattet.

AUFSICHTSRATSVERGUTUNG 2011

Im Geschaftsjahr 2011 haben weder die ausgeschiedenen
noch die aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats eine Ver-
gutung bzw. Vorteile fiir personlich erbrachte Leistungen,
insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen,
erhalten.

Abzug fiir anteilge D&O-

Vergiitung Sitzungsgeld Auslagenersatz Versicherungspramie
Aufsichtsrat in€ in€ in€ in€
Dr. Stefan Reineck
(Aufsichtsratsvorsitzender) 45.000,00 13.500,00 7.352,44 2.174,45
Jan Teichert
(Stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender) 40.000,00 13.500,00 295,65 1.08723
Sebastian Reppegather 17.500,00 4.500,00 5.292,66 362,41
Gerhard Pegam 17.500,00 6.000,00 83,00 362,41




ORGANE

Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats und deren

Mandate:

>3

>3

>3

>3

>3

>3
>3

>3

VDMA Fachverband Productronic, Frankfurt am Main
(Stellvertretender Vorstandsvorsitzender)

AttoCube Systems AG, Miinchen

(Vorsitzender des Aufsichtsrats)

NanoScape AG, Minchen

(Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Phoseon Technology Inc., Hillsboro, OR / USA
(Mitglied im Board of Directors)

Bosch Solar CISTech GmbH, Brandenburg an der
Havel (Mitglied im Beirat)

Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)
Geschaftsfiihrender Gesellschafter der RMC
Dr.Reineck Management & Consulting GmbH,
Kirchardt

Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG

CORPORATE GOVERN >> GESCHAFTSBERICHT 201

(im Aufsichtsrat seit 21. Juni 2011)

>3

>3

>3

Vorstandsvorsitzender EPCOS AG, Miinchen

(bis 31.01.2012)

TDK-EPC Corporation, Tokio, Japan (bis 31.01.2012)
(Mitglied des Board of Directors)

OC Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)

sowie folgende Tochtergesellschaften der EPCOS AG:
(bis 31.01.2012)

>3

>3

>3

>3

>3

>3

EPCOS (Shanghai) Ltd., Shanghai, Volksrepublik China
(Vorsitzender des Board of Directors)

EPCOS (China) Investment Ltd., Shanghai, Volksrepub-
lik China (Vorsitzender des Board of Directors)

EPCOS Limited, Hong Kong, Volksrepublik China
(Vorsitzender des Board of Directors)

EPCOS Inc., Iselin, New Jersey, USA

(Vorsitzender des Board of Directors)

Becromal S.p.A., Mailand, Italien

(Vorsitzender des Board of Directors)

Becromal Iceland ehf, Akureyri, Island

(Vorsitzender des Board of Directors)

(im Aufsichtsrat bis 21. Juni 20m)

>3
>3

>3

Fidinam S.A., Lugano, Schweiz (Investment Director)
Sterling Strategic Value Limited,

Tortola, British Virgin Islands

(Mitglied im Board of Directors)

International Equity Development S.L,,

Barcelona, Spanien
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Konzernlagebericht
und Lagebericht

der SUSS MicroTec AG fiir das Geschaftsjahr 2011
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KONZERNSTRUKTUR UND
GESCHAFTSTATIGKEIT

Der SUSS MicroTec-Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt
Anlagen fir die Herstellung von Mikroelektronik und Mikro-
systemtechnik. Als Zulieferer von Systemlosungen fir die
Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der
Halbleiterindustrie fiir den Labor- und den Produktionsbereich
tatig. Wachstumsstarke Spezialmarkte bilden die Tatigkeits-
schwerpunkte und férdern die innovative Technologieentwick-
lung mit langfristigem Erfolgspotenzial fir zukunftsorientierte
Markte und Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau-
und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in
der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen
Datenubertragung.

KONZERNLAGEBERICHT >3 GESCHAFTSBERICHT 2011

GroRere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren
Einzelgeraten, wo fir die SUSS MicroTec-Gruppe mit internen
und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbe-
werbsvorteilen bildet und nutzt.

Der Konzern ist zum 31. Dezember 2011 in vier Segmente ein-
geteilt, wobei das Segment ,Sonstige” aus mehreren kleineren
Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden. Durch
die Akquisition der HamaTech APE wurde im Geschaftsjahr 2010
ein neues Segment — Fotomasken Equipment — geschaffen.

>> KONZERNHOLDING

>> SEGMENT FOTOMASKEN >> SEGMENT LITHOGRAFIE

EQUIPMENT

>> SEGMENT SUBéTRAT BONDER > SEGMENT SONSTIGE
FOTOMASKEN
MIKROOPTIK
C4NP

KONZERNHOLDINC

4
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Rechtliche Konzernstruktur

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesell-
schaft, der SUSS MicroTec AG als Management- und Finanzie-
rungsholding, sowie den in der Regel mehrheitlich in Besitz
der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In
den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Pro-
duktionstatigkeiten oder auch lokale Vertriebstatigkeiten fir
den Konzern organisiert. Die Gruppe verfugt iiber Standorte in
Deutschland, den USA, GroRbritannien, Frankreich, der Schweiz,
Japan, China, Singapur, Korea und Taiwan.

Daneben besteht noch eine geringfligige Beteiligung von 10 %
an der ELECTRON MEC S.R.L, Mailand (IT). Diese geringfiigige
Beteiligung hat nur unwesentliche Bedeutung fiir das operative
Geschaft des Konzerns.

SUSS MicroTec AG,
Garching (DE)

100%

100%

< - SUSS MicroTec (Taiwan)
g - - Company Ltd., Hsin Chu (TW)
53,1% |
HUGLE Li 100% i
ithographyinc, i T > SUSS MicroTec Company Ltd.,
San José (US) Shanghai (CN)
100%
........................... PGl SUSS MicroTec Korea Company Ltd.,
100% Seoul (ROK)
_ < ...............................
.......... 1 0.9%...>
HamaTech APE Beteiligungs GmbH, 4100% __________ Yokohama (IP)
Sternenfels (DE)
SUSS MicroTec (Singapore) Pte Ltd.,
Singapur
100 %
‘. ...............................
_________ 100%» SUSS MicroTec Ltd.,
Coventry (GB)
85%
< 100% SUSS MicroTec S.A.S.,
........................... > Lyon (FR)
100%

@ Muttergesellschaft 7 Produktion

@ Vertrieb Sonstige / Nonoperating

SUSS MicroTec Inc., .
........................... > Sunnyvale (US)

100%

SUSS MicroTec Precision
Photomask Inc., Sunnyvale (US)



Vergtitungsstruktur fiir die Organmitglieder

Der Vorstand erhalt fir seine Tatigkeit eine monatliche Fest-
vergutung sowie eine variable Vergitung, die bei Erreichen
individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In den Festbezligen
enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens
mit privater Nutzungsmoglichkeit und Zuschisse zur Kranken-
versicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die
Hohe der Festbeziige wird in erster Linie von der iibertragenen
Funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Den Mitgliedern des
Vorstands sind zusatzlich Versorgungszusagen in Form von
Direktversicherungen gemacht worden. Die variable Verglitung
enthalt kurzfristige und auch langfristige Komponenten, nahere
Hinweise hierzu sind im Vergttungsbericht zu finden. Neben
diesen festen und variablen Vergiitungskomponenten erhalten
die Mitglieder des Vorstands in unregelmaRigen Abstanden eine
dritte,am langfristigen Unternehmenserfolg orientierte aktien-
basierte Verglitung bestehend aus Aktienoptionen gemal} dem
jeweils gultigen Aktienoptionsprogramm.

Die Vergltung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der
SUSS MicroTec AG geregelt. GemaR § 19 der Satzung erhalten
die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Vergiitung: Neben
der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von
1.500 € pro Sitzung erhalt jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste
Verguitung, die sich an der Verantwortung und dem Tatigkeits-
umfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhalt
der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000 €, sein Stellvertreter
40.000 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000 €
pro Geschaftsjahr als feste Vergiitung.

KONZERNLAGEB >> GESCHAFTSBERICHT 201

UNTERNEHMENSSTEUERUNG,
ZIELE UND STRATEGIE

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere an
Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen
Segmente. Die Leistungsfahigkeit der Segmente wird dabei
vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertrags-
marge (Umsatz abziglich der Herstellungskosten) sowie des
Segmentergebnisses gemessen. Die Darstellung des Segment-
ergebnisses enthalt auch Ertrage und Aufwendungen aus der
Fremdwahrungsumrechnung und aus Anlagenabgangen.
In der Summe entsprechen die Ergebnisse der Segmente dem
operativen Ergebnis (EBIT) des Konzerns.

Weitere Steuerungskennzahl ist die Nettoliquiditat (flussige
Mittel zuzlglich verzinslicher Wertpapiere und abzuglich
Finanzschulden), die eine wesentliche SteuerungsgroRe fir die
Finanzierungsfunktion der Holding darstellt.

SUSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Spezialmérkte
in der Industrie der Halbleiterausriister als Strategie. Ziel ist es
durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top 3-Anbie-
ter in den relevanten Markten zu agieren. Partnerschaften mit
flhrenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen
sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunftstrachtige
Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Poten-
ziale fr SUSS MicroTec Uberpriift werden. Im Vordergrund steht
dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technolo-
gien oder sinnvoller Komplementarprodukte wird auch externes
Wachstum in Betracht gezogen.
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FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Schneller, schlanker, leistungsfahiger — malRgeschneiderte
Losungen fiir Kunden sind die Basis unseres langjahrigen
Geschaftserfolgs. Um in der von Fortschritt und Innovation
gepragten Halbleiterbranche und deren anverwandten Markten
weiterhin erfolgreich sein und wachsen zu kénnen, haben wirim
abgelaufenen Geschaftsjahr unsere Anstrengungen im Bereich
Forschung und Entwicklung ausgeweitet. Aus diesem Grund lag
der Aufwand fur Forschung und Entwicklung im abgelaufenen
Geschaftsjahr bei 12,9 Mio. €, nach 6,8 Mio. € im Vorjahr. Alle
Produktlinien haben von unseren gesteigerten Entwicklungs-
aktivitaten und einer regen Zusammenarbeit mit fihrenden
Forschungseinrichtungen und Universitaten profitiert.

Wir haben im abgelaufenen Geschaftsjahr konsequent die
Einflhrung einer spartenlbergreifenden Entwicklungsor-
ganisation umgesetzt und die Prozesse auf hochstmogliche
Geschwindigkeit und Effizienz ausgerichtet. Die wichtigsten
Entwicklungsprojekte der einzelnen Produktlinien werden im
Folgenden kurz vorgestellt.

Acht Produktneueinfiihrungen im Lithografiebereich erweitern
das Produktportfolio der manuellen Maschinen.

Mit SELECT hat SUSS MicroTec eine innovative Zukunftstechno-
logie vorgestellt, die das Anwendungsspektrum des Mask Alig-
ners MA/BAS8 Gen3 erweitert. Die SELECT-Plasmabehandlung
ermoglicht die gezielte selektive Veranderung von mikrometer-
kleinen Bereichen auf Materialoberflachen.Vollig neue Moglich-
keiten fir die Gestaltung und Herstellung von Bauelementen
werden so erdffnet, insbesondere bei MEMS-Anwendungen
wie z. B. mikrofluidischen Kanalen, Biochip-Produktion oder
Solartechnik.

Bei der Nanoimprintlithografie mit SCIL (Substrate Confor-
mal Imprint Lithography) wird mit Hilfe eines patentierten
Verfahrens ein vollflachiger Abdruck eines Stempels auf dem
Wafer erzeugt. Die neue 200mm-SCIL-Option erméglicht die
vollflachige Herstellung von Nanostrukturen kleiner als sonm
StrukturgroRe auf WafergroRen bis zu 20omm Durchmesser.

Die neue Generation des hochprazisen Alignment-Vermes-
sungstools DSM200 Gen2 prasentiert ein modernes Gerate-
konzept. Erweiterte Moglichkeiten zur Infrarot-Vermessung und
die verbesserte Ergonomie und Bedienfreundlichkeit sprechen
besonders Kunden im Bereich der 3D-Integration an.

Ein vollig neuer manueller Coater flir 200mm-Wafer, die RCDS,
vereint erstmals Resistbelackung und -entwicklung in einem
Gerat und schafft so deutliche Kostenvorteile fiir unsere insti-
tutionellen Kunden. Durch die einheitliche Technologieplattform
mit zukinftigen automatischen 20o0mm-Systemen, kann der
Kunde entwickelte Prozesse zudem leicht in die spatere Serien-
fertigung tberfihren.

Der neue AltaSpray12 ist der groRe Bruder des erfolgreichen
200mm-Spraycoaters Delta AltaSpray. So steht erstmals eine
manuelle 30o0mm-Version flir das Spraycoaten zur Verfi-
gung, das besonders fur Substrate mit signifikanter Topogra-
fie, z.B. fiir zahlreiche MEMS-Technologien und im Advanced
Packaging-Bereich Verwendung findet, speziell fiir Packaging
von CMOS-Bildsensoren.

Weitere Uberarbeitungen der SUSS MicroTec-Lithografie-
produktpalette, zwei 200mm-Hotplates und ein passendes
Primer-Modul, unterstiitzen unsere Kunden zukiinftig bei der
Prozessoptimierung und Ausbeutensteigerung.

Nach den erfolgreichen Markteinflihrungen im manuellen
Lithografie-Bereich konzentrieren sich die laufenden Entwick-
lungsaktivitaten und die wichtigsten Zukunftsprojekte nun auf
die automatischen Produktionssysteme.



Zwei wichtige Produkteinfiihrungen im abgelaufenen
Geschaftsjahr schaffen die Grundlage fiir das zukiinftige Wachs-
tum der Bonder Division.

Mit dem neuen Temporary Bonder XBS300 und dem neuen
Produktionsdebonder XBC300 Genz hat SUSS MicroTec auch
eine neue universelle Gerateplattform in den Markt einge-
fihrt. Erstmals setzen alle 3o0omm Bonder und Coater auf
einheitliche Technologien. Gleichartige Robotik, Handling,
Kontroll- und Steuerungshardware, Verkabelung sowie eine
vereinheitlichte Software schaffen die Basis fur die schnelle
Marktreife zukiinftiger Produktgenerationen bei gleichzeitig
hoher Qualitat und Produktionstauglichkeit. Dies ist ein wich-
tiger Meilenstein der neuen unternehmensibergreifenden
Entwicklungsorganisation.

Technologisch setzt SUSS MicroTec bei den temporiren Bond-
und Debond-Systemen fiir die 3D-Massenfertigung ganz auf
die zukunftsweisenden Raumtemperatur-Debondprozesse.
Durch friihzeitige Entwicklungszusammenarbeit mit Leitkun-
den und Materialanbietern bietet SUSS MicroTec dem Kunden
zugeschnittene Losungen, insbesondere die Freiheit, zwischen
verschiedenen Prozessen und Materialien zu wahlen. Dazu
gehdren derzeit Prozesse der Firmen Thin Materials (TMAT)
und Brewer Science, hier handelt es sich um den sogenann-
ten ZoneBOND™-Prozess. Die ersten Tools wurden bestellt und
erfolgreich ausgeliefert. Sie werden nun unter industriellen
Bedingungen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden
flr die Massenfertigung optimiert.

KONZERNLAGEB >> GESCHAFTSBERICHT 201

Die Innovationen in der Frontend-Maskenreinigung sind sowohl
von den Anforderungen der ITRS-Roadmap der Halbleiterindus-
trie getrieben als auch von den spezifischen Anforderungen
der groRen Hersteller von elektronischen Schaltkreisen und
Speicherbauelementen.

Immer kleinere Strukturen und eine immer hohere Integrati-
onsdichte verlangen stets nach neuen Lithografie-Technologien
und in Folge der Anpassung der damit unmittelbar verkniipften
Verfahrenstechniken wie der Fotomaskenreinigung, eine der
Kernkompetenzen von SUSS MicroTec.

Die Erweiterbarkeit und Flexibilitat dieser Prozess- und Anlagen-
technologien ist daher ein wesentliches Kriterium. Unter ande-
rem missen sie mehrere Technologieknoten der optischen
Lithografie flir 193nm Immersionslithografie abdecken sowie
auch auf Extreme UV Lithografie (EUVL) anwendbar sein.

Im Zusammenhang mit EUVL spielt neben der Reinigung als
solches auch die Handhabung der EUV-Fotomaske eine ganz
kritische Rolle, da diese nicht wie konventionelle Fotomasken
durch ein sogenanntes Pellicle, eine Art Schutzfolie, vor Verun-
reinigung und Beschadigung geschutzt ist. Stattdessen wird
sie in einem sogenannten ,Dualen Pod-System*” transportiert.
Dieses soll eine Kontamination sowohl der Vorder- als auch der
Rickseite verhindern. Dieses Duale Pod-System stellt beson-
dere Anforderungen an die Automation, was zur Entwicklung
von MaskTrack® Pro InSync und dessen Einflhrung 201 flihrte.
Diese Automationsanlage stellt die Schnittstelle zwischen dem
etablierten MaskTrack® Pro-Fotomaskenreiniger und der tbri-
gen EUVL-Infrastruktur, insbesondere der Belichtungsanlage,
innerhalb der Wafer Fabs dar.

Mit der zusatzlichen Integration eines Riickseiteninspektions-
gerates in MaskTrack® Pro InSync zum Ende des Jahres 2017,
wurde MaskTrack® Pro InSync um eine wesentliche Funktion
erweitert. Diese adressiert das Problem der Riickseitenkontami-
nation von EUV-Masken, indem Uber eine Defektmessung der
Fotomaskenriickseite der vorangegangene Reinigungsprozess
verifiziert wird.
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Mit diesen und anderen Entwicklungen stellt SUSS MicroTec
die entsprechenden Weichen, um auch weiterhin seine Markt-
vorherrschaft zu behaupten und auszubauen sowie Komplett-
|6sungen fir die EUVL und 193nm Immersions-Technologie
anzubieten.

Um ein umfassendes Bild tiber die finanziellen Auswirkungen
unserer Forschungs- und Entwicklungsaktivitaten zu geben,
haben wir in der folgenden Tabelle die relevanten Positionen
aufgelistet. Auch in diesem Berichtsjahr tibertrafen die Abschrei-
bungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte den Aktivierungs-
betrag. Dies hat zu einer Nettobelastung der Gewinn- und
Verlustrechnung von 2,4 Mio. € gefiihrt (Belastung im Vorjahr
2,2 Mio. €).

F&E AUSGABEN IM JAHRESVERGLEICH in mio €
P> 2010

F&E AUFWAND
D> 6.8

F&E ABSCHREIBUNG
> 24

F&E AKTIVIERUNG
» 0.2

F&E NETTO-AKTIVIERUNG
22 <.

F&E NETTOINVESTITIONEN + AUFWAND
> 46

F&E MITARBEITER
» 2010

F&E MITARBEITER
[

UBERBLICK UBER DEN GESCHAFTSVERLAUF

Das im Rahmen des ifo World Economic Survey erhobene Welt-
wirtschaftsklima hat sich nach einem guten Start ins Geschafts-
jahr2011in der zweiten Jahreshalfte merklich verschlechtert. So
lag der Indikator im vierten Quartal 2011 deutlich unter seinem
langfristigen Durchschnitt. Weltweit wurde ,fehlendes Ver-
trauen in die Wirtschaftspolitik des eigenen Landes als wich-
tigster Grund fur die aktuelle Verunsicherung genannt. Laut ifo-
Institut besteht dariiber hinaus nach wie vor die Gefahr, dass die
Schuldenkrise in eine europaweite Banken- und Wirtschaftskrise
ausartet, die auch andere Regionen der Welt stark belasten wird.

Die Weltwirtschaft ist 2011 insgesamt um etwa 2,6 % gewach-
sen. Am starksten war das Wachstum erneut in China mit 9,0%
gegenlber Vorjahr. Aber auch Indien und das restliche Asien
(ohne China) haben 2011 mit Wachstumsraten von 8,0% und
4,8 % weiter zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt der USA ist mit
1,6 % gewachsen und lag damit auf dem gleichen Niveau wie
die 27 EU-Lander. Auch das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland
ist gewachsen und lag in 2011 um etwa 3,0 % tiber dem Vorjahr
(rwi Essen, Dezember 2011).

Dem Marktforschungsinstitut Gartner zufolge verzeichnete
die weltweite Halbleiterbranche 2011 einen Umsatzanstieg
von knapp 1% auf rund 302 Mrd. US-Dollar (2010: 300 Mrd. US-
Dollar). Nach einem starken Jahresauftakt haben die makro-
6konomischen Rahmenbedingungen zu einer deutlichen Ver-
langsamung des Geschafts im zweiten Halbjahr 2011 gefiihrt.
Der Markt fiir Halbleiter-Equipment ist laut Gartner jedoch ins-
gesamt um13,7% gewachsen.Im Bereich Halbleiter-Verpackung
und Montage gab es einen Riickgang um rund 6 % gegenuber
dem Vorjahr.



Nach Angaben des Fachverbands Zentralverband Elektrotechnik-
und Elektronikindustrie eV. verzeichnete der deutsche Halb-
leitermarkt in 2011 einen Umsatzanstieg von rund 8% auf ein
Gesamtvolumen von mehr als 11 Mrd. € (Vorjahr 10,3 Mrd. €). Als
Grund hierfiir wird das Wachstum in der Automobilbranche, im
Sektor Industrieelektronik sowie in der Kommunikationselekt-
ronik genannt. Der librige europaische Markt hat 2011 stagniert
und hat sich somit deutlich schlechter als der deutsche Markt
entwickelt. Die Region Asien/ Pazifik halt weiterhin ihren Platz
als umsatzstarkste Region mit einem Marktanteil von tiber 50 %,
wovon China nach wie vor die Halfte beisteuert.

Die SUSS MicroTec-Gruppe hat ein sehr erfolgreiches Geschéafts-
jahr 2011 absolviert, sie erwirtschaftete Umsatzerlése in Hohe
von 175,4 Mio. € und ubertraf damit deutlich den Vorjahreswert
von 139,1 Mio. € um 26 %. Der Auftragseingang ist im Jahres-
vergleich um 24 % auf 143,71 Millionen € gesunken (Vorjahr:
189,3 Mio. €).

Dank des Umsatzanstiegs konnte das Unternehmen im
Geschaftsjahr 2011 ein deutlich verbessertes Ergebnis vor Zinsen
und Steuern (EBIT) in Hohe von 18,6 Mio. € erwirtschaften. Im
Vorjahr betrug das EBIT 14,3 Mio. €. Um dieses Ziel zu erreichen
hat das Unternehmen die in den Vorjahren eingeleiteten ope-
rativen und strukturellen MaBnahmen konsequent weiterge-
fihrt. Im Rahmen der positiven Geschaftsentwicklung konnte
auch die Liquiditatssituation der SUSS MicroTec-Gruppe weiter
verbessert werden. Die liquiden Mittel und verzinslichen Wert-
papiere beliefen sich zum Ende des Geschaftsjahres 2011 auf
56,4 Mio. € Die Nettoliquiditat erhohte sich zum Jahresende
2011 auf 42,0 Mio. € (31. Dezember 2010: 34,6 Mio. €). Der Free
Cashflow flir das Gesamtjahr belief sich vor Berticksichtigung
von Wertpapiererwerben und -verkaufen sowie Sondereffek-
ten aus den getatigten M&A-Aktivitaten auf 3,5 Mio. € (Vorjahr:
14,1 Mio. €).
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Der Auftragsbestand betrug zum Stichtag 83,7 Mio. € und lag
aufgrund des riicklaufigen Auftragseingangs unter dem Vor-
jahresniveau von 116,1 Mio. €.

Das Verhaltnis von neu eingegangen Auftragen zu realisierten
Umsatzen (Book-to-Bill-Ratio) belief sich 2011 auf 0,82 nach 1,36
im Vorjahr.

Europa, Nordamerika und Asien sind die fuir das Geschaft von
SUSS MicroTec wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir
Asien jedoch in Japan und,Sonstiges Asien“, um dem Umstand
Rechnung zu tragen, dass unsere Kunden im Markt Advanced
Packaging vornehmlich auBerhalb Japans —insbesondere in Tai-
wan — ansassig sind. Dieser Markt ist allerdings auch schwan-
kungsanfalliger als jener fiir Verbindungshalbleiter und MEMS.

Auftragseingdnge nach Regionen

Im Vergleich zum sehr starken Geschaftsjahr 2010 haben alle
Regionen riicklaufige Auftragseingange hinnehmen mussen.
In Europa verringerte sich der Auftragseingang um rund 32%
auf 34,2 Mio. € nach 50,0 Mio. € im Vorjahr. Auch die Region
Nordamerika verzeichnete einen Rickgang um 34% im
Auftragseingang und erreichte im Gesamtjahr 2011 Auftrage
in Hohe von 22,4 Mio. € (Vorjahr: 33,9 Mio. €). Die Region Japan
verzeichnete im Jahr 2011 einen Auftragseingang von 10,9 Mio. €,
was ein Minus von 25 % gegenlber dem Vorjahr bedeutet. Die
SUSS MicroTec-Gruppe hat in der Region Asien (ohne Japan) den
geringsten Auftragsriickgang in Hohe von 17% auf 75,6 Mio. €
(Vorjahr: 90,9 Mio. €) verzeichnet.
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Die schwachere Entwicklung der Auftragseingdnge ist erneut
der gesamtwirtschaftlichen Lage geschuldet. Hat 2010 die posi-
tive Stimmung an den Weltmarkten zu allgemein deutlich stei-
genden Auftragseingangen geflihrt, so hat die Verunsicherung
der Unternehmen und Konsumenten durch die Schuldenkrise
in Europa 2011 zu einem eher zuriickhaltenden Orderverhalten
gefiihrt. Unsere speziell auf Kundenbedirfnisse und wachs-
tumsstarke Markte ausgerichteten Produkte haben sich jedoch
auch in diesen schwierigen Zeiten bewahrt.

AUFTRAGSEINGANGE NACH REGIONEN in Mio €
» 2010

EUROPA
I 500

NORDAMERIKA
IS 339

JAPAN
> 45

SONSTIGES ASIEN
> 90,9

Umsdtze nach Regionen

Ein sehr positives Bild zeichnet sich bei der Entwicklung des
Umsatzes nach Regionen. Alle Regionen konnten im Vergleich
zum Vorjahr deutlich zulegen. In Europa erhohte sich der
Umsatz um rund 10 % auf 40,2 Mio. € nach 36,7 Mio. € im Vor-
jahr. Die Region Nordamerika verzeichnete im Vergleich zum
Vorjahr einen starken Anstieg von 55% auf 29,5 Mio. € (Vorjahr
19,0 Mio. €). Auch Japan erreichte mit 13,0 Mio. € einen deutlich
hoheren Wert als im Vorjahr (6,9 Mio. €). Eine deutliche Umsatz-
steigerung konnte auch in der Region Sonstiges Asien erzielt
werden, hier lag der Umsatz in 2011 bei 92,8 Mio. € und damit
21% Uber dem Vorjahreswert von 76,5 Mio. €.

UMSATZE NACH REGIONEN in mio €
P> 2010

EUROPA
D> 367

NORDAMERIKA
> 90

JAPAN
> 69

SONSTIGES ASIEN
> 76,5




Lithografie

Das Segment Lithografie umfasst die Entwicklung, Herstellung
und den Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner, Developer und
Coater. Die Entwicklung und Herstellung dieser Produktlinien ist
in Deutschland an den Standorten Garching bei Miinchen und
Sternenfels angesiedelt. Das Segment Lithografie ist mit einem
Umsatzanteil von 64 % der groRte Bereich der SUSS MicroTec-
Gruppe. Die Komponenten, die auf diesen Maschinen gefertigt
werden, gehen im Wesentlichen in die Endmarkte Mikrosystem-
technik, Verbindungshalbleiter (LED) sowie 3D Integration und
das Advanced Packaging.

Im Geschaftsjahr 2011 erzielte das Segment Lithografie einen
Auftragseingang von 98,5 Mio. € sowie einen Umsatz von
11,5 Mio. €, dies entspricht einem Riickgang im Auftragsein-
gang um 17 % bzw. einem Plus im Umsatz von 25 % gegenUber
Vorjahr. Treiber der Nachfrage waren weiterhin asiatische
Produktionskunden, aber auch Nordamerika konnte im abge-
laufenen Geschaftsjahr seinen Umsatzanteil deutlich steigern.
Das Segmentergebnis (EBIT) verbesserte sich von 17,0 Mio. €
im Vorjahr auf 25,5 Mio. € im abgelaufenen Geschaftsjahr, dies
entspricht einem Zuwachs von 51%. Die Bruttomarge hat sich
erneut gegenuber Vorjahr kaum verandert und lag 2011 bei
43,7% (Vorjahr 43,8 %). Der Grund fiir die positive Entwicklung
im Umsatz liegt an der gestiegenen Nachfrage nach den beiden
groRen Produktlinien des Segments: Sowohl Coater / Developer
als auch Mask Aligner haben sich im Umsatz sehr positiv entwi-
ckelt. Allgemein hat jedoch die Verunsicherung der Endkunden
und Unternehmen lber den Fortgang der Schuldenkrise und die
moglichen makrodkonomischen Folgen zu einem vorsichtigen
Bestellverhalten, insbesondere zum Jahresende, gefiihrt.
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SEGMENTUBERSICHT LITHOGRAFIE in Mio €
» 2010

AUFTRAGSEINGANG
> 18,9

SEGMENTUMSATZ
D> 85,

SEGMENTERGEBNIS
> 170

NETTOVERMOGEN
> 290

Substrat Bonder

Das Segment Substrat Bonder umfasst die Entwicklung, die Her-
stellung und den Vertrieb der Substrat (Wafer) Bonder. Seit 2011
ist die Fertigung in Sternenfels angesiedelt, der Bonder-Vertrieb
sowie das nordamerikanische Service- und Applikationscenter
wurden im letzten Jahr nach Kalifornien verlegt. Zu den adres-
sierten Markten der Substrat Bonder zahlen die Mikrosystem-
technik, die Verbindungshalbleiter sowie die 3D-Integration.
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Das Segment Substrat Bonder entwickelte sich sowohl im
Auftragseingang mit 18,1 Mio. € (Vorjahr 23,6 Mio. €) als auch
im Umsatz mit 20,5 Mio. € (Vorjahr 24,7 Mio. €) schlechter als
erwartet. Grund fir diese Entwicklung war im Wesentlichen
eine Verlangerung der Lieferzeiten aufgrund der Verlagerungs-
aktivitaten im ersten Halbjahr 2011. Dennoch wird mittelfristig
die Bedeutung von Bondingsystemen im Fertigungsprozess
fiir zuklnftig dreidimensionale Chipstrukturen (3D-Integra-
tion) weiter ansteigen. Das Segmentergebnis (EBIT) fiel von
vormals -7,1 Mio. € auf -11,1 Mio. €. Grund fir die schwachere
Ergebnisentwicklung waren finale Sonderaufwendungen im
Zusammenhang mit der Geschaftsbereichsverlagerung nach
Deutschland in Hohe von 1,4 Mio. € und daruber hinaus die sehr
niedrigen Margen fiir einige grof3e Produktionssysteme, die 2011
an strategische Kunden sowie Forschungs- und Entwicklungs-
partner ausgeliefert wurden. Dariiber hinaus wurden in diesem
Segment die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen
deutlich erhoht, um einen Teil der durch die Verlagerung verlo-
renen Marktanteile wieder zurlickzugewinnen. Die Bruttomarge
verschlechterte sich entsprechend von 3,6 % auf -2,6 %.

SEGMENTUBERSICHT SUBSTRAT BONDER in Mio €
» 2010

AUFTRAGSEINGANG
> 23,6

SEGMENTUMSATZ
D> 24,7

SEGMENTERGEBNIS
11 <G

NETTOVERMOGEN
> 23,1

Fotomasken Equipment

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung,
die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen, die auf die
Reinigung und Prozessierung von Fotomasken fiir die Halb-
leiterindustrie spezialisiert sind, und ist am Standort Sternen-
fels bei Stuttgart angesiedelt. Zu den adressierten Markten des
Segments Fotomasken Equipment zahlt die Halbleiterindustrie,
hier ist SUSS MicroTec im Frontend tatig.

Das Segment Fotomasken Equipment entwickelte sich im
abgelaufenen Geschaftsjahr erneut positiv. Allerdings lag der
Auftragseingang Ende Dezember 2011 bei 20,2 Mio. € (Vorjahr:
39,0 Mio. €). Der Riickgang im Auftragseingang lasst sich im
Wesentlichen durch die allgemein schwacheren Auftragsein-
gange im Halbleitersegment, aber auch durch die Tatsache, dass
2010 der Auftragseingang ungewohnlich hoch war, erklaren. Der
Segmentumsatz belief sich auf 36,3 Mio. € nach 18,4 Mio. € 2010.
Das Segmentergebnis (EBIT) weist im abgelaufenen Geschafts-
jahr einen Gewinn von 5,3 Mio. € (Vorjahr: 2,1 Mio. €) aus. Die
Bruttomarge lag nach 36,9 % im Vorjahr bei 34,2 %.

SEGMENTUBERSICHT FOTOMASKEN EQUIPMENT in mio €
» 2010

AUFTRAGSEINGANG
> 39,0

SEGMENTUMSATZ
> 18,4

SEGMENTERGEBNIS
» 2

NETTOVERMOGEN
> 1.0




Sonstige

Das Segment Sonstige umfasste im abgelaufenen Geschaftsjahr
neben dem Maskengeschaft fiir die Halbleiterindustrie auch die
Mikrooptik-Aktivitaten am Standort Neuchatel, Schweiz, sowie
das Geschaftsfeld C4NP und die groftenteils auf Segmentebene
nicht zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen.
Das in den USA ansdssige Maskengeschaft flr die Halbleiterin-
dustrie wurde im Oktober 2011 an die Compugraphics Inc. ver-
kauft. Dieser Schritt unterstitzt das Geschaft von SUSS MicroTec
mit Fotomasken-Equipment, indem mogliche Konkurrenz-
situationen mit Kunden ausgeschlossen werden.

Das abgelaufene Geschaftsjahr verlief fiir das Segment Sonstige
stabil. Der Auftragseingang verringerte sich von 7,8 Mio. € 2010
auf 6,4 Mio. € 2011. Der Segmentumsatz belief sich auf 7,1 Mio. €
nach 7,0 Mio. € im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hierbei
verzeichnete das Geschaftsfeld Mikrooptik im Auftragseingang
einen Riickgang von 5,1 Mio. € auf 3,8 Mio. € sowie eine Steige-
rung im Umsatz von 4,3 Mio. € auf 4,6 Mio. € Im Maskengeschaft
verringerte sich der Umsatzbeitrag von 2,4 Mio. € im Vorjahr
auf 1,7 Mio. € Der Auftragseingang fiel um 37% auf 1,5 Mio. €.
Das Segmentergebnis 2010 wurde durch einen einmaligen Wah-
rungseffekt in Hohe von 1,8 Mio. € sowie den im Rahmen der
Erstkonsolidierung der HamaTech APE festgestellten Badwill in
Hohe von insgesamt 2,7 Mio. € positiv beeinflusst und belief sich
im Gesamtjahr 2010 auf 2,3 Mio. €. Fiir das Geschaftsjahr 20m
belief sich das Segmentergebnis auf -1,1 Mio. €.

SEGMENTUBERSICHT SONSTIGE in Mio €
» 2010

AUFTRAGSEINGANG
D> 7.8

SEGMENTUMSATZ
> 7,0

SEGMENTERGEBNIS
> 23

NETTOVERMOGEN
IS > .0
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MITARBEITER NACH SEGMENTEN
» 2010

LITHOGRAFIE
> 324

SUBSTRAT BONDER
[ N

FOTOMASKEN EQUIPMENT
D> ©1

SONSTIGE
> ©0

ERTRAGSLAGE

Die Ertragslage des SUSS MicroTec-Konzerns entwickelte sich
im Geschaftsjahr 2011 sehr positiv. Die Umsatze stiegen im
Vergleich zum Vorjahr um rund 26 % und beliefen sich auf
175,4 Mio. €, wahrend im Vorjahr noch 139,1 Mio. € erzielt wurden.
Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) aus fortgeftihrten
Aktivitaten erhohte sich von 14,3 Mio. € 2010 auf 18,6 Mio. € im
abgelaufenen Geschaftsjahr.

Das EBIT flir das Geschaftsjahr 2011 ist nur in sehr geringem
Umfang von Sondereffekten beeinflusst. So entstanden im
Zusammenhang mit der Schlielung des Standortes Water-
bury (Vermont /USA) und der Verlagerung des Substrat Bonder
Bereichs nach Sternenfels 2011 Restrukturierungsaufwendun-
gen in Hohe von 1,4 Mio. €. Bereinigt um diese Sondereffekte
betrug das EBIT des aktuellen Geschaftsjahres rund 20,0 Mio. €
(nach einem um Sondereffekte bereinigten EBIT von 14,0 Mio. €
im Vorjahr).
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Der Anstieg der Umsatzerlose aus den fortgeflihrten Aktivitaten
um 36,3 Mio. € auf175,4 Mio. € resultiert aus einer gestiegenen
Nachfrage nach unseren Produkten vor allem in den Segmenten
Lithografie und Fotomasken Equipment. So kletterten die
Umsatze im umsatzstarksten Bereich Lithografie um 22,6 Mio. €
auf 11,5 Mio. € und im Segment Fotomasken Equipment um
17,9 Mio. € auf 36,3 Mio. €. Im Segment Substrat Bonder war
hingegen ein Umsatzriickgang um 4,2 Mio. € auf 20,5 Mio. €
zu verzeichnen, der vor allem dem Umzug und der Integration
des Substrat-Bonder-Bereichs in die SUSS MicroTec Lithography
GmbH (Sternenfels) geschuldet war.Im Segment Sonstige zeigte
sich eine sehr unterschiedliche Entwicklung. Die Umsatze im
Bereich Mikrooptik stiegen weiter an und erhohten sich von
4,3 Mio. € im Vorjahr auf nun 4,6 Mio. €. Die C4NP-Technologie
trug mit 0,7 Mio. € (Vorjahr 0,2 Mio. €) zum Konzernumsatz bei.
Im Konzernumsatz sind darliber hinaus Umsatze des Bereichs
Fotomasken in Hohe von 1,7 Mio. € (Vorjahr 2,4 Mio. €) enthal-
ten, die von der SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. (Palo
Alto, Kalifornien / USA) erzielt wurden. Der Geschaftsbetrieb
der SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. wurde im Oktober
2011 verkauft. Die Umsatze in diesem Bereich wurden somit
in den ersten neun Monaten des Geschaftsjahres 2011 erzielt.
Nach dem Verkauf des Geschaftsbetriebs fielen keine weiteren
Umsatze mehr an.

In den Umsatzkosten sind Abschreibungen auf aktivierte Ent-
wicklungskosten in Hohe von 2,5 Mio. € enthalten. Damit sind
die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten um rund
2,4 Mio. € héher als die Neuaktivierungen, die sich im Berichts-
jahr auf lediglich 0,1 Mio. € summierten. In 2010 beliefen sich
die Aktivierungen von Entwicklungskosten auf 0,2 Mio. € wah-
rend die Abschreibungen rund 2,4 Mio. € betrugen (fortgefiihrte
Aktivitaten).

Im Berichtsjahr konnte aus den fortgefiihrten Aktivitaten ein
Rohertrag von 66,4 Mio. € erzielt werden, was einer Rohertrags-
marge von 37,9 % entspricht. Im Vorjahr betrug der Rohertrag
51,1 Mio. €; die Rohertragsmarge 2010 belief sich auf 36,7 %. Der
absolute Anstieg des Rohertrags resultiert aus Umsatzzuwach-
sen in den Bereichen Lithografie, Fotomasken Equipment und
Mikrooptik. Das Rohergebnis im Segment Substrat Bonder war
hingegen leicht negativ, da bei gesunkenen Umsatzen immer
noch hohe Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten
anfielen. Zudem wurde im Zusammenhang mit dem Umzug
des Bonder-Bereichs von Waterbury nach Sternenfels der Lager-
bestand bereinigt, woraus erhohte Aufwendungen fir Lager-
abwertungen und Verschrottungen resultierten.

Infolge der konsequenten Fortfiihrung des implementierten
Sparkurses sind die Vertriebskosten erneut nur unterpropor-
tional angestiegen. Die Vertriebskosten erhohten sich von
17,4 Mio. € im Vorjahr auf 19,0 Mio. €, was — in Relation zum
erzielten Umsatz — einer Aufwandsquote von 10,8 % (2010:
12,5 %) entspricht. Wahrend vor allem bei der SUSS MicroTec Inc.
(USA) und bei der SUSS MicroTec KK. (Japan) aufgrund der Neu-
ordnung der Geschaftsbetriebe Einsparungen zu verzeichnen
waren, erhohten sich bei den produzierenden Gesellschaften
in Deutschland vor allem die Aufwendungen fir Vertriebspro-
visionen und trugen somit dem gestiegenen Umsatzniveau
Rechnung. Die Verwaltungskosten reduzierten sich von
17,8 Mio. € auf 15,7 Mio. € und entsprechen damit 2011 einer
Aufwandsquote von 9,0 % (2010:12,8 %).1m Vorjahr waren in den
Verwaltungskosten Sonderaufwendungen fiir die Verlagerung
des Bereichs Substrat Bonder von Waterbury (Vermont / USA)
nach Sternenfels in Hohe von 1,2 Mio. € sowie die Kosten fiir die
Verlagerung des Werks Vaihingen nach Sternenfels in Hohe von
0,3 Mio. € enthalten. Darliber hinaus konnten in nahezu allen
Gesellschaften des Konzerns die Verwaltungskosten durch Ein-
sparungsmafRnahmen weiter reduziert werden. Die Verlagerung
wesentlicher Teile des Substrat-Bonder-Bereichs nach Sternen-
fels fihrte zu deutlich gesunkenen Verwaltungskosten bei der
SUSS MicroTec Inc.; zusatzlich sind auch die Verwaltungskosten
der SUSS MicroTec Lithography GmbH — trotz Integration des
Substrat-Bonder-Bereichs — weiter zuriickgegangen.



Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhéhten sich von
6,8 Mio. € auf 12,9 Mio. € und betrafen mit 6,2 Mio. € den
Bereich Lithografie und mit 3,8 Mio. € den Bereich Substrat
Bonder. 2,4 Mio. € waren dem Segment Fotomasken Equipment
zuzuordnen.

Die sonstigen betrieblichen Ertrage betrugen im Berichtsjahr
4,8 Mio. € (nach 10,0 Mio. € im Vorjahr) und beinhalteten vor
allem Ertrage aus Fremdwahrungsumrechnungen. In den
sonstigen betrieblichen Ertragen des Vorjahres war die erfolgs-
wirksame Vereinnahmung des Badwills in Hohe von 2,7 Mio. €
enthalten, der aus der Erstkonsolidierung der HamaTech APE
GmbH & Co. KG und der nachtraglichen Kaufpreisanpassung
resultierte. AuBerdem war im Vorjahr der positive Fremdwah-
rungseffekt aus der Riickfiihrung des US-Dollar-Darlehens der
Suss MicroTec Inc., Waterbury, in Hohe von 1,8 Mio. € erfasst.

Der Bereich Lithografie steuerte ein Segmentergebnis in Hohe
von 25,5 Mio. € (2010:17,0 Mio. €) zum Konzern-EBIT aus fortge-
flihrten Aktivitaten (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bei. Damit
ergibt sich fiir den Bereich Lithografie eine Umsatzrendite von
22,9 %, die sich im Vergleich zum Vorjahr (2010:19,1%) deutlich
verbessert hat.

Im Bereich Substrat Bonder ergibt sich ein EBIT von -11,1 Mio. €
nach -7,1 Mio. € im Vorjahr. Das Ergebnis war erneut belastet
durch hohe Entwicklungskosten im Bereich Thin Wafer Hand-
ling. Zudem musste SUSS MicroTec — bedingt durch den Umzug
des Bonder-Bereichs von Waterbury (Vermont/USA) nach
Sternenfels — einige Anlaufschwierigkeiten in Kauf nehmen:
Sowurde die Produktion in Sternenfels mit ca. 50 Mitarbeitern
neu aufgebaut. Auch in der Zusammenarbeit zwischen der SUSS
MicroTec Lithography GmbH in Sternenfels mit den groRtenteils
inden USA ansassigen Zulieferern galt es, einige Startschwierig-
keiten zu Uberwinden, was zu erhohten Lieferzeiten und einzel-
nen Verlusten von Auftragen fiihrte. Auerdem ist das Ergebnis
im Geschaftsjahr belastet durch Restrukturierungsaufwen-
dungen in Hohe von 1,4 Mio. €, die im Zusammenhang mit der
Verlagerung des Substrat-Bonder-Bereichs nach Deutschland
anfielen.Im Vorjahr wurden einige margenschwache Auftrage
flr die strategisch wichtigen Kooperationspartner IMEC und ITRI
abgewickelt. Die Restrukturierungsaufwendungen betrugen im
Vorjahr 3,9 Mio. €
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Das 2010 neu erworbene Segment Fotomasken Equipment
trug mit 2011 einem Ergebnis von 5,3 Mio. € zum Konzern-EBIT
bei. Die Umsatzrendite lag bei 14,6 % und hat sich damit im
Vergleich zum Vorjahr (Umsatzrendite 2010: 11,4 %) verbessert.
Im Vorjahr erzielte das Segment Fotomasken Equipment in den
zehn Monaten seit der Erstkonsolidierung ein EBIT von 2,1 Mio. €.

Das Finanzergebnis belief sich 2011 auf 1,0 Mio. € (nach
-0,3 Mio. € im Vorjahr) und resultierte im Wesentlichen aus
gestiegenen Zinsertragen, wahrend die Zinsaufwendungen sich
im Vergleich zum Vorjahr kaum verandert haben. Zudem ist im
Finanzergebnis 2011 der VerauBerungsgewinn aus dem Verkauf
von 747.530 Cascade-Aktien erfasst, der sich auf 0,8 Mio. € belief.

Das Konzernergebnis ist mit Ertragsteuern in Hohe von
5,8 Mio. € belastet, was einer durchschnittlichen Steuerquote
von rund 30 % entspricht. Im Vorjahr fiel die steuerliche Belas-
tung des Konzernergebnisses mit 1,0 Mio. € deutlich geringer
aus. Der am Vorsteuerergebnis gemessen unverhaltnisma-
Big geringe Ertragsteueraufwand resultierte im Vorjahr im
Wesentlichen aus positiven Effekten aus der Aktivierung von
latenten Steueranspriichen, die sich im Zusammenhang mit der
Verlagerung des Substrat-Bonder-Bereichs von den USA nach
Deutschland ergaben. Die tatsachlich anfallenden laufenden
Steueraufwendungen betrugen 2010 rund 4,8 Mio. €, wahrend
aus den latenten Steuern ein Steuerertrag in Hohe von rund
3,8 Mio. € resultierte.

Im Konzern ergab sich ein Gewinn nach Steuern aus fortgefiihr-
ten Aktivitaten von 13,8 Mio. € Dem steht im Vorjahr ein Gewinn
von 13,0 Mio. € gegenliber.

Aus nicht fortgefiihrten Aktivitaten erzielte der Konzern im
Berichtsjahr ein Ergebnis nach Steuern von -21 T€ (Vorjahr:
0,3 Mio. €), das ausschliellich dem nicht fortgefiihrten Bereich
Test Systeme zuzuschreiben ist. Im Vorjahr wurde hier zum
einen das operative Ergebnis von -1,3 Mio. € ausgewiesen, das
aus der laufenden Geschaftstatigkeit sowie aus nachlaufenden
Kosten flr die Abwicklung des Bereichs Test von Jahresbeginn
bis zum Entkonsolidierungszeitpunkt am 27.Januar 2010 resul-
tierte. Zum anderen wurde hier im Vorjahr der Gewinn aus Ent-
konsolidierung abgebildet, der sich auf 1,6 Mio. € belief.
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Insgesamt erzielte der Konzern im Berichtsjahr ein Ergebnis
nach Steuern von 13,8 Mio. € (Vorjahr: 13,4 Mio. €). Das unver-
wasserte Ergebnis je Aktie aus fortgefiihrten und nicht fortge-
flhrten Aktivitaten betrug 0,72 € nach 0,73 € im Vorjahr.

Der Umsatz je Mitarbeiter erhohte sich im Vergleich zum Vorjahr
um 24,5% von 226 T€ auf 281 T€ (basierend auf der jeweiligen
Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag).

FINANZ- UND VERMOGENSLAGE

Dem Konzern ist es gelungen, seine Net Cash-Position — der
Saldo aus flissigen Mitteln sowie verzinslichen Wertpapieren
und Finanzverbindlichkeiten — von 34,6 Mio. € im Vorjahr auf
42,0 Mio. € weiter auszubauen. Der Bestand an liquiden Mitteln
und verzinslichen Wertpapieren erhohte sich von 50,1 Mio. €im
Vorjahr auf 56,4 Mio. € zum Ende des Berichtsjahres.

Der Cashflow aus dem operativen Geschaft belief sich auf
6,1 Mio. € (2010: 16,1 Mio. €). Hier machte sich vor allem der
weitere Anstieg des Konzernlagerbestands bemerkbar, aus
dem ein Mittelabfluss in Hohe von 7,7 Mio. € resultierte. Neben
einem Zuwachs der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 1,5 Mio. €
erhohte sich auch der Bestand an Demonstrationsgeraten
(insbesondere im Bonder-Bereich) um 1,7 Mio. €. Zudem stieg
der Bestand an Maschinen, die bereits an Kunden ausgeliefert
wurden, bei denen die Endabnahme jedoch noch aussteht, auf
17,4 Mio. € (nach 15,8 Mio. € im Vorjahr). Auch der Anstieg der For-
derungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der Riickgang
der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sorgten
fir Mittelabflisse von insgesamt 3,8 Mio. €. Zur Reduzierung
des Cashflows trug aufierdem der Riickgang der erhaltenen
Kundenanzahlungen bei, die sich von 23,6 Mio. € um 5,2 Mio. €
auf nun 18,4 Mio. € verringerten.

Der Cashflow aus der Investitionstatigkeit betrug ohne Bertick-
sichtigung der Investitionen in Wertpapiere -2,6 Mio. €. Inves-
tiert wurde im Wesentlichen in Sachanlagen.Im Vorjahr betrug
der investive Cashflow ohne Berlcksichtigung des Erwerbs der
HamaTech APE GmbH & Co.KG sowie des Grundstticks und des
Gebaudes Sternenfels, der VerauBerung des Test Business und
der Investitionen in Wertpapiere -2,8 Mio. €.

Der freie Cashflow belief sich damit - vor Bertlicksichtigung von
Wertpapiererwerben und -verkdaufen —auf 3,5 Mio. €, nachdem
im Vorjahr (bereinigt um den Erwerb der HamaTech inklusive
des Grundstiicks und des Gebaudes Sternenfels und Verauf3e-
rung des Test Business und vor Beriicksichtigung von Wertpa-
piererwerben) ein freier Cashflow von 14,1 Mio. € erzielt wurde.

Im Cashflow aus Finanzierungstatigkeit zeigt sich die plan-
mafige Tilgung des Immobiliendarlehens Sternenfels sowie
die planmaBige Tilgung des Finanzierungsleasings fir das
konzernweite SAP-System. Im Vorjahr spiegelte sich im Cash-
flow aus Finanzierungstatigkeit der Mittelzufluss aus der im
Mai 2010 durchgefiihrten Kapitalerhéhung wider, aus der ein
Nettozufluss von 6,6 Mio. € resultierte. Dartiber hinaus wurde
im Vorjahr ein Darlehen zur Finanzierung des neu erworbenen
Betriebsgrundstiicks in Sternenfels aufgenommen, das zu
einem Mittelzufluss von 4,5 Mio. € fiihrte.

Neben liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren in Hohe
von 56,4 Mio. € (Vorjahr: 50,1 Mio. €) verfiigt der Konzern zum
Ende des Berichtsjahres tber inlandische Aval- und Kreditlinien
von 13,5 Mio. € (Vorjahr: 9,5 Mio. €). Die Linie wurde im Berichts-
jahrausschlieRlich in Form von Avalen in Anspruch genommen.
Der wesentliche Teil davon entféllt auf Anzahlungsbirgschaf-
ten. Zum Bilanzstichtag betrug die Inanspruchnahme 2,9 Mio. €.

Mit Vertrag vom 30./31. Marz 2011 haben die SUSS MicroTec AG
und die SUSS MicroTec Lithography GmbH mit dem Banken-
konsortium unter Fiihrung der BayernLB Kreditvertrage unter-
zeichnet, mit denen eine Kreditlinie von insgesamt 8 Mio. €
gestellt wird. Die Kreditlinie hat eine Laufzeit bis zum 31. Marz
2012 und wurde ohne Covenants gestellt. Sie dient in erster Linie
der Unterlegung von Anzahlungsbiirgschaften.

Mit Vertrag vom 1./ 5. April 2011 haben die SUSS MicroTec AG und
die SUSS MicroTec Lithography GmbH mit der DZ BANK AG einen
Rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit dem eine Kreditlinie
in Hohe von 2 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie [auft bis zum
31. Marz 2012 und wurde ohne Covenants gestellt. Sie dient in
erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsblirgschaften.



Zwischen der HamaTech APE GmbH & Co.KG und der BW Bank
Mannheim besteht ein Rahmenkreditvertrag, mit dem eine
Kreditlinie in Hohe von 1 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie
lauft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt.
Die SUSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine
harte Patronatserklarung fir die HamaTech APE GmbH & Co.
KG abgegeben.

Bei einer Versicherungsgesellschaft besteht im Zusammenhang
mit einem Kautionsversicherungsvertrag ein Biirgschafts-
rahmen in Hohe von 2,5 Mio. €. Der Kautionsversicherungsver-
trag lauft bis auf weiteres. Zur Sicherung dieser Linie wurde ein
Festgeldkonto in Hohe von 0,3 Mio. € an die Versicherungsge-
sellschaft abgetreten.

Der Konzern verfugt insgesamt tber gentgend finanziellen
Spielraum, notwendige Produktentwicklungen oder andere
strategische Aktivitaten zu finanzieren.

Neben dem Geschafts- oder Firmenwert bestimmen im Wesent-
lichen die aktivierten Entwicklungskosten sowie das Betriebs-
grundstiick in Sternenfels die langfristigen Vermégenswerte.

Der Geschafts- oder Firmenwert betrug wie im Vorjahr
13,6 Mio. € und ist ausschlieRlich dem Segment Lithografie
zuzuordnen.

Die aktivierten Entwicklungskosten entwickelten sich im
Berichtsjahr riicklaufig: Nach 7,6 Mio. €im Vorjahr betrugen sie
zum Bilanzstichtag noch 5,4 Mio. €. Die planmafigen Abschrei-
bungen auf die aktivierten Entwicklungsprojekte tbertrafen
im abgelaufenen Geschaftsjahr die getatigten Investitionen
um 2,4 Mio. € was zu einer entsprechenden Belastung in der
Gewinn- und Verlustrechnung fiihrte. Die zum Bilanzstichtag
aktivierten Entwicklungsleistungen entfielen in Hohe von
2,0 Mio. € (Vorjahr: 2,6 Mio. €) auf das Segment Lithografie und
in Hohe von 3,4 Mio. € (Vorjahr: 4,9 Mio. €) auf das Segment
Substrat Bonder.
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Dartiber hinaus enthalten die langfristigen Vermogenswerte
Lizenzen und Patente sowie aktivierte Leasing-Gegenstande
(SAP-Lizenzen) in Hohe von 2,8 Mio. € (Vorjahr: 3,8 Mio. €). Der
Restbuchwert von 2,8 Mio. € entféllt in Hohe von 1,5 Mio. € (Vor-
jahr:1,6 Mio. €) auf die Segmente Lithografie, Substrat Bonder
und Fotomasken Equipment sowie in Hohe von 1,3 Mio. € (Vor-
jahr: 2,2 Mio. €) auf das Segment Sonstige.

Unter den immateriellen Vermogenswerten ist auferdem die
im Rahmen der HamaTech-Akquisition erworbene Technolo-
gie ausgewiesen, die zum Stichtag einen Restbuchwert von
0,3 Mio. € aufweist.

Das Sachanlagevermdgen ist von geringerer Bedeutung fir
die Vermogenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenin-
tensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen ist.
Die Investitionen beliefen sich im Berichtsjahr auf 2,8 Mio. €im
Vergleich zu 7,4 Mio. € im Vorjahr. Als gréfte Investition ist der
Einbau eines Reinraums in die gemieteten Geschaftsraume der
SUSS MicroTec Inc. in Sunnyvale (Kalifornien / USA) zu nennen,
der Anschaffungskosten von rund 1 Mio. USD verursachte. Im
Vorjahr betraf die groRte Anschaffung die Immobilie und das
Grundstlick Sternenfels, das im Zuge der HamaTech-Akqui-
sition erworben wurde und im Vorjahr Anschaffungskosten
von 4,5 Mio. € aufwies. Im Investitionsbetrag des Vorjahres ist
auBerdem der Zugang des Sachanlagevermégens der HamaTech
APE GmbH & Co.KG enthalten, der sich im Erstkonsolidierungs-
zeitpunkt auf 0,4 Mio. € belief. Insgesamt ist das Sachanlage-
vermogen im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Mio. € gestiegen.

Die latenten Steueranspriiche reduzierten sich im Wesentlichen
aufgrund gesunkener Verlustvortrage bei der SUSS MicroTec AG
und geringerer temporarer Differenzen im Bereich derimmate-
riellen Vermégenswerte um insgesamt 3,5 Mio. € und betragen
zum Bilanzstichtag 5,4 Mio. €

Die kurzfristigen Vermogenswerte sind im Berichtsjahr um
12,9 Mio. € auf nun 150,1 Mio. € angestiegen. Dieser Anstieg resul-
tierte im Wesentlichen aus den Vorraten, den Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen und dem Bestand an Wertpapieren.
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Die Vorrate erhéhten sich von 64,4 Mio. € zum Vorjahresstichtag
auf 71,6 Mio. €. Die Erhbhung ist teilweise auf einen hoheren
Bestand von Demonstrationsgeraten zuriickzufiihren, der im
Geschaftsjahr von 11,0 Mio. € auf 12,5 Mio. € anstieg. Der Bestand
an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen erhohte sich im Geschafts-
jahrum 1,2 Mio. € auf 24,4 Mio. € Auch die Bestande an Maschi-
nen, die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, bei denen die
Abnahme jedoch noch aussteht, haben sich im Vergleich zum
Vorjahr erhoht: Sie beliefen sich auf17,4 Mio. € (nach 15,8 Mio. €
im Vorjahr).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhdhten sich
im Vergleich zum Vorjahr von 15,7 Mio. € auf 17,8 Mio. €. Hier
wirkten veranderte Wechselkurse bei den Fremdwahrungsfor-
derungen mit 0,6 Mio. € werterhdhend. Der Ubrige Anstieg ist
stichtagsbedingt und den zahlreichen Abnahmen von Maschi-
nen zum Jahresende geschuldet.

Der Bestand an Wertpapieren des SUSS MicroTec-Konzerns
erhohte sich 2011 von 16,0 Mio. € auf 19,4 Mio. €. Im Wertpapierbe-
stand des Vorjahres waren 747.530 Aktien an Cascade Microtech
Inc., Beaverton / Oregon (USA), enthalten, die zum 31. Dezember
2010 mit 2,4 Mio. € bilanziert waren. Mit VerauBBerung der Aktien
im Januar 2011 hat SUSS MicroTec einen VerduRerungsgewinn
von 0,8 Mio. € realisiert. 2011 wurden — unter Verwendung
des erwirtschafteten freien Cashflows — Wertpapiere fir rund
9,1 Mio. € erworben. Bei den bilanzierten Wertpapieren handelt
es sich um Unternehmens- und Staatsanleihen.

Der Riickgang der sonstigen Vermogenswerte von 3,4 Mio. €im
Vorjahr auf 2,8 Mio. € zum Jahresende ist im Wesentlichen auf
geringere Umsatzsteuerforderungen zurtickzufiihren, die sich
stichtagsbedingt ergeben haben.

Die langfristigen Schulden verringerten sich von 20,8 Mio. €
auf 10,5 Mio. €. Groliten Anteil an den langfristigen Schulden
haben die Finanzverbindlichkeiten, die sich im Geschaftsjahr um
10,1 Mio. € auf 4,3 Mio. € reduziert haben. Grund flr den Rick-
gangist zum einen die verringerte Restlaufzeit der Verbindlich-
keiten aus Schuldscheindarlehen, die sich nun auf weniger als
einJahr belauft. Damit werden die Verbindlichkeiten aus Schuld-
scheindarlehen in Hohe von 9,0 Mio. € unter den kurzfristigen
Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen.Zum anderen haben sich
die langfristigen Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing im
Geschaftsjahr um 0,9 Mio. € reduziert.

Bei den kurzfristigen Schulden war umgekehrt ein Anstieg von
54,4 Mio. € im Vorjahr auf 56,9 Mio. € zum Bilanzstichtag zu
verzeichnen. Gro3ten Anteil an diesem Anstieg hatte der gedn-
derte Ausweis der Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen,
die nun mit einem Buchwert von 9,0 Mio. €in den kurzfristigen
Finanzverbindlichkeiten enthalten sind. Im Gegenzug haben
sich die kurzfristigen Rickstellungen, die Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkei-
ten um insgesamt 6,4 Mio. € verringert. Die kurzfristigen Rlck-
stellungen sind um1,3 Mio. € auf 3,3 Mio. € zurlickgegangen, was
im Wesentlichen auf den Verbrauch der im Vorjahr passivierten
Restrukturierungsriickstellung in Hohe von 1,4 Mio. € zurtickzu-
flhren ist. Der Ruckgang der sonstigen kurzfristigen Verbindlich-
keiten von 27,0 Mio. € auf 24,1 Mio. € resultiert vor allem aus dem
deutlich gesunkenen Bestand an erhaltenen Anzahlungen, die
sich zum Stichtag auf 18,4 Mio. € (2010: 23,6 Mio. €) beliefen.Im
Gegenzug haben sich die in den sonstigen kurzfristigen Verbind-
lichkeiten enthaltenen Personalriickstellungen um 0,8 Mio. €
auf 3,6 Mio. € erhoht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen haben sich stichtagsbedingt von 9,7 Mio. € im
Vorjahr auf nun 7,6 Mio. € reduziert.

Das Eigenkapital des SUSS MicroTec-Konzerns hat sich seit dem
31. Dezember 2010 um 14,0 Mio. € auf 120,4 Mio. € erhéht. Die
Eigenkapitalquote stieg im Jahresvergleich von 58,6 % auf 64,1%.

Durch die Ausiibung von insgesamt 379.990 Aktienoptionen
durch Vorstand und Mitarbeiter erhohte sich das Stammkapi-
tal um 1,00 € pro Aktienoption und betrug zum Bilanzstichtag
19,1 Mio. €. Pro ausgeubter Aktienoption wurden 0,30 € in die
Kapitalriicklage eingestellt.



GESAMTAUSSAGE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN LAGE

Die Umsatz- und Ergebnissituation von SUSS MicroTec hat
sich im Berichtsjahr erneut sehr erfreulich dargestellt. Der
SUSS MicroTec-Konzern konnte ein EBIT von 18,6 Mio. € (fort-
gefiihrte Aktivitdten) und eine EBIT-Marge von 10,6 % erzielen.

Durch die erneut verbesserte Net Cash-Position von 42,0 Mio. €
(Vorjahr: 34,6 Mio. €) verfugt der Konzern tiber ausreichend
finanziellen Spielraum, um Investitionen in neue Produktent-
wicklungen zu forcieren sowie andere strategische Aktivitaten
zu finanzieren.

INVESTITIONEN

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen
in Sachanlagen keine wesentliche Komponente in der Unter-
nehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschopfung entsteht
durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der
entsprechenden Softwaresteuerung. Fiir diese Tatigkeiten sind
keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanla-
gen langfristig in einem Bereich von ca. 1 bis 2% des Umsatzes
bewegen werden. Eine Ausnahme stellt nur die in dem Segment
Sonstige enthaltene Produktlinie Mikrooptik dar. In dieser Pro-
duktlinie wird Kleinserienfertigung betrieben, fiir die entspre-
chende Fertigungsmaschinen notwendig sind. Investitionen in
diesem Bereich flihren unmittelbar zu einem deutlichen Anstieg
der Sachanlage-Investitionen im Konzern.

Ein Teil der Investitionen ist dem Bereich immaterielle Ver-
mogenswerte zuzuordnen, da flr Entwicklungskosten unter
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nach IFRS eine Akti-
vierungspflicht besteht.

Im abgelaufenen Geschaftsjahr wurde ein weiterer Roll-Out des
konzernweit fihrenden ERP-Systems SAP durchgefiihrt. So wurde
das SAP-System erfolgreich bei der SUSS MicroTec Inc. (Sunnyvale,
Kalifornien /USA) eingefiihrt und im Mai 2011 produktiv einge-
setzt. Die Aufwendungen fiir die SAP-Einflihrung beliefen sich
insgesamt auf rund o,1 Mio. €. Sie wurden aktiviert und werden
Uber eine Nutzungsdauer von funf Jahren abgeschrieben.
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DIE HOLDING - SUSS MICROTEC AG

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Flihrung des
SUSS MicroTec-Konzerns. Sie Gbernimmt unter anderem die
Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der
Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanz-
fragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding fiir Corpo-
rate Identity, Investor Relations und Marketing verantwortlich.
Dartiber hinaus tibernimmt die Holding die Finanzierung von
strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der operativen
Tochtergesellschaften.

Die SUSS MicroTec AG ist in der Regel alleinige Anteilseignerin
andenim Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Aus-
leihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen.
Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt
von der Entwicklung unserer Markte abhangig. Die Holding
refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlage-
fahigen Kosten auf die operativen Gesellschaften, durch Zins-
ertrage aus den Ausleihungen an Tochterunternehmen sowie
durch bestehende Ergebnisabfiihrungsvertrage.

DARSTELLUNG DER FINANZIELLEN KENNZAHLEN DER HOLDIN
inT€

SMT AG (HGB)

Gesellschaft 20Mm 2010 Anderungen in%
Jahresiiberschuss 9.762 6.217 3.545 57%
Eigenkapital 102146 91.843 10.303 %
Bilanzsumme 134.577 126.414 8.163 6%
EK Quote in % 76 % 3%

Anlagevermogen 71.982 68.422 3.560 5%
in% der Bilanzsumme 53% 54%

Umlaufvermogen

und Rechnungs-

abgrenzungsposten 62.595 57.992 4.603 8%
in% der Bilanzsumme 47% 46 %
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Die immateriellen Vermogensgegenstande sanken im abge-
laufenen Geschaftsjahr um o,5 Mio. € und belaufen sich zum
Stichtag auf 2,2 Mio. €. Der Riickgang beruht ausschlieBlich auf
planmaRigen Abschreibungen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen belaufen sich zum
Bilanzstichtag auf 55,7 Mio. € und sind damit um 0,4 Mio. €
geringer als im Vorjahr. Der Riickgang resultiert aus einer
Abwertung der Anteile an der SUSS MicroTec Ltd., Coventry
(GroRbritannien), die aufgrund der Konzernplanung fiir 2012
sowie erwarteter Umsatzschwankungen notwendig wurde.

Der Anstieg der Ausleihungen an verbundene Unternehmen
resultiert aus einem Darlehen gegenliber der Suss MicroTec KK
in Hohe von 4,8 Mio. € und planmaRigen Tilgungen in Hohe
von 0,5 Mio. €.

Die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen
stiegen insgesamt um 1,0 Mio. €. Die Forderungen erhohten
sich deutlich durch die Jahresliberschiisse der Suss MicroTec
Lithography GmbH und der Suss MicroTec REMAN GmbH, die
aufgrund der bestehenden Ergebnisabflihrungsvertrage insge-
samt ein positives Ergebnis von 11,3 Mio. € an die SUSS Micro-
Tec AG abfiihrten.Im Gegenzug wurde eine kurzfristige Forde-
rung gegen die Suss MicroTec KK in ein langfristiges Darlehen
umgewandelt. Dariiber hinaus waren planmaRige Riickzahlun-
gen von kurzfristigen Forderungen der HamaTech APE und der
Suss MicroTec Inc. zu verzeichnen. Dadurch sanken die kurzfris-
tigen Forderungen um 10,3 Mio. €.

Die SUSS MicroTec AG konnte im Berichtsjahr ihre Liquiditats-
position weiter ausbauen. Der Ausbau resultiert im Wesentli-
chen aus dem positiven Free Cashflow der tber das Konzern-
Cashpooling mit der AG verbundenen Tochtergesellschaften. Die
Erhéhung der Liquiditatsposition wird sowohl im Anstieg der
Guthaben bei Kreditinstituten in Hohe von 0,2 Mio. € als auch
im Zuwachs von Wertpapieren in Hohe von 3,4 Mio. € sichtbar.
Bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um
Unternehmens- und Staatsanleihen.

Die Verbindlichkeiten gegenuiber verbundenen Unternehmen
sanken im Berichtsjahr in Summe um 0,2 Mio. €. Der Riickgang
resultierte aus der Rickfiihrung von Verbindlichkeiten durch die
Suss MicroTec Lithography GmbH. Gegenlaufig entstanden im
Jahr 2011 Verbindlichkeiten gegeniiber der Suss MicroTec Inc.,
die in ein langfristiges Darlehen umgewandelt wurden. Zum
Stichtag belauft sich die Darlehensverbindlichkeit auf umge-
rechnet rund 7,7 Mio. €

Die Verbindlichkeiten gegeniber Kreditinstituten sanken im
Verlauf des Jahres 2011 um 0,2 Mio €. Der Riickgang resultiert
aus planmaRigen Tilgungen eines Darlehens zur Finanzierung
des Betriebsgrundstiicks in Sternenfels. Weiterhin unverandert
besteht das im Dezember 2012 fallige Schuldscheindarlehen.

Das erhohte Eigenkapital (+10,3 Mio. €) resultiert im Wesentli-
chen aus dem Jahresiiberschuss des Geschéftsjahres (9,8 Mio. €)
und der im Geschaftsjahr ausgelibten Aktienoptionen
(0,5 Mio. €).

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SUSS MicroTec AG
ergab sich fiir das Geschaftsjahr 2011 ein Jahreslberschuss von
9,8 Mio. € (Vorjahr: 6,2 Mio. €).

Aufgrund des zum o1.Januar 201 giiltigen Gewinnabflihrungs-
vertrags mit der Suss MicroTec Lithography GmbH, Garching,
wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnlibernahme in
Hohe von 10,2 Mio. € ergebniswirksam gebucht. Aufgrund des im
Geschaftsjahr 2008 geschlossenen Gewinnabflihrungsvertrags
mit der Suss MicroTec REMAN GmbH, Oberschleissheim, wurde
bei der Holding ein Ertrag aus Gewinniibernahme in Hohe von
1,1 Mio. € (Vorjahr:1T€ Verlust) ergebniswirksam erfasst.



In den sonstigen betrieblichen Ertragen sind lberwiegend
Fremdwahrungsgewinne in Hohe von 1,9 Mio. € (Vorjahr:
4,0 Mio. €) und Mieterldse in Hohe von 1,0 Mio. € (Vorjahr:
0,6 Mio €) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten —neben
laufenden Aufwendungen fir die Verwaltung — Fremdwah-
rungsverluste in Hohe von 3,4 Mio. € (nach 1,5 Mio. € im Vorjahr).

Die Zinsaufwendungen stiegen im Geschaftsjahr um 0,1 Mio. €,
was im Wesentlichen auf das 2010 neu hinzugekommene Dar-
lehen zuriickzufiihren ist.

In der SUSS MicroTec AG waren im Geschaftsjahr 2011 durch-
schnittlich 20 (Vorjahr:19) Mitarbeiter tatig.

Neben der Entwicklung des US-Dollars hangt die kurz- und
mittelfristige Entwicklung der SUSS MicroTec AG vor allem
von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentli-
cher Tochtergesellschaften ab. Die Finanz- und Ertragslage der
Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend fiir die Hohe des
zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und fiir
die Ausschiittung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft.
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MITARBEITER IM KONZERN

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen
stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts
dar. Auch die Anlernzeiten, insbesondere im technischen
Bereich, sind aufgrund der sehr spezifischen Produkte langer
als ein Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine
leistungsgerechte Bezahlung Grundvoraussetzungen fir die
Erhaltung bestehender und fiir die Anwerbung qualifizierter
neuer Mitarbeiter.

Zum Ende des Geschéftsjahres 2011 waren 624 (Vorjahr: 616)
Mitarbeiter im Konzern beschaftigt.

MITARBEITER BEREICHE
» 2010

VERWALTUNG
> 4

MARKETING UND VERTRIEB
I ¢

PRODUKTION UND TECHNIK
IS 308

SUSS-GRUPPE
D> 616
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Infolge der im Jahr 2011 durchgefiihrten Kapitalerhohungen
aufgrund von Ausiibungen von Aktienoptionen, unter Nutzung
des bedingten Kapitals, hat sich das gezeichnete Kapital der
SUSS MicroTec AG zum 31.12.2011 auf 19.101.028 € erhoht. Es ist
aufgeteiltin 19.101.028 auf den Namen lautende Stiickaktien. Es
bestehen keine unterschiedlichen Aktiengattungen.

Es bestehen keine Beschrankungen beziiglich der Stimmrechte
oder der Ubertragung von Aktien.

Zum Bilanzstichtag gibt es keine direkten oder indirekten
Beteiligungen am Kapital der SUSS MicroTec AG, die 10%
uberschreiten.

Sonderrechte von Aktionaren, die Kontrollbefugnisse verleihen,
bestehen nicht. Uber die bestehenden Aktienoptionsplane sind
Arbeitnehmer nach Austibung ihrer Optionen am Kapital der
Gesellschaft beteiligt. Die ihnen hieraus entstehenden Kontroll-
rechte Uben sie unmittelbar aus.

Die Regelungen zur Ernennung und Abberufung von Vorstands-
mitgliedern der SUSS MicroTec AG ergeben sich aus den §§ 84 1.
AktG. Die Satzung enthalt diesbezliglich keine weitergehenden
Regelungen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt
gemafR § 7 der Satzung der Aufsichtsrat. Dieser kann auch ein
Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden oder Sprecher des Vor-
stands und ein weiteres Mitglied zum stellvertretenden Vor-
sitzenden ernennen.

Satzungsanderungen sind in den §§ 133, 179 AktG geregelt.
Die Befugnis zu Anderungen der Satzung, die nur die Fassung
betreffen, wurde gemaf § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG an den Auf-
sichtsrat delegiert.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19. Juni 2008 ermachtigt worden, in der Zeit bis zum
19.Juni 2013 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt
2.552.863 € durch Ausgabe von bis zu 2.552.863 neuen Stlick-
aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhéhen. Ausgegeben
werden dirfen jeweils Namensaktien. Der Vorstand ist ferner
ermachtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter
Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Akti-
onare auszuschlieRen.

Weiterhin ist der Vorstand durch Beschluss der Hauptver-
sammlung am 21. Juni 2011 ermachtigt worden, in der Zeit
bis zum 21.Juni 2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis
zu insgesamt 6.500.000 € durch Ausgabe von bis zu 6.500.000
neuen Stilickaktien gegen Bareinlagen zu erhohen. Ausgegeben
werden dirfen jeweils Namensaktien. Der Vorstand ist ferner
ermachtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter
Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Akti-
onare auszuschlieRen.

Die bestehenden Schuldscheinvertrage beinhalten eine Change-
of-Control-Klausel. Demzufolge haben die Darlehensgeber die
Moglichkeit zur auBerordentlichen Kiindigung, wenn eine
oder mehrere Personen, die nicht dem Kreis der bestehenden
Hauptaktionare zuzurechnen sind, eine Anzahl von Aktien an
der SUSS MicroTec AG halten oder erworben haben, auf die 50 %
oder mehr der Stimmrechte entfallen.



Mit den zwei Banken des bestehenden Konsortiums bestehen
unter einem gemeinsamen Sicherheitenpool jeweils bilaterale
Kreditverhaltnisse, die hinsichtlich ihrer Ausgestaltung bzw.
Konditionen Unterschiede aufweisen. So enthalt ein Kredit-
verhaltnis ein aulRerordentliches Kiindigungsrecht, falls eine
Anderung der Gesellschaftsverhiltnisse / ein Change-of-Control
eintritt und zwischen den Parteien keine rechtzeitige Einigung
Uber die Fortsetzung zu gegebenenfalls veranderten Konditi-
onen, z. B. hinsichtlich der Verzinsung, der Besicherung oder
sonstiger Absprachen, erzielt wurde.

Weitere wesentliche Vereinbarungen der SUSS MicroTec AG,
die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines
Ubernahmeangebots stehen, bestehen nicht.

Entschadigungsvereinbarungen o. d. mit Arbeitnehmern bzw.
Mitgliedern des Vorstands fur den Fall eines Ubernahmeange-
bots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen Regelungen
beziiglich der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte und
hieraus resultierenden Kontrollméglichkeiten, weder durch Ein-
richtung besonderer Aktiengattungen noch durch Stimmrechts-
oder Ubertragungsbeschrankungen. Uber die gesetzlichen
Regelungen hinausgehende Vorschriften lber die Bestellung
oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vor-
handen. Wesentliche Geschaftsbereiche oder Aktivitaten der
SUSS MicroTec AG kénnen mit Ausnahme des Schuldschein-
darlehens im Fall eines Ubernahmeangebots durch vorliegende
,Change-of-Control“-Klauseln nicht wegfallen.

KONZERNLAGEBER >> GESCHAFTSBERICHT 201

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SUSS MicroTec AG
haben mit Datum vom 8. Mdrz 2012 eine gemeinsame Erkla-
rung zur Unternehmensfihrung nach §289a HGB abgege-
ben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.suss.com/de/ investor-relations / corporate-governance /

erklaerung-zur-unternehmensfuehrung.html allgemein zugang-

lich gemacht.

AKTUELLE EREIGNISSE NACH DEM STICHTAG

Im Rahmen der VerdauBerung des Test Business zum
28. Januar 2010 wurden vom Kaufpreis insgesamt 2,5 Mio. €
aufTreuhandkonten eingestellt. Die Auszahlung war abhangig
von bestimmten Bedingungen, die nach der Transaktion von
SUSS MicroTec erfiillt werden mussten. Zum 31.12.2011 wiesen
die Treuhandkonten einen verbleibenden Betrag in Hohe von
1,5 Mio. € aus. Am 27.Januar 2012 (24 Monate nach Abschluss
des Kaufvertrags) galten die entsprechenden Bedingungen
als erfillt. Der Betrag in Hohe von 1,5 Mio. € wurde im Februar
2012 an die SUSS MicroTec AG ausbezahlt und ertragswirksam
erfasst. Der Ertrag wird 2012 als ,,Gewinn aus nicht fortgefiihr-
ten Aktivitaten“ ausgewiesen werden.

STIMMRECHTSMITTEILUNGEN NACH

DEM STICHTAG

Die Universal Investment Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main,
Deutschland, hat uns gemafd § 21 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 Satz
1 Nr. 6 WpHG am 21. Februar 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimm-
rechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland,
am 20.Februar 2012 die Schwelle von 3% unterschritten hat und
zu diesem Tag 2,54 % betragt (486.093 Stimmrechte). Davon
sind ihr 2,28 % (436.843 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1
Nr. 6 WpHG zuzurechnen.
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RISIKOMANAGEMENT-SYSTEM

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfullung
der gesetzlichen Anforderungen ist das Risikomanagement-
System seit langem Bestandteil der Unternehmensfiihrung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das
Risikomanagement bei SUSS MicroTec auch mit langfristi-
gen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die
Geschaftsentwicklung auswirken kdnnen. Auf der Grundlage
eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten
Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen
Risiken grundsatzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets
ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrol-
lierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein fir Risiken sollte
nicht die Fahigkeit beeintrachtigen, Chancen zu erkennen und
zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionare zu nutzen.

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an
der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns.
Mit der Einflihrung des Risikomanagement-Systems wurde ein
Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate
direkt an den Vorstand berichtet.

Das eingerichtete Risikofriherkennungs-System wird im Rah-
men der Jahresabschlussprifung jahrlich geprift.

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten
mindestens einmal jahrlich einen Workshop, der neben der
Retrospektive vor allem auf zukiinftige Entwicklungen eingeht.
AuRerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheit-
liche Bewertungsmethodik sicherzustellen.

Auf Basis dieser Workshops werden vierteljahrlich Risikoberichte
erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Wiirdigung unter-
ziehen und neue Themen aufnehmen.

PI6tzlich auftretende Risiken werden dariiber hinaus unverziig-
lich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen
Einheit gemeldet.

Wichtiger Bestandteil zur Risikofriiherkennung ist das Qualitats-
management des Konzerns. An den groen Produktionsstandor-
ten liegt eine Zertifizierung nach ISO goo1 vor, die ein zuverlas-
siges, prozess- und systemorientiertes Qualitdtsmanagement
bestatigt. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte
Prozesse im Rahmen des Qualitdtsmanagements sorgen nicht
nur fir Transparenz, sondern sind mittlerweile bei den meisten
Produktionskunden eine Vorbedingung fiir die erfolgreiche Ver-
marktung unserer Maschinen.



Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe
der maximalen Schadenshohe, wenn keine Gegenmalinahmen
ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert
durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermit-
telt, die entsprechende Gegenmafnahmen berlcksichtigt und,
wie auch die Ermittlung der maximalen Schadenshéhe, auf den
Kenntnissen und Erfahrungen der Risikobeauftragten beruht
und somit stets dem aktuellsten Stand entspricht. Die Angabe
des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kom-
menden 12 bzw. 24 Monate.

Die identifizierten Risiken werden mit Hilfe einer Risikomatrix
in drei verschiedene Risikoklassen eingeordnet, die sowohl die
mogliche Schadenshohe als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit
berlicksichtigen. Risiken ab einer Schadenshtéhe von 10 Mio. €
werden als ,bestandsgefahrdend” angesehen.

Je nach Art des Risikos und der Hohe der Bewertung werden
abgestuft MalRnahmen der Risikovermeidung bzw.-minderung
getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an
der einleitend erwahnten Maxime eines chancenorientierten
Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmalinah-
men wird subsidiar durchgefiihrt. Die Risikoverantwortlichen
beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung
und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken
verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung
ausreichen, fordern sie Hilfe von hoheren Ebenen an.

Aus der weltweiten Tatigkeit in der Hochtechnologie ergeben
sich allgemeine und aktuelle Risiken fiir das Unternehmen. Der
Vorstand hat zur Uberwachung von Risiken in geeigneter Weise
MaRnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand
der SUSS MicroTec-Gruppe gefihrden, rechtzeitig zu erkennen.

KONZERNLAGEB >> GESCHAFTSBERICHT 201

Das Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Konzern-
rechnungslegungsprozess zielt darauf ab, das Risiko der Falsch-
aussage in der Konzernrechnungslegung sowie in der externen
Berichterstattung zu minimieren. Es dient im ersten Schritt der
Identifikation und Bewertung, weiterhin der Begrenzung und
Uberpriifung erkannter Risiken im Konzernrechnungslegungs-
prozess, die dem Ziel der Regelungskonformitat des Konzern-
abschlusses entgegenstehen konnten. Das interne Kontroll-
system des Rechnungslegungsprozesses soll gewahrleisten,
dass trotz identifizierter Risiken in der Finanzberichterstattung
ein mit hinreichender Sicherheit regelungskonformer Konzern-
abschluss erstellt wird.

Die Wirksamkeit des internen Kontroll- und Risikofriiherken-
nungssystems wird im Rahmen der Abschlusspriifung zum
Jahresende durch den Abschlussprifer tiberpriift. Dabei werden
ausgewahlte interne Kontrollen untersucht und deren Effekti-
vitat beurteilt. Darliber hinaus werden ausgewahlte Aspekte
der eingesetzten IT-Systeme gepruft. Eine absolute Sicherheit
kann jedoch auch mit angemessenen und funktionsfahigen
Systemen nicht gewahrleistet werden.

Die SUSS MicroTec AG nutzt ihr konzernweit giiltiges Bilan-
zierungshandbuch zur einheitlichen Regelung von Bilanzie-
rungsgrundsatzen. Durch eindeutige Vorgaben soll der Ermes-
sensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz und Bewertung von
Vermégenswerten und Schulden eingeschrankt und somit das
Risiko konzernuneinheitlicher Rechnungslegungspraktiken
verringert werden. Den Tochtergesellschaften sind bestimmte
Berichtspflichten und -umfange zwingend vorgegeben. Die
Einhaltung der Berichtspflichten und -fristen wird durch die
zentralen Abteilungen Finanzen und Controlling Gberwacht.
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Die Buchhaltung der Tochtergesellschaften wird entweder lokal
mit eigenen Mitarbeitern oder mit der Unterstiitzung von exter-
nen Buchfiihrungsfirmen oder Steuerberatungsgesellschaften
durchgefiihrt. Dabei werden unterschiedliche EDV-Systeme
eingesetzt. Alle deutschen Gesellschaften arbeiten bereits seit
2008 mit SAP. Seit 2010 wird SAP auch bei der Suss MicroTec
(Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu (Taiwan), verwendet. Im
Geschaftsjahr wurde SAP schlielich bei der Suss MicroTec Inc.,
Sunnyvale (Kalifornien /USA),implementiert. Das Reporting an
die Konzernzentrale erfolgt mit Hilfe der Managementinfor-
mationssoftware ,MIS Package®. Die Einzelabschliisse werden
schlieBlich in ein zentrales Konsolidierungssystem eingelesen.
Auf Konzernebene wird innerhalb der Finanzabteilung und des
Controllings die Ordnungsmafigkeit und Verlasslichkeit der von
den Tochtergesellschaften vorgelegten Einzelabschlisse uber-
priift. Kontrollen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses, wie
beispielsweise der Schulden- oder der Aufwands- und Ertrags-
konsolidierung, erfolgen manuell. Eventuelle Mangel werden
korrigiert und an die Tochtergesellschaften zurlickberichtet. Die
eingesetzten Finanzsysteme sind durch entsprechende Berech-
tigungskonzepte und Zugangsbeschrankungen vor Missbrauch
geschitzt. Zugriffsberechtigungen werden regelmaRig tiber-
prift und gegebenenfalls aktualisiert.

ALLGEMEINE WIRTSCHAFTLICHE RISIKEN UND
BRANCHENRISIKEN

Unser Geschaftsumfeld wird durch die regionalen wie auch die
weltweiten konjunkturellen Bedingungen beeinflusst. Die Welt-
wirtschaft hat im Verlauf des Jahres 2011 splrbar an Dynamik
verloren. Insbesondere die Zuspitzung der Schuldenkrise im
Euroraum, der kréftige Anstieg des Olpreises im Zusammenhang
mit den politischen Veranderungen in den arabischen Landern
und die Auswirkungen des Erdbebens in Japan sorgten fiir erheb-
liche Unsicherheiten, die die wirtschaftliche Entwicklung drossel-
ten. Das Welt-Bruttoinlandsprodukt weist 2011 nur einen Zuwachs
von etwa 2,6 % auf (nach einem Anstieg von circa 3,7% 2010).

Trotz der eher verhaltenen Entwicklung der Weltwirtschaft
konnte SUSS MicroTec (wie auch andere Unternehmen der Halb-
leiterbranche) den Umsatz 2011 deutlich ausweiten, was jedoch
teilweise auf den hohen Auftragsbestand zum Jahresbeginn
zurlickzufiihren ist. Der hochste Umsatzanteil wurde wieder in
den Regionen China, Taiwan und sonstiges Asien erzielt. Auch
die Umsatze mit japanischen Kunden haben sich — entgegen
den Erwartungen — deutlich erhoht. Besonders positiv haben
sich 2011 die Umsatze mit Kunden in Nordamerika entwickelt:
Hier konnte ein Umsatzzuwachs von etwa knapp 55 % erreicht
werden. Die Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung
machte sich jedoch insbesondere in der zweiten Jahreshalfte
bemerkbar, in der ein deutlicher Riickgang des Auftragseingangs
zu verzeichnen war.

Die schwierige Einschatzbarkeit der kurz- und mittelfristigen
Marktentwicklung gehort unverdandert zu den groften Risiken
des Unternehmens. Insbesondere die Halbleiterindustrie, die
zu unseren Absatzmarkten zahlt, ist von starken Marktzyklen
gepragt. Diesen Risiken begegnen wir durch schlanke Struktu-
ren, die bei schwacher Geschaftsentwicklung zligig angepasst
und gegebenenfalls durch Outsourcing erganzt werden kdnnen.

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs konn-
ten Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials
ungeplant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere,
effizientere oder glinstigere Losungen fir das gleiche Problem
bieten wiirden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch
gezielte Forschung und Entwicklung und durch einen laufen-
den Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen
Kunden.

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen
einzelner Mitarbeiter abhangig, vor allem im Bereich der For-
schung und Entwicklung. Eine Nichtverfuigbarkeit dieser Mitar-
beiter flr die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das
durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.



BETRIEBLICHE RISIKEN

Angesichts der duRerst positiven Entwicklung des Bestands an
flissigen Mitteln, der hohen Eigenkapitalquote und der schlan-
ken Kostenstruktur sind die Risiken, die sich fuir SUSS MicroTec
aus der aktuellen Vermogens- und Ertragslage ergeben konnten,
Uberschaubar. Der Break-Even-Umsatz liegt auch 2011 wieder
deutlich unter dem tatsachlich erwirtschafteten Umsatz. Unter
Berlicksichtigung des zum Jahresende 2011 vorhandenen Auf-
tragsbestands gehen wir davon aus, dass wir 2012 wieder einen
Umsatz deutlich tiber dem Break-Even-Umsatz erwirtschaften
werden.

Zum 31.12.201 weist SUSS MicroTec einen Goodwill in Hohe von
rund 13,6 Mio. € aus, der ausschliel3lich dem Bereich Lithografie
zuzuordnen ist. Der Bereich Lithografie erwirtschaftet mehrals
die Halfte des Konzernumsatzes und tragt ganz wesentlich zu
einem positiven Konzernergebnis bei. Flir 2012 erwarten wir
zwar riicklaufige Umsatze in diesem Segment. Der Bereich Litho-
grafie wird jedoch auch im nachsten Jahr mehr als die Halfte des
gesamten Konzernumsatzes erwirtschaften und weiterhin sehr
profitabel sein. Fir Wertminderungen im Segment Lithografie
sehen wir daher keine Anzeichen.

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverandert ein deutlicher
Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erho-
lenden Markten urspriingliche Zielverkaufspreise nicht mehr
erreicht werden konnen. Diesem Risiko begegnen wir mit einer
stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Kon-
ditionen auch auf Auftrage, um bei sich erholenden Markten
den Kunden gegentiber eine konsistente Preisgestaltung zu
gewahrleisten.

KONZERNLAGEB >> GESCHAFTSBERICHT 201

Die Produkte von SUSS MicroTec werden durch ein umfassendes
Risiko- und Qualitatsmanagement regelmafig analysiert, kont-
rolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im
Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anfor-
derungen an die Produktqualitdt kann sich das Haftungsrisiko
fur SUSS MicroTec erhéhen. SUSS MicroTec verfugt, neben
anderen Versicherungen, tiber eine Produkthaftpflichtversiche-
rung flr die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit moglich
limitiert.

2011 hat sich die Konzernstruktur nur unwesentlich verandert.
Im Juli 2011 wurde die SUSS MicroTec Asia Company Ltd., Bang-
kok (Thailand), liquidiert und zum 28. Juli 2011 entkonsolidiert.
Der Geschaftsbetrieb der Gesellschaft wurde bereits 2009
stillgelegt.

Im Oktober 2011 hat SUSS MicroTec sein Maskengeschaft — die
Herstellung von Fotomasken durch die SUSS MicroTec Precis-
ion Photomask Inc. - verkauft. Dieser Schritt unterstiitzt das
Geschaft von SUSS MicroTec mit Fotomasken-Equipment, indem
mogliche Konkurrenzsituationen mit Kunden ausgeschlossen
werden. Der Verkauf erfolgte als Asset Deal, so dass die Gesell-
schaft SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. zwar weiterhin
zum Konzern gehort, jedoch nun keinen Geschaftsbetrieb mehr
beinhaltet.

Die Verlagerung des im US-amerikanischen Waterbury (Ver-
mont) ansdssigen Geschaftsbereichs Substrat Bonder nach
Deutschland wurde im April 2011 abgeschlossen. SUSS Micro-
Tec war darauf vorbereitet, auftretenden Schwierigkeiten zu
begegnen und hat verschiedene Risiken identifiziert, die den
Umzug, die Integration des Bonder-Bereichs in die Suss MicroTec
Lithography GmbH und die Neuordnung des Vertriebs negativ
beeinflussen konnten. Nachdem die Verlagerung abgeschlossen
und die Bonder-Produktion in Sternenfels eingerichtet war, hat
sich herausgestellt, dass die beflirchteten Schwierigkeiten in
weit geringerem MaR eingetreten sind als erwartet.

65



66 > SUSS MICROTEC AG

Fir eine erfolgreiche Verlagerung und Fortfiihrung des Subs-
trat Bonder Bereichs war SUSS MicroTec darauf angewiesen,
dass das bei den nordamerikanischen Mitarbeitern vorhandene
Know-how bewahrt und auf die nun in Sternenfels bzw. Kali-
fornien tatigen Mitarbeiter Gbertragen wird. Erfreulicherweise
konnte SUSS MicroTec mehrere Mitarbeiter aus Waterbury fiir
einen Zeitraum von sechs bis 15 Monaten in Sternenfels weiter
beschaftigen. Die Einarbeitung der ca. 50 neu eingestellten
Mitarbeiter in Sternenfels und der Erfahrungsaustausch mit
den US-Kollegen haben hervorragend funktioniert, so dass
kein Know-how verloren ging. Ein Mitarbeiter des ehemaligen
Standorts Waterbury wurde inzwischen unbefristet bei der Suss
MicroTec Lithography GmbH in Sternenfels angestellt. Die Neu-
organisation der Produktion, der Forschung und Entwicklung
sowie des Produktmanagements flir den Bereich Bonder konnte
somit erfolgreich abgeschlossen werden.

SUSS MicroTec hat (per Ad-Hoc-Mitteilung vom 10. Juni 2010)
bereits friihzeitig tiber die Details und den Zeitplan der Verlage-
rung des Substrat Bonder Bereichs und der nordamerikanischen
Vertriebs- und Serviceorganisation informiert. Sowohl Kunden
als auch Lieferanten des Substrat Bonder Bereichs hatten damit
sehr lange Gelegenheit, sich auf die sich verandernden Verhalt-
nisse vorzubereiten. Zu zahlreichen US-Lieferanten wurden die
Geschaftsbeziehungen aufrechterhalten und funktionieren
heute — nach Uberwindung einiger Anlaufschwierigkeiten —
reibungslos. Zusatzlich wurden neue Lieferbeziehungen mit
europaischen Lieferanten eingerichtet. Leider haben der Umzug
und die Neuorganisation der Lieferbeziehungen zwischenzeit-
lich zu verlangerten Lieferzeiten auf Kundenseite gefiihrt. Diese
so nicht erwarteten langen Lieferzeiten verursachten einen Teil
des Umsatzriickgangs im Substrat Bonder Bereich.

In den kommenden Jahren erwartet SUSS MicroTec ein deutli-
ches Wachstum im Bereich Substrat Bonder. Nach der erfolg-
reichen Integration des Substrat Bonder Bereichs in die Suss
MicroTec Lithography GmbH und der Neuausrichtung der Liefe-
rantenbeziehungen sieht sich SUSS MicroTec in diesem Bereich
sehr gut aufgestellt.

FINANZMARKTRISIKEN

Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmitteln
oder Ertragen. Dieser tritt ein,wenn der Kunde nicht in der Lage
ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Falligkeit nachzukom-
men, oder die als Sicherheit dienenden Vermogenswerte an Wert
verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit giiltige Richtli-
nie zum Thema ,Credit Assessment” implementiert. Diese Richt-
linie legt fiir die einzelnen Vertriebseinheiten des Unternehmens
fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen
im Einzelfall unter Berticksichtigung kunden- und ldnderspezi-
fischer Aspekte vereinbart werden. Auftrage mit Kunden, die in
,Risk Countries” angesiedelt sind, kdnnen demzufolge nur gegen
Anzahlung des gesamten Auftragswerts, einer Bankgarantie oder
eines Letter of Credit abgewickelt werden. Im Fall von Kunden,
die in ,Non Risk Countries” ansassig sind und eine bestimmte
GroRenordnung tiberschreiten, wird ein entsprechendes Kunden-
rating erstellt. Die Ratings beruhen auf den Angaben externer
Kreditratingagenturen.Je nach Einstufung des Kunden sind fiir
die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw.
-absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen in Hohe von 18,3 Mio. € (Vorjahr: 16,4 Mio. €) sind zum
Bilanzstichtag insgesamt 13,4 Mio. € (Vorjahr: 6,8 Mio. €) der
Forderungen weder Uberfallig noch wertgemindert. Bei diesen
Forderungen lagen zum 31. Dezember 2011 keine Anhaltspunkte
vor,dass Zahlungsausfalle eintreten werden.

Die Altersstruktur der iberfalligen, aber nicht wertgeminderten
Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahres-
stichtag wie folgt dar (in T€):

20M 2010
Altersanalyse der iiberfalligen
Forderungen ohne Wertberichtigung
1-30 Tage 832 2164
31- 60 Tage 925 1.645
61- 90 Tage 1.231 221
91-180 Tage 1.215 1.606
Uberfillige Forderungen
ohne Wertberichtigung 4.203 7626




Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 0,8 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €)
des Bruttoforderungsbestands lberfallig und wertberichtigt.
Die Altersstruktur der tiberfalligen und wertberichtigten For-
derungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtagistin
folgender Tabelle dargestellt (in T€):

20M 2010
Altersanalyse der iiberfdlligen
Forderungen mit Wertberichtigung
91-180 Tage 148 196
181- 360 Tage 300 1.239
> 360 Tage 302 557
Uberfillige Forderungen mit
Wertberichtigung 750 1.992

Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigun-
gen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden
sich im Konzernanhang.

Zum Jahresende weist der SUSS MicroTec-Konzern einen Net
Cash-Bestand von 42,0 Mio. € aus (Vorjahr: 34,6 Mio. €). Der
Free Cashflow belief sich im abgelaufenen Geschaftsjahr auf
3,5 Mio. € (Vorjahr: 14,1 Mio. €).

Das 2007 begebene Schuldscheindarlehen in Hohe von g Mio. €
istim Dezember 2012 zur Riickzahlung fallig. Aufgrund der aktu-
ell sehr positiven Finanzlage und der positiven Planung fiir das
Jahr 2012 wird SUSS MicroTec in der Lage sein,den im Dezember
2012 falligen Betrag aus eigenen Mitteln zu tilgen. Unabhadngig
davon wird SUSS MicroTec bei Falligkeit des Schuldscheindarle-
hens die zukiinftige Finanzierung des Konzerns unter Berlick-
sichtigung der aktuellen Situation beurteilen und eventuell neu
ordnen.

KONZERNLAGEBER >> GESCHAFTSBERICHT 201

Derzeit stellen zwei Banken im Rahmen eines Bankenkonsortiums
eine Kreditlinie von 8,0 Mio. €, die zunachst bis zum 31. Marz 2012
befristet ist. Zusitzlich kann SUSS MicroTec eine Kreditlinie der
DZ Bank AG in Hohe von 2,0 Mio. € nutzen, die ebenfalls bis 31.
Marz 2012 befristet ist. Darliber hinaus besteht eine Avallinie in
Hohe von 2,5 Mio. € bei einer Versicherungsgesellschaft. Eine
weitere Kreditlinie in Hohe von 1,0 Mio. € steht der HamaTech
APE GmbH & Co.KG zur Verfligung. Diese Kredit- und Avallinien
nutzen wir derzeit, um Anzahlungsbiirgschaften im operativen
Geschaft zu stellen. Sollte es nicht gelingen, die Kreditlinien des
Bankenkonsortiums und der DZ BANK Uber den 31. Marz 2012
hinaus zu verlangern, missten wir zukiinftig bei einzelnen Kun-
den, die auf solche Birgschaften bestehen,auf Anzahlungen ver-
zichten. Dies wiederum wiirde die vollstandige Vorfinanzierung
von Kundenauftragen bedingen sowie die Wahrscheinlichkeit fir
Stornierungen von Auftragen erhéhen.

Fiir 2012 ist geplant, Kreditvertrage mit einem auf drei Banken
ausgelegten Bankenkonsortium unter Fiihrung der BayernLB
abzuschlieBen, um die fiir die Unterlegung von Anzahlungs-
birgschaften notwendigen Kreditlinien auch weiterhin zur
Verfligung zu haben. Die Verhandlungen sind bereits weit
fortgeschritten. Die neuen Vertrage werden vorraussichtlich
Ende Marz 2012 abgeschlossen werden. Wir gehen fest davon
aus, dass wir damit auch zukiinftig alle erforderlichen Anzah-
lungsbiirgschaften stellen konnen.

Die Minimierung der Abhangigkeit, insbesondere von kurzfris-
tigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko
gering halten.Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das
Ziel, mit entsprechenden Cashflows auch aus der Optimierung
des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedri-
gem Niveau zu halten. Weitere Einzelheiten zur Liquiditats-
situation der Gesellschaft finden sich unter Textziffer (24) des
Konzernanhangs.

Marktpreisschwankungen kénnen fir das Unternehmen signifi-
kante Cashflow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. Anderun-
gen der Fremdwahrungskurse und der Zinssatze beeinflussen
sowohl das weltweite operative Geschaft als auch die Investi-
tions- und Finanzierungsalternativen.
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SUSS MicroTec ist im Rahmen der gewdhnlichen Geschéfts-
tatigkeit aufgrund der internationalen Ausrichtung Fremdwah-
rungsrisiken ausgesetzt. Die Wahrungssicherung erfolgt auf
Basis bestehender Fremdwahrungsauftrage. Fiir Auftrage, die
binnen drei bzw. sechs Monaten abgearbeitet werden, betragt
die Sicherungsquote rund 65 % bzw. 45 %. Als Sicherungsinst-
rumente werden Devisentermingeschafte genutzt. Fir weitere
Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Text-
ziffer (29).

Die Fremdwahrungssensitivitat wird durch die Aggregation der
Fremdwahrungspositionen des operativen Geschafts und des
Konzern-Treasury ermittelt. Dabei werden die Fremdwahrungs-
risiken durch Simulation einer zehnprozentigen Abwertung aller
Fremdwahrungen gegenliber dem Euro berechnet. Diese simu-
lierte Abwertung hatte zum Bilanzstichtag zu einer Erhohung
der Euro-Gegenwerte in Hohe von 53 T€ (Vorjahr: Reduzierung
um 501 T€) und einer entsprechenden Erhéhung (Vorjahr: Ver-
ringerung) des Jahresergebnisses gefiihrt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammensetzung des Fremd-
wahrungsexposures und die Auswirkungen auf das Jahres-
ergebnis zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag (in T€):

201

usbD JPY SUMME
Zahlungsmittel und Zahlungs-
mitteldquivalente 1.843 6 1.849
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 1.671 0 1.671
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen -1.390 -108 -1.498
Kundenanzahlungen -2.602 0 -2.602
Netto-Exposure -478 -102 -580
Effekt auf das Jahresergebnis bei
10 %iger Aufwertung des Euro 43 9 53

2010

usD JPY SUMME
Zahlungsmittel und Zahlungs-
mitteldquivalente 5.573 374 5.947
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 3.694 1344 5.038
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen -683 -58 -141
Kundenanzahlungen -4.729 0 -4.729
Netto-Exposure 3.855 1.660 5.515
Effekt auf das Jahresergebnis bei
10 %iger Aufwertung des Euro -350 -151 -501

Das Zinsanderungsrisiko des Unternehmens ist begrenzt, da
auf die im Geschaftsjahr 2007 platzierten variablen Teile des
Schuldscheindarlehens laufzeitkongruente Zinsswaps gelegt
wurden. Urspriinglich variable Konditionen wurden dadurch
in fixe Konditionen eingetauscht. Auch das variabel verzinste
Darlehen im Zusammenhang mit der Grundsticksfinanzierung
in Sternenfels wurde mit einem laufzeitkongruenten Zinsswap
gesichert.

Alle weiteren wesentlichen Finanzschulden von SUSS MicroTec
basieren auf Darlehensvertragen mit festen Zinssatzen und
unterliegen keinem Zinsanderungsrisiko.

Das Unternehmen halt festverzinsliche Unternehmens- und
Staatsanleihen, die zu jeder Zeit lber eine Bank oder tber die
Borse verdulert werden konnen. Der Kurs ist unter anderem
auch beeinflusst durch das aktuelle Marktzinsniveau. Sollte das
Unternehmen Wertpapiere vor dem Ende der Laufzeit verau-
RBern (z. B. zur Deckung eines ungeplanten Liquiditatsbedarfs,
der nicht durch freie Mittel gedeckt werden kann), kdnnten
ungeplante Kursverluste entstehen.

Im Konzern wurden im Geschaftsjahr 2011 keine bestandsge-
fahrdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unterneh-
mens war unter Substanz- und Liquiditatsgesichtspunkten zu
keiner Zeit gefahrdet.



Die volkswirtschaftlichen Vorgaben fiir das abgelaufene
Geschaftsjahr waren insgesamt sehr positiv. Nach einem starken
Wachstumsjahr 2010 verzeichnete auch das Jahr 2011 zunachst
einen guten Start. Die konjunkturellen Erwartungen tribten
sich allerdings erstmals mit der Japan-Krise im Marz 2011 ein.
Die schwere Naturkatastrophe hatte jedoch weitaus weniger
Einfluss auf die Weltwirtschaft als man es anfangs erwartet
hatte. Auch die Schuldenkrise in Europa hatte zunachst wenige
Auswirkungen auf die Markte. Als jedoch im Sommer 2011 zu
dem Schuldenproblem in Griechenland auch noch politische
Turbulenzen in Italien sowie heftige Diskussionen tiber die Aus-
weitungen der Schuldenobergrenze in den USA hinzukamen, traf
dies nun auch die bis dahin vergleichsweise stabilen Aktien- und
Anleihemarkte. Dieses Zusammenspiel zeigt, dass in der aktuel-
len Schuldenkrise der Politikfaktor eine grofe Rolle spielt, dieser
jedoch als unberechenbar angesehen wird und somit starke
Auswirkungen auf die konjunkturellen Erwartungen hat. So hat
das bewegte Borsenjahr 2011 schlussendlich Gberwiegend mit
Verlusten geschlossen, der Deutsche Leitindex DAX verzeichnete
beispielsweise ein Minus von 16 % gegenlber dem Vorjahr.

Wie das Wirtschafts- und Bérsenjahr 2012 aussehen wird, dartiber
gibt es bei den Experten folgende Ansichten. In seiner Jahrespro-
jektion fuir 2012 rechnet das deutsche Wirtschaftsforschungsin-
stitut rwi in Essen laut einer Meldung Dezember 2011 mit einer
Zunahme des Bruttoinlandsproduktes um 0,6 % nach 3,0% 201,
fur die gesamte Weltwirtschaft rechnet man laut Herbstgutach-
ten der deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute fiir 2012 mit
einem Wachstum von rund 2,5% nach 2,6 % 2011. Zu ahnlichen
Ergebnisse kommt auch die OECD, sie erwartet fiir Deutschland
ein Wachstum von 0,6 % nach 3,0 % im Vorjahr. Der Internationale
Wahrungsfonds rechnete in seinem ,World Economic Survey*
von September 2011 noch mit einem globalen Wirtschaftswachs-
tum von rund 4 % fiir 2012, sagt aber auch sehr deutlich, dass die
Wahrscheinlichkeit eines realen BIP-Wachstums von unter 2% in
der zweiten Jahreshalfte 2011 deutlich zugenommen hat. Fir den
Euroraum wird ein Wachstum von lediglich 1,1% und flir Deutsch-
land ein Wachstum von 1,3% erwartet. Die Abschwachung des
globalen Wachstums diirfte sich auch negativ auf die Entwick-
lung an den Aktien- und Bondmarken auswirken.

KONZERNLAGEB >> GESCHAFTSBERICHT 201

Die im dritten und vierten Quartal 2011 riicklaufigen Auftrags-
zahlen flir Halbleiter-Equipment im Front- und Backend wurden
durch die zuletzt negative Stimmung auf den Weltmarkten aus-
gelost. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Unsicherheit bzw.
der Erwartung eines negativen Halbleiterwachstums seitens der
Markt- und Branchenbeobachter, geht SUSS MicroTec fur das
Jahr 2012 von einer riicklaufigen Auftragseingangs-, Umsatz-
und Ergebnisentwicklung aus.

In diesem Prognosebericht gehen wir kurz erlauternd auf die
exogenen und endogenen Faktoren ein, die wir ebenso wie
flhrende Branchenbeobachter als maRgeblich fiir die weitere
Entwicklung unseres Unternehmens ansehen.

HALBLEITERINDUSTRIE

Die erste Jahreshalfte 2011 war von kraftigem Wachstum in der
Halbleiterindustrie gepragt. Hier ist jedoch zu berlicksichtigen,
dass ein Teil des Wachstums dem hohen Auftragsbestand zum
Ende des Geschaftsjahres 2010 geschuldet ist. In der zweiten
Jahreshalfte 2011 haben die verschlechterten makroékonomi-
schen Rahmenbedingungen Auswirkungen auf die Auftrags-
eingange in der Halbleiterindustrie gezeigt. Das Marktfor-
schungsinstitut Gartner erwartet ein weltweites Wachstum
der Halbleiterindustrie von 0,9 % 2011. Dies wirde einem
Gesamtmarktvolumen von rund 302 Mrd. USD entsprechen.
Fir Europa Ubersetzt sich dies laut ZVEI in ein stagnierendes
Umsatzvolumen im Halbleiterbereich.

Fir 2012 wurden die Schatzungen zum Jahresende nach unten
korrigiert, so erwartet Gartner fiir das kommende Geschaftsjahr
ein Wachstum von rund 2,2 %. Damit wurden die eigenen Erwar-
tungen, die noch im dritten Quartal bei 4,6 % Wachstum lagen,
deutlich nach unten angepasst. Als Grund werden auch hier die
verschlechterten makrookonomischen Rahmenbedingungen,
die mit einer allgemeinen Verunsicherung der Endverbraucher
und auch der Unternehmen einhergehen, genannt.
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HALBLEITER-EQUIPMENT-INDUSTRIE

Laut dem Marktforschungsinstitut Gartner verzeichnete die
Halbleiter-Equipment-Industrie 2011 ein Marktwachstum von
knapp 14 %. Fir 2012 wird dagegen ein Riickgang um 19,5 % bei
Halbleiter-Equipment-Herstellern erwartet. Als Begriindung
nennt Gartner die generell verschlechterten makrookonomi-
schen Rahmenbedingungen sowie die hohen Bestande bei den
verschiedenen Kunden. Die Nachfrage sollte sich jedoch ab Jah-
resmitte wieder erholen und fiir 2013 erwartet man erneut ein
Wachstum von mehr als 19 %.

Fir den Spezialbereich Verpackung und Montage erwartet Gart-
ner fiir 2012 einen allgemeinen Riickgang der Umsatze, wobei
die Equipment-Hersteller fiir sogenannte ,Advanced Packaging-
Anwendungen“ einen schwacheren Riickgang sehen sollten. Das
Marktforschungsinstitut SEMI Industry Research and Statis-
tics erwartet im Spezialbereich Verpackung und Montage nach
einem Ruckgang von 12,5 % 201, einen weiteren Riickgang um
rund 10 % 2012 und ein Wachstum von knapp 7% 2013.

ERWARTETE ENTWICKLUNG
IN DEN HAUPTMARKTEN

Der Markt fuir Mikrosystemtechnik (MEMS) hat nach einem star-
ken Jahr 2010 ein weiteres Wachstumsjahr vollendet. Fiir den
gesamten MEMS-Markt erwartet iSuppli 2011 ein Wachstum von
rund 10 %, Yole Yole Développement, ein franzosisches Marktfor-
schungsinstitut, erwartet flr den gleichen Zeitraum sogar ein
Wachstum von 16 %. Bei einem Betrachtungszeitraum bis 2015
sind die Erwartungen der verschiedenen Marktforschungsinsti-
tute sehr ahnlich, hier wird von einem durchschnittlichen jahr-
lichen Wachstum von mehrals 10 % ausgegangen. Hauptgrund
hierfir sind vor allem die Anwendungen im stark wachsenden
Segment Smartphones sowie in den Segmenten Konsumelek-
tronik und Automotive.

So ist beispielsweise der Markt flir MEMS im Bereich Konsum-
elektronik und mobile Anwendungen nach einem Wachstum
von 27 % 2010, im abgelaufenen Geschaftsjahr um 37% gewach-
sen. Bis 2015 erwartet ein Analyst von Techeye in diesem Bereich
ein durchschnittliches jahrliches Wachstum von mehr als 22 %.
Neuere Anwendungen, beispielsweise in der Medizintechnik,
erreichen bereits hohe Wachstumsraten, jedoch ist das Gesamt-
volumen hier noch vergleichsweise gering.

Bei der Interpretation der Marktzahlen ist allerdings zu bertick-
sichtigen, dass der Equipment-Markt in diesem Bereich weniger
schnell wachst als der MEMS-Markt selbst, da durch die gestei-
gerte Produktivitat der Fertigungssysteme eine stets hohere
Anzahlan MEMS-Bauteilen pro Maschine gefertigt werden kann.
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Quelle: iSuppli MEMS Market Tracker Q2 2011



Advanced Packaging und 3D-Integration

Fiir das Wafer Level Packaging (Advanced Packaging) prognos-
tizieren die Forscher von Yole Développement fiir den Zeitraum
von 2010 bis 2016 eine durchschnittliche jahrliche Wachstums-
rate von rund 12 %. Dies ist jedoch eine Verringerung gegentiber
der Schatzung aus 2010, in welcher noch ein durchschnittliches
jahrliches Wachstum von 22 % erwartet wurde.

WLCSP MARKT * in Mio USD
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Quelle: Yole Développement September, 2011

*wafer level chip scale packaging

Bei der 3D Integration sehen die erwarteten Wachstumsraten
deutlich groBer aus. Laut einer Studie des Marktforschungs-
instituts Yole Développement soll der Equipment-Markt fir
temporares Wafer Bonden bis 2016 ein Volumen von rund
300 Mio. USD erreichen, der Equipment-Markt fir permanentes
Bonden soll im gleichen Zeitraum auf ein Volumen von mehr
als 500 Mio. USD anwachsen. Ein groler Teil dieses Wachstums
wird durch die 3D-Integration getrieben werden.

Verbindungshalbleiter (LED)

SUSS MicroTec konzentriert sich im Markt fiir Verbindungshalb-
leiter auf das Wachstumssegment LEDs (Leuchtdioden) und
adressiert mit seinen Produktlosungen insbesondere Hersteller
von hoherwertigen Leuchtdioden, sogenannten High Brightness
(HB)- und Ultra High Brigthness (UHB)-LEDs. SUSS MicroTec
beteiligt sich aktiv an den neuesten Technologiegenerationen,
die insbesondere Diinnwaferhandling erfordern.

KONZERNLAGEBERICHT >3 GESCHAFTSBERICHT 2011

GemafR den Schatzungen von IMS-Research ist der Markt fur
»packaged” LEDs 2011 um rund 6 % geschrumpft. Fiir 2012 wird
ein erneutes Wachstum in Hohe von 5% erwartet, wobei jedoch
die MarktgroBe von 2010 noch nicht wieder erreicht werden
durfte. Auch fir die kommenden Jahre bis 2015 wird ein positi-
ves Wachstum prognostiziert. Insbesondere fiir die Jahre 2013
und 2014 wird ein Zuwachs von jeweils mehr als 10 % vorher-
gesagt. Grund hierflr ist die verstarkte Marktdurchdringung
des Beleuchtungssegments mit LEDs, die durch die fallenden
Verkaufspreise erwartet wird. Die Analysten von IMS-Research
erwarten eine Steigerung des Anteils der allgemeinen Beleuch-
tung am gesamten LED-Markt von 21% 2011 auf mehr als 49 %
2016. Damit dirfte die allgemeine Beleuchtung den Anteil des
heute grofRten Segments —dem TV Geschaft — bereits ab 2014
deutlich tberschreiten.

PACKAGED LEDS NACH ANWENDUNG in mrd. UsD
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ENDOGENE INDIKATOREN

Neben dem Zustand der Markte ist fiir unseren Erfolg auch das
Innovationspotenzial unseres Produktangebots entscheidend.
Das Unternehmen ist auch im Geschaftsjahr 2011 weitere Ent-
wicklungskooperationen mit namhaften Partnern aus Industrie
und Forschung eingegangen.Im Januar 2011 hat SUSS MicroTec
die strategische Zusammenarbeit mit der NanoScale Science
& Technology Fakultat (CNF) der nordamerikanischen Cornell-
Universitat bekannt gegeben.Im Rahmen dieser Zusammenar-
beit werden Cornell-Mitarbeiter an bereits existierenden und
neuen Lithografie-Systemen von SUSS MicroTec, darunter inno-
vative Aufristsatze fiir Mask Aligner sowie ein Sprihbelacker
der Gamma-Serie, Forschungsarbeiten durchfiihren. Darlber
hinaus ist SUSS MicroTec mit dem Centre for NanoHealth (CNH)
der britischen Universitat Swansea eine Zusammenarbeit einge-
gangen, um zukunftsfahige Technologien zu entwickeln und zu
verbessern.Im Dezember 2011 wurde die Zusammenarbeit mit
der Brewer Science Inc. auf dem Gebiet der Handhabung von
gedinnten Wafern und dem temporaren Bonden von Wafern
bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit ist besonders vor dem
Hintergrund des erwarteten Wachstums im Bereich 3D-Integ-
ration von groRer Bedeutung.

GESAMTAUSSAGE ZUR VORAUSSICHTLICHEN
ENTWICKLUNG DES KONZERNS

Im Geschaftsbericht 2010 haben wir an dieser Stelle berichtet,
dass die Turbulenzen an den internationalen Finanzmarkten
zum damaligen Zeitpunkt keine negativen Auswirkungen auf
die Nachfrageentwicklung hatten. Diese Situation hat sich im
Vergleich zum Vorjahr spirrbar verandert. Die Verunsicherung
bei den Verbrauchern hat in der zweiten Jahreshalfte 2011 zu
einer deutlichen Eintriibung der Konjunkturaussichten gefuhrt.
Darlber hinaus haben die politischen Akteure bis heute keine
praktikable Losung der sich immer weiter zuspitzenden
Schuldenproblematik in Europa prasentiert. Vor diesem Hin-
tergrund sehen unsere Prognosen flir 2012 dennoch verhalten
optimistisch aus, denn abgesehen von den makrodkonomischen
Gegebenheiten sehen wir, dass die Trends, die das Geschaft von
SUSS MicroTec treiben, weiterhin intakt sind.

Insgesamt rechnen wir flr das Geschaftsjahr 2012 mit einem
Umsatz von mehr als 145 Mio. € und einer EBIT-Marge zwischen
5% und 10 %. Der freie Cashflow kann aus heutiger Sicht einen
mittleren einstelligen Millionenbetrag erreichen.

Entwickeln sich die von uns adressierten Markte in der oben
beschriebenen Form und stabilisieren sich die makrodkonomi-
schen und politischen Rahmenbedingungen, gehen wir fiir 2013
von erneut steigenden Auftragseingangen und Umsatzen aus.
Wir bestatigen erneut das Ziel, eine EBIT-Marge zwischen 10 %
und 15 % zu erwirtschaften. Am Ziel, das organische Wachstum
unseres Basisgeschafts ohne zusatzliche Fremdmittel bestreiten
zu kénnen, halten wir weiterhin fest.

Dieser Geschaftsbericht enthdlt Angaben und Prognosen, die
sich auf zukiinftige Entwicklungen des SUSS MicroTec-Konzerns
und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Ein-
schatzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeit-
punkt zur Verfligung stehenden Informationen getroffen haben.
Sollten die den Prognosen zu Grunde gelegten Annahmen nicht
eintreffen oder Risiken —wie die im Risikobericht angesproche-
nen —eintreten, so konnen die tatsachlichen Ergebnisse von den
derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching,12. Marz 2012

Der Vorstand
7 V7
\.\ l/\_,/—"“-—___ o %" .
e '_/_F"f_/b
Frank Averdung Michael Knopp

Vorstandsvorsitzender Finanzvorstand
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

Umsatzerlose (3) 175.427 139.085
Umsatzkosten (4) -109.069 -88.000
Bruttoergebnis vom Umsatz 66.358 51.085
Vertriebskosten -19.001 -17.408
Forschungs- und Entwicklungskosten -12.936 -6.824
Verwaltungskosten -15.719 -17.826
Sonstige betriebliche Ertrage (5) 4.767 9.996
Sonstige betriebliche Aufwendungen (6) -4.894 -4.709

Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT)

EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization) 24.926 20.515

Abschreibungen auf Sachanlagen,immaterielle Vermégenswerte

und Finanzanlagen (10) -6.351 -6.201

Operatives Ergebnis (EBIT) 18.575 14.314
Finanzertrage 2.017 654
Finanzaufwendungen -996 -940
Finanzergebnis @ 1.021 -286
Gewinn aus fortgefiihrten Aktivitaten vor Steuern 19.596 14.028
Ertragsteuern (8) -5.789 -993
Gewinn aus fortgefiihrten Aktivitaten 13.807 13.035
Gewinn/Verlust aus nicht fortgefiihrten Aktivitdten (nach Steuern) -21 332
Gewinn 13.786 13.367
Davon SUSS MicroTec-Aktionére 13.513 13.230
Davon Minderheitsanteile 273 137
Ergebnis je Aktie (unverwassert) 9)

Ergebnis je Aktie aus fortgefiihrten Aktivitaten in € 0,72 0,71
Ergebnis je Aktie aus nicht fortgefiihrten Aktivitaten in € 0,00 0,02
Ergebnis je Aktie (verwassert) 9)

Ergebnis je Aktie aus fortgefiihrten Aktivitaten in € 0,71 0,70

Ergebnis je Aktie aus nicht fortgefiihrten Aktivitaten in € 0,00 0,02
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Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

Periodenergebnis 13.786 13.367
Marktwertanderungen der zur VerauRerung verfiigbaren Wertpapiere -30 -19
Fremdwahrungsanpassung -146 320
Absicherung kiinftiger Zahlungsstréme -230 101
Effekt aus der Entkonsolidierung Suss MicroTec Test Systems 0 -253
Latente Steuern 70 -5
Im Eigenkapital zu erfassende Ertrage und Aufwendungen -336 144
Summe der in der Periode erfassten Ertrage und Aufwendungen 13.450 13.51
Davon SUSS MicroTec-Aktionére 13.160 13.314
Davon Minderheitsanteile 290 197

75



76

> SUSS MICROTEC AG

Konzernbilanz (IFRS)

AKTIVA in T€ 3112.201 3112.2010

LANGFRISTIGE VERMOGENSWERTE 37.691 44.312
Immaterielle Vermogenswerte (1) 8.568 11.891
Geschafts- oder Firmenwert (12) 13.599 13.599
Sachanlagen (13) 9.462 9.356
Steuererstattungsanspriiche (19) 87 108
Sonstige Vermdogenswerte (14) 592 485
Latente Steueranspriiche (8) 5383 8.873
KURZFRISTIGE VERMOGENSWERTE 150.055 137.248
Vorrate (15) 71.632 64.431
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (16) 17.790 15.659
Sonstige finanzielle Vermégenswerte (17) 756 640
Wertpapiere (18) 19.362 15.977
Steuererstattungsanspriiche (19) 686 620
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteldquivalente 37.036 36.525
Sonstige Vermogenswerte (20) 2793 3.396
BILANZSUMME 187.746 181.560
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PASSIVA in T€ 31.12.20M 3112.2010

EIGENKAPITAL 120.393 106.404
Eigenkapital der Aktionare der SUSS MicroTec AG 119.704 106.006
Gezeichnetes Kapital (21) 19.101 18.721
Riicklagen (21) 101.616 87.944
Kumuliertes tibriges Eigenkapital (21) -1.013 -659
Minderheitsanteile 689 398
LANGFRISTIGE SCHULDEN 10.500 20.775
Pensionen und ahnliche Verpflichtungen (22) 2.872 2.919
Rickstellungen (23) 348 508
Finanzschulden (24) 4.279 14.367
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 244 240
Latente Steuerschulden (8) 2757 2.4
KURZFRISTIGE SCHULDEN 56.853 54.381
Riickstellungen (25) 3322 4.613
Steuerschulden (28) 5.734 5.412
Finanzschulden (24) 10.131 1119
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (26) 5.995 6.458
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7582 9.746
Sonstige Verbindlichkeiten (27) 24.089 27.033
BILANZSUMME 187.746 181.560
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Konzernkapitalflussrechnung (IFRS)

Gewinn (nach Steuern) 13.786 13.367
Abschreibungen auf immaterielle Vermégenswerte 4.1 4.225
Abschreibungen auf Sachanlagen 2140 1.990
Aktivierte Eigenleistungen -291 0
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermégenswerten und Sachanlagen -127 237
Ergebnis aus dem Abgang der Cascade-Aktien -833 0
Veranderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermogen 189 -484
Veranderung der Wertberichtigung auf Forderungen -194 301
Zahlungsunwirksamer Personalaufwand aus Aktienoptionsplanen 45 187
Zahlungsunwirksame Ertrage aus der Auflésung von Riickstellungen 0 -29
Sonstige nicht zahlungswirksame Ertrage und Aufwendungen -566 -2.854
Badwill aus dem Erwerb HamaTech 0 -2.678
Entkonsolidierungserfolg aus dem Verkauf SMTTS 0 -1.641
Veranderung des Vorratsvermogens -7.682 -16.544
Veranderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -1.325 2.039
Veranderung der ibrigen Vermogenswerte 335 -2.230
Veranderung der Pensionsriickstellungen -47 31
Veranderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -2.441 3.446
Veranderung der brigen Verbindlichkeiten und Riickstellungen -4.565 20.150
Veranderung der latenten Steuern 3.506 -3.419
Cashflow aus betrieblicher Tatigkeit 6.141 16.094
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Auszahlungen fiir Investitionen in Sachanlagen -2.462 -2.597
Auszahlungen fiir Investitionen in immaterielle Vermégenswerte -895 -391
Auszahlungen fiir den Erwerb von kurzfristigen zur VerauRerung verfiigbaren Wertpapieren -9.067 -6.059
Einzahlungen aus Einldsung von zur VerauRerung verfiigbaren Wertpapieren 3.099 3.000
Einzahlungen aus dem Verkauf der Cascade-Aktien 3.333 0
Einzahlungen aus Abgangen von immateriellen Vermégenswerten und Sachanlagen 732 201
Auszahlungen fiir den Erwerb HamaTech 0 -8.031
Einzahlungen aus dem Verkauf des Test Business 0 3315
Cashflow aus der Investitionstatigkeit -5.260 -10.562
Aufnahme von Bankdarlehen 0 4.500
Tilgung von Bankdarlehen -180 0
Veranderung von Kontokorrentverbindlichkeiten 28 -808
Veranderung der (ibrigen Finanzverbindlichkeiten -924 -915
Einzahlungen aus der Ausiibung von Bezugsrechten 494 0
Einzahlungen aus der Kapitalerhdhung 0 6.808
Auszahlungen fiir Aufwendungen der Kapitalerhohung 0 -227
Cashflow aus der Finanzierungstatigkeit -582 9.358
Wechselkursbedingte Veranderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente 212 836
Verdanderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente 51 15.726
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteldquivalente zum Jahresanfang*® 36.525 20.799
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteldquivalente zum Ende der Periode 37.036 36.525
Der Cashflow aus betrieblicher Tatigkeit enthalt:
Zinszahlungen wahrend der Periode 420 742
Zinseinnahmen wahrend der Periode 1.031 588
Steuerzahlungen wahrend der Periode 2170 391
Steuererstattungen wahrend der Periode 16 151

* Der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2010 beinhaltet auch die fliissigen Mittel der zur VerauRerung
bestimmten Vermégenswerte und der nicht fortgefiihrten Aktivitaten (178 €)
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Konzerneigenkapital-
Veranderungsrechnung (IFRS)

Stand 01.01.2010 17.019 93.094
Kapitalerhhung 1702 4.944
Zufiihrung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten 187

Periodenergebnis

Im Eigenkapital zu erfassende Ertrage und Aufwendungen

Stand 31.12.2010 18.721 98.225
Stand 01.01.2011 18.721 98.225
Ausiibung von Aktienoptionen 380 n4
Zufiihrung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten 45

Periodenergebnis

Im Eigenkapital zu erfassende Ertrdge und Aufwendungen

Stand 31.12.2011 19.101 98.384
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Bilanzgewinn Kumuliertes iibriges | Eigenkapital der Aktionare
Gewinnriicklage /-verlust Eigenkapital der SUSS MicroTec AG Minderheitsanteile Eigenkapital

433 -23.944 -743 85.859 201 86.060
6.646 6.646

187 187

13.230 13.230 137 13367

84 84 60 144

433 -10.714 -659 106.006 398 106.404
433 -10.714 -659 106.006 398 106.404
494 494

45 45

13513 13513 273 13.786

-354 -354 18 -336

433 2.799 -1.013 119.704 689 120.393
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Entwicklung des
Konzern-Anlagevermogens

Anlagespiegel 20m

Wahrungs- Zugangaus Umbuchungen/
inT€ 01.01.1 differenz  Investitionen Umgliederungen Abgang

I. Immaterielle Vermoégenswerte

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und dhnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 15.264 40 783 -353 166

2. Entwicklungskosten 28.452 0 12 727 22

3. Aktivierte Leasinggegenstande

Software 3.178 19 0 0 0
4. Andere immaterielle Vermogensgegenstande 960 0 0 0
417.854 59 895 374 188

Il. Geschéfts- oder Firmenwert 32.436 0 0 0 0

Ill. Sachanlagen

1. Grundstiicke, Gebdude, Einbauten 7195 102 507 778 1.040
2. Technische Anlagen und Maschinen 12.082 380 510 -480 8.414
3. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschaftsausstattung 10.447 104 920 140 1.931
4. Fahrzeuge 471 6 19 0 129
5. Anlagen im Bau 67 2 759 -812 0

6. Aktivierte Leasinggegenstande

Technische Anlagen und Maschinen 845 42 0 0 16

Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschaftsausstattung 766 3 0 0 50

Fuhrpark 0 0 38 0 0
31.879 639 2.753 -374 11.680

IV. Finanzanlagen

Sonstige Finanzanlagen 2.263 0 0 0 0

2.263 0 0 0 0
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_ Kumulierte Abschreibungen Restbuchwerte

Wahrungs- Umbuchungen/
31.12.1 01.01.11 differenz Zugang Umgliederungen Abgang 31.12.1 31.12.10 31121
15.568 13.359 30 550 -76 157 13.706 1.905 1.862
29.269 20.869 0 2.518 436 0 23.823 7583 5.446
3.197 1330 19 887 0 0 2.236 1.848 961
960 405 0 256 0 0 661 555 299
48.994 35.963 49 4.21 360 157 40.426 11.891 8.568
32.436 18.837 0 0 0 0 18.837 13.599 13.599
7542 2144 84 376 0 1.012 1.592 5.051 5.950
4.078 10.342 338 842 -480 8.038 3.004 1.740 1.074
9.680 8.123 89 844 120 1.797 7379 2.324 2.301
373 427 4 27 0 105 353 50 20
16 0 0 0 0 0 0 67 16
77 729 40 47 0 104 712 116 59
9 758 3 3 0 50 na 8 5
38 0 0 1 0 0 1 0 37
23.217 22.523 558 2.140 -360 11.106 13.755 9.356 9.462
2.263 2.263 0 0 0 0 2.263 0 0
2.263 2.263 0 0 0 0 2.263 0 0
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Entwicklung des
Konzern-Anlagevermogens

Anlagespiegel 2010

Zugang aus
Wahrungs- Zugangaus demErwerb Umbuchungen/
inT€ 01.01.10  differenz Investitionen HamaTech Umgliederungen Abgang
I. Immaterielle Vermogenswerte
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und dhnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 14.560 83 235 386 0 0
2. Entwicklungskosten 31.370 914 157 0 0 3.989
3. Aktivierte Leasinggegenstande
Software 3138 40 0 0 0 0
4. Andere immaterielle Vermogensgegenstande 0 0 0 960 0 0
49.068 1.037 392 1346 0 3.989
1. Geschafts- oder Firmenwert 32.436 0 0 0 0 0
Il. Sachanlagen
1. Grundstiicke, Gebaude, Einbauten 3.749 290 301 4.469 68 1.682
2. Technische Anlagen und Maschinen 10.277 1.002 944 1 135 277
3. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschéftsausstattung 9.743 333 1.269 377 -203 1.072
4. Fahrzeuge 464 12 8 0 0 7
5. Anlagen im Bau 0 0 67 0 0 0
6. Aktivierte Leasinggegenstande
Grundstiicke, Gebdude, Einbauten 423 35 0 0 -458 0
Technische Anlagen und Maschinen 338 52 0 0 455 0
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschaftsausstattung 759 7 0 0 0 0
25.753 1.731 2.589 4.847 -3 3.038
IV. Finanzanlagen
Sonstige Finanzanlagen 2.263 0 0 0 0 0

2.263 0 0 0 0 0
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_ Kumulierte Abschreibungen Restbuchwerte

Wahrungs- Umbuchungen/
31.12.10 01.01.10 differenz Zugang Umgliederungen Abgang 31.12.10 31.12.09 31.12.10
15.264 12.768 48 543 0 0 13.359 1.792 1.905
28.452 22.060 425 2.383 0 3.999 20.869 9310 7583
3.178 403 40 887 0 0 1330 2.735 1.848
960 0 0 405 0 0 405 0 555
47.854 35.231 513 4.218 0 3.999 35.963 13.837 11.891
32.436 18.837 0 0 0 0 18.837 13.599 13.599
7195 3.129 229 312 0 1.526 2144 620 5.051
12.082 8.780 843 892 0 173 10.342 1.497 1.740
10.447 8.004 279 2 0 872 8123 1739 2324
477 415 8 9 0 5 4217 49 50
67 0 0 0 0 0 0 0 67
0 330 27 0 -357 0 0 93 0
845 267 53 54 355 0 729 n 116
766 747 7 4 0 0 758 12 8
31.879 21.672 1.446 1.983 -2 2.576 22.523 4.081 9.356
2.263 2.263 0 0 0 0 2.263 0 0

2.263 2.263 0 0 0 0 2.263 0 0
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SEGMENTBERICHTERSTATTUNG (IFRS)

Segmentinformationen nach Geschaftsfeldern

inT€ 201 2010 20M 2010 20Mm 2010
Auflenumsatz 111.500 88.932 20.474 24.722 36.345 18.429
Innenumsatz 0 0 0 0 0 0
Gesamter Umsatz 111.500 88.932 20.474 24.722 36.345 18.429
Segmentergebnis (EBIT) 25.541 16.952 -11.085 -7.066 5.264 2113
Ergebnis vor Steuern 25.468 16.896 -1.087 -1.072 5.260 2.106
Wesentliche nicht zahlungswirksame

Aufwendungen (-)/ Ertrage -831 -1.223 -2394 -1.212 -393 -173
Segmentvermogen 57.893 56.311 36.229 30102 17.593 17.315
davon Geschafts- oder Firmenwert 13.599 13.599 0 0 0 0

Nicht zugeordnetes Konzernvermdgen

Konzernaktiva

Segmentschulden -21.800 -27.286 -8.500 -6.987 -6.065 -6.328

Nicht zugeordnete Konzernschulden

Konzernschulden

Abschreibungen 1.621 1.675 2.098 2.239 629 760
davon planmaRig 1.621 1.600 2.098 2124 629 760
davon auRerplanmaRig 0 75 0 15 0 0
Investitionen 1.418 1.450 921 501 329 2178
Mitarbeiter zum 31.12. 340 324 136 141 106 91

Segmentinformationen nach Regionen

Umsatzerl6se
(fortgefiihrte Aktivitaten) Investitionen Vermégen

inT€ 20m 2010 20m 2010 20m 2010
Europa 40.160 36.687 2.607 8.369 107.201 83.839
Nordamerika 29.461 19.033 880 662 7707 27523
Japan 12.983 6.906 41 59 3.945 1.975
Sonstiges Asien 92.775 76.254 120 84 1.447 1414
Rest 48 206 0 0 0 0
Konsolidierungseffekte 0 0 0 0 752 185

Gesamt 175.427 139.086 3.648 9.174 121.052 114.936
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Nicht fortgefiihrte Aktivitdten
Sonstige Fortgefiihrte Aktivitaten (Test Business) Konsolidierungseffekte

20Mm 2010 20Mm 2010 20Mm 2010 20Mm 2010 20M 2010
7108 7003 175.427 139.086 382 1774 0 0 175.809 140.860
6.973 6.379 6.973 6.379 0 0 -6.973 -6.379 0 0

14.081 13.382 182.400 145.465 382 1.774 -6.973 -6.379 175.809 140.860
-1.145 2.315 18.575 14.314 -21 331 0 0 18.554 14.645
-45 2.098 19.596 14.028 -23 330 0 0 19.573 14.358
-44 -197 -3.662 -2.805 0 -29 0 0 -3.662 -2.834
9.337 11.208 121.052 114.936 0 0 0 0 121.052 114.936
0 0 13.599 13.599 0 0 0 0 13.599 13.599
66.694 66.624

187.746 181.560

-2.126 -3.291 -38.491 -43.892 0 0 0 0 -38.491 -43.892
-28.862 -31.265

-67.353 -75.157

2.003 1.527 6.351 6.201 0 14 0 0 6.351 6.215
2.003 1.527 6.351 6.0M 0 14 0 0 6.351 6.025
0 0 0 190 0 0 0 0 0 190
980 5.045 3.648 9.174 0 0 0 0 3.648 9.174
42 60 624 616 0 0 0 0 624 616
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Anhang
zum IFRS — Konzernabschluss

der SUSS MicroTec AG fiir das Geschaftsjahr 2011

B

Die SUSS MicroTec AG (das ,,Unternehmen* oder die ,Gesellschaft“) mit Sitz in D-85748 Garching, Schleissheimer Str.go, und ihre
Tochtergesellschaften bilden ein international tatiges Unternehmen, das Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der
Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching und Sternenfels in Deutschland
sowie Waterbury (bis Marz 2011) und Palo Alto (bis Oktober 2011) in den USA und Neuchatel in der Schweiz. Vertrieben werden
die Produkte sowohl tiber die Produktionsstandorte selbst als auch zusatzlich tber selbststandige Vertriebsgesellschaften in den
USA, in Frankreich, GroBbritannien, Japan, Singapur, Taiwan, China und Korea. In den Landern, in denen der Konzern nicht selbst
vertreten ist, wird der Vertrieb Giber Handelsvertretungen abgewickelt.

A) GRUNDLAGE DER DARSTELLUNG

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den vom International Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten und
veroffentlichten International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den zugehdrigen Interpretationen aufgestellt, wie sie
in der Europaischen Union verpflichtend anzuwenden sind. Die Anforderungen der IFRS wurden vollstandig erfullt und fih-
ren zur Vermittlung eines den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechenden Bildes der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage des
SUSS MicroTec-Konzerns.

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches muss die Gesell-
schaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des § 315a HGB aufstellen, da es sich bei der SUSS Micro-
Tec AG um ein borsennotiertes Unternehmen handelt. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 315 HGB erstellt.

Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2011 werden beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht
und veroffentlicht.

B) ERSTMALIG ANGEWANDTE STANDARDS UND INTERPRETATIONEN

Das IASB und das International Financial Reporting Interpretations Committee haben den nachfolgenden Standard neu verabschie-
det, der verpflichtend im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 anzuwenden ist und Auswirkungen auf den Konzernabschluss
der Gesellschaft hat:
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Der Standard mit dem Titel ,Improvements to IFRS (2009)“ fasst verschiedene kleinere Anderungen an bestehenden Standards
zusammen, die aus einem Zyklus jahrlicher Verbesserungen an den IFRS resultieren. Diese Anderungen haben keine wesentlichen
Auswirkungen auf den Konzernabschluss.

Q) NICHT VORZEITIG ANGEWANDTE STANDARDS UND INTERPRETATIONEN

Das IASB hat die nachfolgend dargestellten Standards, Interpretationen und Anderungen zu bestehenden Standards herausgegeben,
deren Anwendung noch die Ubernahme in EU-Recht (,Endorsement*) erfordert:

Im November 2009 veroffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS g, Financial Instruments* zur Klassifizierung und Bewertung
von finanziellen Vermogenswerten. Dieser Standard ist der erste Teil des dreiteiligen Projekts zur vollstandigen Ablésung von 1AS 39
JFinancial Instruments: Recognition and Measurement®. Im Oktober 2010 veroffentlichte das IASB Vorschriften zur Bilanzierung
finanzieller Verbindlichkeiten, die den IFRS 9 ,Financial Instruments” erganzen und die Phase zur Klassifizierung und Bewertung
des IASB-Projekts zur Ablosung von IAS 39 ,Financial Instruments: Recognition and Measurement” abschlieRen. Erganzend zum
IFRS 9 (2009) enthalt der IFRS g (2010) Regelungen fiir die Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Verbindlichkeiten sowie
zur Ausbuchung von finanziellen Vermogenswerten und Verbindlichkeiten. Am 16. Dezember 2011 hat das IASB unter dem Titel
Verpflichtender Anwendungszeitpunkt und Anhangangaben bei Ubergang” Anderungen an IFRS g verdffentlicht.

Gemal} der Methodik von IFRS g sind finanzielle Vermégenswerte entweder zu fortgefiihrten Anschaffungskosten oder zum beizu-
legenden Zeitwert zu bewerten. Die Zuordnung zu einer der beiden Bewertungskategorien hangt davon ab, wie das Unternehmen
seine Finanzinstrumente steuert (sog. Geschaftsmodell) und welche Produktmerkmale die einzelnen finanziellen Vermogenswerte
haben.

Der Standard ist verpflichtend anzuwenden auf Geschaftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2015 beginnen; eine friihere
Anwendung ist zulassig.

Die SUSS MicroTec AG kann derzeit noch nicht abschlieBend beurteilen, welche Auswirkungen die Erstanwendung des Standards
haben wird, sofern der Standard von der EU in dieser Form ibernommen wird.
Im Dezember 2010 veroffentlichte das IASB Anderungen des IAS 12, Income Taxes“. Die Anderungen enthalten eine teilweise Klar-

stellung zur Behandlung temporarer steuerlicher Differenzen im Zusammenhang mit der Anwendung des Zeitwertmodells von IAS 4o0.

IAS 12 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschaftsjahre, die am oder nach dem 1.Januar 2012 beginnen; eine friithere Anwendung
ist zulassig.

Die SUSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form ibernommen wird, keine
Auswirkungen.
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Am 12. Mai 201 veroffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 10 ,,Consolidated Financial Statements®, mit dem eine einheitliche
Definition fuir den Begriff ,Beherrschung” und damit eine einheitliche Grundlage flir das Vorliegen einer Mutter-Tochter-Beziehung
und die hiermit verbundene Abgrenzung des Konsolidierungskreises geschaffen wird. Der neue Standard ersetzt die bisher rele-
vanten IAS 27 (2008) ,Consolidated and Separate Financial Statements” und SIC-12,,Consolidiation — Special Purpose Entities".

IFRS 10 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschaftsjahre, die am oder nach dem 1.Januar 2013 beginnen; eine frithere Anwendung
ist nur zeitgleich mit IFRS 11 und IFRS 12 sowie mit den in 2011 gednderten IAS 27 und IAS 28 zuldssig.

Die SUSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form Gibernommen wird, keine
Auswirkungen.

Am 12. Mai 2011 veroffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 11,,Joint Arrangements”. Der Standard regelt die Bilanzierung von
Sachverhalten,in denen ein Unternehmen gemeinschaftliche Fiihrung (joint control) Gber ein Gemeinschaftsunternehmen (joint
venture) oder eine gemeinschaftliche Tatigkeit (joint operation) ausiibt. Der neue Standard ersetzt IAS 31,,Interests in Joint Ventures”
und SIC-13,Jointly Controlled Entities — Non-Monetary Contributions by Venturers® als die bisher flr Fragen der Bilanzierung von
Gemeinschaftsunternehmen einschldgigen Vorschriften.

IFRS 11ist verpflichtend anzuwenden auf Geschaftsjahre, die am oder nach dem1.Januar 2013 beginnen; eine frithere Anwendung
ist nur zeitgleich mit IFRS 10 und IFRS 12 sowie mit den in 2011 geanderten IAS 27 und IAS 28 zulassig.

Die SUSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form Gbernommen wird, keine
Auswirkungen.

Am 12. Mai 201 veroffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 12, Disclosure of Interests in Other Entities”. Aus dem Standard ergeben
sich die Anhangangaben zu Unternehmensverbindungen im Konzernabschluss (neuer IFRS 10) und Joint Arrangements (neuer IFRS 11).

IFRS 12 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschaftsjahre, die am oder nach dem1.Januar 2013 beginnen; eine frithere Anwendung
ist nur zeitgleich mit IFRS 10 und IFRS 11 sowie mit den in 2011 geanderten IAS 27 und IAS 28 zuldssig.

Die SUSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form libernommen wird, keine
Auswirkungen.

Am 12. Mai 201 veroffentlichte das IASB den geanderten Standard IAS 27 (2011) ,Separate Financial Statements“. Im Rahmen der
Verabschiedung des IFRS 10 ,,Consolidated Financial Statements“ werden die Regelungen flir das Kontrollprinzip und die Anfor-
derungen an die Erstellung von Konzernabschlissen aus dem IAS 27 ausgelagert und abschlieRend im IFRS 10 behandelt (siehe
Ausfiihrungen zu IFRS 10). Im Ergebnis enthalt IAS 27 kiinftig nur die Regelungen zur Bilanzierung von Tochtergesellschaften,
Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen in IFRS-Einzelabschlissen.
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IAS 27 (2011) ist — vorbehaltlich einer noch ausstehenden Ubernahme in EU-Recht — verpflichtend anzuwenden auf Geschiftsjahre,
die am oder nach dem 1.Januar 2013 beginnen.

Am 12. Mai 201 veroffentlichte das IASB den gednderten Standard IAS 28 (2011) ,,Investments in Associates and Joint Ventures”. Im
Rahmen der Verabschiedung des IFRS 11, Joint Arrangements” erfolgten auch Anpassungen des IAS 28, dessen Anwendungsbereich
durch den neuen IFRS 11 erheblich erweitert wird.

IAS 28 (20m) ist — vorbehaltlich einer noch ausstehenden Ubernahme in EU-Recht — verpflichtend anzuwenden auf Geschiftsjahre,
die am oder nach dem 1.Januar 2013 beginnen.

Am 12. Mai 2011 veroffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 13 ,Fair Value Measurement®. Der Standard befasst sich mit der
Zeitwertermittlung sowie mit zugehdorigen Anhangangaben und verfolgt das Ziel einer weiteren Annaherung der IFRS und der
US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsatze (US GAAP).

IFRS 13 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschaftsjahre, die am oder nach dem 1.Januar 2013 beginnen; eine friihere Anwendung
ist zulassig.

Die SUSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form ibernommen wird, keine
Auswirkungen.

Am 16.Juni 2011 verdffentlichte das IASB Anderungen des IAS 19 ,Leistungen an Arbeitnehmer®. Der geanderte Standard regelt,
dass kiinftig unerwartete Schwankungen der Pensionsverpflichtungen sowie etwaiger Planvermégensbestande unmittelbar im
sonstigen Ergebnis (other comprehensive income) erfasst werden missen. Das bisherige Wahlrecht zwischen sofortiger Erfas-
sung im Gewinn oder Verlust, im sonstigen Ergebnis (other comprehensive income) oder der zeitverzogerten Erfassung nach
der sogenannten Korridormethode wird abgeschafft. Zudem werden derzeit die erwarteten Ertrage des Planvermdégens anhand
der subjektiven Erwartungen des Managements tber die Wertentwicklung des Anlageportfolios ermittelt. Mit Anwendung des
geanderten IAS 19 ist nur noch eine typisierende Verzinsung des Planvermogens in Hohe des aktuellen Diskontierungszinssatzes
der Pensionsverpflichtung zulassig.

Der gednderte IAS 19 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschaftsjahre, die am oder nach dem 1.Januar 2013 beginnen.

Da die SUSS MicroTec AG derzeit die Korridormethode anwendet, wiirde die Anderung — bei Anwendung auf die Verhéltnisse zum
31. Dezember 2011 - zu einer Erhéhung der Pensionsriickstellung um T€ 632 fiihren. Mit dem Wechsel von der Korridormethode
hin zur geanderten Methode bleibt die Gewinn- und Verlustrechnung der SUSS MicroTec AG zukiinftig frei von Effekten aus
versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten (z. B. aufgrund von Zinsschwankungen), da diese dann zwingend im
sonstigen Ergebnis zu erfassen sind.
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Am 16.Juni 20m verdffentlichte das IASB Anderungen des IAS 1, Darstellung des Abschlusses”. Nach dem geanderten Standard ist
zuklnftig die IFRS-Erfolgsrechnung formal als ein einziger Abschlussbestandteil darzustellen, dem ,Statement of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income”. Gleichwohl muss diese formal zusammengefasste Erfolgsrechnung kiinftig verpflichtend in
zwei Sektionen unterteilt werden, die zum einen den Gewinn oder Verlust und zum anderen das sonstige Ergebnis ausweisen.
Zudem verlangt der geanderte Standard, dass die Bestandteile des sonstigen Ergebnisses separat dargestellt werden als Posten,
die spater in die Gewinn- und Verlustrechnung reklassifiziert werden und Posten, die niemals reklassifiziert werden, sondern im
sonstigen Ergebnis verbleiben.

Der geanderte IAS 1ist verpflichtend anzuwenden auf Geschaftsjahre, die am oder nach dem 1.Juli 2012 beginnen.

Die SUSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form Gbernommen wird, keine
Auswirkungen.

Am16. Dezember 2011 verdffentlichte das IASB eine Erganzung zum IAS 32, Finanzinstrumente: Darstellung®, die die Voraussetzungen
fir die Saldierung von Finanzinstrumenten klarstellt. Zusammen mit diesen Klarstellungen wurden auch die Vorschriften zu den
Anhangangaben im IFRS 7 erweitert.

Die Erganzung zu IAS 32 ist verpflichtend retrospektiv anzuwenden auf Geschaftsjahre, die am oder nach dem 1.Januar 2014
beginnen. Die Anderung des IFRS 7 ist erstmals anzuwenden auf Geschéftsjahre, die am oder nach dem 1.Januar 2013 beginnen.

Die SUSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form Gbernommen wird, keine
Auswirkungen.

Der nachfolgend dargestellte geanderte Standard wurde bereits von der EU-Kommission in EU-Recht lbernommen, ist jedoch im
Geschaftsjahr 2011 noch nicht verpflichtend anzuwenden. Von einer vorzeitigen Anwendung des geanderten Standards wurde
kein Gebrauch gemacht.

Im Amtsblatt der Europaischen Union vom 23. November 2011 wurde die Verordnung Nr.1205/ 2011 bekannt gemacht, mit der die
vom IASB am 7. Oktober 2010 verdffentlichten Anderungen an IFRS 7,,Anhangangaben — Ubertragungen finanzieller Vermégens-
werte” ibernommen wurden. Die Anderungen an IFRS betreffen erweiterte Angabepflichten bei der Ubertragung finanzieller
Vermogenswerte und sollen den Bilanzadressaten ein besseres Verstandnis der Auswirkungen der beim Unternehmen verblei-
benden Risiken ermoglichen.

Der geanderte IFRS 7 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschaftsjahre, die am oder nach dem 1.Juli 2011 beginnen; eine frihere
Anwendung ist zuldssig.

Die SUSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.
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D) WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Konzernabschluss erfiillt unter Beachtung der qualitativen Kriterien der Rechnungslegung sowie der anzuwendenden IFRS
den Grundsatz des ,true and fair views"“ sowie der ,fair presentation”. Bei der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses wurden im
Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsatze zu Grunde gelegt:

Nach IFRS 3 wird der derivative Geschafts- oder Firmenwert nicht planmaRig abgeschrieben, sondern einmal jahrlich auf Wert-
minderung Gberprift. Eine Uberpriifung erfolgt auch, wenn Ereignisse oder Umsténde (Triggering Events) eintreten, die auf eine
mogliche Wertminderung hindeuten.

Die Uberpriifung der Werthaltigkeit des Goodwills erfolgt auf der Ebene zahlungsmittelgenerierender Einheiten (Cash Generating
Units), die im SUSS MicroTec-Konzern den Segmenten entsprechen.

Eine Wertminderung wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermogenswerte nicht mehr durch den erzielbaren Betrag der
jeweiligen Cash Generating Unit gedeckt sind. Der erzielbare Betrag ist der hohere der beiden Betrage aus beizulegendem Zeitwert
abzuglich Verkaufskosten und Nutzungswert. Die SUSS MicroTec AG hat im Berichtsjahr den erzielbaren Betrag eines Segments auf
der Basis des Nutzungswerts errechnet. Dieser Wert beruht grundsatzlich auf Bewertungen mittels diskontierter Mittelzufliisse.

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermogenswerte werden gemaf3 IAS 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass
mit der Nutzung des Vermogenswerts ein zukinftiger wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist und die Kosten des Vermogenswertes
zuverlassig bestimmt werden konnen. Sie werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und planmaRig linear
uber ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal zehn Jahre betragt, abgeschrieben.

Entwicklungskosten im Rahmen der Produktentwicklung werden zu Herstellungskosten aktiviert, soweit eine eindeutige Auf-
wandszuordnung moglich und sowohl technische Realisierbarkeit als auch erfolgreiche Vermarktung sichergestellt ist. Die Ent-
wicklungstatigkeit muss ferner mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen kiinftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Die
aktivierten Entwicklungsleistungen umfassen alle direkt dem Entwicklungsprozess zurechenbaren Kosten einschlieflich entwick-
lungsbezogener Gemeinkosten. Aktivierte Entwicklungskosten werden ab Produktionsstart planmaRig linear tiber den erwarteten
Produktlebenszyklus von in der Regel drei bis finf Jahren abgeschrieben.

Sonstige immaterielle Vermdgenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer liegen in der SUSS MicroTec-Gruppe nicht vor.
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach MaBgabe der voraussichtlichen Nutzungs-

dauer um planmaRige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauern fir die wesentlichen Anlagekategorien sind
nachstehend wiedergegeben:

Gebaude, Einbauten 10 -40 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen 4-5Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung 3 -5 Jahre

Fahrzeuge 5 Jahre
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Bei Anlagenabgangen werden die zugehorigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht
und die Differenz zum Verkaufserl6s als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Bei gemieteten Anlagegegenstanden wird gemaf IAS 17 zwischen ,Finance Lease” und ,Operating Lease” unterschieden. Gegen-
stande des ,Finance Lease” werden unter Ansatz des Barwerts aller kiinftigen Mindestleasingzahlungen bei gleichzeitiger Passi-
vierung der Leasingschuld aktiviert. Die aktivierten Gegenstdnde werden lber ihre magebliche Nutzungsdauer abgeschrieben,
die Leasingschuld wird gemalt den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrags getilgt und verzinst. Beim ,Operating Lease"
erfolgt keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der periodisierten Leasingzahlungen im Aufwand.

Eine Neubewertung der Sachanlagen gemaf3 den Regelungen des IAS 16 erfolgte nicht.

Eine Wertminderung auf immaterielle Vermogenswerte einschlieRlich des Geschafts- oder Firmenwerts sowie auf Sachanlagen
wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermogenswerte nicht mehr durch die zu erwartenden VerdufRerungserlose bzw.
die diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt sind. Ist die Ermittlung des erzielbaren Betrags flir einzelne
Vermogenswerte nicht moglich, wird der Cashflow fiir die nachsthohere Gruppierung von Vermogenswerten bestimmt, fiir die
ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Die Zuordnung des Geschafts- oder Firmenwerts erfolgt auf der Grundlage der
Berichtseinheiten (Segmente).

Sofern in den Folgeperioden die Grinde flir die Wertminderungen entfallen sind, werden Zuschreibungen vorgenommen. Die
Zuschreibung erfolgt dabei hochstens auf den Betrag, der sich ohne die Vornahme der Wertminderung ergeben hatte. Eine Zuschrei-
bung auf abgewertete Geschafts- oder Firmenwerte erfolgt nicht.

Die Vorrate werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zum niedrigeren NettoverduRerungswert bewertet. Der
NettoverauRerungswert stellt dabei den voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlds abzliglich der bis zum Verkauf noch anfallenden
Kosten dar.Zudem werden Bestandsrisiken des Vorratsvermdgens, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und technischen Risiken
ergeben, durch angemessene Wertberichtigungen beriicksichtigt.

Die Herstellungskosten der unfertigen bzw. fertigen Erzeugnisse beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie
zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Fir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt die Ermittlung der Anschaffungskosten auf der Grundlage eines gewichteten
Durchschnittswerts.

Bei Wegfall der Griinde, die zu einer Wertberichtigung der Vorrate gefiihrt haben, wird eine entsprechende Wertaufholung
vorgenommen.

Finanzinstrumente sind Vertragsverhaltnisse, die bei der einen Partei zu einem finanziellen Vermégenswert und bei der anderen
Partei zu einer finanziellen Schuld oder zu einem Eigenkapitalinstrument fiihren. Diese werden in die Klassen ,bewertet zu fort-
gefiihrten Anschaffungskosten®, ,bewertet zu Marktwerten“ und in ,Leasingverbindlichkeiten” eingeteilt.
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Das Unternehmen erfasst Finanzinstrumente in der Bilanz, sobald die SUSS MicroTec-Gruppe Vertragspartner eines Finanzinstru-
ments wird. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Marktwert. Die Folgebewertung finanzieller Vermogenswerte und Verbindlichkeiten
erfolgt entsprechend der Kategorie, der sie zugeordnet sind — den zur VerauRerung verfligbaren finanziellen Vermdgenswerten,
den Krediten und Forderungen, den finanziellen Verbindlichkeiten oder den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermo-
genswerten und Verbindlichkeiten.

Die Kategorien ,Held to Maturity” sowie die ,Fair Value Option” werden nicht genutzt.

Forderungen und sonstige finanzielle Vermégenswerte werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie
Kredite und Forderungen zugeordnet und zu fortgefiihrten Anschaffungskosten bewertet. Es erfolgen angemessene Wertbe-
richtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen. Darliber hinaus werden Wertberichtigungen
in Abhangigkeit von der Altersstruktur tberfalliger Forderungen gebildet. Diese Wertminderungen werden auf separaten Wert-
berichtigungskonten erfasst.

Wertpapiere werden als zur VerauBerung verfligbare finanzielle Vermogenswerte klassifiziert. Sie werden zum beizulegenden
Zeitwert bilanziert, sofern dieser verldsslich ermittelbar ist. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden unter Berlicksichtigung
latenter Steuern im Kumulierten tibrigen Eigenkapital ausgewiesen.

Die Zahlungsmitteldquivalente umfassen alle liquiditatsnahen Vermogenswerte, die zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. der
Anlage eine Restlaufzeit von weniger als drei Monate haben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteldquivalente werden zu Anschaf-
fungskosten bewertet.

Die Gesellschaft bilanziert ihre Verpflichtungen aus den bestehenden Aktienoptionsplanen gemaf3 IFRS 2. Der Zeitwert der aus-
gegebenen Aktienoptionen wird unter Berlicksichtigung des Erdienungszeitraums aufwandswirksam im Eigenkapital erfasst. Die
Ermittlung des Zeitwerts erfolgt dabei aufgrundlage des Black-Scholes-Modells.

Die Rickstellung fir Pensionen und dhnliche Verpflichtungen wird gemaf 1AS 19 (,Employee Benefits“) bilanziert. Die Verpflich-
tungen werden mittels des Anwartschaftsbarwertverfahrens (,Projected Unit Credit Method") berechnet. Zukiinftige Gehalts-
steigerungen und sonstige Erhdhungen der Leistungen werden berlicksichtigt. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt
auf Basis von Pensionsgutachten unter Einbeziehung der zur Deckung dieser Verpflichtungen bestehenden Vermogenswerte
(Planvermogen). Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden erst erfolgswirksam verrechnet, wenn sie auerhalb
einer Bandbreite von 10 % des Verpflichtungsumfangs liegen. In diesem Fall werden sie tber die kiinftige durchschnittliche Rest-
dienstzeit der Belegschaft verteilt. Die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsverpflichtungen werden als Bestandteil
der jeweiligen Funktionskosten ausgewiesen.
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Rickstellungen werden gemaf3 IAS 37 gebildet, wenn eine Verpflichtung gegentiber Dritten besteht, deren Inanspruchnahme
wahrscheinlich und die voraussichtliche Hohe des notwendigen Riickstellungsbetrags zuverldssig schatzbar ist. Die Bewertung
erfolgt zu Vollkosten. Langfristige Riickstellungen werden aufgrundlage angemessener Zinssatze mit ihrem auf den Bilanzstichtag
abgezinsten Erflillungsbetrag angesetzt.

Die Finanzschulden umfassen die Verbindlichkeiten gegentiber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen und
Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing. Die Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten und aus den Schuldscheindarlehen
werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeflihrten Anschaffungskosten bewertet. Die Verbind-
lichkeiten aus dem Finanzierungsleasing, die der Klasse ,Leasingverbindlichkeiten” zugeordnet sind, werden gemaf IAS 17 bewertet.

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie finanzielle Verbind-
lichkeiten zugeordnet und zu fortgefiihrten Anschaffungskosten bewertet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu
fortgefiihrten Anschaffungskosten bewertet.

Nicht fortgefiihrte Aktivitaten werden ausgewiesen, sobald ein Unternehmensbestandteil mit Geschaftsaktivitaten und Cashflows,
die operativ und flir Zwecke der Rechnungslegung vom restlichen Unternehmen klar abgegrenzt werden kdnnen, als zur Ver-
auRerung klassifiziert wird oder bereits abgegangen ist und der Geschaftsbereich einen gesonderten wesentlichen Geschaftszweig
darstellt.

Umsatzerldse aus Maschinenverkaufen werden gemaR IAS 18 erfasst, wenn die Voraussetzungen zur Umsatzrealisierung erfillt
sind. Umsatzerlgse werden zum Zeitpunkt der Ubertragung der maRgeblich mit dem Eigentum der verkauften Ware verbundenen
Risiken und Chancen auf den Kaufer realisiert, wenn es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Gesellschaft der wirtschaftliche
Nutzen aus dem Verkauf zuflieBen wird. Die Hohe der erfassten Umsatzerldse basiert auf den beizulegenden Zeitwerten der zu
erhaltenen oder zu beanspruchenden Gegenleistung.

Kundenauftrage der Gesellschaft beinhalten in der Regel Installationsleistungen, die notwendig sind, um die verkaufte Maschine in
einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Aufgrund der Komplexitat der Installationsvorgdnge geht die Gesellschaft davon aus,
dass signifikante Eigentumsrisiken bis zum Abschluss der Installation beim Unternehmen verbleiben. Daher wird bei Vertragen, bei
denen neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und die Endabnahme mit dem Kunden vereinbart ist, der Umsatz
erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind und die Endabnahme durch den Kunden erfolgt ist.

Umsatze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Servicevertragen, zeitanteilig realisiert. Im
Fall von Ersatzteilverkdufen wird der Umsatz bei Lieferung realisiert.
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Die Umsatzkosten umfassen die den Umsatzerlésen zuzuordnenden Herstellungs- und Beschaffungskosten der verkauften Erzeug-
nisse und Ersatzteile. Sie beinhalten neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch Gemeinkosten
einschlieBlich der Abschreibungen auf die Produktionsanlagen und die immateriellen Vermogenswerte sowie die Abwertungen
auf die Vorrate.

Aufwendungen fir Forschung und nicht aktivierungsfahige Entwicklungen werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Ertrage werden dem operativen Ergebnis zugeordnet und periodengerecht erfasst.
Dies betrifft auch die Aufwendungen und Ertrage aus der Fremdwahrungsumrechnung.

Latente Steueranspriiche und -verbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 (,Income Taxes") fiir alle temporaren Differenzen
zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermégenswerte und Schulden und deren Wertansatzen in der IFRS-
Konzernbilanz sowie auf steuerliche Verlustvortrage gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersatze ermittelt,
die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Landern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. Latente
Steueranspriiche auf temporare Differenzen bzw. Verlustvortrage werden nur dann angesetzt, sofern ihre Realisierbarkeit in naherer
Zukunft hinreichend gesichert erscheint.

Auf tempordre Unterschiede beim Geschafts- oder Firmenwert werden latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschrei-
bungen auf derivative Geschafts- oder Firmenwerte steuerlich geltend gemacht werden konnen.

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach IAS 33 (,Earnings per Share”).

Das unverwasserte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem das Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der
ausgegebenen Aktien dividiert wird.

Das verwasserte Ergebnis pro Aktie wird ermittelt,indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der
ausgegebenen Aktien zuzuglich der zu einer Verwasserung flihrenden Aktiendquivalente dividiert wird.

Zur Absicherung von Wahrungs- und Zinsrisiken werden in der SUSS MicroTec-Gruppe derivative Finanzinstrumente abgeschlossen.

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemaf IAS 39. Derivative Finanzinstrumente werden den zu Handels-
zwecken gehaltenen finanziellen Vermdgenswerten und Verbindlichkeiten zugeordnet, zum Marktwert bilanziert und unter den
sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermégenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen.
Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Handelstag. Marktwertanderungen werden entweder in der Gewinn- und Verlustrechnung
oder, sofern es sich um einen Cashflow Hedge handelt, nach der Berlicksichtigung von latenten Steuern im Kumulierten lbrigen
Eigenkapital ausgewiesen.
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Der effektive Teil der Marktwertanderungen derivativer Instrumente, die als Cashflow Hedges bestimmt sind, wird nach Berlick-
sichtigung von latenten Steuern im Kumulierten tbrigen Eigenkapital erfasst. Der ineffektive Teil wird sofort erfolgswirksam in
der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Zuwendungen aus der offentlichen Hand werden gemaR 1AS 20 (,Accounting for Government Grants“) nur erfasst, wenn eine
angemessene Sicherheit dafuir besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfillt und die Zuwendungen gewahrt werden.
Sie werden erfolgswirksam behandelt und grundsatzlich in den Perioden verrechnet, in denen die Aufwendungen anfallen, die
durch die Zuwendungen kompensiert werden sollen. Zuschiisse, die sich auf aktivierungsfahige Entwicklungskosten beziehen,
werden aktivisch abgesetzt.

Einkaufe und Verkaufe in Fremdwahrungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tageskurs umgerechnet.
Vermégenswerte und Schulden in Fremdwahrung werden mit dem geltenden Wahrungskurs am Bilanzstichtag in die funktionale
Wahrung umgerechnet. Die aus diesen Umrechnungen entstandenen Fremdwahrungsgewinne und -verluste werden ergebnis-
wirksam erfasst.

E) VERWENDUNG VON SCHATZUNGEN

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den IFRS verlangt Einschatzungen und Annahmen, die Einfluss auf den Ausweis von
Vermogenswerten und Schulden, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Ertrdgen und
Aufwendungen haben. Die tatsdchlichen Werte konnen in Einzelfallen von den getroffenen Annahmen und Schatzungen abweichen.

Die Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen umfasst in erheblichem Maf Einschatzungen und Beurteilungen einzelner Forde-
rungen, die auf der Kreditwiirdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktuellen Konjunkturentwicklungen und der Analyse historischer
Forderungsausfalle auf Portfoliobasis beruhen. Soweit das Unternehmen die Wertberichtigung aus historischen Ausfallraten auf
Portfoliobasis ableitet, vermindert ein Riickgang des Forderungsvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt. Zum
31. Dezember 201 betrug die gesamte Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen T€ 546 (2010: T€ 740).

Die SUSS MicroTec AG Uberpriift den Geschafts- oder Firmenwert mindestens einmal jahrlich auf mogliche Wertminderung.
Die Bestimmung des erzielbaren Betrags einer Cash Generating Unit, der der Geschafts- oder Firmenwert zugeordnet wurde,
ist mit Schatzungen des Managements verbunden. Der erzielbare Betrag ist der hohere Wert aus dem beizulegenden Zeitwert,
abzlglich der Verkaufskosten, und dem Nutzungswert. Die Gesellschaft bestimmt diese Werte grundsatzlich mit Bewertungs-
methoden, die auf diskontierten Cashflows basieren. Diese diskontierten Cashflows werden fir einen Flinf-Jahres-Zeitraum
ermittelt. Dabei werden fiir die unmittelbare Zukunft die aus der Konzernplanung abgeleiteten Cashflows zugrunde gelegt.
Fir die Uber die Detailplanungsperiode hinausgehenden Cashflow-Prognosen werden geeignete Forecasts aus der Halbleiter-
zulieferindustrie herangezogen. Auf Basis dieser Forecasts wird flir jedes Jahr des Betrachtungszeitraums eine Wachstumsrate
ermittelt. Fiir den Flinf-Jahres-Zeitraum errechnet sich dabei ein durchschnittliches jahrliches Wachstum von 19,0 % (2010:18,9 %).
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Die hohe Wachstumsrate ist zum einen zurlickzufiihren auf die auBerordentlich hohen Umsatzzuwachse, die im Bereich Sub-
strat Bonder erwartet werden. Zum anderen werden auch fiir den Bereich Lithografie, der den gré8ten Geschaftsbereich der
SUSS MicroTec-Gruppe darstellt, weiterhin hohe Zuwachsraten unterstellt. Die Diskontierung der prognostizierten Netto-Cashflows
wird unter Nutzung eines risikoadjustierten Zinssatzes in Hohe von 10,1% (2010:10,4 %) durchgefiihrt. Diese Pramissen sowie die
zugrundeliegende Methodik konnen einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Hohe einer moglichen
Wertminderung des Geschafts- oder Firmenwerts haben.

Ist im Rahmen von Wertminderungstests bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermogenswerten die Ermittlung des
erzielbaren Betrags flr einzelne Vermogenswerte nicht moglich, wird der Cashflow fir die nachsthdhere Gruppierung von Ver-
mogenswerten bestimmt, fir die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Auch bei Sachanlagen oder sonstigen immate-
riellen Vermogenswerten ist die Bestimmung des erzielbaren Betrags der Vermdgenswerte gleichermafien mit Schatzungen des
Managements verbunden, was einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die H6he einer moglichen
Wertminderung haben kann.

Verpflichtungen fir Pensionen und damit zusammenhangende Aufwendungen und Ertrdge werden in Ubereinstimmung mit
versicherungsmathematischen Bewertungen ermittelt. Diese Bewertungen beruhen auf Schliisselpramissen, darunter Abzin-
sungsfaktoren, die erwartete Rendite des Fondsvermogens, Gehaltstrends sowie Lebenserwartungen. Die angesetzten Abzin-
sungsfaktoren spiegeln die Zinssatze wider, die am Bilanzstichtag fiir hochwertige festverzinsliche Anlagen mit entsprechender
Laufzeit erzielt werden.

Aufgrund schwankender Markt- und Wirtschaftslage konnen die zugrunde gelegten Pramissen von der tatsachlichen Entwicklung
abweichen, was wesentliche Auswirkungen auf die Verpflichtungen fiir Pensionen haben kann.

Die Bestimmung von Riickstellungen fiir vertraglich vereinbarte Garantien und Gewahrleistungsanspriiche ist in erheblichem Maf
mit Einschatzungen verbunden. Soweit das Unternehmen diese Riickstellungen aus historischen Garantie- und Gewahrleistungs-
fallen ableitet, vermindert ein Riickgang des Umsatzvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt.

Bei Unternehmenserwerben nach IAS 27 (rev. 2008) und IFRS 3 (rev. 2008) ist der Kaufpreis fir den Unternehmenserwerb auf
die beim Kauf erworbenen identifizierbaren Vermogenswerte, Schulden und Eventualschulden vorzunehmen. Vermogenswerte,
Schulden und Eventualschulden sind mit einzelnen Ausnahmen (z. B. Steuerschulden, Pensionsverpflichtungen, anteilsbasierte
Verglitungen) zum beizulegenden Zeitwert anzusetzen. Hierbei sind nicht nur bilanzierte Vermégenswerte zu berlcksichtigen,
sondern auch bislang nicht angesetzte immaterielle Vermogenswerte.
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F) KONSOLIDIERUNG

Konsolidierungsgrundsatze

In den Konzernabschluss werden die Abschliisse der SUSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem
Control-Prinzip unabhdngig von der Beteiligungshohe die Beherrschungsmaglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der
Stimmrechte wird grundsatzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Ertrage und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen
Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

Umrechnung von Jahresabschliissen in fremder Wahrung
Die Darstellungswahrung des Konzerns ist der Euro, die der funktionalen Wahrung der Muttergesellschaft entspricht. Alle Angaben
erfolgen in Tausend Euro, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Wahrung die jeweilige lokale Wahrung ist, werden (mit Ausnahme des
Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn-
und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.

201 2010

Bilanz Guv Bilanz GuVv
TEURvVs1USD 1,294 1,394 1,339 1,330
TEUR VS TJPY 100,100 111,148 108,820 116,688
TEUR Vs 1GBP 0,837 0,871 0,862 0,858
TEUR Vs 1CHF 1,216 1,234 1,253 1,379
TEURvVS1TWD 39,338 41,101 38,964 41,793
TEUR Vs 1SGD 1,682 1,750 1,717 1,812
TEUR VS 1CNY 8,234 9,016 8,763 9,004
TEUR Vs TKRW 1.495,670 1.544,865 1.502,610 1.541,242
TEURVS1THB 40,775 42,850 40,525 42,563

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (Kumuliertes Ubriges Eigenkapital)
ausgewiesen.

Angaben zum Konsolidierungskreis
Im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2010 ergab sich folgende Veranderung im Konsolidierungskreis:

Die SUSS MicroTec Asia Company Ltd., Bangkok (Thailand) wurde im dritten Quartal 2011 liquidiert und zum 28. Juli 2011 entkon-
solidiert. Der Geschaftsbetrieb der Gesellschaft wurde bereits 2009 stillgelegt.

Weitere Veranderungen im Konsolidierungskreis ergaben sich im abgelaufenen Geschaftsjahr nicht.
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In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 werden demzufolge folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der
SUSS MicroTec AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresergebnis der einzelnen Gesellschaften
gemaR lokalem Recht und in lokaler Wahrung):

gezeichnetes

Gesellschaft Wahrung Kapital Beteiligung Eigenkapital Jahresergebnis  Konsolidierung
SUSS MicroTec AG, Garching® EUR 19.101.028,00 Holding 90.883.717,25 -1.500.351,76 voll
Suss MicroTec Lithography GmbH, Garching @ EUR 2.000.100,00 100% 61.168.527,53 10.221.025,64 voll
HamaTech APE GmbH & Co.KG, Sternenfels EUR 3.000.000,00 100 % -1.462.949,51 2.815.652,38 voll
HamaTech APE Beteiligungs GmbH, Sternenfels EUR 25.000,00 100% 17.631,64 -911,52 voll
Suss MicroTec Ltd., Coventry GBP 10.000,00 100% 1.140.788,07 -30.127,27 voll
Suss MicroTec KK, Yokohama JPY  30.000.000,00 100% -256.533.347,00 39.817.571,00 voll
Suss MicroTec S.A.S., Lyon EUR 114.750,00 100 % 720.783,00 265.345,00 voll
Suss MicroOptics S.A., Neuchatel CHF 500.000,00 85% 6.243.301,97 2.311.059,88 voll
Suss MicroTec Inc., Sunnyvale usb 105.000,00 100%  21.000.329,85  -16.018.305,78 voll
Suss MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu TWD 5.000.000,00 100%  130.272.316,00  39.873.949,00 voll
Suss MicroTec Company Ltd., Shanghai CNY 1.655.320,00 100% 16.810.531,57 8.773.162,48 voll
SUSS MicroTec Precision Photomask Inc., Palo Alto usD 24.287,00 100% 792.207,26 -1105.908,15 voll
HUGLE Lithography Inc., San Jose ©) usbD 1.190.442,00 53,1% -39.579,00 -1.800,00 at cost
Suss MicroTec ReMan GmbH, Oberschleissheim @ EUR 25.564,59 100% 1.247.477,69 1.041.605,63 voll
Suss MicroTec (Singapore) Pte Ltd., Singapur SGD 25.000,00 100 % 1.391.171,92 1144.279,57 voll
Suss MicroTec Korea Co. Ltd., Seoul KRW  50.000.000,00 100%  587.675.273,00  281.098.347,00 voll
ELECTRON MEC. S.R.L.,, Mailand ¥ EUR 52.000,00 10% 1.059.803,00 -103.510,00 at cost

O Eigenkapital und Jahresergebnis vor Berticksichtigung der Ergebnisabfiihrungsvertrage mit der Suss MicroTec Lithography GmbH und der Suss MicroTec ReMan GmbH
@Eigenkapital und Jahresergebnis vor Beriicksichtigung des Ergebniabfiihrungsvertrags mit der SUSS MicroTec AG

®aufgrund Unwesentlichkeit keine Konsolidierung

@Zahlen laut Jahresabschluss 31.12.2010

Fiir alle einbezogenen Unternehmen liegen Abschlisse zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zugrunde.

Von den inlandischen Tochtergesellschaften in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft haben die Suss MicroTec Lithography GmbH,
Garching und die Suss MicroTec ReMan GmbH, Oberschleiheim, die gemald § 264 Abs. 3 HGB erforderlichen Bedingungen fiir die
Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift erflllt. Auf eine Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen wird daher verzichtet.

Die HamaTech APE GmbH & Co.KG (in der Rechtsform der Personengesellschaft) hat die gemaR § 264b HGB erforderlichen Bedin-
gungen fir die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift erfillt. Auf eine Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen wird
daher verzichtet.
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Die Gesellschaft hat im Geschaftsjahr 2011 keine Akquisitionen vorgenommen.

Im Vorjahr erwarb die SUSS MicroTec AG mit Wirkung vom 15. Februar 2010 100 % der Anteile an der HamaTech APE GmbH & Co.
KG, Sternenfels, sowie der HamaTech APE Beteiligungs GmbH, Sternenfels, von der Singulus Technologies AG. Daneben hat die
SUSS MicroTec AG auch das Betriebsgrundstick und die Firmengebiude am Standort Sternenfels sowie ein Gesellschafterdarlehen
mit einem Nennwert von rund 10,1 Mio. € erworben.

Der Kaufpreis fiir das Betriebsgrundstiick und die Firmengebaude belief sich auf 4,5 Mio. €. Der Kaufpreis flr die Anteile an der
HamaTech APE GmbH & Co.KG und das Gesellschafterdarlehen setzte sich zusammen aus einer fixen Komponente in Hohe von rund
3,5 Mio. € und einer Earn-Out-Komponente in Hohe von 1 Mio. €. Dariiber hinaus hat die SUSS MicroTec AG weitere Intercompany-
Forderungen der Singulus Technologies AG in Hohe von rund 1,0 Mio. € abgel6st, die aus der laufenden Geschaftstatigkeit der
HamaTech APE GmbH & Co. KG seit dem 1.Januar 2010 resultierten. Bereits im ersten Quartal 2010 hat die SUSS MicroTec AG den
kompletten (fixen) Kaufpreis von rund 9,0 Mio. € bezahlt.

Der Erwerb der Anteile und Vermogenswerte bzw. Schulden wurde im Konzernabschluss der SUSS MicroTec AG nach den Internati-
onal Financial Reporting Standards als Unternehmenszusammenschluss gemaf IAS 27 (rev.2008) und IFRS 3 (rev.2008) abgebildet.
In diesem Zusammenhang sind die erworbenen Vermogenswerte, Schulden und Eventualschulden (mit einzelnen Ausnahmen)
zu ihrem beizulegenden Zeitwert im Erwerbszeitpunkt anzusetzen (IFRS 3.18). Hierbei sind — nach den Vorschriften des IFRS 3
in Verbindung mit IAS 38 — nicht nur bilanzierte Vermogenswerte zu berlicksichtigen, sondern auch bislang nicht angesetzte
immaterielle Vermogenswerte.

Vor diesem Hintergrund wurde im Vorjahr fiir die erworbenen Vermogenswerte und Schulden eine Purchase Price Allocation durch-
gefuhrt. Die erworbenen Vermogenswerte und Schulden wurden im Erstkonsolidierungszeitpunkt im Vorjahr wie folgt angesetzt:

in Mio € Buchwert nach IFRS per 28.02.2010  Bei Erwerb angesetzt (gemaR PPA)
Immaterielle Vermogenswerte 3,1 13
Sachanlagen 0,3 0,4
Kurzfristige Vermogenswerte 76 7,6
Summe Vermogenswerte 1,0 9,3
Langfristige Schulden 0,0 0,0
Kurzfristige Schulden 2,6 2,6
Summe Schulden 2,6 2,6
Nettovermogen 8,4 6,7
Anschaffungskosten 4,5
Rickstellungen fiir Earn-Out 0,8

Badwill 14




KONZERNABSC >> GESCHAFTSBERICHT 201

Die bisher unter den immateriellen Vermogenswerten angesetzten aktivierten Entwicklungskosten in Hohe von 2,7 Mio. € wurden
im Erwerbszeitpunkt mit o € bewertet. Stattdessen wurden bislang noch nicht angesetzte immaterielle Vermégenswerte in Hohe
von 0,9 Mio. € aktiviert, die zum grof3ten Teil die erworbene Technologie betrafen. Die Bewertung der Technologie basierte auf einer
Planung fiir die Jahre 2010 bis 2013 und den daraus resultierenden Zahlungsstromen. Darliber hinaus wurden stille Reserven in
den Sachanlagen in Hohe von 0,1 Mio. € aufgedeckt.

Da die Summe der beizulegenden Zeitwerte der angesetzten identifizierten Vermogenswerte und Schulden die Anschaffungs-
kosten Uiberstieg, ergab sich aus dem Unternehmenszusammenschluss ein Badwill, der gemaR IFRS 3 im Vorjahr erfolgswirksam
erfasst wurde.

Im Rahmen des Kaufs der HamaTech APE GmbH & Co.KG ist eine Eigenkapitalgarantie des Verkaufers, der Singulus Technologies AG
dahingehend abgegeben worden, dass das Eigenkapital der HamaTech APE GmbH & Co. KG nach HGB zum Zeitpunkt des Closings
einen bestimmten Betrag nicht unterschreiten wird. Die Eigenkapitalgarantie wurde verfehlt. Im Rahmen einer Vergleichsverein-
barung haben sich Kaufer und Verkaufer auf einen Ausgleich in Form einer nachtraglichen Kaufpreisanpassung geeinigt. Zum
einen hat die Singulus Technologies AG vom bereits erhaltenen Kaufpreis 0,7 Mio. € an die SUSS MicroTec AG zuriickerstattet. Zum
anderen wurde die Earn-Out-Komponente von bisher 1 Mio. € auf einen Betrag von 0,3 Mio. € reduziert.

Durch die mit Singulus Technologies AG geschlossene Vergleichsvereinbarung reduzierte sich die Rickstellung fir die Earn-Out-
Komponente auf 0,3 Mio. € Der Badwill erhdhte sich auf 2,7 Mio. €. Der Badwill wurde gemaR IFRS 3.34 im Vorjahr erfolgswirksam
unter den sonstigen betrieblichen Ertragen ausgewiesen.

Das der Earn-Out-Komponente zugrunde liegende Umsatzziel der HamaTech APE GmbH & Co. KG wurde im Geschaftsjahr 2010
erreicht. Damit war die SUSS MicroTec AG verpflichtet, der Singulus Technologies AG den vereinbarten Earn-Out in Hohe von
0,3 Mio. € auszuzahlen.Im Konzernabschluss wurde im Vorjahr eine Verbindlichkeit in entsprechender Hohe passiviert.

In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres sind die Ertrage und Aufwendungen der HamaTech APE GmbH & Co.
KG der Monate Marz bis Dezember 2010 eingeflossen. In diesem Zeitraum trug der Bereich Fotomasken Equipment mit Umsatzen
in Hohe von 18,4 Mio. € und einem Ergebnis von 1,6 Mio. € zum Konzernergebnis nach Steuern bei. Hatte die SUSS MicroTec AG die
HamaTech bereits zum Beginn der Vorjahresperiode erworben, hatten sich im Vorjahr Konzernumsatze von 139,4 Mio. € und ein
Konzernergebnis nach Steuern von 12,9 Mio. € ergeben.
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G)  NICHT FORTGEFUHRTE AKTIVITATEN

Im Vorjahr hat sich die SUSS MicroTec AG von ihrem Geschéft mit Test Systemen getrennt und das Segment Test Systeme zum
28.Januar 2010 verauf3ert. Wesentlicher Bestandteil der Transaktion waren die Anteile an der Suss MicroTec Test Systems GmbH.
Zudem wurden einzelne Vermogenswerte von Auslandstochtern verauRert, die ebenfalls dem Bereich Test Systeme zugeordnet waren.

Der Kaufpreis fur das Segment Test Systeme bestand aus einem festen und einem treuhanderisch verwalteten Anteil. Die fixe
Komponente betrug 4,5 Mio. € wovon 2,0 Mio. € in bar und 2,5 Mio. € in Stammaktien der Kduferin (Cascade Microtech Inc.)
bezahlt wurden. Ein weiterer Betrag von 2,5 Mio. € wurde auf ein Treuhandkonto eingestellt, dessen Auszahlung von bestimmten
Bedingungen abhangig war, die nach der Transaktion von dem Verkaufer erflllt werden mussten und zu einer entsprechenden
Kaufpreisanpassung fuhrten. Bis zum 31. Dezember 201 sind der SUSS MicroTec AG aus diesem Treuhandkonto 0,8 Mio. € zuge-
flossen. Daruiber hinaus hat die SUSS MicroTec AG aus Kaufpreisanpassungen 0,8 Mio. € erhalten. Von dem Gesamtbetrag von
insgesamt 1,6 Mio.€ wurden 2009 bereits 1,0 Mio.€ im Rahmen der Bewertung der zur VerduBerung bestimmten Vermdgenswerte
und Schulden berticksichtigt. Die Treuhandkonten weisen zum Stichtag einen verbleibenden Betrag in Hohe von 1,5 Mio. € aus, die
im Februar 2012 an die SUSS MicroTec AG ausbezahlt wurden.

Zum 27.Januar 2010 wurde die Suss MicroTec Test Systems GmbH entkonsolidiert. Der Gewinn aus der Entkonsolidierung belief sich
im Vorjahr auf1,6 Mio. € Insgesamt belief sich das EBIT des Segments Test Systeme (nicht fortgefiihrte Aktivitaten) im Geschéftsjahr
2010 auf 0,3 Mio. €.

Das Ergebnis des Segments Test Systeme, das in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung als nicht fortgefiihrte Aktivitaten
ausgewiesen wurde, stellte sich wie folgt dar:

inTE 201 2010
Umsatzerlose 382 1774
Kosten und Aufwendungen -403 -3.085
Gewinn aus Entkonsolidierung 0 1.641
Gewinn/Verlust aus nicht fortgefiihrten Aktivitaten vor Ertragsteuern -21 330
Ertragsteuern 0 2
Gewinn/Verlust aus nicht fortgefiihrten Aktivitaten nach Ertragsteuern -21 332

Auf die Ausfiihrungen zur Risikoberichterstattung im Lagebericht wird verwiesen. Diese sind als Bestandteil dieses Anhangs zu
betrachten.
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ERLAUTERUNGEN ZUR IFRS-KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die folgenden Erlduterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung beinhalten ausschlielich die fortgefiihrten Aktivitaten

des Konzerns.

Die Umsatzerlose setzen sich wie folgt zusammen:

inT€ 20M 2010
Maschinen 147.846 111.966
Ersatzteile und Upgrades 13.825 13.460
Serviceleistungen 7438 6.754
Sonstige 6.318 6.905
Umsatzerlose 175.427 139.085

Hinsichtlich der Aufteilung der Umsatzerlose auf Produktlinien und Regionen verweisen wir auf die Segmentberichterstattung.

Die sonstigen Umsatzerlése beinhalten Erl6se aus dem Maskengeschaft und aus dem Bereich Mikrooptik.

In den Umsatzkosten sind insgesamt planmaRige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen von T€ 2.518 (2010:

T€ 2.383) enthalten. Die Abschreibungen betreffen mit T€ 768 (2010: T€ 809) Entwicklungsprojekte im Bereich Lithografie und mit

T€1.750 (2010: T€1.574) den Bereich Substrat Bonder. Dariiber hinaus sind in den Umsatzkosten planmaRige Abschreibungen auf

die erworbene Technologie der HamaTech in H6he von T€ 256 (2010: T€ 213) enthalten.

Des Weiteren sind in die Umsatzkosten Wertminderungen auf Lagerbestande (Demogerate, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie
fertige und unfertige Erzeugnisse) von T€ 3.817 (2010: T€ 2.278) eingeflossen. Dabei entfallen T€1.071 (2010: T€1.085) auf Bestande

des Bereichs Lithografie und T€ 2.371 (2010: T€ 1.056) auf Bestande des Bereichs Substrat Bonder. Die Bestande des Bereichs Foto-

masken Equipment wurden um T€ 375 (2010: T€137) abgewertet.
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Die sonstigen betrieblichen Ertrage setzen sich wie folgt zusammen:

inT€ 20Mm 2010
Fremdwahrungsgewinne 3.562 5.475
Kommissionen 334 231
Ertrage aus der Auflosung von Wertberichtigungen auf Forderungen 241 0
Kfz-Sachbeziige 197 190
Ertrage aus dem Abgang von Anlagevermogen 127 0
Sonstige Zuschiisse 20 76
Riickstellungsauflésungen 0 29
Badwill Erstkonsolidierung HamaTech 0 2.678
Stornogebiihren von Kunden 0 718
Ausbuchung von Verbindlichkeiten (Verzicht des Glaubigers) 0 464
Sonstiges 286 135
Sonstige betriebliche Ertrage 4.767 9.996

Die Fremdwahrungsgewinne entstanden im Wesentlichen aus verschiedenen Geschaftsvorfallen im operativen Bereich, die in
Fremdwahrung abgewickelt wurden (vorwiegend in US-Dollar und japanischen Yen) und durch die unterjdhrige Veranderung der
Wechselkurse beeinflusst waren. Zudem realisierte das Unternehmen Kursgewinne aus der Devisenkurssicherung.

Im Vorjahr resultierten T€ 1.821 der Fremdwahrungsgewinne aus der Riickfiihrung von konzerninternen Fremdwahrungskrediten
durch die Suss MicroTec Inc., Waterbury, im Zusammenhang mit der im Dezember 2010 erfolgten Ubertragung von immateriellen
Vermogenswerten an die Suss MicroTec Lithography GmbH.

Die Kommissionen wurden von unserer Tochtergesellschaft in China erzielt. Im Vorjahr erzielte daneben auch unsere Tochter-
gesellschaft in Taiwan Kommissionsertrage.

Die sonstigen Zuschuisse betreffen Zuschiisse der Arbeitsagentur fir EingliederungsmaRnahmen und Altersteilzeit. Im Vorjahr
erhielt das Unternehmen Aufwandszuschisse aus Forderprojekten, welche ergebniswirksam zu vereinnahmen waren.

Im Vorjahr entstanden Ertrage aus der Auflosung von Riickstellungen fiir drohende Verluste aus schwebenden Geschaften.

Im Vorjahr wurden die Stornogeblhren von der Suss MicroTec Inc., Waterbury, vereinnahmt.

Im Vorjahr wurden Ertrage aus der Ausbuchung von bestehenden Verbindlichkeiten realisiert. Diese standen im Zusammenhang
mit der Bereinigung von Verrechnungskonten zwischen der HamaTech APE GmbH & Co. KG und der Singulus Technologies AG.

In diesem Zusammenhang wurden im Vorjahr auch Forderungen in Hohe von T€ 306 ausgebucht (erfasst unter den sonstigen
betrieblichen Aufwendungen).
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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

inT€ 20M 2010
Fremdwahrungsverluste 3.856 2731
Sonstige Steuern 283 522
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 262 0
Vertragsstrafen 125 0
Lizenzgebiihren 101 0
Zufiihrung von Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen 50 385
Aufwendungen fiir Forderungsverzicht 0 306
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermogen 0 263
Aufwendungen fur Mitarbeiterentsendungen 0 143
Sonstiges 217 359
Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.894 4.709

Die Fremdwahrungsverluste entstanden im Wesentlichen aus Bewertungsanderungen von Kundenforderungen in US-Dollar
aufgrund unterjahrig veranderter Wechselkurse sowie aus Bewertungsanderungen von konzerninternen Verrechnungskonten in
Fremdwahrung. Darliber hinaus sind dem Unternehmen Kursverluste aus Devisenkurssicherungsgeschaften entstanden.

Die Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen betreffen eine Maschine der SUSS MicroTec Precision Photomask
Inc. Samtliche Vermogenswerte und Schulden der SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. wurden im vierten Quartal im Rahmen
eines Asset Deals veraulRert.

Die Lizenzgebiihren betreffen ebenfalls die SUSS MicroTec Precision Photomask Inc.
Im Vorjahr standen die Aufwendungen flr Forderungsverzicht im Zusammenhang mit der Bereinigung von Verrechnungskonten

zwischen der HamaTech APE GmbH & Co. KG und der Singulus Technologies AG. In diesem Zusammenhang wurden im Vorjahr
auch Verbindlichkeiten in Hohe von T€ 464 ausgebucht (erfasst unter den Sonstigen betrieblichen Ertragen).
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Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinsaufwendungen und Zinsertragen sowie sonstigen Finanzaufwendungen und sonstigen

Finanzertragen zusammen.

Die Finanzaufwendungen setzen sich folgendermalien zusammen:

inT€ 20M 2010
Bankverbindlichkeiten 749 676
Zinsswaps -137 51
Bezahlte Stiickzinsen 186 14
Zinsen fur Finanzierungsleasing 49 78
Avalprovisionen 67 46
Sonstige Zins- und Finanzaufwendungen 82 75
Finanzaufwendungen 996 940

Die Hohe der gesamten Finanzaufwendungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhéht. Die Zinsen fiir Bankverbindlichkeiten
haben sich um rund T€ 73 erhoht, wéhrend sich fiir die Zinsswaps, die im Zusammenhang mit dem Schuldscheindarlehen stehen,im

Berichtsjahr ein positiver Effekt und damit ein Ertrag in Hohe von insgesamt T€137 ergab. Die Erhohung der Bankzinsen resultierte

im Wesentlichen aus zusatzlichen Zinsaufwendungen fur die Grundstiicksfinanzierung Sternenfels, da im Berichtsjahr fiir dieses

Darlehen erstmals Zinsen fiir volle 12 Monate anfielen.

Die Finanzertrage enthalten Zinsertrage in Hohe von T€ 1.184 (2010: T€ 654), die im Wesentlichen aus Geldmarktanlagen sowie
Wertpapieren resultieren. In 2011 sind hier auch die VerduBerungsgewinne aus dem Verkauf der Cascade-Aktien in Hohe von

T€ 833 erfasst.

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellen sich wie folgt dar:

inT€ 201 2010
Laufender Steueraufwand 2.223 4.802
Latenter Steuerertrag (-) / -aufwand 3.566 -3.809
...davon auf temporare Differenzen 1.827 -268
Gesamtaufwand 5.789 993
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Die folgende Tabelle zeigt eine Uberleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschaftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen

Steueraufwand.

Angenommener Steuersatz 20m 2010
Korperschaftsteuer 15,00 % 15,00 %
Solidaritatszuschlag 5,50 % 5,50 %
Gewerbesteuer 12,43% 12,43%
Kombinierter Steuersatz 28,25% 28,25%
inT€ 20M 2010
Ergebnis vor Steuern 19.596 14.028
Erwartete Ertragsteuern 5.536 3.963
Abweichende Steuersatze im Ausland -866 5
Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen und Kiirzungen 44 62
Nicht abzugsfahige Betriebsausgaben 75 201
Steueraufwand Vorjahre 49 1.351
Veranderung in der Realisierbarkeit latenter Steueranspriiche 0 -1.721
Veranderung der Wertberichtigung auf aktive latente Steuern 1.668 1.238
Inanspruchnahme wertberichtigter Verlustvortrage -359 -3.541
Steuerfreie Ertrage -270 -464
Dem Organtrager zuzurechnendes Einkommen

aus nicht fortgefiihrten Aktivitaten -6 94
Sonstiges -82 -195
Effektive Ertragsteuern 5.789 993

Die GegenUberstellung der erwarteten zu den effektiven Ertragsteuern aus den fortgefiihrten Aktivitaten zeigt eine Abweichung
von T€ 253 (2010: T€ -2.970). Statt einen Steueraufwand in Hohe von T€ 5.536 auszuweisen, verbuchte das Unternehmen im
Berichtsjahr einen Steueraufwand in Héhe von T€ 5.789.

Im Berichtsjahr wurden zusatzliche Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern in Hohe von T€1.668 gebildet. Der grofte
Wertberichtigungsbedarf entstand bei der Suss MicroTec Inc., Sunnyvale (Kalifornien / USA), fiir die auf Basis der aktuellen Konzern-
planungin den nachsten Jahren ein konstant positives, jedoch geringeres Ergebnis erwartet wird. Grund fiir das geringere Ergebnis
ist unter anderem auch das geanderte Geschaftsmodell der Suss MicroTec Inc., die zuktinftig als Reprasentant den Vertrieb unserer
Produkte im nordamerikanischen Raum durchfiihren wird. Bisher war die Suss MicroTec Inc. als Reseller tatig.

Der positive Steuereffekt aus der Erzielung von steuerfreien Ertragen ist im Wesentlichen auf die Verduf3erung von 747.530 Cascade-
Aktien zurlckzufuhren, die bei der SUSS MicroTec AG einen steuerfreien VerauRerungsgewinn in Hohe von T€ 833 erzeugten.
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Der positive Effekt aus der Inanspruchnahme wertberichtigter Verlustvortrage resultiert aus einem positiven Jahresergebnis der
Suss MicroTec KK, Yokohama (Japan) sowie der Suss MicroTec S.A.S., Lyon (Frankreich).

Im Vorjahr beliefen sich die tatsachlichen Steuern lediglich auf T€ 993, wahrend die erwarteten Steuern rund T€ 3.963 betrugen.
Damit wurden im Vorjahr T€ 2.970 weniger Steuern erfasst als erwartet.

Der positive Effekt resultierte im Vorjahr im Wesentlichen aus der Verlagerung des Geschaftsbereichs Substrat Bonder von den USA
nach Deutschland und dem damit im Zusammenhang stehenden Verkauf derimmateriellen Vermoégenswerte von der Suss Micro-
Tec Inc., Waterbury /Vermont (USA) an die Suss MicroTec Lithography GmbH, Sternenfels. Durch den Verkauf wurden bei der Suss
MicroTec Inc. 2010 (fir die steuerliche Ergebnisrechnung) stille Reserven in Hohe von rund 22 Mio. USD aufgedeckt. Der dadurch in
den USA angefallene Ertrag konnte durch die Nutzung der dort vorhandenen Verlustvortrage vollstandig steuerfrei vereinnahmt
werden. Da die aktiven latenten Steueranspriiche auf diese Verlustvortrdage in den Jahren vor 2010 komplett wertberichtigt waren,
ergab sich im Vorjahr ein positiver latenter Steuereffekt von T€ 3.298. Die bis dahin auf die aktivierten Entwicklungskosten gebildeten
passiven latenten Steuern konnten vollstandig ergebniswirksam aufgelost werden. Durch die Umstrukturierung und Verlagerung
des Substrat Bonder Bereichs von den USA nach Deutschland veranderte sich auflerdem die Einschatzung der Realisierbarkeit
latenter Steueranspriiche der Suss MicroTec Inc.in den USA. Daraus resultierte im Vorjahr insgesamt ein positiver Steuereffekt in
Hohe von T€1.721.

Gegenlaufig wirkten sich in 2010 verschiedene Vorjahresanpassungen der steuerlichen Net Operating Losses der Suss MicroTec
Inc.aus, die zu einem zusatzlichen latenten Steueraufwand von T€1.482 flihrten. Die Suss MicroTec Precision Photomask Inc., Palo
Alto /Kalifornien (USA), realisierte hingegen 2010 durch einen Verlustriicktrag einen positiven Steuereffekt in Hohe von T€ 305.

Die Veranderung der Wertberichtigung auf aktive latente Steuern betrafim Vorjahrim Wesentlichen die Suss MicroTec KK, Yokohama
(Japan). Die in 2010 entstandenen Verluste erh6hen die steuerlichen Verlustvortrage. Die darauf zu bildenden aktiven latenten
Steuern von T€1.026 wurden zu 100 % wertberichtigt.

Aus der Entkonsolidierung der SUSS MicroTec Test Systems GmbH realisierte die SUSS MicroTec AG im Vorjahr einen Entkonsolidie-
rungsgewinn in Hohe von T€1.641, der als steuerfreier Ertrag zu einem positiven latenten Steuereffekt in Hohe von T€ 464 fiihrte.

Der nicht fortgeflihrte Bereich Test Systeme bzw. die Suss MicroTec Test Systems GmbH bildete bis zum Vollzug der Transaktion
eine ertragsteuerliche Organschaft mit der SUSS MicroTec AG. Im Vorjahr resultierte aus dem Bereich Test Systeme ein positives
Ergebnis in Hohe von T€ 332; der darauf entfallende Steueraufwand betrug T€ 94.

Es wurde keine Steuerabgrenzung auf nicht ausgeschittete Gewinne von Tochtergesellschaften vorgenommen.Von einer Ermittlung
der moglichen steuerlichen Auswirkungen wurde wegen des unverhaltnismaBig hohen Aufwands abgesehen.
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KONZERNABSCHLUSS > GESCHAFTSBERICHT 2011

inT€ Aktiva Passiva

20m 2010 20M 2010
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 284 1173 0 98
Pensionen und dhnliche Verpflichtungen 630 687 0 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13 56 m 40
Langfristige Riickstellungen 20 376 62 0
Immaterielle Vermogenswerte 2.551 2928 21 193
Sonstige kurzfristige Vermogenswerte 15 1 0 108
Finanzschulden n 5 0 0
Geschafts- oder Firmenwert 0 0 1.807 157
Passiver Ausgleichsposten HamaTech 0 0 515 542
Vorrate 698 809 0 58
Sachanlagen 5 0 3 46
Sonstiges 57 0 128 85
Verlustvortrage 1.099 2.838 0 0
Gesamt 5.383 8.873 2757 2741

Der Konzern verfligt Uber steuerliche Verlustvortrage in Hohe von T€ 21.054 (2010: T€ 25.220). Davon verfallen im Zeitraum bis zum

31. Dezember 2019 insgesamt T€ 6.106. Im Zeitraum von 2028 bis 2031 verfallen insgesamt T€ 11.213. Verlustvortrage in Hohe von

T€ 3.735 sind unbegrenzt nutzbar.

Der Riickgang der Verlustvortrage im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Suss MicroTec Lithography GmbH

sowie der Suss MicroTec ReMan GmbH, deren positives Jahresergebnis aufgrund der bestehenden Ergebnisabfiihrungsvertrage

die Verlustvortrage der SUSS MicroTec AG mindern.

Fir Verlustvortrage in Hohe von T€17.906 (2010: T€15.336) und temporare Differenzen in Hohe von T€3.409 (2010: T€1.588) wurden

keine aktiven latenten Steuern angesetzt.

m
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Die folgende Tabelle zeigt die Ermittiung des unverwasserten und verwasserten Ergebnisses je Aktie.

inT€ 20Mm 2010
Gewinn aus fortgefiihrten Aktivitaten 13.807 13.035
Abziiglich: Minderheitsanteile -273 -137
Gewinn aus fortgefiihrten Aktivitaten,

der auf Aktionire der SUSS MicroTec AG entfallt 13.534 12.898
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien (Stiick) 18.908.799 18.072.913
Effekt aus der (potenziellen) Austibung von Aktienoptionen (Stiick) 14.510 402.000
Angepasste gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien (Stiick) 18.923.309 18.474.913
Ergebnis je Aktie in EUR aus fortgefiihrten Aktivitdten — unverwassert 0,72 0,7
Ergebnis je Aktie in EUR aus fortgefiihrten Aktivitaten — verwassert 0,71 0,70

In die Berechnung des Ergebnisses je Aktie (verwassert) wurde der gewichtete Durchschnitt von 186.800 Aktien (2010:390.214
Aktien) nicht mit einbezogen, da die Ausiibungsvoraussetzungen im Berichtsjahr nicht erfullt waren.

Weitere Informationen zu den Aktienoptionsprogrammen finden sich im Anhang unter Textziffer 21.

PERSONALAUFWAND

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SUSS MicroTec-Gruppe sind im Folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den
verschiedenen Positionen enthalten:

inT€ 20M 2010
Léhne und Gehdlter 39.826 34.294
Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Unterstiitzung 3.436 3.904
Aufwendungen fiir Altersvorsorge 2.426 2339
Personalaufwand 45.688 40.537

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen fiir Unterstiitzung enthalten vor allem die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung
und Berufsgenossenschaftsbeitrage.

Die Aufwendungen flr Altersvorsorge beinhalten Pensionsaufwendungen aus betrieblichen Versorgungsplanen sowie Arbeitge-
beranteile zur gesetzlichen Rentenversicherung.
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MATERIALAUFWAND

Die Materialaufwendungen betrugen in 2011 T€ 91.111 (2010: T€ 70.590).

ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

inT€ 201 2010
Immaterielle Vermogenswerte 4.21 4.218
Sachanlagen 2140 1.983
Abschreibungen 6.351 6.201

Neben aktivierten Entwicklungskosten in Hohe von T€ 2.518 (2010: T€ 2.383) wurden im Geschaftsjahr Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und dhnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten in Hohe von T€ 550 (2010: T€ 543)
abgeschrieben. AuBerdem wurden Abschreibungen auf die zum 1. Oktober 2009 an eine Leasinggesellschaft verkaufte und zurtick-
geleaste SAP-Software in Hohe von T€ 887 (2010: T€ 887) vorgenommen. Dariiber hinaus entstanden Abschreibungen auf die im
Rahmen der Unternehmensakquisition HamaTech erworbene Technologie und weiterer erworbener immaterieller Vermogenswerte
in Hohe von T€ 256 (2010: T€ 405).

In den Abschreibungen des Vorjahres auf Sachanlagen waren auerplanmaRige Abschreibungen in Hohe von T€ 190 enthalten,
die Mietereinbauten an den aufgegebenen Standorten Vaihingen und Waterbury betrafen.

Die auf aktivierte Entwicklungsleistungen vorgenommenen Abschreibungen betreffen ausschlieBlich planmaRige Abschreibungen.

ERLAUTERUNGEN ZU DEN AKTIVA

Die folgenden Erlduterungen zur Konzernbilanz beinhalten fiir das Berichtsjahr ausschliellich die fortgefiihrten Aktivitaten des
Konzerns.

Unter den immateriellen Vermogenswerten werden zum Stichtag neben Patenten, Lizenzen und dhnlichen Rechten in Héhe von
T€3.122 (2010: T€ 4.308) Entwicklungsleistungen von T€ 5.446 (2010: T€ 7.583) ausgewiesen.

In den Patenten, Lizenzen und dhnlichen Rechten ist das geleaste SAP-System mit einem Restbuchwert von T€ 961 (2010: T€1.848)
enthalten.

Die aktivierten Entwicklungsleistungen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Maschinen in den
Segmenten Lithografie und Substrat Bonder.

13
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Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Geschafts- oder Firmenwert in Hohe von T€ 13.599 (2010: T€ 13.599) entfallt in voller Hohe
auf das Segment Lithografie und enthalt keinen Fremdwahrungsanteil.

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Sachanlagevermégens sowie ihre Entwicklung im Berichts-
jahrsind im Anlagespiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, enthalten.

Im Sachanlagevermdgen sind mit einem Restbuchwert in Hohe von T€ 101 (2010: T€ 124) auch geleaste technische Anlagen und
Maschinen, geleaste Betriebs- und Geschaftsausstattung und geleaster Fuhrpark enthalten, die wegen der Gestaltung der ihnen
zugrundeliegenden Leasingvertrage (,Finance Lease”) dem Konzern als wirtschaftlichem Eigentimer zuzurechnen sind.

Die sonstigen langfristigen Vermogenswerte enthalten vor allem Aktivwerte von Riickdeckungsversicherungen, welche die Ver-
rechnungskriterien mit bestehenden Pensionsriickstellungen nicht erfiillen und von Zeitkontenriickdeckungen sowie geleistete
Kautionen flir angemietete Burogebaude.

inT€E 20M 2010
Rickdeckungsversicherung 380 305
Kautionen 212 179
Sonstiges 0 1
Sonstige langfristige Vermogenswerte 592 485

Die Vorrate lassen sich wie folgt aufteilen:

inTE 20m 2010
Materialien und Hilfstoffe 24382 23175
Unfertige Erzeugnisse 23128 23.802
Fertigerzeugnisse 19.970 17.842
Demonstrationsgerate 12.469 10.991
Handelswaren M 130
Wertberichtigungen -8.528 -11.509

Vorratsvermogen 71.632 64.431
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Von dem Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2011 bilanzierten Vorrate in Hohe von T€ 71.632 (2010: T€ 64.431) sind T€ 7.210 (2010:

T€13.469) zu ihrem NettoverdufRerungswert bilanziert.

Der Betrag der Vorrate, die in den Geschaftsjahren 2011 und 20710 als Aufwand erfasst wurden, entspricht im Wesentlichen dem

Betrag der Umsatzkosten des jeweiligen Geschaftsjahres.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

inT€ 20M 2010
Forderungen gegen Dritte 18.336 16.399
Wertberichtigungen -546 -740
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.790 15.659

Die folgende Tabelle gibt die Veranderungen in den Wertberichtigungen auf den Bestand der Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen wieder.

inT€ 20M 2010
Wertberichtigungen zum Beginn des Geschaftsjahres 740 383
Ausbuchung von Forderungen -3 -27
Zahlungseingange und Wertaufholungen

auf urspriinglich abgeschriebene Forderungen -241 -82
Zufiihrung 50 466
Wertberichtigungen zum Geschaftsjahresende 546 740
Unter den sonstigen finanziellen Vermdgenswerten sind folgende Positionen ausgewiesen:

inT€ 20mM 2010
Aktivierte Stiickzinsen 379 273
Positive Marktwerte aus Devisentermingeschaften 0 150
Forderprojekte 186 144
Lieferantenboni 54 0
Bietungsgarantien 57 0
Sonstiges 80 73
Sonstige finanzielle Vermégenswerte 756 640
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Unter den aktivierten Stilickzinsen werden geleistete Vorauszahlungen auf Zinsforderungen aus erworbenen Wertpapieren
dargestellt.

Die SUSS MicroTec AG hat im abgelaufenen Geschiftsjahr einen Teil ihrer Liquiditat in zur VerduRerung verfiigbare Wertpapiere
investiert. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen. Die Bewertung der Wertpapiere
erfolgt zu Marktpreisen. Etwaige Marktpreisschwankungen werden erfolgsneutral im Kumulierten librigen Eigenkapital abgebildet.

Zum Bilanzstichtag verfligte die Gesellschaft Giber Wertpapiere in Hohe von T€19.362 (2010: T€15.977).

Die langfristigen Steuerforderungen resultieren ausschlieRlich aus der Aktivierung des Korperschaftsteuer-Guthabens deutscher
Konzerngesellschaften in Hohe von T€ 87 (2010: T€108) in Folge des Gesetzes liber steuerliche BegleitmalRnahmen zur Einflihrung der
Europaischen Gesellschaft und zur Anderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG). Das Guthaben wird in zehn gleichen
Jahresbetragen in den Jahren 2008 bis 2017 ausbezahlt. Da der Auszahlungsbetrag unverzinslich ist, erfolgte eine entsprechende
Abzinsung. Dabei wurde ein durchschnittlicher Effektivzinssatz von 4,37% p.a. zugrunde gelegt.

Die kurzfristigen Steuerforderungen bestehen aus geleisteten Steuervorauszahlungen in Hohe von T€ 686 (2010: T€ 620).

Unter den sonstigen kurzfristigen Vermogenswerten sind folgende Positionen enthalten:

inT€ 20M 2010
Aktive Rechnungsabgrenzung 1.055 837
Geleistete Anzahlungen 671 404
Umsatzsteuer 379 1.272
Kautionen 30 187
Forderungen aus Forderprojekten 213 365
Sonstiges 445 331
Sonstige kurzfristige Vermogenswerte 2.793 3.396

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthalt Vorauszahlungen fur zukilinftige Aufwendungen, zum Beispiel Versicherungsbeitrage
oder Mietvorauszahlungen.
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ERLAUTERUNGEN ZU DEN PASSIVA

GEZEICHNETES KAPITAL
Aus dem Aktienoptionsprogramm 2008 wurden im Geschaftsjahr insgesamt 379.990 Bezugsrechte ausgelibt.

Das Grundkapital der SUSS MicroTec AG wurde von 18.721.038,00 € (eingeteilt in 18.721.038 auf den Namen lautende Stiickaktien
mit einem rechnerischen Nennwert von je 1,00 €) um einen Betrag von 379,990,00 € erh6ht und betrug zum Bilanzstichtag
19.101.028,00 €. Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapitalverdnderungsrechnung.

Jede Stiickaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stiickaktien sind nicht riickzahlbar und nicht kon-
vertierbar. Dividenden konnen ausschlief3lich aus den ausschiittbaren Gewinnen gemalé handelsrechtlichem Jahresabschluss der
SUSS MicroTec AG ausgeschiittet werden.

Das genehmigte Kapital betragt zum Bilanzstichtag T€ 9.053 (2010: T€ 2.553).
Am 31.Dezember 2011 verfligt die Gesellschaft tiber ein bedingtes Kapital in Hohe von insgesamt T€1.270 (2010: T€1.695). Es ist flr

die Gewahrung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschaftsfilhrungsmitglieder und weitere Flihrungskrafte des Konzerns
vorgesehen. Dabei sind T€ 750 dem Aktienoptionsplan 2005 und T€ 520 dem Aktienoptionsplan 2008 zuzuordnen.

inT€ 201 2010
Grundkapital 19.101 18.721
genehmigtes Kapital 9.053 2553
bedingtes Kapital 1.270 1.695
RUCKLAGEN

Die Riicklagen des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen:

inT€E 20M 2010
Kapitalrlicklage 98.384 98.225
Gewinnriicklage 433 433
Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust) 2.799 -10.714
Riicklagen 101.616 87.944

Der Kapitalriicklage wurden aus der Gewahrung von Bezugsrechten im Rahmen der bestehenden Aktienoptionsplane T€ 45 (2010:
T€187) ergebniswirksam zugefiihrt. Aus den Auslibungen von Aktienoptionen wurden T€ 114 (2010: T€ 0) der Kapitalriicklage
zugefiihrt.

17
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Die Gewinnrlicklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverandert.

Der bisherige Bilanzverlust veranderte sich durch das positive Jahresergebnis von T€13.513 vor Berlicksichtigung von Minderheiten
auf einen Bilanzgewinn von T€ 2.799.

KUMULIERTES UBRIGES EIGENKAPITAL

Die Entwicklung des Kumulierten lbrigen Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

inT€ 20M 2010
Fremdwahrungsanpassungen -824 -833
Absicherung kiinftiger Zahlungsstrome -101 -202
Unrealisierte Gewinne /Verluste aus Wertpapieren 307 326
Steuereffekte

Unrealisierte Gewinne /Verluste aus Wertpapieren -98 -91
Absicherung kiinftiger Zahlungsstrome 57 57
Stand zu Beginn der Periode -659 -743

Veranderungen vor Steuern

Fremdwahrungsanpassungen -164 262
Absicherung kiinftiger Zahlungsstrome -230 101
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren -30 -19
Auflosung Other Comprehensive Income , Test” (Entkonsolidierung) 0 -253
Steuereffekte

Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren 8 -7
Absicherung kiinftiger Zahlungsstrome 62 0
Stand am Ende der Periode -1.013 -659

Die SUSS MicroTec AG hat im Vorjahr einen Zinsswap als Sicherungsinstrument fir das variabel verzinsliche Darlehen, das der
Finanzierung des neu erworbenen Grundstiicks in Sternenfels dient, abgeschlossen. Fiir diesen Zinsswap wurde Hedge Accounting
angewendet: Anstelle der Abbildung in der Gewinn- und Verlustrechnung werden die Marktwertanderungen im Kumulierten
ubrigen Eigenkapital abgebildet.

Eigenkapitalmanagement

DerVorstand der Gesellschaft geht nach derzeitigem Planungsstand davon aus,im kommenden Geschéftsjahr aus dem operativen
Geschaft einen positiven Cashflow zu erwirtschaften. Unabhdngig davon besteht bei einer Verfehlung der Planung die Gefahr,
dass sich das Eigenkapital in Folge eines Jahresfehlbetrags verringern konnte.
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AKTIENOPTIONSPLANE DER SUSS MICROTEC AG

In der Hauptversammlung vom 21.Juni 2005 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu T€ 750 durch Ausgabe von
bis zu insgesamt 750.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stlickaktien zur Gewahrung von Bezugsrechten an Vorstands- und
Geschaftsfihrungsmitglieder und weitere Fiihrungskrafte der Konzerngesellschaften zu erhdhen. Der Bezugspreis flr die Aktien
entspricht dem Marktwert am Gewahrungsstichtag. Die Bezugsrechte kdnnen erst nach Ablauf einer Wartefrist von rund zwei
Jahren ausgeuibt werden.

Die Bezugsrechte konnen nur von den Berechtigten ausgelibt werden, wenn entweder

>> der Borsenkurs der SUSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausiibungszeitraums,in dem
die Aktienoption ausgelibt wird, um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist und der Borsenkurs der
SUSS MicroTec-Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDAX entwickelt hat

oder

>> der Borsenkurs der SUSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausiibungszeitraums, in dem
die Aktienoption ausgetbt wird, um mindestens 0,8333 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist.

Die Bezugsrechte erléschen bei Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses innerhalb der Wartefrist bzw. am Ende der Laufzeit.
Die Laufzeit der Aktienoptionen beginnt mit dem Ausgabetag und endet nach Ablauf von fiinf Jahren.

In der Hauptversammlung vom 19.Juni 2008 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu T€ 9oo durch Ausgabe von
bis zu insgesamt 9oo.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stiickaktien zur Gewahrung von Bezugsrechten an Vorstands- und
Geschaftsfihrungsmitglieder und weitere Fiihrungskrafte der Konzerngesellschaften zu erhdhen. Der Bezugspreis flr die Aktien
entspricht dem Marktwert am Gewahrungsstichtag. Die Bezugsrechte kdnnen erst nach Ablauf einer Wartefrist von rund zwei
Jahren ausgelibt werden.

Die Bezugsrechte kénnen nur von den Berechtigten ausgelibt werden, wenn entweder

>> der Borsenkurs der SUSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausiibungszeitraums, in dem
die Aktienoption ausgelibt wird, um mindestens 0,625% pro vollem Kalendermonat gestiegen ist und der Borsenkurs der
SUSS MicroTec-Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDAX entwickelt hat

oder

>> der Borsenkurs der SUSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausiibungszeitraums, in dem
die Aktienoption ausgelibt wird, um mindestens 0,8333 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist.
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Zusatzlich zu diesen Erfolgszielen muss der Bérsenkurs der SUSS MicroTec-Aktie fir die Ausiibungszeitraume, die innerhalb der
ersten 36 Monate der Laufzeit der Aktienoptionen liegen, wahrend der Laufzeit bis zum ersten Tag des Ausiibungszeitraums
mindestens einmal bei € 5,00, fiir Ausiibungszeitraume, die zwischen dem 37. Monat bis zum 48. Monat liegen, mindestens einmal
wahrend der Laufzeit bei € 5,75 und flr Auslibungszeitraume, die zwischen dem 49. Monat und 6o. Monat mindestens einmal
wahrend der Laufzeit bei € 6,60 gelegen haben.

Im Geschéaftsjahr wurde eine erfolgswirksame Zufiihrung zur Kapitalriicklage in Hohe von T€ 45 (2010: T€ 187) fiir diese Plane
vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden wie im Vorjahr keine Bezugsrechte ausgegeben.
Am 31. Dezember 2011 bestanden noch insgesamt 461.750 begebbare Bezugsrechte (2010: 461.750 begebbare Bezugsrechte).

Die von der Gesellschaft gewahrten Bezugsrechte zum Aktienerwerb haben sich wie folgt entwickelt:

gewichteter
durchschnittlicher

Anzahl Bezugspreis in €
01.01.08 668.950 726
gewahrt 2008 0 0,00
ausgelibt 2008 0 0,00
verfallen 2008 81.300 730
31.12.08 587.650 726
gewahrt 2009 438.250 1,30
ausgeliibt 2009 0 0,00
verfallen 2009 170.700 7,04
31.12.09 855.200 4,25
gewahrt 2010 0 0,00
ausgeiibt 2010 0 0,00
verfallen 2010 158.400 4,59
31.12.10 696.800 4,18
gewahrt 2011 0 0,00
ausgeiibt 201 379.990 1,30
verfallen 2011 115.500 721
31121 201310 7,88

noch begebbar 461.750
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Nachfolgende Tabelle fasst die Informationen hinsichtlich aller durch die Gesellschaft ausgegebenen Bezugsrechte nochmals

Zusammen:
gewichteter gewichtete
durchschnittl. durchschnittl.
Bezugspreis Restlaufzeit
Bereich des Bezugspreises Anzahl Bezugsrechte in€ in Monaten
unter EUR 2,50 14.510 1,30 28
EUR 2,50 -EUR 4,99 0,00 0,00 0
EUR 5,00 —EUR 7,49 0,00 0,00 0
EUR 7,50 -EUR 9,99 186.800 8,39 5
201.310 7,88 7

Das Unternehmen gewahrt verschiedene Versorgungszusagen, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invaliditat bertick-
sichtigen. Die Pldne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen
Lander. Die Leistungen berechnen sich i.d.R. auf Basis der Gehdlter der versicherten Mitarbeiter.

Es ist zwischen leistungs- und beitragsorientierten Versorgungssystemen zu unterscheiden. Bei leistungsorientierten Versorgungs-
zusagen besteht die Verpflichtung des Konzerns darin, die zugesagten Leistungen an ehemalige Mitarbeiter zu erfillen, fir die
entsprechende Riickstellungen gebildet werden.

Bei beitragsorientierten Versorgungsplanen geht der Konzern tber die Entrichtung von Beitragszahlungen an zweckgebundene
Fonds hinaus keine weitere Verpflichtung ein. Die Beitragszahlungen werden ergebniswirksam erfasst, Riickstellungen werden

hier nicht gebildet.

Die Pensionsverpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

inT€ 2011 2010
Inlandische Verpflichtungen 1.683 1.823
Auslandische Verpflichtungen 1189 1.096

Gesamt 2.872 2.919
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LEISTUNGSORIENTIERTE PLANE (,,DEFINED BENEFIT PLANS®)
Der Konzern verfugt in Deutschland, Japan und in der Schweiz tiber leistungsorientierte Pensionsplane.
Die vorhandenen Pensionszusagen in Deutschland umfassen Anspriiche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, aus-

gestaltet einerseits in Abhdngigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewahlte
Personen der Geschéftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

20Mm 2010
Abzinsungsfaktor 4,83%-516% 4,50 %
Erwartete Rendite auf das Planvermogen 580% 3,90%-520%
Gehaltssteigerung 0,00% 0,00%
Rentensteigerung 2,00% 2,00%

Lebenserwartung gem. Richttafeln Dr. Heubeck 2005 G

Beim Gehalt wurden nur in der Schweiz Steigerungsraten berticksichtigt, da in den deutschen Planen keine aktiven Anwarter
mehr enthalten sind.

Die Tochtergesellschaft in Japan verfligt lber einen beitragsfreien und ungedeckten leistungsorientierten Pensionsplan,aus dem
bestimmte Mitarbeiter nach Ausscheiden aus dem Unternehmen eine Pensionszahlung erhalten. Die Hohe der Pensionszahlung
richtet sich nach einem festgelegten Berechnungsschema und sieht fiir jeden anspruchsberechtigten Mitarbeiter eine Zuwendung
von 80 % eines Monatsgehalts pro Beschaftigungsjahr vor. Anspruchsberechtigt ist jeder Mitarbeiter der Gesellschaft nach einer
Betriebszugehorigkeit von mindestens drei Jahren.

Die Pensionszusagen der Tochtergesellschaft in der Schweiz umfassen Anspriiche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenen-
renten, ausgestaltet in Abhangigkeit vom Grundgehalt. Anspruchsberechtigt sind alle Angestellten und Geschaftsfiihrer der

Tochtergesellschaft.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

201 2010
Abzinsungsfaktor 2,50% 2,75%
Erwartete Rendite auf das Planvermégen 2,50% 2,75%
Gehaltssteigerung 1,50% 1,50%

Rentensteigerung 0,25% 0,50 %
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Die Anwartschaftsbarwerte der Versorgungsverpflichtungen und die Marktwerte des Fondsvermégens haben sich in den Geschafts-

jahren 2011 und 2010 wie folgt entwickelt:

inT€ 20mM 2010
Anwartschaftsbarwert am 1.1. 5.610 5.014
Dienstzeitaufwand 272 283
Zinsaufwand 207 209
Pensionszahlungen -387 -819
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn / (+) Verlust -417 573
Wahrungsveranderungen 120 350
Anwartschaftsbarwert am 31.12. 5.405 5.610
inT€ 20m 2010
Planvermégen am 1.1. 1.913 1.645
Erwartete Ertrdge aus dem Planvermogen 84 76
Geleistete Fondsdotierungen 20 -65
Versicherungsmathematischer (+) Gewinn / (-) Verlust 141 179
Wahrungsveranderungen 25 78
Planvermdgen am 31.12. 1.901 1.913
Die Abstimmung des Deckungsstatus mit dem in der Konzernbilanz ausgewiesenen Betrag ergibt folgendes Bild:

inT€ 20mM 2010
Barwert der Pensionsverpflichtungen 5.405 5.610
Zeitwert des Planvermogens -1.901 -1.913
Errechnete Pensionsverbindlichkeit 3.504 3.697
Nicht realisierte versicherungsmathematische (+) Gewinne und (-) Verluste -632 -778
Riickstellung 2.872 2.919

Der Barwert der Pensionsverpflichtungen entfallt in Hohe von T€ 3.401 (2010: T€ 3.538) auf fondsfinanzierte Versorgungsanspriiche.

123



124 > SUSS MICROTEC AG

Die Pensionsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

inT€ 20M 2010
Dienstzeitaufwand 189 339
Personalaufwandskomponente 189 339
Zinsaufwand 207 209
Erwartete Ertrdge aus dem Planvermégen -84 -76
Zinsaufwandskomponente 123 133

Die Personalaufwandskomponente des Geschaftsjahres entfallt in Hohe von T€133 (2010: T€ 201) auf die Verwaltungskosten und
in Hohe von T€ 56 (2010: T€ 138) auf die Vertriebskosten.

Die Entwicklung des Anwartschaftsbarwerts und des Planvermogens zeigt folgende Tabelle:

inTE 20Mm 2010 2009 2008 2007
Anwartschaftsbarwert 5.405 5.610 5.014 4.819 4174
Planvermogen 1.901 1.913 1.645 1.664 1.640
Deckungsstatus 3.504 3.697 3.369 3.155 2.534

Erfahrungsbedingte Anpassungen gem.AS 19.120 A(p) waren im Betrachtungszeitraum nicht notwendig.

BEITRAGSORIENTIERTE PLANE (,,DEFINED CONTRIBUTION PLANS*)

Der Konzern hat fiir seine Mitarbeiter in den USA, die 21 Jahre oder alter sind und die ein Minimum von 1.000 Stunden pro Jahr arbeiten,
einen ,Defined Contribution Plan“ eingerichtet. Der Plan beinhaltet zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401 (k) Plan.

Die in den Gewinnbeteiligungsplan einflielenden Beitrage werden jahrlich neu bestimmt. Samtliche Beitrage des Unternehmens
werden in einem , Trust Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch
Uber einen Zeitraum von sechs Jahren.

Unter dem 401 (k) Plan betragt der Arbeitgeberbeitrag USD o,50 fiir jeden USD 1,00 des Arbeitnehmerbeitrages bis zu einem
maximalen Arbeitnehmerbeitrag von USD 2.000 (d.h. der maximale Arbeitgeberbeitrag betragt USD 1.000). Anspruch auf den
vollen Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch
auf Arbeitgeberbeitrage.

Im Geschaftsjahr 2011 betrugen die Aufwendungen des Konzerns fir den 401 (k) Plan TUSD 141 (2010: TUSD 148).

Weiterhin wurden im abgelaufenen Geschaftsjahr Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung in Hohe von T€ 2.324
(2010: T€ 2.227) abgefihrt.
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Die langfristigen Rickstellungen beinhalten Verpflichtungen des Konzerns aus Altersteilzeitvereinbarungen. Die Riickstellungen
haben sich folgendermaRen entwickelt:

inTE Stand 01.01.2011 Verbrauch Zufithrung Stand 31.12.201

Altersteilzeit 508 -200 40 348

Die im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geschlossene Altersteilzeitregelung gilt fiir Arbeitnehmer der Suss MicroTec Lithography
GmbH und der SUSS MicroTec AG, die das 57. Lebensjahr vollendet haben und im aktuellen Arbeitsverhaltnis in den letzten funf
Jahren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens drei Jahre eine Vollzeitbeschaftigung / Teilzeitbeschaftigung ausgeiibt haben.

Wahrend der Dauer der Altersteilzeit wird die bisherige Regelarbeitszeit auf 50 % reduziert. Die wahrend der Altersteilzeit-Gesamt-
dauer zu erbringende Arbeitszeit wird regelmafig so verteilt, dass diese vollstandig in der ersten Halfte der Altersteilzeit geleistet
wird (Arbeitsphase) und der Mitarbeiter in der zweiten Halfte von der Arbeitsleistung freigestellt wird (Freistellungsphase).

Zusatzlich zum auf 50 % reduzierten Bruttoarbeitsentgelt erhalt der Mitarbeiter einen Aufstockungsbetrag, der so zu bemessen
ist, dass das monatliche Altersteilzeit-Nettoentgelt mindestes 82 % des monatlichen Vollzeitnettoarbeitsentgelts betragt. Der
Aufstockungsbetrag wird steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt.

Die Falligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten gegentiber Kreditinstituten, der Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen sowie
der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing ergibt sich zum 31. Dezember 2011 bzw. zum Vorjahresstichtag wie folgt:

Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit

bis zu von mehr als einem von mehr als
31. Dezember 20m einem Jahr bis zu fiinf Jahren fiinf Jahren Summe
Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten 182 720 3.420 4322
Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen 8.984 0 0 8.984
Verbindlichkeiten aus Finance Lease 965 139 0 1.104
Gesamt 10.131 859 3.420 14.410

Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit

bis zu von mehr als einem von mehr als
31. Dezember 2010 einem Jahr bis zu fiinf Jahren funfJahren Summe
Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten 203 720 3.600 4.523
Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen 0 8.964 0 8.964
Verbindlichkeiten aus Finance Lease 916 1.083 0 1.999

Gesamt 1119 10.767 3.600 15.486
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VERBINDLICHKEITEN GEGENUBER KREDITINSTITUTEN

Die Verbindlichkeiten gegenlber Kreditinstituten enthalten Verbindlichkeiten aus einem langfristigen Darlehensvertrag in Hohe
von 4.320 € (2010: 4.500 €), der der Finanzierung des Betriebsgrundstiicks Sternenfels dient. Der Darlehensvertrag wurde am
25./28. Mai 2010 zwischen der SUSS MicroTec AG und einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen belief sich auf 4,5 Mio. €
und hat eine Laufzeit bis zum 30.Juni 2020. Es wurde am 6.Juli 2010 valutiert und zur Auszahlung gebracht.

Im einzelnen setzen sich die Darlehensstande per Ende des Geschaftsjahres wie folgt zusammen:

KONZERNGESELLSCHAFT

inT€ 20M 2010 Zinssatz Falligkeit
SUSS MicroTec AG 4320 4.500 3,98% 30.6.2020
Suss MicroTec Precision Photomask Inc. 0 23 9,27% 26.3.2011
Gesamt 4.320 4.523

...davon kurzfristig fallig 180 203

...davon langfristig fallig 4140 4320

...fallig 2012 180

2013 180

2014 180

2015 180

2016 180

...spater 3.420

4.320

Die Gesellschaft verfligt (iber diverse Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten und Versicherungen. Die
gesamten Kreditlinien und deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

inT€ 201 2010
Kreditlinie 13.700 9.700
Inanspruchnahme 2.894 5.649
Verfiigbare Kreditlinie 10.806 4.051

Die von dem Bankenkonsortium unter Fiihrung der BayernLB bereitgestellte Kreditlinie in Hohe von 6 Mio. € lief bis zum 31. Marz 2011.
Mit dem Kreditvertrag vom 30./31. Marz 2011 wurden neue Kreditvertrage mit dem bisherigen Bankenkonsortium abgeschlossen.
Mit den neuen Kreditvertragen wurde die Kreditlinie auf insgesamt 8 Mio. € erhoht. Die neue Kreditlinie hat eine Laufzeit bis zum
31.Médrz 2012 und wurde ohne Covenants gestellt. Sie dient in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbiirgschaften.
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Mit Vertrag vom 1. April /5. April 2011 haben die SUSS MicroTec AG und die SUSS MicroTec Lithography GmbH mit der DZ BANK AG
einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit dem eine Kreditlinie in Hohe von 2 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie lauft bis
zum 31. Mdrz 2012 und wurde ohne Covenants gestellt. Sie dient in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbirgschaften.

Fiir 2012 ist geplant, Kreditvertrage mit einem auf drei Banken ausgelegten Bankenkonsortium unter Fiihrung der BayernLB abzu-
schlieBen, um die fur die Unterlegung von Anzahlungsbiirgschaften notwendigen Kreditlinien auch weiterhin zur Verfligung zu
haben. Die Verhandlungen sind bereits weit fortgeschritten. Die neuen Vertrage werden voraussichtlich Ende Marz 2012 abge-
schlossen werden.

Im Mai 2010 hat die HamaTech APE GmbH & Co.KG mit der BW Bank Mannheim einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit
dem eine Kreditlinie in Hohe von 1 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie lauft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants
gestellt. Die SUSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine harte Patronatserklarung fur die HamaTech APE GmbH &
Co. KG abgegeben.

Bei einer Versicherung besteht eine weitere Kreditlinie zur Unterlegung von Anzahlungsbirgschaften in Hohe von 2,5 Mio. €.
Zum Bilanzstichtag ist die Linie in Hohe von 2.894 € (Vorjahr: 5.649 €) in Form von Avalen genutzt.

Der durchschnittliche Zinssatz fiir die Inanspruchnahme der Kreditlinien betrug1,2% (2010:1,1%).

VERBINDLICHKEITEN AUS SCHULDSCHEINDARLEHEN

Die Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen betreffen ausschlieBlich die SUSS MicroTec AG und setzen sich wie folgt zusammen:

KONZERNGESELLSCHAFT

inT€ 20Mm 2010 Zinssatz Falligkeit
SUSS MicroTec AG 2.995 2.988 6,00% 18.12.2012
SUSS MicroTec AG 2.995 2.988 6,17% 18.12.2012
SUSS MicroTec AG 2.994 2.988 6,06 % 21.12.2012
Gesamt 8.984 8.964

...davon kurzfristig fallig 8.984 0

...davon langfristig fallig 0 8.964

... fallig 2012 8.984

2013 0

2014 0

2015 0

2016 0

..spater 0

8.984
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VERBINDLICHKEITEN AUS FINANCE LEASE

Die Gesellschaft least derzeit diverse Einrichtungen und Ausristungsgegenstande sowohl im Fertigungs- wie auch im Verwaltungs-
bereich unter Operating Lease-Vertragen. Darliber hinaus bestehen beziiglich Software, Gebauden, Grundstiicken und Einbauten,
technischen Anlagen und Maschinen sowie anderen Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung Finance Lease-Vertrage, deren

zugrundeliegende Vermdgenswerte aktiviert und planmaRig abgeschrieben werden.

Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten sowie die kiinftigen finanziellen Verpflichtungen aus Operating Lease stellen sich wie

folgt dar:
davon Operating
Lease mit nahestehen-
inT€ Finance Lease Operating Lease den Personen
Abschreibungen / Aufwendungen 201 948 2370 0
Abschreibungen / Aufwendungen 2010 945 2.286 0
Kiinftige Verpflichtungen ... fallig 2012 985 2.0m 0
2013 109 1.689 0
2014 14 298 0
2015 9 196 0
2016 0 8 0
...spater 0 0 0
Gesamt zukiinftig 1m7 4.202 0
Zinsanteil 13
Verbindlichkeit 31.12.201 1.104
...davon kurzfristig 965
...davon langfristig 139
Die kurzfristigen Ruckstellungen setzen sich wie folgt zusammen:
inT€ 20M 2010
Garantieriickstellungen 2.085 1.941
Restrukturierung 54 1.457
Ubrige Riickstellungen 1183 1.215
Kurzfristige Riickstellungen 3.322 4.613
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Die Garantiertickstellungen wurden fiir gesetzliche und vertraglich vereinbarte Garantien und Gewahrleistungsanspriiche von
Kunden aus Maschinenlieferungen in Hohe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Verlagerung des im US-amerikanischen Waterbury (Vermont) ansdssigen Geschaftsbereichs Substrat Bonder nach Deutschland
wurde im April 2011 abgeschlossen. Im Zuge der Umstrukturierung wurden die Funktionsbereiche Forschung und Entwicklung,
Produktion sowie das Produktmanagement der Bonder-Produktlinien an den Standort Sternenfels verlegt. Die nordamerikanische
Service- und Vertriebsorganisation sowie das Applikationscenter wurden von Waterbury ins ,Silicon Valley“, Kalifornien, verlagert.

Die Aufwendungen der Umstrukturierung beliefen sich auf insgesamt rund 5,3 Mio. €, von denen 3,9 Mio. € bereits im Vorjahr erfasst
wurden. Im August 2011 wurde der Standort Waterbury endgiiltig geschlossen und das angemietete Gebaude an den Vermieter
zuriickgegeben. Zum Ende des dritten Quartals 201 ist fir SUSS MicroTec das Projekt ,,Umstrukturierung USA“ abgeschlossen.
Weitere Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Restrukturierungsriickstellung belauft sich zum 31. Dezember 2011 auf T€ 54.

Die kurzfristigen Riickstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

inT€ Stand 01.01.2011 Verbrauch Auflésung Zufiihrung Stand 31.12.2011
Garantieriickstellungen 1.941 -1.916 0 2.060 2.085
Restrukturierung 1.457 -1.403 0 0 54
Ubrige Ruickstellungen 1.215 -957 0 925 1183
Kurzfristige Riickstellungen 4.613 -4.276 0 2.985 3322

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

inT€ 20M 2010
Pramien und Provisionen 2,943 2781
Fremdleistungen 1794 2392
Aufsichtsratsvergiitung 152 161
Negative Marktwerte aus Devisentermingeschaften 148 m
Negative Marktwerte aus Zinsswaps 478 390
Sonstiges 480 623
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 5.995 6.458

Die Gesellschaft weist unter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten die negativen Marktwerte aus den Devisenterminge-
schaften und Zinsderivaten aus. Weitere Einzelheiten zu den Devisentermingeschaften und Zinssicherungsgeschaften finden sich
in Textziffer 29 ,Zusatzliche Informationen Uber Finanzinstrumente®.
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Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

inT€ 20M 2010
Erhaltene Anzahlungen 18.446 23.580
Abgegrenzte Personalkosten 3.621 2.795
Passive Rechnungsabgrenzung 1.444 480
Umsatzsteuer 0 53
Sonstiges 578 125
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 24.089 27.033

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten alle Kundenanzahlungen fiir Maschinen vor der endgtiltigen Abnahme. Nach erfolgter
Abnahme und entsprechender Umsatzrealisierung werden die Anzahlungen mit den entstandenen Forderungen verrechnet.

In den abgegrenzten Personalkosten sind im Wesentlichen Verpflichtungen fiir Urlaubsriickstande und Gleitzeitguthaben enthalten.

Die Steuerverbindlichkeiten enthalten inlandische Ertragsteuern in Hohe von T€ 5.344 (2010: T€ 4.917) und ausléndische Ertrag-
steuern in Hohe von T€ 390 (2010: T€ 495).

SONSTIGE ANGABEN

Unter Finanzinstrumente fallen nach IAS 32 grundsatzlich samtliche auf vertraglicher Basis vorgenommene wirtschaftliche Vor-
gange, die einen Anspruch auf Zahlungsmittel beinhalten. Hierzu gehdren einerseits originare Finanzinstrumente wie Forderungen
und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen als auch Finanzforderungen und -verbindlichkeiten. Weiterhin umfassen die
Finanzinstrumente auch derivative Instrumente, die zur Sicherung von Wahrungs- und Zinsanderungsrisiken eingesetzt werden.
Die geschatzten Marktwerte der Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer
tatsachlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren wiirde. Folgender Abschnitt gibt einen umfassenden
Uberblick Uber die Bedeutung von Finanzinstrumenten fir das Unternehmen und liefert zusatzliche Informationen tber Bilanz-
positionen, die Finanzinstrumente enthalten.



Die folgende Tabelle zeigt die Buchwerte aller Kategorien von finanziellen Vermdgenswerten und Verbindlichkeiten:
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inT€ 20M 2010

Finanzielle Vermogenswerte

Zur VerdufRerung verfligbare finanzielle Vermogenswerte 19.362 15.977

Kredite und Forderungen 18.546 16.149

Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermégenswerte 0 150
37.908 32.276

Finanzielle Verbindlichkeiten

Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten 627 501

Finanzielle Verbindlichkeiten 27371 31189
27.998 31.690

Die folgende Tabelle stellt die Marktwerte sowie die Buchwerte der finanziellen Vermogenswerte und Verbindlichkeiten dar.

inT€ 20M 2010

Buchwert Marktwert Buchwert Marktwert
Finanzielle Vermégenswerte
Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente 37.036 37.036 36.525 36.525
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.790 17.790 15.659 15.659
Sonstige finanzielle Vermogenswerte 756 756 640 640
bewertet zu fortgefiihrten Anschaffungskosten 756 756 490 490
bewertet zum Marktwert 0 0 150 150
Wertpapiere, bewertet zum Marktwert 19.362 19.362 15.977 15.977
Finanzielle Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7582 7582 9.746 9.746
Finanzschulden 14.410 15.251 15.486 16.527
Verbindlichkeiten gegentiber Kreditinstituten 4322 4713 4.523 4.691
Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen 8.984 9.415 8.964 9.810
Verbindlichkeiten aus Finance Lease 1104 1123 1.999 2.026
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 5.995 5.995 6.458 6.458
bewertet zu fortgefiihrten Anschaffungskosten 5368 5368 5.957 5.957
bewertet zum Marktwert 627 627 501 501
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Fir die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen den Markt-
werten der Instrumente.

Forderungen /Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der
Forderungen und Verbindlichkeiten annaherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

Sonstige finanzielle Vermdgenswerte / Verbindlichkeiten: Die Buchwerte der zu fortgefiihrten Anschaffungskosten bewerteten
sonstigen finanziellen Vermogenswerte und Verbindlichkeiten entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Vermégenswerte und
Verbindlichkeiten in etwa dem Marktwert.

Die Bewertung der sonstigen finanziellen Vermogenswerte und Verbindlichkeiten, die zu Marktwerten bewertet werden, hangt
von ihrem Typ ab. Der Marktwert von Devisentermingeschaften bestimmt sich in Abhangigkeit von Devisenterminkursen. Der
Marktwert von Zinsderivaten bestimmt sich durch Abzinsung der erwarteten zukiinftigen Zahlungsstrome tber die Restlaufzeit
des Kontrakts auf der Basis aktueller Marktzinsen und der Zinsstrukturkurve.

Wertpapiere: Der Marktwert der zur VerduBerung verfligbaren finanziellen Vermogenswerte entspricht dem Kurswert in einem
aktiven Markt.

Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten: Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten gegen-
uber Kreditinstituten wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktiiblichen Zinssatzen fir Schuldtitel
mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen: Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten aus
Schuldscheindarlehen wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktiiblichen Zinssatzen fur Schuldtitel

mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Verbindlichkeiten aus Finance Lease: Der Marktwert der Verbindlichkeiten aus Finance Lease wurde durch Diskontierung des erwar-
teten Mittelabflusses zu den marktiblichen Zinssatzen fir Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Die Nettogewinne bzw. -verluste aus Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

inT€ 201 2010

Kredite und Forderungen 196 -342

Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermogenswerte
und Verbindlichkeiten -276 65

Zur VeraufRerung verfligbare finanzielle Vermdgenswerte -154 -31
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Nettogewinne bzw. -verluste aus Krediten und Forderungen enthalten Veranderungen in den Wertberichtigungen, Gewinne und
Verluste aus der Ausbuchung sowie Zahlungseingange auf urspriinglich abgeschriebene Darlehen und Forderungen.

Nettogewinne bzw. -verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermogenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten
enthalten Marktwertverdnderungen der derivativen Finanzinstrumente.

Im Berichtsjahr wurde die wahrend der Laufzeit im Kumulierten tbrigen Eigenkapital —nach der Berlicksichtigung latenter Steuern

—erfasste Marktwertveranderung der zur VerdufRerung verfligbaren finanziellen Vermégenswerte in Hohe von T€-63 (2010: T€ -31)
infolge der Endfalligkeit dieser Wertpapiere aus dem Eigenkapital in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen und Zins-
risiken zu begrenzen.

Die Marktwerte der einzelnen Arten von derivativen Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

inT€ 20M 2010
positiver negativer positiver negativer
Marktwert Marktwert Marktwert Marktwert
Devisentermingeschafte 0 148 150 m
Zinsswaps 0 478 0 390

Konzerninterne Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwahrungen entstehen durch grenziibergreifende Lieferbeziehungen
zwischen den Tochtergesellschaften. Dies betrifft vor allem die Konzerngesellschaften in den Wahrungsraumen des US-Dollars
und des japanischen Yen, die Produkte von Schwestergesellschaften aus dem Euro-Wahrungsraum beziehen. Zum Zeitpunkt der
Erteilung des Auftrages werden Devisentermingeschafte abgeschlossen, um Wahrungsveranderungen bis zum Zeitpunkt der
Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschaft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatz-
realisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen. Die Veranderung der Marktwerte weist das
Unternehmen unter den Sonstigen betrieblichen Ertragen bzw. Sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Die potenziellen Risiken
liegen einerseits in der Fluktuation der Wahrungskurse und andererseits im Bonitatsrisiko der Gegenpartei, die ausschlief3lich aus
deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonitat besteht.

Das Unternehmen ist bestrebt, Zinsrisiken, die sich aus der Sensitivitat von Finanzschulden in Bezug auf Schwankungen des
Marktzinsniveaus ergeben kdnnen, durch den Einsatz von Zinsderivaten, wie Zinsswaps, zu begrenzen. So hat die Gesellschaft den
variablen Teil des 2007 begebenen Schuldscheindarlehens mit laufzeitkongruenten Swap-Kontrakten gesichert. Auch das 2010
aufgenommene Darlehen, das der Finanzierung des Grundstticks Sternenfels dient und einen variablen Zins aufweist, wurde mit
einem laufzeitkongruenten Swap gesichert. Die Zinsswaps gleichen die Auswirkung zukiinftiger Veranderungen der Zinssatze auf
die Zahlungsstrome der zugrunde liegenden variabel verzinslichen Anlagen aus. Um die Marktwertschwankungen des Zinsswaps
flir das Grundstiicksdarlehen im kumulierten (ibrigen Eigenkapital abzubilden, hat die Gesellschaft fir diesen Zinsswap Hedge
Accounting angewendet. Die Marktwertschwankungen der Zinsswaps fiir den variablen Teil des Schuldscheindarlehens wurden
in den Zinsertragen bzw. -aufwendungen erfasst.
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Nach IAS 24 miissen Personen angegeben werden, die die SUSS MicroTec AG beherrschen oder von ihr beherrscht werden, soweit
sie nicht bereits in den Konzernabschluss einbezogen wurden.

Beherrschung liegt vor,wenn ein Aktionar mehr als die Halfte der Stimmrechte der SUSS MicroTec AG hélt oder kraft Satzung oder
vertraglicher Vereinbarung die Méglichkeit besitzt, die Finanz- und Geschaftspolitik der SUSS MicroTec AG zu steuern.

Dariiber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach IAS 24 auf Geschafte mit Joint Ventures sowie auf Geschafte mit Personen, die
einen maBgeblichen Einfluss auf die Finanz- und Geschaftspolitik der SUSS MicroTec AG austben, einschlieBlich naher Familienan-
gehoriger oder zwischengeschalteter Unternehmen. Ein maRgeblicher Einfluss auf die Finanz- und Geschaftspolitik des Konzerns
kann hierbei auf einem Anteilsbesitz an der SUSS MicroTec AG von 20 % oder mehr, einem Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der
SUSS MicroTec AG oder einer anderen Schlisselposition im Management beruhen.

Im Geschaftsjahr wurde der Konzern von den Angabepflichten nach IAS 24 ,Angaben liber Beziehungen zu nahe stehenden
Unternehmen und Personen®—mit Ausnahme der Angaben zur Verglitung der Organe — nicht beriihrt.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

inT€E 20M 2010
Bestellobligo 24.493 17171
Mietverpflichtungen 4.003 4.677
Summe 28.496 21.848

Das Bestellobligo verpflichtet das Unternehmen zu einer spateren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

In der Konzern-Kapitalflussrechnung des SUSS MicroTec-Konzerns wird entsprechend IAS 7 (,Cashflow Statements®) zwischen
Zahlungsstromen aus betrieblicher Geschaftstatigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstatigkeit unterschieden.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flissigen Mittel, d. h.
Kassenbestande, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten ohne nennenswerte Wert-
schwankungen verfligbar sind. Im Berichtsjahr diente ein Betrag von T€ 350 (2010: T€ 350) der ausgewiesenen flissigen Mittel
zum Bilanzstichtag als Sicherheit fuir einen Kautionsversicherungsvertrag.

Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstatigkeit werden zahlungsbezogen ermittelt. Demgegeniiber wird der
Cashflow aus betrieblicher Geschaftstatigkeit ausgehend vom Jahresergebnis indirekt abgeleitet.
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Im Rahmen der indirekten Ermittlung werden die berlcksichtigten Veranderungen von Bilanzpositionen um Effekte aus der Wah-
rungsumrechnung bereinigt. Die Veranderungen der betreffenden Bilanzpositionen kdnnen daher nicht mit den entsprechenden
Werten aufgrundlage der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen Ertrage und Aufwendungen in Hohe von T€-594 (2010: T€ -2.854) beinhalten im Wesent-
lichen Wahrungseffekte.

Der Erwerb der HamaTech APE wurde im Vorjahr zusammen mit dem Erwerb des Grundstiickes Sternenfels als Investition im
Cashflow aus Investitionstatigkeit dargestellt. Der im Vorjahr erfolgte Verkauf des Bereichs Test Systeme wurde als Desinvestition
im Cashflow aus Investitionstatigkeit dargestellt.

Durch den Verkauf und die Entkonsolidierung der Suss MicroTec Test Systems GmbH sind im Vorjahr (am 27.01.2010) Zahlungsmittel
dieser Gesellschaft in Hohe von T€ 2.834 aus dem Konzern abgeflossen. Mit dem Erwerb und der Erstkonsolidierung der HamaTech
APE GmbH & Co.KG und der HamaTech Beteiligungs GmbH hat der Konzern im Vorjahr (am 15. Februar 2010) Zahlungsmittel dieser
Gesellschaften in Hohe von T€ 220 libernommen.

INFORMATIONEN ZU DEN SEGMENTEN

Die Aktivitdten des SUSS MicroTec-Konzerns werden im Rahmen der Segmentberichterstattung gemaR den Regeln von IFRS 8
(,Operating Segments*) nach Produktlinien und nach Regionen abgegrenzt. Diese Aufgliederung orientiert sich an der internen
Steuerung sowie Berichterstattung und berlcksichtigt die unterschiedlichen Risiko- und Ertragsstrukturen der Segmente.

Die Aktivitaten des SUSS MicroTec-Konzerns werden in die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment
aufgeteilt. Zusammen mit dem Segment Sonstige werden diese Aktivitaten in der Segmentberichterstattung unter den fortge-
flihrten Aktivitaten ausgewiesen. Im Segment Sonstige werden weitere Aktivitaten des Konzerns sowie die nicht zuordenbaren
Kosten der Konzernfunktionen gebiindelt. Unter den nicht fortgefiihrten Aktivitaten wird das Segment Test Systeme ausgewiesen.

Im Segment Lithografie entwickelt, produziert und vertreibt der SUSS MicroTec-Konzern die Produktlinien Mask Aligner und Coater.
Die Entwicklungs- und Produktionsaktivitdten sind in Deutschland an den Standorten Garching bei Miinchen und Sternenfels
bei Stuttgart angesiedelt. Darliber hinaus sind wesentliche Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien flr dieses
Segment tatig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als die Halfte des Gesamtgeschaftes der Gruppe dar und ist in den Markten
Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Advanced Packaging vertreten.
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Im Segment Substrat Bonder sind die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb der Produktlinie Substrat Bonder ausgewiesen. Die
Aktivitaten in diesem Segment sind seit Marz 2011 in Sternenfels bei Stuttgart konzentriert. Im Vorjahr war dieser Geschaftszweig
mit Produktion, Entwicklung und Vertrieb noch in Waterbury, Vermont, in den USA angesiedelt. Das Unternehmen hat diesen
Geschaftszweig Anfang des Jahres 2011 komplett nach Deutschland (Sternenfels) verlagert und den Standort Waterbury geschlossen.
Der Vertrieb fur das Segment Substrat Bonder ist (iber Sternenfels hinaus weltweit in kleinen Einheiten an Standorten in Europa,
in den USA und in Asien ansassig. In diesem Segment bildet der XBC300, ein Produktions-Bonder flir bis zu 300 mm Wafer, die
Ausgangsplattform fur die drei wichtigsten Bondtechniken im Bereich der 3D-Integration (einer unserer Zukunftsmarkte): das
temporare und permanente Bonden sowie das Debonden. Zu den Schliisseltechnologien, die die 3D-Integration erfordert, zahlten
darlber hinaus das Diinnen von Wafern sowie die weitere Handhabung dieser duRerst fragilen Substrate (, Thin Wafer Handling”).
Daneben werden vor allem manuelle Maschinen fiir 6- und 8-Zoll-Wafer-Anwendungen angeboten.

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien HMx, ASx,
MaskTrack und MaskTrack Pro der am 15. Februar 2010 akquirierten HamaTech APE GmbH & Co. KG. Die Entwicklung und Produk-
tion der auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken fir die Halbleiterindustrie spezialisierten Systeme ist am Standort
Sternenfels angesiedelt.

Das in Sacka bei Dresden angesiedelte Segment Test Systeme ist am 27.Januar 2010 verkauft worden. Die im Berichtsjahr noch
vereinzelt angefallenen Geschaftsvorfalle werden in der Segmentberichterstattung als nicht fortgeflihrte Aktivitaten ausgewiesen.
Das Segment Test Systeme umfasste die Entwicklung, Produktion sowie den Vertrieb in Europa von Test-Equipment. Die Test Systeme
sind im Wesentlichen fiir Laboranwendungen, insbesondere z.B. fuir die Fehleranalyse, aber auch teilweise fiir Anwendungen im
Produktionsumfeld (Mikrosystemtechnik, LED-Testsysteme) bestimmt.

Im Segment Sonstige werden neben den nicht zuordenbaren Kosten der SUSS MicroTec AG die operativen, nicht den Segmenten
zugeordneten Aktivitaten im Maskenbereich, im Bereich Mikrooptik sowie im Bereich C4NP gezeigt.

SONSTIGE ERLAUTERUNGEN ZUR SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Die Segmentdaten wurden auf der Grundlage der im Konzernabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
ermittelt. In Folge der gesellschaftsiibergreifenden Segmentierung des Konzerns nach Produktlinien treten grundsatzlich keine
wesentlichen intersegmentaren Transaktionen auf. Eine Ausnahme bilden die Weiterbelastungen der SUSS MicroTec AG, die im
Segment Sonstige erfasst sind, an die anderen Segmente fiir die Wahrnehmung bestimmter Konzernfunktionen wie Finanzierungs-
und Strategiefragen. Diese Weiterbelastungen enthalten auch die in der Holding angefallenen Aufwendungen im Zusammenhang
mit der Einfihrung und dem Systembetrieb von SAP.

Um den Anforderungen des IFRS 8 ,Segmentberichterstattung” zu entsprechen, enthalt die Segmentberichterstattung die Angabe
eines Vorsteuerergebnisses je Segment. Damit ist die Uberleitung der Summe der Segmentergebnisse zum Gesamtkonzernergebnis
vor Steuern maoglich.

Im Geschaftsjahr erzielte SUSS MicroTec mit einem Kunden Umsitze, die einen Anteil von 11,2 % am Gesamtumsatz ausmachten.
Diese Umsatze betrafen die Segmente Fotomasken Equipment sowie Lithografie.Im Vorjahr lagen samtliche Umsatze mit einzelnen
Kunden unter einem Anteil von 10 %.
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Unter den wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Ertragen werden neben Wertberichtigungen auf
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Abwertungen auf das Vorratsvermdgen auch der Personalaufwand aus den
Aktienoptionsplanen sowie die Auflésung von Riickstellungen gezeigt.

Das Segmentvermogen stellt das betriebsnotwendige Vermogen der einzelnen Segmente dar. Es umfasst die immateriellen Ver-
mogenswerte inkl. Geschdfts- oder Firmenwert, die Sachanlagen sowie das Vorratsvermogen und die Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen.

In den Segmentschulden sind die operativen Schulden und Riickstellungen der einzelnen Segmente enthalten.

Bei den Investitionen handelt es sich um Zugdnge von immateriellen Vermogenswerten und Sachanlagen.

Fir die geografische Segmentberichterstattung werden die Umsatzerlose nach dem Standort der Kunden segmentiert. Eine

Erhebung dieser Information fir das Inland ist nicht Gegenstand des Konzernreportings. Das Vermogen und die Investitionen
wurden auf der Grundlage des Standortes der jeweiligen Konzerngesellschaft ermittelt.

VORSTAND DER KONZERNOBERGESELLSCHAFT
Mitglieder des Vorstandes der SUSS MicroTec AG im Jahr 2011 waren:
Frank Averdung Diplom-Elektroingenieur, Feldkirchen, Vorstandsvorsitzender

Zustandigkeitsbereiche Vertrieb, Marketing, Produktion, Forschung und Entwicklung, Investor Relations, Arbeitssicherheit,
Qualitatsmanagement, Umweltschutz, Patentwesen und Konzernstrategie

Michael Knopp Diplom-Kaufmann, Ratingen, Mitglied des Vorstands

Zustandigkeitsbereiche: Finanz- und Rechnungswesen, Informatik, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal, Material-
wirtschaft, Logistik, Facility Management

Die Bezlige des Vorstandes enthalten fixe und variable Bestandteile. Als fixe Vergiitung erhalten die Vorstandsmitglieder monatliche
Gehaltszahlungen, Zuschisse zur Sozialversicherung sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsmaoglichkeit.

Als variable Verglitung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen orientiert.

Die gesamte Barverglitung des Vorstands betrug im Geschaftsjahr T€ 657. Neben dem bezogenen Fixgehalt (einschliellich der
Zuschisse zur Sozialversicherung und dem geldwerten Vorteil aus der privaten Nutzung des Firmenfahrzeugs) wurden Herrn
Averdung T€ 190 und Herrn Knopp T€ 152 aus der zum Vorjahresstichtag gebildeten Riickstellung flir den variablen Gehaltsbe-
standteil ausbezahlt.
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Flr den Jahresbonus 2011 von Herrn Averdung und Herrn Knopp wurde im Geschaftsjahr eine Riickstellung von T€ 151 gebildet.

Diese Verglitungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder auf:

201inT€ Frank Averdung Michael Knopp
Barverglitung
Fixum 272 234
Erfolgsbezogen 82 69
Summe 354 303
2010inT€ Frank Averdung Michael Knopp
Barvergiitung
Fixum 267 223
Erfolgsbezogen 188 150
Summe 455 373

Weiterhin wurden aufgrund der an Vorstande gewahrten Optionen T€ 16 (2010: T€ 64) als Personalaufwand in der Holding erfasst.

Flr ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft besteht eine Pensionsriickstellung von T€ 7 (2010: T€ 7).
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Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschaftsjahr 2011:

Dr. Stefan Reineck

weitere Mandate:

Jan Teichert

weitere Mandate:

Gerhard Pegam

Weitere Mandate:

Kirchardt, Geschaftsflihrender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH,
Aufsichtsratsvorsitzender

AttoCube Systems AG, Miinchen (Vorsitzender des Aufsichtsrats)

NanoScape AG, Miinchen (Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Bosch Solar CISTech GmbH, Brandenburg an der Havel (Mitglied im Beirat)
Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA (Mitglied im Board of Directors)
Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)

Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau/ Isar,
Stellvertretender Vorsitzemder des Aufsichtsrats

keine

Au bei Bad Aibling, Vorstandsvorsitzender der EPCOS AG, Miinchen
(bis 31.01.2012, im Aufsichtsrat seit 21. Juni 201)

TDK-EPC Corporation, Tokio, Japan (Mitglied des Board of Directors, bis 31.01.2012)
OC Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)
In folgenden Tochtergesellschaften der EPCOS AG:

EPCOS (Shanghai) Ltd., Shanghai, Volksrepublik China

(Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)

EPCOS (China) Investment Ltd., Shanghai, Volksrepublik China

(Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)

EPCOS Limited, Hong Kong, Volksrepublik China

(Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)

EPCOS Inc., Iselin, New Jersey, USA

(Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)

Becromal S.p.A., Mailand, Italien

(Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)

Becromal Iceland ehf, Akureyri, Island

(Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)

Sebastian Reppegather ZUrich, Investment Director bei der Fidinam S.A,, Lugano, Schweiz (im Aufsichtsrat bis 21.Juni 201)

weitere Mandate:

Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands (Mitglied im Board of Directors)
International Equity Development S.L., Barcelona, Spanien (Mitglied der Geschaftsfiihrung)
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Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhalt aulRer dem Ersatz seiner ihm bei Wahrnehmung seines Amtes entstandenen Auslagen

eine feste Verglitung pro Geschaftsjahr. GemaR der Satzungsanderung vom 23.Juni 2010 erhalt der Vorsitzende des Aufsichtsrats

€ 45.000 p.a, sein Stellvertreter € 40.000 p.a. und jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats € 35.000 p.a. Gehort ein Mitglied dem

Aufsichtsrat nur einen Teil des Geschaftsjahres an, bestimmt sich die Verguitung pro rata temporis. Darliber hinaus erhalten die
Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Hohe von €1.500 fiir die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder eines

seiner Ausschiisse.

Im Einzelnen setzen sich die Aufsichtsratsverglitungen fiir das abgelaufene Geschaftsjahr wie folgt zusammen:

Zeitraum der

2011in€ Zugehorigkeit  Feste Vergiitung Sitzungsgeld ~ Auslagenersatz Gesamt
Dr. Stefan Reineck ganzjahrig 45.000,00 10.500,00 7.352,44 62.852,44
Gerhard Pegam seit 21.06.2011 17.500,00 4.500,00 83,00 22.083,00
Sebastian Reppegather bis 21.06.2011 17.500,00 6.000,00 5.292,66 28.792,66
Jan Teichert ganzjahrig 40.000,00 10.500,00 295,65 50.795,65
Im Vorjahr setzten sich die Aufsichtsratsvergiitungen wie folgt zusammen:
Zeitraum der
2010in€ Zugehorigkeit  Feste Vergiitung Sitzungsgeld ~ Auslagenersatz Gesamt
Sebastian Reppegather ganzjahrig 35.000,00 13.500,00 4.910,76 53.410,76
Dr. Stefan Reineck ganzjahrig 45.000,00 13.500,00 6.756,14 65.256,14
Jan Teichert ganzjahrig 40.000,00 13.500,00 201,75 53.701,75
Aktien- und Optionsbestande der Organmitglieder zum Jahresende:
20M 2010

Aktien Optionen Aktien Optionen
Michael Knopp 35.000 41.400 37.500 97.500
Frank Averdung 82.000 0 42.500 67.500
Dr. Stefan Reineck 9.600 40.000 9.600 40.000
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Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 631 Mitarbeiter (2010: 591 Mitarbeiter) in der SUSS MicroTec-Gruppe beschéftigt.

Stand am Jahresende:

201 2010
Verwaltung 68 74
Marketing und Vertrieb 256 234
Produktion und Technik 300 308
Summe 624 616

Das im Geschaftsjahr flir den Abschlusspriifer des Konzernabschlusses, KPMG AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft, erfasste Honorar

nach § 314 Abs.1Nr. 9 HGB betragt T€ 306 (2010: T€ 320) und setzt sich wie folgt zusammen:

inT€E 20M 2010
Abschlusspriifung 286 284
Steuerberatung 20 36
Sonstige Leistungen 0 0
Gesamt 306 320

Die Position Abschlussprifung enthalt das gesamte Honorar fiir die Jahresabschlusspriifung der SUSS MicroTec AG sowie die
Konzernabschlusspriifung und die durch die KPMG AG Wirtschaftspriifungsgesellschaft gepriiften Jahresabschliisse von Tochter-
gesellschaften.Im Vorjahresbetrag ist aullerdem das Honorar fiir die Unterstiitzung bei der Anfang 2010 durchgefiihrten Prifung

durch die Deutsche Priifstelle fir Rechnungslegung enthalten.

Fiir 2011 wird lediglich das Honorar an die rechtlich selbststandige Einheit des Abschlusspriifers angegeben.Im Vorjahr war dartiber

hinaus das Honorar fiir ein weiteres Unternehmen des KPMG-Verbundes enthalten.

Das Honorar fur Steuerberatung betrifft die steuerliche Beratung der SUSS MicroTec AG in ausgewahlten steuerlichen Einzelfragen

sowie die laufende steuerliche Beratung der HamaTech APE GmbH & Co. KG.
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Wie bereits in den Vorjahren haben Vorstand und Aufsichtsrat im Juli 2011 die Entsprechenserklarung gemaR § 161 AktG abgegeben
und erklart, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 mit fiinf
Ausnahmen —Einladung zur Hauptversammlung/ Stimmrechtsvertreter, Briefwahl/ Stimmrechtsvertreter, Selbstbehalt bei der D&O-
Versicherung, Bildung von Ausschiissen und Verglitung von Aufsichtsratsmitgliedern —entsprochen haben und entsprechen werden.

Die Entsprechenserklarung wurde im Internet unter www.suss.com dauerhaft zuganglich gemacht.

Im Geschaftsjahr wurden gegentiber der Gesellschaft folgende Mitteilungen gemal3 § 21 Abs.1WpHG iV.m. § 32 Abs. 2 InvG gemacht:

Die SUSSvest SCS, Strassen, Luxemburg, hat uns gemaR § 21 Abs.1 WpHG am 13.Januar 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil
an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11.Januar 2011 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag
2,3078 % betragt (432.049 Stimmrechte).

Die Stichting Vest, Amsterdam, Niederlande, hat uns gemal3 § 21 Abs.1 WpHG am 13.Januar 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechts-
anteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Januar 2011 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem
Tag 2,3078 % betragt (432.049 Stimmrechte). Davon sind der Stichting Vest 2,3078 % (432.049 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz
1 Nr.1 WpHG zuzurechnen.

Die Crest Capital S.A,, Strassen, Luxemburg, hat uns gemaR § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG am 13. Januar 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimm-
rechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Januar 201 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu
diesem Tag 2,3078 % betragt (432.049 Stimmrechte). Davon sind der Crest Capital S.A. 2,3078 % (432.049 Stimmrechte) nach § 22
Abs.15atz 1 Nr.1 WpHG zuzurechnen.

Die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemag § 21 Abs.1 WpHG am 1. Februar 2011
mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 1. Februar 2011 die Schwelle von 3%
unterschritten hat und zu diesem Tag 2,94 % betrédgt (550.000 Stimmrechte).

Die Credit Suisse Fund Management S.A, Luxemburg, Luxemburg, hat uns gemal? § 21 Abs.1 WpHG am 4. Marz 2011 mitgeteilt, dass
ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 18. Februar 2011 die Schwelle von 3% Uberschritten
hat und zu diesem Tag 3,35 % betragt (627.435 Stimmrechte). Davon sind ihr 0,99 % (185.380 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1
Nr.6 WpHG zuzurechnen.

Die Capital Group International, Inc., Los Angeles, USA, hat uns gemaf § 21 Abs.1WpHG am 7. Mdrz 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimm-
rechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 18. Marz 2003 die Schwelle von 5% unterschritten hat und zu
diesem Tag 4,85 % betragt (724.695 Stimmrechte). 4,85 % (724.695 Stimmrechte) sind ihr nach § 22 Abs.1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in
Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 WpHG zuzurechnen.
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Die Capital Guardian Trust Company, Los Angeles, USA, hat uns gemaR § 21 Abs. 1 WpHG am 14. Marz 2011 mitgeteilt, dass ihr
Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 18. Marz 2003 die Schwelle von 5% unterschritten hat
und zu diesem Tag 4,68 % betragt (698.495 Stimmrechte). 4,68 % (698.495 Stimmrechte) sind ihr nach § 22 Abs.1Satz 1 Nr.6 WpHG
zuzurechnen.

Die Universal Investment Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemaf § 21 Abs.1und § 22 Abs.1Satz 1Nr. 6
WpHG am 25. Oktober 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 24. Oktober
2011 die Schwelle von 3% Uberschritten hat und zu diesem Tag 3,08 % betragt (587.056 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,66 % (507.356
Stimmrechte) nach § 22 Abs.1Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

Die Universal Investment Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemaR § 21 Abs.1und § 22 Abs.1Satz 1 Nr.
6 WpHG am 21 Februar 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. Feb-
ruar 2012 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,54 % betragt (486.093 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,28%
(436.843 Stimmrechte) nach § 22 Abs.1Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

DerVorstand der SUSS MicroTec AG hat den IFRS Konzernabschluss am 12. Marz 2012 zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben.
Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Konzernabschluss zu priifen und zu erklaren, ob er den Konzernabschluss billigt.

Garching,12. Mdrz 2012
Der Vorstand

a“f

\\\E-J(;; /“——hZ_f/:‘

Frank Averdung Michael Knopp

143



144 > SUSS MICROTEC AG

Versicherung
der gesetzlichen Vertreter

B

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemal$ den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsétzen der Konzernabschluss ein
den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im
Konzernlagebericht der Geschaftsverlauf einschliel3lich des Geschaftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind,
dass ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der
voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Garching,12. Marz 2012

SUSS MicroTec AG
,

/

\\\E-J(;; /“——hZ_f/:‘

Frank Averdung Michael Knopp
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Bestatigungsvermerk
des Abschlussprufers

B
V.

Wir haben den von der SUSS MicroTec AG, Garching, aufgestellten Konzernabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung, Gesamtergebnisrechnung, Eigenkapitalveranderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang - sowie ihren Bericht
uber die Lage der Gesellschaft und des Konzerns fiir das Geschaftsjahr vom 1.Januar bis 31. Dezember 2011 gepriift. Die Aufstellung
von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den erganzend nach § 315a
Abs.1HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung liber den Konzernabschluss und
den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprifung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaliger Abschlusspriifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und
durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoRe, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung
der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz-
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen
werden die Kenntnisse tber die Geschaftstatigkeit und tber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die
Erwartungen liber mogliche Fehler berlicksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fiir die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht iberwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die Beurteilung der Jahresabschliisse der in den Konzernabschluss
einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungs-
grundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wiirdigung der Gesamtdarstellung des
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage
flir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefiihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den IFRS,
wie sie in der EU anzuwenden sind, und den erganzend nach § 315a Abs.1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens-,
Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Minchen,den 12. Marz 2012

KPMG AG
Wirtschaftspriifungsgesellschaft

Renner Dr.Ruttler
Wirtschaftsprifer Wirtschaftsprifer
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Glossar
[

>> 3D-INTEGRATION

3D-Integration unterteilt sich in zwei Hauptkategorien:
das 3D-Packaging und 3D-Interconnect. 3D-Packaging
bezeichnet Bauteile, die auf Wafer-Level-Packaging-Ebene
gestapelt werden, ohne durch ,Through Silicon Vias*
(TSV) miteinander verbunden zu sein. Unter 3D-Packaging
werden Technologien wie SOC (Systems-on-Chip) sowie
weitere Verfahren subsummiert, bei denen die Verbindung
ublicherweise auf Wire-Bonding (,Drahtbonden”) basiert.
3D-Interconnect beinhaltet dagegen Bauteile, die durch
,Through Silicon Vias“ (TSVs) verbunden sind. Dabei han-
delt es sich um vertikale Durchkontaktierungen durch das
in der Regel stark gedlinnte massive Silizium.

>> 300-MM-TECHNOLOGIE

Wafer sind runde Scheiben z.B. aus einkristallinem Reinst-
Silizium, das als Grundmaterial fir die Herstellung von
Mikrochips dient. Der allergrofte Teil (~42Prozent) der
heute weltweit verwendeten Silizium-Scheiben hat einen
Durchmesser von 3oomm. Je groRer der Durchmesser des
Wafers, umso groRer ist auch die Anzahl der Chips, die
auf einem Wafer hergestellt werden konnen. Je hoher die
Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden
kénnen, desto geringer sind die Produktionskosten pro ein-
zelnem Chip.

>> ADVANCED PACKAGING

Mit dem Begriff ,Packaging” wird die Technologie des ,Ver-
packens® von Mikrochips in Gehause bezeichnet. Dabei
mussen alle Anschlusskontakte des Mikrochips einzeln auf
die AuBenseite des Gehaduses gefiihrt werden, um dann
die Verbindung zur Leiterplatte zu gewahrleisten. Unter
,Advanced Packaging” versteht man weiterentwickelte
Packagingverfahren, die in der Regel Methoden einsetzen,

die bisher nur bei der Herstellung der Mikrochips selbst,
also im ,Frontend” der Chipfertigung eingesetzt wurden.
Als Beispiel konnen hier Lithografie und Fotoresist-Techni-
ken genannt werden.

>> BACKEND

,Backend” bezeichnet den zweiten (hinteren) Teil der Ferti-
gungskette in der Mikrochipfertigung. Nachdem der Wafer
samtliche Prozessschritte zur Herstellung des eigentlichen
Mikrochips durchlaufen hat (,Frontend”), beginnt der
Backend-Prozess. Dort werden die Mikrochips auf dem
Wafer getestet und ggf. fiir das Bonden vorbereitet. Danach
werden die Wafer in die einzelnen Mikrochips zersagt und
diese werden in Gehduse ,verpackt”. Aus Kostengriinden
findet der Backend-Prozess Gberwiegend in Asien statt, wo
die Halbleiterhersteller eigene Backend-Werke betreiben
oder Test und Packaging bei Drittfirmen (Foundrys) durch-
flhren lassen.

>> BONDEN

Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen oder Wafern
mit Hilfe verschiedener chemischer und physikalischer
Effekte z.B. bedeutet ,adhesives Bonden“ das Verkleben
zweier Bauteile durch Klebstoffe (meistens Epoxidharze
oder Fotoresist); ,,Fusion Bond“ oder ,Direct Bond" ist das
direkte Verbinden zweier Wafer, die zunachst nur durch die
schwachen atomaren Krafte von Wassermolekilen in der
Grenzschicht (Van-der-Waals-Krafte) miteinander verbun-
den werden. Durch ein anschliefendes Ausheizen werden
die Wassermolekiile aufgebrochen und die frei werdenden
Sauerstoffatome verbinden sich mit Siliziumatomen des
Wafers zu Siliziumoxid (kovalente Bindung). Diese Bindung
stellt eine sehr feste, nicht I6sbare Verbindung der beiden
Wafer dar.



>> BUMP

(engl.: Unebenheit); metallische (Lot, Gold 0.A.), dreidimen-
sionale Kontaktstelle auf einem Chip. Kann vereinfacht
auch als Lotkligelchen auf einem einzelnen Anschlusskon-
takt eines Mikrochips bezeichnet werden.

>> CHIP

Allgemeiner Begriff fur Halbleiterbauelemente. In der
Elektronik versteht man unter einem Chip oder Mikrochip
den IC (Integrated Circuit), der in ein Gehause eingebettet
ist. Von aullen sieht man in der Regel nur das schwarze
Gehause und die Anschlussstelle, mit der der Chip mit der
Leiterplatte verbunden wird (durch Wire- oder Flip-Chip-
Bonding). Als Chip oder Mikrochip wird haufig aber auch
nur das Stick Silizium bezeichnet, das im Gehause sitzt.

>> CLUSTER

Eine Gerategruppe von einzelnen Prozessmodulen (z.B.
Coater, Aligner), die von einem zentral angeordneten
Roboter mit den zu bearbeitenden Wafern bestlickt wird.

>> COATER (BESCHICHTUNGSGERAT)

Coater sind Spezialmaschinen fir die Halbleiterfertigung,
die einen fotoempfindlichen Lack mittels Rotationskraft
auf dem Wafer verteilen.

>> COMPOUND SEMICONDUCTOR
Siehe Verbindungshalbleiter

>> COST OF OWNERSHIP (COO)

Bewertet Anschaffungs- und Betriebskosten sowie die
Kosten flir Reinraumflache, Verbrauch und Wartung der
Maschinen. Diese Kosten werden dann in Bezug auf den
Anteil funktionsfahiger Bauteile am Ende des Herstellungs-
verfahrens berechnet. Je hoher die Ausbeute an perfekten
Chips, desto besser ist die, Cost of Ownership“ der Maschi-
nen fir den Kunden. Eine hervorragende CoO ist besonders
im Rahmen der Massenproduktion von grof8er Bedeutung.
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>> C4NP

IBM hat in den spaten 1960er Jahren den Weg fiir das
Flip-Chip-Bonding bereitet. Zum ersten Mal wurde diese
Technologie 1973 in dem ,IBM System 3“ eingesetzt. Seit-
her wurden unter dem Namen ,IBM C4“ Milliarden Chips
in diesem Verfahren mit der AulRenwelt kontaktiert. ,C4"
steht fur ,Controlled Collapse Chip Connection und wird
teilweise auch synonym fir Flip-Chip-Bonding verwendet.
,C4NP“ ist die Technologie der nachsten Generation, die
IBM gemeinsam mit SUSS MicroTec auf Basis des bewahr-
ten C4-Prozesses entwickelt hat. ,NP“ steht dabei fiir New
Process.

>> DIE

,Die”,,IC" (Integrated Circuit) und ,Chip"“ sind oft synonym
verwendete Begriffe.,Die“ heifen die ICs, solange sie noch
nicht in das Gehause integriert wurden. Solange der Wafer
also die einzelnen Prozessschritte durchlauft, spricht man
von ,Dies”. Erst nach dem Vereinzeln und Verpacken der
Dies spricht man von Chips.

>> DRAM
DRAM = Dynamic Random Access Memory. Elektroni-
scher Speicherbaustein, der hauptsachlich in Computern
eingesetzt wird. Weltweit am weitesten verbreitester
Speicherchip.

>> FAB

(engl.: Fabrik); Fabriken, die sich auf die Produktion von ICs
auf Wafern (Chips) spezialisiert haben. Die Errichtung einer
grollen modernen Fab mit den erforderlichen Reinraumen
und Maschinen (Equipment) kostet heute ca. 1,5 bis zu
4 Milliarden US-Dollar.

>> FLIP-CHIP-BONDING

Fortschritliche Verbindungstechnik zwischen Mikrochip
und Chipgehause, die hohere Taktfrequenzen bei der
Signaliibertragung ermoglicht. Die aktive Chipseite zeigt
dabei nach unten, d.h. der Chip muss vor der Montage
umgedreht werden (engl.: to flip).
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>> FOTORESIST

Lichtempfindliches Material, das zunachst als Schicht auf
den Wafer aufgetragen wird und dann mit Hilfe von UV-
Licht durch eine Maske hindurch belichtet wird. An den
belichteten Stellen werden durch das UV-Licht chemische
Veranderungen erzeugt. Diese Teilbereiche werden wah-
rend der Entwicklung aus der Schicht herausgeldst, sodass
eine reliefartige Struktur im Fotoresist entsteht. Dieser
Prozess ist dem in der Fotografie sehr ahnlich.

>> FOUNDRY

Eine Fabrik zur Chipherstellung, in der Mikrochips nach
einem vom Kunden vorgegebenen Design der Schaltkreise
gefertigt werden. Es handelt sich somit um eine Art Auf-
tragsfertigung. Da den Foundry-Betreibern keine Kosten fir
das Chipdesign sowie fiir den Vertrieb und das Marketing
ihrer Produkte entstehen, kdnnen sie ihre F&E-Ressourcen
vollstandig auf die Prozesstechnologie konzentrieren. Die
weltweit fuhrenden Foundrys sind in Taiwan und Singapur
angesiedelt.

>> FRONTEND

JFrontend“-Prozesse sind samtliche Produktionsschritte,
die der Wafer als Ganzes durchlauft. Hier wird der Chip an
sich hergestellt. Danach schlie8t sich das ,Backend” an.
Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet, der
Wafer anschlieRend in die einzelnen Chips zersagt, die
dann mit einem Gehause versehen werden.

>> HALBLEITER

Einkristalliner Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand
sich durch das Implantieren von Fremdatomen in das Kris-
tallgitter verandern Iasst. Silizium ist das wichtigste und
am haufigsten vorkommende Halbleiterelement. Auch ICs
aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

> IC

Integrated Circuit. Ein integrierter Schaltkreis besteht aus
elektronischen Bauelementen wie Transistoren, Widerstan-
den und Kondensatoren, die auf engstem Raum auf einem
Mikrochip integriert sind. Heute werden viele zehn Millio-
nen solcher Zellen auf einem Chip integriert und mitein-
ander verschaltet. Die hohe Integrationsdichte hat zu einer
enormen Leistungsfahigkeit der Mikrochips gefiihrt.

>> LED

Light Emitting Diode. Leuchtdioden sind Halbleiterbauteile,
die Licht erzeugen konnen. LEDs leuchten sehr hell und ver-
brauchen gleichzeitig sehr wenig Energie. Darlber hinaus
haben sie eine mehr als zehnmal so lange Lebensdauer als
eine normale Gliihbirne.

>> LITHOGRAFIE

Die elektrischen Schaltkreise der ICs werden durch Struktu-
rierung einzelner Ebenen auf einem Siliziumwafer in einer
Art Schichtenaufbau hergestellt. Um die sehr kleinen Struk-
turen in den einzelnen Schichten zu erzeugen, wird der
Wafer mit einem lichtempfindlichen Material (Fotoresist)
beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske
belichtet. Die Strukturen auf der Maske werden so mittels
Schattenwurf auf den Wafer aufgebracht. An Stellen, an
denen die Maske lichtundurchlassig ist, wird der Fotoresist
auf dem Wafer nicht belichtet. An lichtdurchlassigen Stel-
len der Maske fallt Licht auf den Wafer und der Fotoresist
wird belichtet. Wahrend der Entwicklung im Anschluss an
die Belichtung werden die Stellen des Fotoresists, die durch
die transparenten Stellen der Maske belichtet wurden, aus
der Schicht herausgelost und der Wafer wird an diesen
Stellen freigelegt. Typische Strukturgrofen fir Lithogra-
fieanwendungen im Frontend liegen heute in einer Gro-
Benordnung von 32Nanometer (0,032 Mikrometer) bis
0,6 Mikrometer. Im Backend werden Strukturgrofen von
einigen Mikrometern bis einigen zehn Mikrometern foto-
lithografisch erzeugt, z.B. um die Bumps fir das Flip-Chip-
Bonding herzustellen.



>> MASK ALIGNER (BELICHTUNGSGERAT)

Mask Aligner richten eine Glasmaske submikrometer-
genau zu einem Wafer aus. Das mikroskopische Bild auf
der Glasmaske wird mittels Belichtung auf den belackten
Wafer Ubertragen.

>> Maske

Eine teiltransparente Platte aus Glas oder Quarzglas, auf
der die Muster abgebildet sind, die zur Herstellung eines
ICs bendtigt werden. Die Muster bestehen aus durchsich-
tigen und undurchsichtigen Bereichen entsprechend der
GrofRe und Form der gewiinschten Schaltkreise.

>> MEMS

Micro Electro Mechanical System. MEMS ist der vor allem
in Nordamerika verwendete Begriff fur die Mikrosystem-
technik (MST, in Europa gebrauchlicher). Fertigungstech-
nologien und Prozesse der Halbleiterfertigung werden
eingesetzt,um mechanische und andere nichtelektronische
Elemente herzustellen. MEMS-Produkte werden beispiels-
weise in der Automobilindustrie, der Telekommunikation,
der Optoelektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

>> MIKROMETER/ MIKRON

Metrisches Langenmal3. Symbol: um. Ein Mikrometer ist
ein Millionstel Meter. Zur Veranschaulichung: Der Durch-
messer eines menschlichen Haares betragt ca. 60 um.

>> MIKROSYSTEM

Ein System das aus verschiedenen Bauteilen zusammen
gesetzt ist, die in der Dimension unterhalb eines Millime-
ters liegen.
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>>» MIKROSYSTEMTECHNIK

Je nach Region gibt es die unterschiedlichsten Definitionen
des Begriffs. In Europa wird damit die gesamte Verkleine-
rung von Bauteilen aus der Feinwerktechnik in den Bereich
von Strukturen unterhalb eines Millimeters verstanden.
In den USA und Asien bedeutet Mikro System Technology
oder der haufiger verwendete Begriff Micro Electro Mecha-
nical Systems (MEMS) den Einsatz von Techniken der
Halbleiterelektronik zur Erzeugung kleinster Sensoren oder
komplexer Systeme wie einer kompletten chemischen oder
biologischen Analyseeinheit. MEMS-Baugruppen sind z.B.
der Beschleunigungssensor aus Silizium, der zum Ausldsen
des Airbags eingeset wird, oder die Dlse in der Patrone des
Tintenstrahldruckers.

>> NANOIMPRINTING / NANO IMPRINT-
LITHOGRAFIE (NIL)

Ein mechanisches Verfahren, mit dem zwei- oder drei-
dimensionale Strukturen im Nanometerbereich mit einem
Abformwerkzeug oder Stempel hergestellt werden. Im
Gegensatz zur fotolithografischen Erzeugung von Schal-
tungen auf Halbleiter-Wafern werden die Strukturen durch
,Stempeln®in einem weichen Kunststoff vorgegeben. Man
erhofft sich vom Nanoimprinten in der Zukunft einen Preis-
vorteil, weil die Fortsetzung der Fotolithografie in Richtung
hochste Auflésung extrem kurze Wellenlangen der Licht-
strahlung (EUV, Rontgen) bendtigen wird und das entspre-
chende Equipment unangemessen teuer zu werden droht.

>> NANOTECHNOLOGIE

(griech.: nanos = Zwerg) ist ein Sammelbegriff fir eine
breite Auswahl von Technologien, die sich mit Strukturen
und Prozessen im GroRenbereich von einem bis mehrere
hundert Nanometer befassen. Ein Nanometer ist ein
Milliardstel Meter (1072 m) und bezeichnet einen Grenz-
bereich, in dem die typischen Abmessungen von einzelnen
Molekilen liegen. Nanotechnologie ist eine konsequente
Fortsetzung und Erweiterung der Mikrotechnik mit meist
vollig unkonventionellen neuen Ansdtzen: Die Nanotech-
nologie beschaftigt sich damit, Werkstoffe und Strukturen
im Nanometerbereich zu schaffen.

149



150

> SUSS MICROTEC AG

>> OPTOELEKTRONIK

Durch das gezielte Kombinieren von Technologien der Halb-
leitereletronik mit sogenannten IlI/V-Materialien wie z.B.
Galliumarsenid kann Licht erzeugt oder detektiert werden
(Halbleiterlaser, LED, Fotodioden etc.). Diese Technologie
wird hauptsachlich in der Telekommunikation fur die Uber-
tragung sehr groRer Datenmengen (Faseroptische Netze)
eingesetzt. Allerdings finden LEDs wegen ihrer vielen Vor-
teile wie des geringen Energiebedarfs, der sehr hohen Hel-
ligkeit und der sehr langen Lebensdauer auch zunehmend
Verwendung im Automobilbau und im Haushalt.

>> PACKAGING FOUNDRIES
Siehe Backend

>> SENSOR

Ein Bauteil zum Erfassen und Umwandeln von Messgrofien
wie Temperatur, Druck oder Beschleunigung. Diese Grofe
wird in ein elektrisches Signal umgewandelt und an eine
Signalauswertungseinheit weitergegeben.

>> SILIZIUM

Werkstoff mit dem Aufbau eines Kristallgitters mit halblei-
tenden Eigenschaften. Halbleitend bedeutet, dass je nach
Einbau von bestimmten Fremdatomen der Werkstoff als
elektrischer Leiter oder als Nichtleiter verwendet werden
kann. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in Form von
Scheiben eines Einkristalls als der wesentliche Grundstoff
verwendet.

>> SUBSTRAT BONDER (VERBINDUNGSGERAT)

Der Substrat Bonder verbindet zwei oder mehr duRerst
prazise zueinander ausgerichtete Substrate, meist Wafer,
durch Loéten, Kleben oder andere physikalisch-chemische
Verfahren miteinander. Viele MEMS-Bausteine bendtigen
diesen Prozessschritt. Erst dann konnen unsere Airbags,
Reifendrucksensoren, GPS-Sensoren, Tintenstrahldrucker
etc. funktionieren.

>>» SYSTEMS-ON-CHIP

Hochkomplexe ICs, die viele verschiedene Funktionen ent-
halten. Bis vor kurzem musste man diese noch auf meh-
reren ICs unterbringen. Die gewaltige Innovationskraft in
der Prozesstechnik, die die Fertigung von ICs mit immer
kleineren Strukturbreiten erlaubt, erméglicht heute, dass
aufeinem Chip verschiedene Sorten von Speichern, digitale
Signalprozessoren und analoge Funktionen untergebracht
werden kénnen. Vorteil hiervon ist, dass anstatt vieler
Chips nur noch sehr wenige erforderlich sind oder ein ein-
zelner ausreicht und sich so der Platzbedarf, der Montage-
aufwand (und damit die Kosten des Endprodukts) und,
was sehr wichtig ist, die Leistungsaufnahme verringern.
In batteriebetriebenen Geraten (Notebooks, Handys) ver-
langert sich so die Lebensdauer der Batterien. Der Trend zu
immer kleineren und mobilen Geraten, die zudem stetig
glinstiger werden sollen, verleiht Systems-on-Chips zuneh-
mend groRere Wichtigkeit.

>> THROUGH-SILICON-VIAS (TSV)

Bei der, Through-Silicon-Via“-Technik werden die einzelnen
Chipkomponenten (bereinander gestapelt und mittels
vertikaler Durchkontaktierungen (,Through-Silicon-Via“)
miteinander verbunden. Dadurch verkirzt sich der Weg des
Datenstroms zwischen den einzelnen Chipkomponenten
und lassen sich Kapazitatsverluste wesentlich reduzieren.
Through-Silicon-Vias tragen somit zu einer Verringerung
der BaugrofRe von Chips bei gleichzeitiger Steigerung der
Leistungsfahigkeit bei.



>>» TOOL

Maschinen, Werkzeuge, Roboter usw. unter Tools versteht
man alle Einzelsysteme, die in einer Halbleiterfabrik zur
einer Produktionslinie kombiniert werden.

>> VERBINDUNGSHALBLEITER

Halbleiter, die sich aus mehreren Elementen zusammenset-
zen (Galliumarsenid, Indiumphosphid, Siliziumgermanium
etc.). Vorteile gegeniiber einfachen Element-Halbleitern:
Verbindungshalbleiter sind besonders schnell, konnen
auch bei sehr hohen Temperaturen arbeiten und verbrau-
chen trotzdem weniger Energie als einfache Siliziumchips.

>> WAFER

Runde Scheiben z.B. aus Reinst-Silizium oder Verbindungs-
halbleitern (Galliumarsenid, Indiumphosphid etc), auf
denen Chips produziert werden. In den letzten zehn Jahren
hat sich der Durchmesser von 150 tiber 200 auf heute sogar
3oomm vergroBert. Auf die Grundflache der neuesten
3oomm-Wafer passen doppelt so viele Chips wie auf einen
200mm- Wafer — die Produktionskosten sind dadurch ca.
30 Prozent niedriger.

>> WIRE-BONDING
Gangiges Kontaktverfahren, um Chips liber Metalldrahte
mit einem Gehduse zu verbinden.

>> YIELD

Die Ausbeute — eine der wesentlichen Kenngrofen in der
Halbleiterfertigung. Sie bezeichnet die Ausbeute der funk-
tionsfahigen Mikrochips im Verhaltnis zur Gesamtzahl
der Mikrochips auf einem Wafer. Je héher der Yield, desto
effektiver und kostengiinstiger ist die Chipproduktion fir
den Kunden.
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Finanzkalender
2012
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Geschaftsbericht 20m 30.Marz
Quartalsbericht 2012 8. Mai
Hauptversammlung, Haus der Bayerischen Wirtschaft, Miinchen 20.Juni
Halbjahresfinanzbericht 2012 7. August

Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt/ Main

12.-14. November

Neunmonatsbericht 2012

8. November

Highlights
2011
I

ZUSAMMENARBEIT MIT DER CORNELL UNIVERSITY IM
BEREICH NANOFORSCHUNG

SUSS MicroTec hat im Januar 2011 die strategische Zusam-
menarbeit mit der NanoScale Science & Technology-Fakultat
(CNF) der nordamerikanischen Cornell-Universitat bekannt
gegeben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden
Cornell-Mitarbeiter an bereits existierenden und neuen
Lithografiesystemen von SUSS MicroTec, darunter innovative
Aufristsatze fir Mask Aligner sowie ein Spriihbelacker der
Gamma-Serie, Forschungsarbeiten durchfiihren.

SUSS MICROTEC PRASENTIERT SICH AUF

DER SEMICON CHINA

Vom 15. bis 17. Marz 201 fand die Semicon China im
Shanghai New International Expo Center statt. Auf dem
18 Quadratmeter groRen Messestand hat SUSS China sich
internationalen Kunden und Geschaftspartnern prasentiert.

In diesem Jahr legte SUSS China den Schwerpunkt auf die
stark wachsenden Markte MEMS, Advanced Packaging und
LED. Der Messestand wurde insgesamt von rund 400 Gas-
ten besucht, was die Messe zu einem grof3en Erfolg machte.

RUCKKEHR IN DEN TECDAX

Die Aktien der SUSS MicroTec AG werden seit dem 21. Marz
2011 wieder im TecDAX, dem Technologieindex, der Deut-
schen Borse, gehandelt. Der TecDAX umfasst die 30 grofRten
Technologieunternehmen, die den im Standardwerteindex
DAX gelisteten Werten nach Marktkapitalisierung und
Borsenumsatz nachfolgen. Durch die Mitgliedschaft im
TecDAX gewinnt die SUSS MicroTec-Aktie an Attraktivitit
und dirfte insbesondere bei den internationalen Investo-
ren wieder deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren.



ABSCHLUSS DER VERLAGERUNG DES
GESCHAFTSBEREICHS WAFER BONDER

Zu Beginn des zweiten Quartals 2011 konnte die Verlage-
rung des Geschaftsbereichs Substrat Bonder von Water-
bury, USA, nach Sternenfels, Deutschland, erfolgreich
abgeschlossen werden. Ziel der Zusammenlegung der
Produktlinien Substrat Bonder, Coater/Developer und
Fotomasken Equipment war die Hebung von Synergien im
Bereich Forschung und Entwicklung, der Fertigung und im
Einkauf sowie eine generelle Vereinfachung der Unterneh-
mensstruktur. Darlber hinaus wurde auch der Umzug der
nordamerikanischen Service- und Vertriebsorganisation
sowie des Applikationscenters von Waterbury in das Silicon
Valley in Kalifornien abgeschlossen.

HAUPTVERSAMMLUNG 2011
Unsere Aktiondre haben ihre Zustimmung zu allen
Beschlussvorlagen gegeben, die Vorstand und Aufsichtsrat
auf der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 201
prasentierten. Insgesamt sind in diesem Jahr mehr als 100
Aktiondre, Aktionars- und Bankenvertreter sowie Gaste der
Einladung des Unternehmens nach Miinchen gefolgt. Es
waren rund 23 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft
anwesend.

SUSS MICROTEC PRASENTIERT SICH AUF DER SEMICON
WEST IN SAN FRANCISCO

Vom 12. bis 14. Juli 2011 fand die Semicon West in San Fran-
cisco statt. Unter dem bekannten Motto ,Shrink, Stack,
Integrate” hat sich SUSS MicroTec auf dieser bedeutenden
Halbleitermesse prasentiert. Der Schwerpunkt des Mes-
sestands lag auf dem Thema 3D Integration, zu welchem
ein Workshop mit verschiedenen Kunden und Partnern
veranstaltet wurde. Als Sprecher waren Vertreter vom
Forschungsinstitut IMEC und vom SUSS MicroTec Partner-
unternehmen Brewer Science anwesend. SUSS MicroTec
prasentierte neue Maschinen und Prozesse zum tempora-
ren Bonden. Darliber hinaus wurde das Thema HB LED auf
der Messe weiter beleuchtet.

SUSS MICROTEC PRASENTIERT

MASKTRACK PRO INSYNC

Am 13.Juli 2011 prasentierte SUSS MicroTec den MaskTrack
Pro InSync (MTP), ein neuentwickeltes System zur ganzheit-
lichen, automatisierten Maskenverarbeitung. MTP InSync,
das sowohl als eigenstandige Anlage als auch als Cluster-
Modul angeboten wird, ermoglicht die reibungslose Syn-
chronisierung der Prozessschritte, von der Reinigung lber
den Transport bis hin zur Inspektion und Lagerung der
Maske. MTP InSync erzeugt eine partikelfreie Umgebung
und gewahrleistet somit hochste Reinheit der Maske beim
Einbringen in das Vakuum des EUVL-Scanners. MaskTrack
Pro InSync ist das einzige Masken-Management-System
am Markt, das die Verwendung der sogenannten EUV
Dual Pods in einer vollstandig sicheren und gereinigten
Atmosphare ermoglicht. Maskenreinigung, Transport und
Lagerung des inneren ,Pods” finden in ultrareinem Umfeld
statt. Optional kann eine Partikelerkennung, sowie die Rei-
nigung des inneren Pods integriert werden. Das Konzept
des MTP InSync ermdglicht den direkten Transfer des Dual
Pods vom Scanner zum Masken-Reinigungssystem.

INTERNATIONALER LIEFERANTENTAG IN STERNENFELS

Im September 2011 fand erstmalig ein SUSS MicroTec-Lie-
ferantentag in Sternenfels statt. Er stand unter dem Motto
Effizienzsteigerungen in der Supply Chain. Ziel dieses
Zusammenkommens war das Kennenlernen der Entschei-
dungstrager auf den verschiedenen Seiten sowie das Kniip-
fen neuer Kontakte zu Ingenieuren und Konstrukteuren.



INTERNATIONAL FUHRENDER IDM ENTSCHEIDET SICH
FOR AUSRUSTUNG VON SUSS MICROTEC UND TMAT FUR
DIE 300 MM MASSENFERTIGUNG VON 3D-LOGIK- UND
SPEICHER-ANWENDUNGEN

Im Oktober hat SUSS MicroTec von einem international fih-
renden IDM eine Bestellung fir die neueste Generation des
Produktions-Bondclusters von SUSS MicroTec zum Einsatz
in der Massenfertigung erhalten. Das Bondersystem wurde
flir das temporare Bonden von 300 mm-Wafern fiir 3D-Inte-
grationsprozesse bei Logik- und Speicheranwendungen
unter Verwendung der Materialien von TMAT und fiir deren
Prozess fiir temporares Bonden konfiguriert. Die Plattform
von SUSS MicroTec konnte sich gegeniiber Konkurrenzan-
geboten aufgrund ihrer hohen Durchsatzleistung und den
daraus resultierenden giinstigen Betriebskosten sowie der
ausgeklugelten Prozesssteuerung fur die Massenproduk-
tion beim temporaren Bonden durchsetzen.

VERKAUF DER SUSS MICROTEC

PRECISION PHOTOMASK INC.

SUSS MicroTec hat am 14. Oktober 2011 das Maskenge-
schaft — die SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. — in
Palo Alto, Kalifornien, verkauft. Dieser Schritt unterstitzt
das Geschift von SUSS MicroTec mit Fotomasken Equip-
ment, indem mogliche Konkurrenzsituationen mit Kunden
ausgeschlossen werden. Mit den Kerngeschaftsfeldern
bestanden kaum Synergien, sodass eine Entkonsolidierung
ohne Probleme vorgenommen werden konnte.

ANALYSTENTAG IN STERNENFELS

SUSS MicroTec hatte am 20.Oktober zu einem Analystentag
am Standort Sternenfels geladen. Die Einladung richtete
sich an Finanzanalysten, die uns auf der Kapitalmarktseite
betreuen und regelmaRBig Berichte (ber SUSS MicroTec
schreiben. Nach einer kurzen Einflihrung stellte CEO Frank
Averdung den Analysten unsere vier Produktlinien vor und
antwortete auf die zahlreichen Fragen der Analysten. Im
Anschluss daran flhrte Dr. Arendt die Gruppe, bestehend
aus acht Analysten, durch die Fertigung in Sternenfels.

SUSS MICROTEC PRASENTIERT XBS300

SUSS MicroTec hat im Dezember mit der XBS300 die
neueste Generation temporarer Bonder flr die Massen-
fertigung in den Markt eingefiihrt. Dieser Bond Cluster
wurde flrdas temporare Bonden von 200 mm und 300 mm
Wafern in der 3D-Integration entwickelt. Die XBS300
eignet sich auch fir weitere Prozesse, die das Handling
gedlnnter Wafer erfordern. Die XBS300 unterstiitzt alle
derzeit gangigen temporaren Bondverfahren. Die Vielsei-
tigkeit der XBS300 ermdglicht Prozesse mit sehr geringen
Bondkraften wie dem Thin Materials (TMAT)-Prozess oder
dem 3M™ Wafer Support System (WSS). Daneben kann der
Bond Cluster auch bei Thermokompressionsverfahren mit
hoheren Bondkraften, wie beispielsweise dem BrewerSci-
ence® ZoneBONDTM-Prozess eingesetzt werden. Mit der
XBS300, rundet SUSS MicroTec seine Produktpalette so ab,
dass sie perfekt den kiinftigen Anforderungen der Kunden
entspricht.
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